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Yasal bildirimler

Bu kilavuz BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIME ve BOND Sistem Kontroloru igin gegerlidir.

‘ Islem modidillerinin tamami tim bélgelerde meveut degildir.

Ticari Markalar

Leica ve Leica logosu Leica Microsystems IR GmbH'nin tescilli ticari markalaridir ve lisans altinda kullanilir. BOND,
BOND-IIl, BOND-MAX, BOND-PRIME, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine Detection, Bond Polymer Refine
Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer ve Oracle markalari Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN
008 582 401'in ticari markalaridir. Diger ticari markalar, sahiplerinin malidir.

Telif Hakki

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd bu belge ve iligkili tim yazilimlarin telif hakkina sahiptir. Yasa kapsaminda,
belgeler veya yazilim kopyalanmadan, yeniden uretilmeden, gevrilmeden veya tamamen ya da kismen, elektronik ya da
makine tarafindan okunabilir diger bir sekle donistirilmeden 6nce yazili iznimiz gereklidir.

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Uriin tanimlama

Belge 49.7556.530 A06
Uretici
Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
495 Blackburn Road
Mount Waverley VIC 3149
Australia

Tum kullanicilar igin onemli bilgiler

Bu kilavuz, BOND'in nasil kullanilacagina dair onemli bilgiler icermektedir. Leica Biosystems Urlnleri ve hizmetleri
hakkindaki en yeni bilgiler igin Iitfen www.leicabiosystems.com adresini ziyaret edin.

Sirekli gelisime yonelik sirket politikasi dogrultusunda Leica Biosystems, bildirimde bulunmaksizin teknik 6zellikleri
degistirme hakkini sakli tutar.
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Bu belgede asagidaki terimler kullanilmaktadir:

* Leica Biosystems: Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd anlamina gelir.

» BOND: Leica Biosystems, BOND-IIl ve BOND-MAX iceren BOND-PRIME platformu
o BOND-III: bir tur otomatik IHC ve ISH boyama cihazi

o BOND-MAX: bir tir otomatik IHC ve ISH boyama cihazi

» BOND-PRIME: bir tir otomatik IHC ve ISH boyama cihazi

o BOND yazilimi: kullanicilarin BOND-III, BOND-MAX veya BOND-PRIME sistemini yapilandirabilecedi ve
calistirabilecedi yazilim uygulamasi

Hedef kullanicilar
BOND'in hedef kullanicilari yeterince egitim gormus laboratuvar personelleridir.

Bir BOND islem Modliilii galistiran kisiler, islem modiiliinii galistirmadan once bu belgeye uygun olarak kullaniimasini
saglamak icin yeterli egitim almig olmali ve potansiyel tehlikeler veya tehlikeli proseddrlerin tam olarak farkinda
olmalidir. islem modiiliinden kapaklari veya parcalari yalnizca bu kilavuzdaki talimatlari okumus egitimli personel
cikarmalidir.

Kurulum ve onarimlar

Kurulum ve onarimlar, yalnizca Leica Biosystems tarafindan yetkilendirilmis yeterlilik sahibi servis personeli
tarafindan yapiimalidir.

Garanti ile ilgili talepler, ancak rin belirlenmis uygulama igin ve bu belgedeki talimatlara gore kullaniimissa yapilabilir.
Uriiniin uygun olmayan sekilde kullanilmasindan ve/veya yanls kullanilmasindan kaynaklanan hasarlar garantiyi
gecersiz kilar. Bu tip hasarlardan Leica Biosystems sorumlu tutulamaz.

Ciddi olay raporlama

Bir hastanin veya kullanicinin 6limine yol agan veya yol agabilecek herhangi bir ciddi olayin meydana gelmesi veya bir
hastanin veya kullanicinin saglik durumunda gecici veya kalici bozulma yerel bir Leica Biosystems temsilcisine ve ilgili
yerel Diizenleyici Makama bildiriimelidir.

Leica Biosystems protokoller

BOND sistemi, onceden tanimlanmis Leica Biosystems protokolleri setiyle birlikte sunulur ve bu setler diizenlenemez
veya silinemez. Onceden tanimlanmis bu protokoller Leica Biosystems tarafindan dogrulanmistir. Ancak, Gnceden
tanimlanmis mevcut protokolleri kopyalayarak ve diizenleyerek ozellestirilmis protokoller olugturulabilir. Tim
ozellestirilmis protokoller yerel laboratuvar prosedurleri ve gerekliliklerine uygun olarak dogrulanmalidir. Bir
protokoliin olusturulabilmesi ve kaydedilebilmesi, kullanim igin uygun oldugu anlamina gelmez. Kullanim ilkeleri ve
performans ozellikleri igin ilgili deneme Kullanim Talimatlarini (IFU) kontrol edin.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Kullanici Veri Glvenligi ve Gizliligi Beyan!

Leica Biosystems kisisel veri guvenligine ve gizliligine saygi duyar ve bunu korumaya kararlidir. Asagidaki Leica
Biosystems Gizlilik Bildirimi, toplayabilecegimiz, kullanabilecegimiz ve saklayabilecegimiz kisisel verileri
aciklamaktadir.

Gizlilik Bildirimi
Lisans sahibi, kisisel verilerini islemeden once hastalara ve diger veri sahiplerine gerekli tim bilgilendirmeleri yaparak

ve onlardan gerekli tim onaylari alarak, sinirlama olmaksizin BOND-ADVANCE dahil olmak tizere, BOND Sistemini
kullanarak kisisel verilerin islenmesinde gegerli tim veri koruma ve gizlilik yasalarina uyacaktir.

Asagidaki Kisisel Veriler BOND Kontroldrdeki veri tabaninda saklanir:
e HastaAdi
« Doktor Adi
 Erisim Numarasi
« Doktor yorumlari
 Hasta yorumlari
e Lam yorumlari
 Vaka yorumlari
 Kullanici hesabi ayrintilari
* s Unvani
 Lam Goruntuleri
LIS Olaylarr yorumlari
 Cihaz Goruntdleri
Asag@idaki BOND raporlar rutin olarak PHI igerebilir:

 Calisma Olaylari

o (Calisma Ayrintilari
 Vaka Raporu

e Kisa Lam Gegmisi

e Verileri Diga Aktarma

 Lam Kurulum Ozeti

Leica Biosystems ile iletigim

Servis veya destek icin yerel Leica Biosystems temsilcinizle irtibat kurun veya www.leicabiosystems.com adresine
bakin.
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Revizyon kayd!
Rev. [Dizenlendi __|Etkilenen Bolimler ety |

A06 Aralik 2023 Tumu Kiguk dizeltmeler
A0S - - Yayinlanmadi.
A04 Ocak 2023 Tumu BOND 7 yazilimiyla ¢aligan BOND sistemleri

icin yeni surim.

A0T-A03 - - Yayinlanmadi.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Genel uyarilar

Uyarilar kisisel yaralanmaya yol acabilecek veya hasta orneklerini kaybetme, hasar verme veya yanlis tanimlama
olasiliginin bulundugu tehlikeleri bildirir. Kigisel yaralanma, hasar, hasta orneklerinin kaybi veya yanlig tanimlanmasi
ve ekipman hasarini onlemek igin tim guvenlik onlemlerine uyun.

Bu kilavuzdaki uyarilar siyah kenarlari ve sari arka plani olan semboller kullaniimistir.

Genel BOND uyarilar asagida verilmektedir. Diger uyarilar el kitabinin ilgili kisimlarinda gordlr.

Islem modiiliiniin ¢alismasi

Reaktif ve lamlarin kontaminasyonunu onlemek igin islem moddl, tozdan ve pargacikli
maddelerden mimkin oldugunca arinmis temiz bir ortamda ¢alistirimalidir.

Islem modiiliinin dogru galismasini saglamak igin her kimyasal reaktif konteyneri, renk kodlu isim
etiketleriyle belirtildigi sekilde bosluktaki dogru istasyonuna yerlestirin. Aksi halde boyanma

A olumsuz etkilenebilir.
Daha fazla detay igin bakiniz 2.2.7 Kimyasal Bidon Kismi

Bidon seviyelerini her giiniin basinda (gerekirse daha sik — bakiniz 12.2.1 Konteynir Seviyelerinin
Kontroli) kontrol edin ve uygun oldugu sekilde doldurun veya bosaltin. Aksi halde, boyama
calismalari konteynirlari gikarmak icin kesintiye ugrayabilir ve bu boyamayi olumsuz etkileyebilir.

BOND-MAX igin Galisma sirasinda bir bidonunun doldurulmasi gerekiyorsa Protokol durumu
ekranini daima kontrol edin ve konteynerin kullanilmadigindan veya kullanilmak tzere olmadigindan
emin olun. Aksi halde, calisiimakta olan lamlar olumsuz etkilenebilir. Konteyniri doldurduktan
hemen sonra yerine koyun - bakiniz 12.2.2.5 Calismalar Sirasinda. Bu durumdan kaginmak igin her
protokol arasinda bidon seviyelerini kontrol edin — bakiniz 12.2.1 Konteynir Seviyelerinin Kontroli).

BOND-III bidonlarinin doldurmak igin gikariimasi gerekmez - bakiniz 12.2.2.1 Kimyasal Reaktifi
Tekrar Doldurma = BOND-III. Bu durumdan kaginmak icin, bidon seviyelerini giinltik olarak kontrol
edin (gerekirse daha sik — bakiniz 12.2.1 Konteynir Seviyelerinin Kontrold).

BOND, islevini ve kullanim amacini gergeklestirmek i¢in ag erisimi gerektirmez. Kotu niyetli veya
yetkisiz erisimi onlemek igin aginiza / altyapiniza herhangi bir baglanti olmadan BOND'i kurun.

>

Ag baglantisi istiyorsaniz tercih edilen yontem, BOND'i glivenlik duvarina sahip bir Sanal Yerel Alan
Adina (VLAN) bagdlamaktir. Alternatif olarak, standart calistirma islemlerinize uygun olarak kendi ag
guvenligi mekanizmalarinizi uygulayabilir ve dogrulayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi igin BOND 5.1+ (49.6062.811) Bilgi Sistemleri Kilavuzuna bakin.

Bir BOND kontroloriine kot amagli yazilim bulagmasi, islem modiillerinin devre disi birakiimasi da
dahil olmak Uzere calismada beklenmedik davranislara neden olabilir. BOND kontroloriine
baglamadan once, USB saklama aygitlarinizin viriis icermediginden litfen emin olun. Ayrica Leica
Biosystems, onceden yiiklenmis anti viriis ¢ozimu saglamamaktadir; kendi kurumsal anti viriis
uriinintizi kurmaniz tavsiye olunur. Daha fazla bilgi igin yerel Leica Biosystems temsilcinizle
iletisime gecin.

>
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Kontroller

Her lam igin uygun boyama sonucu elde etmek amaciyla, MUTLAKA yeterli laboratuvar kontrol
onlemleri belirlenmeli ve devam ettirilmelidir. Leica Biosystems, hasta dokusuyla ayni lamlara
uygun kontrol dokusunun konulmasini kesinlikle onerir.

>

Kimyasal Tehlikeler

Immiinohistokimya ve in situ hibridizasyonlari kullanilan reaktiflerden bazilar tehlikelidir. Devam
etmeden 6nce bu islem icin yeterli egitim aldiginizdan emin olun.

>

» Reaktifleri kullanmadan veya aleti temizlemeden once lateks veya nitril eldivenler, giivenlik
gozlukleri ve diger uygun koruyucu giysiler giyin.

 Reaktifler ve kondensati laboratuvar galisma yeriicin gecerli tim islemler ve resmi
dizenlemelerle uyumlu olarak kullanin ve atin.

Reaktif konteynirlari tagima sirasinda egilip kapak etrafinda reaktif kalintisi birakabilir. Reaktif
konteynirlarini acarken daima onayli g6z korumasi, eldivenler ve koruyucu giysiler giyin.

Lam boyama Uniteleri etrafinda tehlikeli olabilecek reaktifler toplanabilir ve lam tepsilerini
kontamine edebilir. Lam tepsilerini kullanirken daima onayli koruyucu giysiler ve eldivenler kullanin.

BOND islem modiillerinde kullanilan reaktiflerin bazilari yanicidir:

« islem modiilleri yakinina bir alev veya tutusma kaynag yerlestirmeyin.

o Tum bidon kapaklarinin, tekrar doldurma veya bosaltma sonrasinda uygun sekilde
kapatildigindan emin olun.

EGer yakinina yanici materyaller yerlestirilirse, islem moddllerinin tutusma tehlikesi olusturabilecek
Isiticilari ve isitilmig ylzeyleri vardir.

il d e

* Isiticilar Uzerine veya yakinina yanici materyaller yerlestirmeyin.
« islem modiiliinde herhangi bir sicak yiizey iizerine yanici materyaller yerlestirmeyin.

 TUm bidon kapaklarinin, tekrar doldurma veya bosaltma sonrasinda uygun sekilde
kapatildigindan emin olun.

Mekanik Tehlikeler

Cihaz kapagini kapatirken dikkatli olun; yaralanmayi engellemek igin ellerinizi uzak tuttugunuzdan
A emin olun.
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Calisma sirasinda ana robot, aspirasyon probu, siringa pompalari ve kimyasal sivi robotlari
(BOND-II1) bir uyari olmadan ve yaralanmaya neden olabilecek bir hizla hareket edebilir.

>

» Bir calisma yapilirken cihaz kapagini agmaya kalkismayin.
 Kapak acildidinda cihaz ¢aligmasini durduran kilitleri atlamaya kalkigmayin.

» (Calisma sirasinda siringa pompasl kapaklarinin yerinde oldugundan emin olun.

Lam boyama Unitesi ve gevreleriyle temas etmekten kaginin. Bunlar, asir sicaga ve siddetli
yaniklara neden olabilir. islem durduktan sonra lam boyama Unitesi ve gevresinin sogumasi igin 20
dakika bekleyin.

Islem modiiliinin uzun bir mesafede yerini degistirmek ya da tamir etmek veya atmak izere nakliye
acisindan musteri hizmetleri ile irtibat kurun. islem modiili cok agirdir ve tek bir kullanici tarafindan
hareket ettiriimek Uzere tasarlanmamistir.

Siringa kapisinin kapali oldugundan (BOND-MAX) veya normal galisma sirasinda siringa kapaginin
takili (BOND-III) oldugundan emin olun. Bir siringa veya siringa yuvasi gevserse basing altindaki
reaktifler sirngadan puskdrebilir.

Ana robot ve/veya kimyasal sivi robotlari islem moduli kapagi agildiktan sonra 5 saniyeden daha
uzun sure ¢aligmaya devam ederse hemen musteri hizmetleri ile irtibat kurun.

Islem modiili acikken ana robot kolunu hareket ettirmeyin. Robotun hizasi bozulabilir ve k6t
boyamayla sonuglanabilir.

Robot hareket ettiriimisse: aletin guictini kapatin, 30 saniye bekleyin ve tekrar ¢alismaya hazirlayin.

Temizlik veya bakim islemleri yaparken islem modiiliinii daima kapatin (aspirasyon probunun
temizligi gibi otomatik temizlik islemleri harig).

BOND-IIl kimyasal sivi robotlari, kullanicinin temizlemek igin erigmesini mimkun kilmak tzere lam
boyama Uniteleri boyunca hareket eder. islemi sadece olasi tehlikeler konusunda uyariimis ve
yeterli egitim almis kullanicilar yapmalidir.

Lam boyama iiniteleri, ciddi yaralanmaya neden olabilecek hareketli pargalar igerir. islem modiilii
calisirken parmaklarinizi lam boyama Unitesinden uzak tutun.

Lam boyama Unitelerinin kilidini manuel olarak agmaya kalkismadan dnce iglem modulu gug
anahtarini kapatin, ana sebeke gictnu kapatin ve ana sebeke gli¢ kaynag fisini duvardan cekin.

Siringa pompa modiili (BOND-II1) agirdir ve serbest birakildiginda 6ne dogru disebilir. iglemi
sadece olasi tehlikeler konusunda uyarilmis ve yeterli egitim almig kullanicilar yapmalidir.

Islem modiiliind kaldirmak igin BOND-III arka kapagindaki iki siyah sapr kullanmayn.

> P BPEPEPPBPP
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Elektriksel tehlike

Islem modiili kapaklarini gikarmayin ve dahili bilesenlere erismeye kalkigmayin. BOND islem
moduilu iginde tehlikeli voltajlar vardir ve yalnizca Leica Biosystems tarafindan onaylanan vasifli
servis teknisyenleri bu iglemleri yapmalidir.

c Islem modiiliinin ¢alisma voltajini degistirmeye kalkismayin. islem modiili hatali bir giig kaynag

voltajina baglanirsa ciddi hasar olusabilir. Ayarin degistiriimesi igin musteri hizmetleri ile irtibat
kurun.

Islem modiilii toprakli bir ana sebeke gic gikisi soketine baglanmali ve personelin cihazi hareket
ettirmesine gerek kalmadan ana sebeke gui¢ kablosu baglantisini kolayca gikarabilecegi sekilde
konumlandiriimalidir.

Sigortalara kisa devre veya bypass yaptirmayin.
Sigortalari degistirmeden once islem modulini kapatin ve gug kablosunu gikarin. Sigortalari

sadece standart parcalarla degistirin ve sigortalar tekrarli bir sekilde atarsa musteri hizmetleri ile
irtibat kurun.

Genel dikkat edilecek hususlar

Dikkat edilecek hususlar, kisilere zarar vermeyecek sekilde BOND ekipman hasarina veya diger istenmeyen sonuclara
neden olabilecek tehlikeleri bildirir.

Ikazlar igin siyah kenarli ve beyaz arka planli semboller kullanilir.

Genel BOND dikkat edilecek hususlar asagida verilmektedir. Diger uyarilar el kitabinin ilgili kisimlarinda goralr.

Kurulum tehlikeleri

Islem modiiliinin arka kapaginda bulunan havalandirma agikliklarini tikamayin. Ayrica siringa
kapisinda bulunan havalandirma agikliklarini ortmeyin (BOND-MAX).

Calistirma tehlikeleri

Lam etiketinin tum kisimlarini tim lam kenarlari iginde konumlandirin. Agiga gikmis bir yapigkan
ylizey lam etiketinin (ve lamin) Covertile veya baska ekipmana yapismasina neden olabilir ve lama

A zarar verehilir.

Bir bidondan kiigiik sivi seviyesi sensorii kapagini (BOND-MAX) ¢ikarmayin, aksi taktirde hasar
gorebilir. Bidonlari sadece doldurma/bosaltma kapagindan bosaltin ve tekrar doldurun.
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Tum cikarilabilir bilesenleri sadece elle temizleyin. Hasardan kaginmak igin herhangi bir bileseni bir
otomatik bulasik makinesinde yikamayin. Herhangi bir kismi solventler, gligli veya asindirici
temizlik sivilari veya guglu veya asindirici bezlerle temizlemeyin.

bir pamuklu gubuk veya pamuklu aplikator kullanmayin, ¢linki pamuklu ug ¢ikip bir tikanikliga yol
agabilir.

Bidonlari yerine geri takarken zorlamayin glinki bu islem konteynir ve sivi sensorine zarar verebilir.

Hasarli lamlari kullanmayin. islem modilini yiklemeden 6nce tim lamlarin lam tepsilerinde dogru
hizalanmis oldugundan ve tim covertile'larin dogru sekilde konumlandirildigindan (bakiniz
2.6.2 BOND Universal Covertiles) emin olun.

Bir galismayi baslatmadan veya islem modiiliinii galismaya hazirlamadan once (bakiniz 12.4.7 Lam
Boyama Unitelerinin Kilidini Manuel Olarak Agma), siringa modiiliintin (BOND-I1) tamamen kapall
oldugundan emin olun. Aksi halde ¢alisma sirasinda siringalar zarar gorebilir.

Ust plakayi temizlemeden veya gikarmadan Gnce, kimyasal sivi robotlarinin (BOND-I11) iglem
moddllnin arkasinda ana pozisyonda oldugundan ve lam boyama uniteleri boyunca
konumlanmadigindan emin olun.

>bBbbBbbbB

Reaktif tehlikeleri

Uyumsuz soltsyonlarin birbirine temas etmesine izin verilirse, tatminkar olmayan boyama sonuglari
ve islem modlinde olasi hasar olusabilir. Soltisyonlarin uyumlu olup olmadigini belirlemek igin
Leica Biosystems ile irtibat kurun.

Ksilen, kloroform, aseton, giiclii asitler (6r. %20 HCI), gliglii alkalileri (6r. %20 NaOH) BOND islem
Modillerinde kullanmayin. Bu kimyasallardan herhangi biri bir BOND islem Modiiltiniin yakinina
veya Uzerine dokilurse, islem modulu kapaklarinin zarar gormesini onlemek igin dokilmeyi hemen
%70 alkolle temizleyin.

BOND-IIl ve BOND-MAX islem Modiillerinde yalnizca BOND Dewax Solution veya BOND-PRIME
Islem Modiillerinde BOND-PRIME Dewax Solution kullanin. BOND sisteminin parcalarina zarar verip
sivi sizmasina neden olahilecek ksilen, ksilen yerini alan maddeler ve diger reaktifleri kullanmayin.

> BB
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Mevzuata iliskin bildirimler

Kullanim amaci

BOND sistemi, mikroskop lamlarina monte edilmis patoloji orneklerinin immun boyamas igin klinik
IVD protokolleri otomatiklestirir. Mikroskop lamlari daha sonra taniya yardimcei olmasi igin yeterlilik sahibi bir
saglik uzmani tarafindan yorumlanir.

FCC uyumlulugu

Bu ekipman FCC Kurallarinin 15. bolim B alt bolumu uyarinca test edilmis ve A Sinifi dijital cihaz limitlere uygun
olarak derecelendirilmistir. Bu limitler, ekipman ticari bir ortamda ¢aligtirildiginda zararli parazitlere karsi makul
koruma saglamak tizere tasarlanmistir. Bu ekipman radyo frekansi enerjisi Uretir, kullanir ve yayabilir ve kullanma
kilavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanilmazsa radyo iletisiminde zararli parazite neden olabilir. Bu ekipmanin bir
yerlesim alaninda cgalistirilmasi zararli parazite neden olabilir ve bu durumda kullanicinin paraziti, masraflari kendine
ait olmak uzere duzeltmesi gerekecektir.

Uyumlulugu surdirmek igin yalnizca alet ile saglanan kablolari kullanin.

IKAZ: Leica Biosystems tarafindan agikga onaylanmayan herhangi bir degisiklik veya modifikasyon
kullanicinin bu ekipmani kullanma yetkisini gegersiz kilabilir.

CE Isareti

C € CE lsareti, Ureticinin uygunluk beyaninda listelenen gecerli AB Direktiflerine uygunlugu belirtir.

Profesyonel kullanim amacli in vitro tanisal ekipmanlar igin
talimatlar

Bu IVD ekipmanli, IEC 61326 bolim 2-6 ve IEC 60601 bolim 1-2'nin emisyon ve bagisiklik gerekliliklerine uygundur.
Cihaz kullanilmaya baslanmadan once elektromanyetik ortamin degerlendirmesi yapilmalidir.

Bu cihazi, gliclii elektromanyetik radyasyon kaynaklarinin (6r. korumasiz yonelimsel RF kaynaklari) yakininda
kullanmayin; bunlar cihazin diizglin olarak calismasini engelleyebilir.

IKAZ: Bu ekipman CISPR 11 Sinif A icin tasarlanmis ve test edilmistir. Ev ortaminda radyo parazitine
neden olabilir ve bu durumda paraziti azaltmak igin onlemler almaniz gerekebilir.

Bilgisayara yonelik mevzuat gereklilikleri: UL Listesinde (UL 60950), IEC 60950 sertifikall.
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A DIKKAT: Federal Kanun, bu cihazin satisini lisansli bir saglik uzmani tarafindan veya talimatiyla
yapilacak sekilde kisitlar.

CISPR 11 (EN 55011) Uyarinca Ekipman Siniflandirmasi

Bu ekipman CISPR 11 (EN 55011) uyarinca Grup 1 Sinif A olarak siniflandiriimistir. Grup ve sinif igin agiklama asagida
ifade edilmistir.

Grup 1 - Bu, grup 2 ekipmani olarak siniflandiriimayan tim ekipmanlar igin gegerlidir.

Grup 2 - Bu, 9 kHz ila 400 GHz frekans araligindaki radyo frekans enerjisinin kasti olarak olusturuldugu ve kullanildigi
ya da yalnizca elektromanyetik radyasyon ve endiktif ve/veya kapasitif kuplaj bigciminde ya da malzeme isleme veya
inceleme/analiz amaglari icin kullanildigi tim ISM RF ekipmanlarr igin gecerlidir.

Sinif A - Bu, mesken amagli olarak kullanilan hinalara gii¢ saglayan algak voltajli glic besleme agina dogrudan bagl
olanlar ve mesken tipi olanlar disinda tim tesislerde kullanima uygun tim ekipmanlar igin gegerlidir.

Sinif B - Bu, mesken amagli olarak kullanilan binalara giig sadlayan algak gerilim gii¢ kaynagi agina dogrudan bagli
meskenlerde ve binalarda kullanima uygun tim ekipmanlar igin gegerlidir.

Tanimlar

ISM: Endustriyel, Bilimsel ve Medikal

RF: Radyo Frekansi
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Semboller sozlugu

Bu bolimde, Uriin etiketinde kullanilan yasal ve giivenlik sembolleri aciklanmaktadir.

Duzenleyici semboller

Leica Biosystems urunleri igin kullanilan dtzenleyici sembollerin agiklamasi.

Bu sozlik, ilgili standartlarda sunulan sembollerin gortntulerini saglar, ancak kullanilan baz
sembollerin renkleri farklilik gosterebilir.

Asagida, Uriin etiketleme sarf malzemelerinde ve cihaz izerinde kullanilan semboller ve anlamlarinin bir listesi
bulunmaktadir.

1ISO 15223-1

Tibbi cihazlar - tibbi cihaz etiketlerinde kullanilacak semboller, etiketleme ve saglanacak bilgiler — Bolim 1: Genel
gereklilikler.

Sembol Standart/ Referans Aciklama
Diizenleme

ISO 15223-1 5.1.1 Uretici

|EC|REP| 1S015223-1 5.1.2 Avrupa Toplulugunda Yetkili Temsilci
Avrupa toplulugunda yetkili temsilciyi gosterir.

1SO 15223-1 513 Uretim tarihi
Tibbi cihazin Uretildigi tarihi gosterir.

ISO 15223-1 5.1.4 Su tarihe kadar kullanin (son kullanma tarihi)
Tibbi cihazin son kez kullanilabilecedi tarihi gosterir.

LOT ISO 15223-1 5.1.5 Parti kodu
Parti veya lotun tanimlanabilmesi igin kullanilan dretici parti kodunu
gosterir.

REF ISO 15223-1 5.1.6 Katalog numarasi / Referans numarasi
Tibbi cihazin tanimlanabilmesi igin Ureticinin katalog numarasin
gosterir.

SN ISO 15223-1 517 Seri numarasi
Belirli bir tibbi cihazin tanimlanabilmesi igin Ureticinin seri numarasini
gosterir.
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Sembol Standart/
Diizenleme
@ 1SO 15223-1
<gp 150152231
R
I 1SO 15223-1
« 4, 150152231
/ﬂ/ ISO 15223-1
@ 1SO 15223-1
I::E] 1SO 15223-1
f 1SO 15223-1
ISO 15223-1

IVD

5.1.8

5.1.9

5.3.1

5.3.4

5.3.7

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.5.1
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Referans Agiklama

Ithalatg
Tibbi cihazi Avrupa Birligi'ne ithal eden kurulusu gosterir.

Distribiitor
Tibbi cihazi yerel bolgeye dagditan kurulusu belirtir.

Kirilabilir, dikkatli taglyin
Tibbi cihazin dikkatlice tasinmamasi halinde kirilabilecegini veya hasar
gorebilecegini belirtir.

Yagmurdan uzak tutun
Tasinacak paketin yagmurdan uzak ve kuru kosullarda tutulmasi
gerektigini gosterir.

Sicaklik limiti
Tibbi cihazin glvenli bir sekilde maruz kalabilecegi sicaklik limitlerini
gosterir.

Tekrar kullanmayin
Tek kullanimlik veya tek bir islem sirasinda tek hasta tzerinde
kullanilacak sekilde tasarlanmig bir tibbi cihazi gosterir.

Kullanma talimatina bagvurun
Kullanicinin, kullanma talimatina basvurmasi gerektigini belirtir.

Dikkat

Cesitli nedenlerle tibbi cihaz lizerinde belirtilemeyen uyarilar ve
onlemler gibi dikkat edilmesi gereken onemli bilgiler igin kullanicinin
kullanma talimatina basvurmasi gerektigini belirtir.

In Vitro Diagnostik tibbi cihaz
In vitro diagnostik tibbi cihaz olarak kullanilmasi amaglanan bir tibbi
cihazi gosterir.



1ISO 7000

Ekipmanda kullanim igin grafik semboller — Tescilli semboller.

Sembol Standart/ Referans Agciklama
Diizenleme
(XY 1s07000 1135 Geri doniisim

(-

<9 Isaretlenmis 6Genin veya materyalinin geri kazanim veya geri donistim
surecinin bir pargasi oldugunu belirtir.

ISO 7000 1640 Teknik kilavuz; servis kilavuzu
El kitabinin saklandigi yeri veya ekipman igin servis talimatlariyla ilgili
bilgileri tanimlar. Semboluin yerlestirildigi yere yakin bir yerde cihaza

bakim yaparken servis kilavuzunun veya el kitabinin dikkate alinmasi
gerektigini belirtmek igin.

(S0 7000 2594 Havalandirma agik
Q Dis havanin i¢ ortama girmesini saglayan kontroli tanimlar.
.%. IS0 7000 3650 USB
Evrensel Seri Veriyolunun (USB) genel gereksinimlerini karsilayan bir
baglanti noktasl veya fisi tanimlar. Cihazin bir USB baglanti noktasina
takili oldugunu veya bir USB baglanti noktasiyla uyumlu oldugunu
belirtmek igin.
[EC 60417
Ekipmanda kullanim icin grafik semboller.
Sembol Standart/ Referans Agiklama
Diizenleme
IEC 60417 5007 Acik

En azindan ana sebeke anahtarlari veya konumlari igin sebekeye
baglantiyi ve glvenligin s0z konusu oldugu tim vakalari gosterir

IEC 60417 5008 Kapali
En azindan ana sebeke anahtarlari veya konumlari icin sebekeden
baglanti kesintisini ve givenligin s6z konusu oldugu tim vakalari

gosterir
IEC 60417 5009 Beklemede
Q Ekipmani bekleme durumuna getirmek igin ekipmanin hangi pargasinin
+—

acik oldugunu kullanarak anahtar veya anahtar konumunu tanimlar.

IEC 60417 5016 Sigorta
Sigorta kutularini veya konumlarini tanimlar.
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Sembol Standart/ Referans Agiklama

Diizenleme
@ IEC 60417 5019
IEC 60417 5032
N
A IEC 60417 5134
Atad
% IEC 60417 5988

.@' IEC 60417 6040
.: IEC 60417 6057

i IEC 60417 6222
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Koruyucu topraklama: koruyucu toprak akimi

Bir hata durumunda elektrik garpmasina karsi koruma saglamak igin
harici bir iletkene veya koruyucu topraklama elektrotunun terminaline
baglanmak igin tasarlanmig bir terminaldir.

Tek faz alternatif akim
ilgili terminalleri belirlemek igin ekipmanin yalnizca alternatif akima
uygun oldugunu anma degeri plakasinda belirtir.

Electrostatic Sensitive Devices
Elektrostatik hassas cihazlar veya elektrostatik desarja karsi bagisiklik
agisindan test edilmemis bir cihaz veya konektor iceren paketler.

Bilgisayar ag
Bilgisayar aginin kendisini tanimlar veya bilgisayar aginin baglanti
terminallerini gosterir.

ikaz: Ultraviyole radyasyon

Urliniin muhafazasi iginde, operatdr igin bir risk teskil etmeye yetecek
biyuklikte olabilecek UV 1s1ginin varligina iliskin uyari. Agmadan once
UV lambasini kapatin. Bakim sirasinda UV radyasyonuna karsi goz ve
cilt korumasi kullanin.

Dikkat: hareketli pargalar
Hareketli parcalardan uzak tutmak igin egitim amacli bir koruyucu.

Bilgi; genel
Ekipmanin durumunu incelemek igin kontrolu tanimlar; or. cok islevli
kopyalama makineleri.
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Standart/ Diizenleme Aciklama

21 CFR801.15(c)(1)(i)F  Sadece receteyle satilir
ABD FDA tarafindan suna alternatif olarak taninmaktadir: “Dikkat: Federal
yasa, bu cihazin satigini lisansli bir praktisyoner tarafindan veya
talimatiyla yapilacak sekilde kisitlar.”

Cihazin Uygunluk Beyani,  Avrupa Uygunlugu
sistemin uyumlu oldugu Cihazin Uygunluk Beyanli, sistemin uyumlu oldugu Direktifleri listeler.

Direktifleri listeler.

2012/19/EC AB Direktifi:  Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Direktifi
atik elektrikli ve elektronik  Elektronik driin, siniflandiriimamis atik olarak atilmamali, geri kazanim ve
ekipman (WEEE) geri donlstm igin ayri toplama tesislerine gonderilmelidir.

Bu etiketin varligi sunlari belirtir:

 (ihaz Avrupa Pazarina 13 Agustos 2005 tarihinden sonra
sunuldu.

o Cihaz, herhangi bir Avrupa Birligi Uye devletinin belediye atik
toplama sistemi araciligiyla atiimamalidir.

Musteriler, elektrikli ekipmanin dogru dekontaminasyonu ve guvenli bir
sekilde atilmas ile ilgili tim yasalari anlamali ve bunlara uymalidir.

AS/NZS 44171 Diizenleyici Uyum Isareti (RCM)
Avustralya ve Yeni Zelanda igin Avustralya iletisim ve Medya Kurumu
(ACMA) gerekliliklerine (guvenlik ve EMC) uygunlugu gosterir.

Gin Halk Cumhuriyeti Tehlikeli Maddelerin Kisitlanmasi (RoHS 2)
Elektronik Endiistri Bu elektronik bilgi Uruintiniin belirli toksik veya tehlikeli 6geler igerdigini ve
Standardi SJ/T11364 cevre koruma kullanim siresi boyunca guvenle kullanilabilecegini

gosterir. Logonun ortasindaki sayl, triintin ¢evre koruma kullanim
stiresini (yil olarak) gosterir. Distaki daire driintin geri
donustirilebilecegini gosterir. Logo ayrica, Urlinlin gevre koruma
kullanim suresi dolduktan hemen sonra geri donusturtlmesi gerektigini
de belirtir. Etiketteki tarih, Uretim tarihini gosterir.

Cin Halk Cumhuriyeti Tehlikeli Maddelerin Kisitlanmasi (RoHS 2)

Elektronik Endstri Bu elektronik bilgi Uriininin herhangi bir tehlikeli madde icermedigini

Standardi SJ/T11364 veya GB/T 26572'de belirtilen konsantrasyon sinirlarini agsmadigini
gosterir. Geri donusturilebilen gevre dostu bir drindr.

Baslik 47 Birlesik Devletler Federal iletigim Komisyonu (FCC)

Federal Diizenlemeler Bu Urin test edilmis ve FCC Kurallarr kisim 15 uyarinca limitlerle uyumlu
Yasas! Bolim 15 oldugu bulunmustur.
Gegerli Degil Underwriters Laboratory (UL) sertifika isareti

Underwriter Laboratories, listelenen drlnlerin hem ABD hem de Kanada
guvenlik gerekliliklerine uygun oldugunu onaylamistir.
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Sembol Standart/ Diizenleme Aciklama

. CSAlnternational CSA Group test ajansi ile listelenen cihaz
s P CSA Group, listelenen Urtnlerin hem ABD hem de Kanada guvenlik
¢ us gerekliliklerine uygun oldugunu onaylamistir.
/T  Gegerli Degil Intertek test ajansi ile listelenen cihaz
c( TDUS Intertek Test Ajansi, listelenen Urlnlerin hem ABD hem de Kanada

guvenlik gerekliliklerine uygun oldugunu onaylamistir.

[cn [rRep]  In Vitro Diagnostik Tibbi  Isvigre Yetkili Temsilcisi
Cihazlara (IVDO) iliskin 4 Isvigre Yetkili temsilcisini belirtir.

Mayis 2022 tarihli
Yonetmelik.
RH Gegerli Degil Bagil nem araligi
_ Tasima ve depolama igin kabul edilebilir bagil nem Ust ve alt limitlerini
e gosterir. Bu sembole, gecerli bagil nem limitleri eslik eder.
Gegerli Degil Bagl olmayan baglanti noktasi

Bu Urln siringa pompasinda baglanmamis bir baglanti noktasina sahiptir.
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Guvenlik sembolleri

Leica Biosystems urtnleri igin kullanilan gtvenlik sembollerinin agiklamasi.

1ISO 7010

Grafik semboller — Guvenlik renkleri ve glivenlik isaretleri — Tescilli glivenlik isaretleri.

Sembol Standart/ Referans Agiklama
Diizenleme

ISO 7010 W001 Genel ikaz
Cesitli nedenlerle tibbi cihaz tizerinde belirtilemeyen uyarilar ve
onlemler gibi dikkat edilmesi gereken onemli bilgiler igin kullanicinin
kullanma talimatina basvurmasi gerektigini belirtir.

1SO 7010 W004 Ikaz: lazer igini
Lazer tehlikesi. Ciddi goz hasari potansiyeli. Lazer 1sinlariyla dogrudan
g0z temasindan kaginin.

IS0 7010 W009 ikaz: biyolojik tehlike
Biyolojik tehlike. Biyolojik tehlikeye potansiyel maruz kalma. Maruz
kalmayi onlemek icin Urlnle birlikte verilen belgelerdeki talimatlari

izleyin.

>

ISO 7010 W012 Dikkat: elektrik garpmasi riski
Elektriksel tehlike. Potansiyel elektrik carpmasi riski. Kisiler veya
ekipmanin zarar gormesinden kaginmak igin beraberindeki
dokiimantasyonda sunulan talimatlari izleyin.

1SO 7010 Wo016 Ikaz: toksik madde
Toksik tehlike. Uygun kimyasal muamele islemleri proseddrleri
uygulanmazsa, saglikla ilgili olasi ciddi etki tehlikesi. Reaktifleri
kullanirken eldivenler ve koruyucu gozlukler kullanin.

1SO 7010 w017 ikaz: sicak yiizey
Ist tehlikesi. Sicak yuzeyler dokunulursa yaniklara neden olur. Bu
sembolle tanimlanmis kisimlara dokunmaktan kaginin.

1S0 7010 W020 lkaz: iist engel
Ust engel. Ustlintizdeki bir engele carpmamak veya engele dogru
yUrimekten kaginin.

1SO 7010 W021 ikaz: yanici madde
Yanici madde tehlikesi. Yanici maddeler uygun onlemler alinmazsa
tutusabilir.

1SO 7010 w022 Ikaz: keskin eleman

Keskin eleman. Keskin 6gelerden (orn. igneler, bigaklar) kaynaklanan
yaralanmalardan kaginmaya 6zen gosterin.

sl il
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Sembol Standart/ Referans Agiklama
Diizenleme

IS0 7010 W023 ikaz: agindirict madde
é Asindirici bir maddeden kaynaklanan kimyasal tehlike. Uygun onlemler

alinmazsa saglikla ilgili ciddi etki tehlikesi vardir. Daima koruyucu
giysiler ve eldivenler kullanin. Dokulmeleri standart laboratuvar
uygulamasini kullanarak hemen temizleyin.

1SO 7010 W024 Ikaz: ellerin ezilmesi
Ezilme tehlikesi. Eller veya viicudun diger bolimleri, ekipmanin mekanik

parcgalarinin kapanma hareketiyle ezilebilir.

IS0 7010 WO072 Uyari: Gevresel tehlike
A % Cevresel tehlike. Cevresel bir tehlikeye neden olabilecek madde veya
karigim.
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1.1 Sisteme Genel Bakis

BOND tam otomatik immiinohistokimya (IHK) ve in situ hibridizasyon (ISH) boyama sistemini edindiginiz igin kutlariz.
Size laboratuvarinizda gereksinim duydugunuz boyama kalitesi, is hacmi ve kullanim kolayhigini saglayacagindan
eminiz. BOND sisteminin amaglanan kullanicilari yeterince egitim gormus laboratuvar personelleridir.

BOND sistemi BOND kontroloriinden koordine edilerek cok sayida islem modulu icerebilir.
Ug islem modiilti (PM) tipi vardir:

o BOND-III ve BOND-MAX - her biri 30 lam kapasiteli. Devamli calisma sadlamak tzere her ¢alisma ayri
baslatilarak ve gerekirse farkli boyama protokollerinin kullaniimasiyla ayni anda her birinde on adet lama kadar
olabilen ¢ uygulama ¢alisilabilir. Calismalardan biri veya daha fazlasi multipleks boyama igin ayarlanabilirken,
bir bagkasi DAB veya Kirmizi tekli boyama isliyor olabilir.

» BOND-PRIME - 24 bagimsiz boyama protokolii ve 72 lam kapasitesi ile kesintisiz igleme.

BOND yazilimi lamlarin kurulmasi ve boyanmasini kolaylastirir. Sistemle saglanan titiz sekilde test edilmis protokolleri
kullanin veya kendi protokollerini olugturun. Genis BOND kullanima hazir reaktifi serisi icinden segim yapin veya baska
herhangi bir antikor veya prob kullanin ve bunlari yiiksek kalitede BOND gorntlleme sistemleri serisiyle eslestirin.
Yazilimda sanal lamlarinizi olusturduktan - veya bunlari bir Laboratuvar Bilgi Sisteminden (LIS) ige aktardiktan -
sonra etiketleri yazdirin (veya LIS tarafindan yazdiriimis etiketleri kullanin), bunlari lamlara tutturun ve sonra lamlari
islem moddliine ylkleyin. BOND kalan islemleri tamamlar ve givenilir ve tutarli bir sekilde yiiksek kalitede boyama
gerceklestirir.

Leica tarafindan saglanan protokoller ve reaktif riinleri yazilimda Leica Biosystems tarafindan
saglanmis olarak gosterilecektir.
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BOND sistemi ozellikleri arasinda sunlar vardir:

BOND sisteminin laboratuvariniza dederli bir katki yapacagina inaniyoruz.

Yiksek is hacmi

Esneklik

Guvenlik

Otomatik IHK boyama ve karsi boyama
Otomatik ISH boyama ve karsi boyama
Otomatik 1sitma, deparafinizasyon ve geri alma

Otomatik multipleks boyama

Su bolimlere bakiniz:

1.2 Yardim Alma
1.3 Ik Adimlar
1.4 Bir Protokoli Galigtirma - Is Akis|

1.2 Yardim Alma

BOND Kullanici El Kitabi (bu kilavuz) tim kontrolorler (tek oturumlu) ve terminallerde (BOND-ADVANCE) PDF

formatinda kuruludur. Ayrica sistemle saglanan bir USB'de yer alr.

Bu kullanici el kitabini, Yardim simgesine tiklayarak BOND yazilim istemcisindeki islev gubugunda ya da

alternatif olarak masaiistu simgesinden agarak gorebilirsiniz.

BOND sistemiyle ilgili problemler icin yerel Leica Biosystems temsilcinizle irtibat kurun veya

www.leicabiosystems.com adresine bakiniz.
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1.3 Ik Adimlar

BOND sistemine yeni kullanicilar igin bu bolim, Kullanici El Kitabinda Uriini kullanmak agisindan tiim bilgileri elde

etmek Uzere bilginin nerede bulunacagini tanimlar.

Adim Aciklama

1 Kurulum ve Devreye Alma
Donanim kurulumu, yazilim kurulumu, sistem
kontrold.

Leica Biosystems temsilcileri veya yetkili
distribitor tarafindan yapilir.

2 Givenlik Kismini Okuyun
BOND sistemi glivenlik gerekliliklerine asina hale
gelin.

3 Donaniminizi Taniyin
BOND donaniminin isimleri ve kullanimlarina asina
hale gelin.

4 Yaziliminizi Taniyin
Yazilimi ve nasil kullanacaginiza dair genel bilgileri
edinin.

5 Protokoller ve Reaktifleri Kontrol Edin

Reaktifler ve protokoller kurulum sirasinda
ayarlanmis olabilir.

 Calistirmak istediginiz protokollerin
kuruldugunu kontrol edin.

 Calisma yerinizde gerekli reaktiflerin
kuruldugunu kontrol edin.

6 Bir Protokolii Caligtirma
Cok kisa bir genel bakis igin.

Daha detayli bir genel bakig igin.

7 ileri
Gerektigi sekilde yazilim hakkinda daha detayli
bilgileri edinin.

8 Bir LIS ile galigma
Istege bagli bir paket bir laboratuvar bilgi
sistemine baglanti saglar.

9 BOND Sisteminizi Koruma

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Kilavuz Kismi

Genel uyarilar ve Genel dikkat edilecek hususlar

2 Donanim

3 Yazilima Genel Bakis (BOND Kontroldrde)

7 Protokoller (BOND Kontrolorde)
8 Reaktif Yonetimi (BOND Kontrolorde)

1.4 Bir Protokoli Galigtirma - is Akis|
4 Hizli Baglangig
5 BOND-IIl ve BOND-MAX Durum Ekranlari (

Kontrolor BOND'de) - 9 Lam Gegmisi (BOND
Kontrolorde)

11 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontrolorde)

12 Temizlik ve Bakim (sadece BOND-IIl ve
BOND-MAX)
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1.4 Bir Protokoll Calistirma — Is Akis|
1.4.1 BOND-IIl ve BOND-MAX

IKAZ: Reaktif ve lamlarin kontaminasyonunu onlemek icin islem modiilii, tozdan ve pargacikli
maddelerden mimkin oldugunca arinmis temiz bir ortamda galistinimalidir.

Asagida bir lam tepsisiyle ilgili standart adimlara genel bakis verilmistir. Farkli segenek ayarlari ile baska is akislari
mumkunddr.

1.4.1.1 Baslangic Kontrolleri ve Baglatma

1 Islem modiiliiniin temiz ve tiim bakim islemlerinin giincel oldugundan emin olun (12.1 Temizlik ve Bakim
Cizelgesi). Calismadan once her giin yapilacak iglemler sunlardir:

a Kimyasal atik konteynirinin yaridan fazla dolu olmadigini kontrol edin

b Kimyasal reaktif kaplarini kontrol edin. Gerekirse tekrar doldurun.
2 Yikama bloklari ve karistirma istasyonunu kontrol edin - gerekirse temizleyin veya degistirin.
3 Lam etiketleyicide etiketler ve yazdirma seridi bulundugunu ve acik oldugunu kontrol edin.

4 Islem modiild, kontroldr (ve BOND-ADVANCE igin terminal) ve BOND klinik istemcisini agin.

1.4.1.2 Reaktifleri Konfigtre Edin

1 Gerekirse sistemde reaktifler olusturun (8.2.7 Bir Reaktif Ekleme veya Diizenleme).

2 Reaktif konteynirlarini kaydedin (8.3.3 Reaktifler ve Reaktif Sistemlerinin Kaydedilmesi).

1.4.1.3 Protokolleri Konfigire Edin

1 Gerekirse yeni protokoller olugturun (7.3 Yeni Protokoller Olusturma).

1.4.1.4 Lamlari Konfigure Edin
1 Yazilimda yeni vakalar olusturun (6.3.3 Bir Vaka Ekleme)
2 Yazilimda lamlar olusturun (6.5.2 Bir Lam Olusturma).
3 Lam etiketlerini yazdirin ve lamlara uygulayin (6.6.1 Etiketleri Yazdirma ve Lamlari Uygulama).

4 Lamlari ve Covertile'lari lam tepsilerine yerlestirin (4.1.3 Lamlari Kurma).
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1.4.1.5 Islem Modiltini Yikleyin ve Galismayi Baslatin
1 Lam tepsilerini islem modiiltine yerlestirin (4.1.3.5 Lamlari Yiikleme).
Gorlintiileme sistemi ve reaktif tepsilerini islem modiiliine yiikleyin (4.1.4 Reaktifleri Yikleme).

Lam tepsilerini kilitlemek igin islem moddlindeki Yikle/Cikar digmelerine basin.

M~ w N

Sistem durumu ekraninda tim lamlarin tanimlandigini kontrol edin — otomatik olarak tanimlanmamig lamlari
manuel olarak tanimlayin (5.1.5.2 Cihaz Igi Manuel Lam Tanimlama).

5 Sistem durumu ekraninda herhangi bir ikaz gostergesine bakip diizeltin.

6 Calismayi baslatmakigin EE dugmesine tiklayin.

1.4.1.6  Calismayi izleyin
1 Sistem durumu ekrani (5.1 Sistem Durumu Ekrani) veya panosu BOND (3.5 BOND-ADVANCE Panosu) kisminda
galismanin ilerlemesini izleyin. Herhangi bir bilgilendirmeye bakip dizeltin.

1.4.1.7 Lamlar ve Reaktifleri Cikarin

1 Calisma bittiginde goriintlileme sistemini ve reaktif tepsilerini gikarin ve reaktifleri saklayin (4.1.6 Bitirme).
Bir islem modiilii kullaniimadiginda ER1 ve ER2 bidonlarini gikarin ve +2 ila +8 °C (+36 ila +46
°F) sicaklikta saklayin. Ayrica bakiniz 2.2.7 Kimyasal Bidon Kism.

2 Lam tepsilerinin kilidini agmak igin iglem modulinde Yikle/Cikar digmelerine basin ve tepsileri gikarin.

3 Covertile'lar gikarip temizleyin (12.3 Covertile'ler).

‘ Covertile'lari temizlerken lamlari tepsilerde birakmayin.

4 Lamlari gikarin.

5 Lam boyama iiniteleri (12.4 Lam Boyama Unitesi) veya islem modiiliiniin bagka herhangi bir kismi veya lam ya
da reaktif tepsilerinde herhangi bir dokilme veya izi temizleyin.

1.4.1.8 BOND-MAX ve BOND-III Sisteminde Hidrasyon

Boyama islemi tamamlandiginda, siz ¢ikarincaya kadar lamlar hidrate edilecektir. BOND-MAX ve BOND-III'de, Lam
Tepsisi igindeki lamlar, Lam Tepsileri yikseltilene kadar belirtilen hidrasyon sivisiyla periyodik olarak hidrate
edilecektir. Lam Tepsisini yukselttikten sonra tepsileri islem modulinden hemen gikardiginizdan emin olun.
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1.4.2  BOND-PRIME

Tum ayrintilar igin ayri BOND-PRIME kullanici el kitabina bakin.

1.4.2.1 Baslangic Kontrolleri ve Baglatma

1 Kontrolori (ve BOND-ADVANCE igin terminal) ve BOND klinik istemini agin.
2 Lam etiketleyicide etiketler ve yazdirma seridi bulundugunu ve agik oldugunu kontrol edin.
3 BOND-PRIME islem Modiiliini baglatin ve oturum agin.

4 Eylem gerektigini gosteren tim Eylem Sirasi gorevlerini "Hemen" veya "Simdi” ile tamamlayin.

1.4.2.2 Reaktifleri Konfiglre Edin

1 Gerekirse sistemde reaktifler olusturun (8.2.1 Bir Reaktif Ekleme veya Diizenleme).

2 Reaktif konteynirlarini kaydedin (8.3.3 Reaktifler ve Reaktif Sistemlerinin Kaydedilmesi).

1.4.2.3 Protokolleri Konfigure Edin

1 Gerekirse yeni protokoller olusturun (7.3 Yeni Protokoller Olusturma).

1.4.2.4 Lamlari Konfigure Edin

1 Yazilimda yeni vakalar olusturun (6.3.3 Bir Vaka Ekleme)
2 Yazilimda lamlar olusturun (6.5.2 Bir Lam Olusturma).

3 Lam etiketlerini yazdirin ve lamlara uygulayin (6.6.1 Etiketleri Yazdirma ve Lamlari Uygulama).

1.4.2.5 BOND-PRIME islem modiiliinde:

1 Reaktif tepsisini ve Tespit Sistemi tepsisini yikleyin.
2 Lamlari On Yikleme cekmecesine yiikleyin.

3 Ardindan lamlar taranir, gekmeceden tasinir ve otomatik olarak islenir.

1.4.2.6 BOND-PRIME Sisteminde Hidrasyon

Boyama islemi tamamlandiginda, siz ¢ikarincaya kadar lamlar hidrate edilecektir. BOND-PRIME sisteminde, lamlar
Bosaltma Cekmecesine aktarilir ve burada lamlar geri alinincaya kadar DI Su ile gekmece iginde hidrate edilir.
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Donanim

‘ BOND-PRIME islem Modiilii hakkinda donanim bilgileri igin ayri BOND-PRIME kullanici el kitabina
bakin.

Bu bolim size asagidaki bilgileri sunmak lizere tasarlanmistir:
» BOND sistemindeki ekipman pargalarinin adlari
 Bu pargalarin iglevleri ve bir bitlin olarak sistemle iligkileri
 Ekipmanla ilgili olarak operasyonel islemler ve bakim islemleri gibi ek bilginin nerede bulunabilecedi.

Sistemin sizin igin kurulmasi ve test edilmesi gerektiginden, bilesenlerin nasil kurulup birbirine baglanacad bilgisi
donanim tanimlarina dahil edilmemigtir. Bilesenleri degistirmeniz veya tekrar baglamaniz gerekirse detaylar
12 Temizlik ve Bakim (sadece BOND-III ve BOND-MAX) bolimiinde yer almaktadir.

Uygun oldugunda, BOND-III ve BOND-MAX islem moddlleri hakkindaki bilgileri daha hizli bulabilmeniz igin ayri
kisimlara bolinmustur.

Su bolimlere bakiniz:
e 2.1 BOND Sistemi
« 2.2 BOND-IIl ve BOND-MAX iglem Modiilleri
2.3 BOND Kontrolor ve Terminalleri
e 2.4 ElKontrollt Barkod Tarayicl
o 2.5Lam Etiketleyici
e 2.6 Yardimci Ekipman
e 2.7 Birislem Modiliintin Yerini Degistirme

» 2.8 Cihazin Hizmetten Cikarilmasi ve Bertarafi
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2 Donanim

2.1 BOND Sistemi

BOND sistemi agagidaki ana bilesenlerden olusur:
« Birveya daha fazla islem modiilii (bakiniz 2.2 BOND-III ve BOND-MAX Islem Modiilleri)
BOND-PRIME islem Modiilii hakkinda bilgi igin ayri BOND-PRIME kullanici el kitabina bakin.
« Bir BOND kontroldri veya BOND-ADVANCE kontrolorii (bakiniz 2.3 BOND Kontrolor ve Terminalleri)

BOND-ADVANCE kurulumlarinda kontrolor disinda terminaller de vardir ve sekonder (yedek) kontrolor
gerekehbilir

« Bir veya daha fazla, el kontrollii barkod tarayici (bakiniz 2.4 El Kontrolli Barkod Tarayici)
« Birveya daha fazla, lam etiket yazicisi (bakiniz 2.5 Lam Etiketleyici)
Her yeni BOND-III veya BOND-MAX islem Modiilii asagidaki parcalarla tedarik edilir:
 4lam tepsisi (bakiniz 2.6.2.1 Lam Tepsileri)
* 4 reaktif tepsisi (bakiniz 2.6.2.2 Reaktif Tepsileri)
« 1 karistirma istasyonu (bakiniz 2.2.9 Yikama Blogu ve Karistirma Istasyonu)
« 1 altigen anahtar, sirnnga pompasi degistirme igin
* 1 ethernet kablosu
BOND-IIl veya BOND-MAX islem Modiilleri igin ayrica sunlara da ihtiyaciniz olacaktir:
o Covertile'lar (bakiniz 2.6.2 BOND Universal Covertiles)

» BOND gorintileme sistemleri ve BOND kullanima hazir reaktifler veya konsantreler ve/veya acik reaktif
konteynirlari (bakiniz 2.6.3 Reaktif Sistemleri ve Konteynirlari)

BOND-PRIME islem Modiili ile birlikte nelerin tedarik edildigi hakkinda bilgi igin ayri BOND-PRIME kullanicr el kitabina
bakin.

Sarf malzemesi ve yedek parcalarin tam ve giincel bir listesi igin www.leicabiosystems.com adresine bakin.

Ayrica bakiniz 3.1 Sistem Mimarisi.
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211 BOND Yardimci Uriinleri

BOND yardimci Urtinleri 6zel olarak BOND sistemi i¢in tasarlanmistir ve kullanimlari optimum boyama sonuglari
sa@lar. BOND yardimci reaktif driinlerini kullanmak ayni zamanda islem moduliind en iyi durumda tutmaya ve hasarlari
onlemeye yardimct olur.

‘ Asagidaki Urtinler BOND sistemiyle daima kullaniimali ve yerine asla baska trtnler kullaniimamalidir:

Yardimci Reaktifler

» BOND Yikama Sollisyonu veya BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
« BOND veya BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution (1 ve 2)
» BOND veya BOND-PRIME Dewax Solution

BOND-III veya BOND-MAX Sarf Malzemeleri

« BOND Plus lamlari ve APEX BOND lamlari (veya 2.6.1 Lamlar bolimiinde listelenmis olan spesifikasyonlara
uyan cam lamlar)

» BOND Universal Covertiles

« BOND Open Containers (7 mL ve 30 mL)

« BOND Titration Containers and Inserts (6 mL)
e BOND Karistirma Tupu

» BOND Slide Label and Print Ribbon Kit

BOND-PRIME Sarf Malzemeleri

« BOND Plus lamlari ve APEX BOND lamlari (veya 2.6.1 Lamlar bolimiinde listelenmis olan spesifikasyonlara
uyan cam lamlar)

« BOND Open Containers (7 mL ve 30 mL)

« BOND Titration Containers and Inserts (6 mL)

« BOND-PRIME Suction Cups (BOND-PRIME Emme Dirsekleri)

» BOND Slide Label and Print Ribbon Kit

« BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) (ARC Covertiles (ARC Covertile'lar) ve Mixing
Well Plate (Karistirma istasyonu) dahil)
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2.2 BOND-Ill ve BOND-MAX Islem Modiilleri

Islem modiili (PM) BOND sisteminin boyama platformudur. Tek bir BOND sistemi 5 adede kadar islem modiiliine
sahip olabilir ve bir BOND-ADVANCE sistemi herhangi bir islem modulu tipi karisiminda 30 adede kadar islem
modidilline sahip olabilir.

hareket ettirmesine gerek kalmadan ana sebeke gui¢ kablosu baglantisini kolayca gikarabilecedi

CE IKAZ: islem modiilii toprakli bir ana sebeke glig gikisi soketine baglanmali ve personelin cihazi
sekilde konumlandiriimalidir.

e 2.2.1 Ana Bilesenler

o 2.2.2Islem Modiili Calismaya Hazirlama

e 2.2.3 Kapak

e 2.2.4 Ana Robot ve Kimlik Gorntileyici

e 2.2.5Lam Boyama Uniteleri

e 2.2.6 OnKapak

e 2.2.7 Kimyasal Bidon Kismi

e 2.2.8 Aspirasyon Probu

* 2.2.9Yikama Blogu ve Karistirma istasyonu
e 2.2.10 Kimyasal Sivi Robotlari (sadece BOND-III)
e 2.2.11 Siringalar

e 2.2.12 Glg Anahtari

e 2.2.13 Arka Kapak

2.2.1  AnaBilesenler

BOND-III ve BOND-MAX igin ana bilesenlere bakiniz:
e 2.2.1.1 BOND-III
e 2.2.1.2 BOND-MAX
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2.2.1.1  BOND-III

Asagidaki fotograflar BOND-III igin ana islem moddilu bilesenlerini gostermektedir. Mevcut model gosterilmistir — daha
eski modellerin gortinimd farkli olmakla birlikte ana bilesenler aynidir.

Arka kapagin bir tanimi 2.2.13 Arka Kapak bolimunde verilmigtir.

Sekil 2-1: Onceki (sol) ve mevcut (sad) BOND-III iglem modiiliiniin 6nden gériinimii

Aciklama
1 Kapak 3 OnKapak
2.2.3 Kapak 2.2.6 On Kapak
2 AnaRobot Kolu 4 Kimyasal Bidon Kismi
2.2.4 Ana Robot ve Kimlik Goruntuleyici 2.2.7 Kimyasal Bidon Kismi
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Sekil 2-2: BOND-IIl islem moduliiniin ond

Aciklama
5 Kimyasal Sivi Robotlari 7 Siringalar
2.2.10 Kimyasal Sivi Robotlari (sadece BOND-III) 2.2.11 Siringalar
6 Lam Boyama Uniteleri 8 Reaktif Platformu
2.2.5 Lam Boyama Uniteleri 2.2.6.5 Reaktif Platformu
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2.2.1.2  BOND-MAX

Asagidaki fotograflar BOND-MAX islem modiiliiniin ana bilesenlerini gostermektedir. Mevcut model gosterilmistir -
daha eski modellerin gortinimd farkli olmakla birlikte ana bilesenler aynidir.

Sekil 2-3: BOND-MAX islem modiiliiniin 6nden gortinimii

Aciklama
1 Kapak 4 OnKapak
2.2.3 Kapak 2.2.6 On Kapak
2 Robot Kolu 5 Kimyasal Bidon Kismi
2.2.4 Ana Robot ve Kimlik Goruntuleyici 2.2.7 Kimyasal Bidon Kismi

3 Lam Boyama Uniteleri
2.2.5 Lam Boyama Uniteleri
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Sekil 2-4: BOND-MAX iglem moduluniin sagdan gorunim

Aciklama
6 Gi¢ Anahtari 9 Reaktif Platformu
2.2.12 Glg Anahtari 2.2.6.5 Reaktif Platformu
7 Aspirasyon Probu 10 Siringa (asadiya bakiniz)
2.2.8 Aspirasyon Probu 2.2.11 Sinngalar

8 Yikama Blogu ve Karnigtirma Istasyonu
2.2.9 Yikama Blogu ve Karistirma Istasyonu

Arka kapagin bir tanimi 2.2.13 Arka Kapak bolimtinde verilmistir.
Sekil 2-5: Menteseli kapi arkasinda siringa
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2.2.2  Islem Modili Calismaya Hazirlama

Islem moddiliind actiginizda BOND sistemi dahili kontroller yapar, fluidik sistemde priming uygular ve robotlari ana
pozisyonlarina hareket ettirir. Ana robot cihazin arka sol kdsesine hareket eder ve ii¢ kimyasal sivi robotu (sadece
BOND-IIl) cihazin arkasina hareket eder.

Lam boyama uniteleri caligmaya hazirlanir ve kilitsiz pozisyonlarina donerler. Calismaya hazirlama stireci eger bir hata
bulunursa veya moddl ¢alisma igin uygun olmayan bir durumdaysa durur.

Bir islem modiiliini galismaya hazirlamaya baslamadan once asagidakileri kontrol edin.
» Kapak kapalidir
« On kapi kapalidir (sadece BOND-MAX)
 Kimyasal atik bidonlari yaridan az doludur
» Kimyasal reaktif kaplarinda yeterli reaktif var
* Karistirma istasyonu yerindedir
 Karistirma istasyonu tiipleri bos ve temizdir
 Lam boyama nitelerinin (SSA'lar) iist plakalari kapali durumdadir.

Islem modiiliiniin 6niindeki gic LED'i yesile doner ve BOND yazilimi modiiliin baglanmis oldugunu belirtir. Galismaya
hazirlama tamamlandi§inda tig lam tepsisinin bir simgesi islem modiilii sekmesinde belirir (bakiniz 5.1.1 Islem
Modill Sekmeleri). Tam olarak galismaya hazirlanmadan, islem modiiliini kullanmaya baslamayin.

2.2.3  Kapak

Kapak cihaz caligirken kapali olacak sekilde tasarlanmistir ve kilitlerle korunmustur.

IKAZ: Cihaz kapagini kapatirken dikkatli olun; yaralanmayi engellemek igin ellerinizi uzak
tuttugunuzdan emin olun.

‘2 IKAZ: Calisma sirasinda ana robot, aspirasyon probu ve kimyasal sivi robotlari (sadece BOND-III) bir

uyari olmadan ve yaralanmaya neden olabilecek bir hizla hareket edebilir.
Bir calisma yapilirken cihaz kapagini agmaya kalkismayin.

Kapak acildiginda cihaz ¢alismasini durduran kilitleri atlamaya kalkismayin.

IKAZ: Ana robot ve/veya kimyasal sivi robotlari islem modiilii kapagi agildiktan sonra yaklasik 5
saniyeden daha uzun sure galigmaya devam ederse hemen misteri hizmetleri ile irtibat kurun.
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2.2.4  AnaRobot ve Kimlik Goruntuleyici

Ana robot reaktifleri aspire etmek ve damlatmak lzere aspirasyon probunu konumlandirir. Robot kolu islem modiiliine
ylklenen lamlari ve reaktifleri tanimlamak igin kullanilan kimlik gorintileyiciyi tutar.

Sekil 2-6: Kimlik gorintiileyici ok ile gosterilen ana robot fotografi

boyamayla sonuglanabilir.

é IKAZ: islem modiilii agikken ana robot kolunu hareket ettirmeyin. Robotun hizasi bozulabilir ve kot
Robot hareket ettirilmisse: aletin guictini kapatin, 30 saniye bekleyin ve tekrar ¢alismaya hazirlayin.

Lamlar igin, BOND sistemi tanimlama agisindan her lam etiketini tarar (bakiniz 5.1.5.1 Otomatik Lam Tanimlama).
« Kimlik gortntileyici penceresi diizenli olarak temizlenmelidir.
Talimat igin bakiniz 12.9 Kimlik Goruntuleyici.

 Aspirasyon probu kirilmis veya bikilmisse Misteri Hizmetleri ile irtibat kurun.

2.2.5  Lam Boyama Uniteleri

yaniklara neden olabilir. islem durduktan sonra lam boyama Unitesi ve gevresinin sogumasi igin 20

f E IKAZ: Lam boyama Uinitesi ve gevreleriyle temas etmekten kaginin. Bunlar gok sicak olabilir ve siddetli
dakika bekleyin.
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é IKAZ: Lam boyama Uniteleri etrafinda tehlikeli olabilecek reaktifler toplanabilir ve lam tepsilerini
kontamine edebilir. Lam tepsilerini kullanirken daima onayli koruyucu giysiler ve eldivenler kullanin.

Lamlar lam boyama unitelerinde galisilir. Her islem moddli Gg lam boyama Unitesi igerir.

Bir galismayi baglatmak igin kullanici 6n kapaktan bir lam tepsisi yerlestirir (2.2.6 On Kapak bolimiinde
tanimlanmistir) ve sonra yiikleme diigmesine basar. BOND lamlarin goriintilerini yakalar. Lamlar uyumluysa (bakiniz
6.9 Lam Uyumlulugu) ve tiim reaktifler mevcutsa kullanici galismayi baslatabilir. Lam detaylarini girmek ve lamlari
yliklemek hakkinda daha fazla bilgi igin bakiniz 6 Lam Kurulumu (BOND Kontroldrde).

Isleme baglamadan 6nce BOND sistemi lamlari lam boyama tinitesine kilitler. BOND sistemi lamlari islerken bir lam
tepsisini ¢gikarmaniz gerekirse, once galismayi durdurmalisiniz. Sistem durumu ekraninda tepsinin altindaki B -
tiklayin (bkz. 5.1.7 Bir Calismayi Baslatma veya Durdurma) ve ardindan lam boyama Unitesi kilidini agin.

Lam boyama Uinitesinin temizlenmesi ve rutin bakimi igin bakiniz 12.4 Lam Boyama Unitesi.
Lam Boyama Unitesi Istticilari

f’} IKAZ: islem modiilii tizerindeki istticilar ve isitilmis yiizeyler tutusma tehlikeleri olusturabilir:
* Isiticilar Uzerine veya yakinina yanici materyaller yerlestirmeyin.
« islem modiilinde herhangi bir sicak yiizey lizerine yanici materyaller yerlestirmeyin.

 Tim bidon kapaklarinin, tekrar doldurma veya bosaltma sonrasinda uygun sekilde
kapatildigindan emin olun.

« islem modiilleri yakinina bir alev veya tutusma kaynagi yerlestirmeyin.

 TUm bidon kapaklarinin, tekrar doldurma veya bosaltma sonrasinda uygun sekilde

fi IKAZ: BOND-III ve BOND-MAX islem modiillerinde kullanilan reaktiflerin bazilari yanicidir:
kapatildigindan emin olun.

BOND-IIl ve BOND-MAX cihazlarinin her lam pozisyonunda bir isitma ekipmani vardir. Bu ekipmanlarin her biri
bagimsiz olarak izlenir ve bir sicaklik hatasi olusursa hatali olarak isaretlenir (bakiniz Sekil 2-7). Bir hatalr isitic
belirtilirse mugsteri hizmetleriyle irtibat kurun.

Sekil 2-7: Ayriisitici hatasi

FJ

Hatali olarak belirtilen bir pozisyonda isitilmasi gereken bir lami ¢alistirmaya kalkismamalisiniz. Bir isitici, bir calisma
sirasinda ariza yaparsa ilgili pozisyondaki lam uygun sekilde ¢aligiimamis olabilir.

Isitici arizasl olasi bir guvenlik riski olusturursa, islem modulu halen galisilmakta olan tim sicaklik kontrolli lamlarin
Istticisi dahil tim lam isiticilarini kapatir.
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Sekil 2-8: Her pozisyonda gri 1sitici sembolleri tam bir isinma sonlanmasini isaret eder

~

N

=

=

N

=

=

Lam 1sitma kapandiktan sonra isitici kilitlenmesini gidermek icin islem modliini kapatip tekrar agmalisiniz. Orada

2.2.6  OnKapak

Asagidaki sekiller BOND-III ve BOND-MAX on kapaklarini gosterir.
Sekil 2-9: BOND-II 6n kapak

BOND-11I

Aciklama

1 On Kapak
2.2.6.1 Giig LED'

2 Lam Tepsisi Yuvasi
2.2.6.2 Lam Tepsisi Yuvasl

3 Lam Tepsisi LED'i
2.2.6.3 Lam Tepsisi LED'i
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Reaktif Platformu

2.2.6.5 Reaktif Platformu

Reaktif Tepsisi LED'i
Reaktif Tepsisi LED'i

Yiikle/Gikar Diigmesi
2.2.6.4 Yukle/Gikar DUgmesi
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Sekil 2-10: BOND-MAX 6n kapak

Aciklama
1 On Kapak 4 Reaktif Platformu
2.2.6.1 Gug LED'i 2.2.6.5 Reaktif Platformu
2 Lam Tepsisi Yuvasi 5 Reaktif Tepsisi LED'i
2.2.6.2 Lam Tepsisi Yuvasi Reaktif Tepsisi LED'i
3 Lam Tepsisi LED'i 6 Yiikle/Cikar Diigmesi
2.2.6.3 Lam Tepsisi LED'i 2.2.6.4 Yukle/Gikar Dugmesi

22.6.1 Giig LED

Asagidaki sekilde galisir:
 Kapall - giig yok

 Mavi (mevcut model) veya Turuncu (6nceki modeller) — gii¢ agik ancak igslem modiilii yazilimi heniiz
baslamamis

* Yesil - gli¢ acik, sistem galisiyor.
Sekil 2-11: Giig LED'i renkleri (mavi, yesil) BOND-MAX cihazi lizerinde

2.2.6.2 Lam Tepsisi Yuvasl

Lam tepsilerinin yerlestirildidi g agiklik (her lam tepsisi tertibati igin bir adet) vardir. Bir lam tepsisi yerlestirildiginde
bu tepsiyi lam boyama Unitesine kilitlemek icin Yikle/Cikar digmesine basin. Bir tepsi kilitlendikten sonra robot kolu,
kimlik gorintileyiciyi lamlari otomatik olarak tanimlamak Uzere tepsideki lamlar lzerinde hareket ettirir.
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2.2.6.3 Lam Tepsisi LED'

Her lam boyama unitesinin altindaki on kapakta gok renkli LED'ler lam tepsisinin durumuna isaret eder. BOND-MAX
Islem Mod(illerinde, lam tepsisi LED'leri Yiikle/Cikar diigmelerine yerlestirilmistir. Bu iglem modiillerinde LED Gzerine
bastiginizda birkag saniye suresince mavi renkte yanar.

Lam boyama unitesi LED renk gostergeleri soyledir:

Kapall - lam tepsisi yoktur veya lam tepsisi kilitlidir.

Siirekli turuncu - tepsi yiiklenmis ve kilitlidir ancak isleme baslamamistir.
Tepsinin kilidi gtivenle agilip Yukle/Gikar dugmesiyle cikarilabilir.

Sabit kirmizi - tepsideki lamlar isleniyor.

Tepsi kilitlidir ve Yukle/Cikar digmesinin kilidi agilamaz. Gikarmak igin 6nce yaziimda ¢alismadan ¢ikmaniz
gerekir.

Yanip sonen yesil - ¢alisma bilgilendirme olmadan bitmistir. Yukle/Cikar digmesiyle kilidini agin.

Yanip sonen kirmizi - calisma reddedilmistir veya calisma bilgilendirmelerle tanimlanmistir. Yiikle/Cikar
dugmesiyle kilidini agin.

Sekil 2-12: BOND-MAX islem Modiilii tizerindeki lam tepsisi LED renkleri (turuncu, kirmizi, yesil)

2.2.6.4 Yikle/Cikar Digmesi

Yikle/Cikar digmesine basmak sunlari yapar:

Bir tepsi yukli dedilse, bir sey olmaz.

Bir tepsi yukliyse ve kilitli degilse, BOND-IIl veya BOND-MAX tepsi kilidini agar ve robot kolu mevcutsa kimlik
gorlntleyici lam kimliklerini tanimlar.

Bir tepsi kilitliyse ve galisma baslamadiysa, BOND-IIl veya BOND-MAX tepsi kilidini agar.
Bir tepsi kilitliyse ve ¢aligma bittiyse, BOND-III veya BOND-MAX tepsi kilidini agar.

Bir tepsi kilitliyse ve galisma devam ediyorsa Yiikle/Cikar diigmesinin etkisi yoktur. ilgili tepsiyi kullanan bir
calisma bitinceye veya bundan ¢ikilincaya kadar bir tepsi kilidini agamazsiniz.

Lam boyama unitesi sicaksa bir tepsiyi kilitleyemez veya kilidini agamazsiniz - Unitenin sogumasini bekleyin.
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2.2.6.5 Reaktif Platformu

Burasi goriintileme sistemleri, 7 ml ve 30 ml reaktif konteynirlari ve/veya 6 ml titrasyon konteynirlarinin bulundugu
reaktif tepsilerinin yerlestirildigi yerdir. Her tepsi dokuz adede kadar reaktif tutabilir ve reaktif platformu dort reaktif
tepsisi tutabilir.

Bir reaktif tepsisini yiiklemek igin tepsiyi platforma ve kilitteme mekanizmasina kaydirin (bakiniz 4.7.4 Reaktifleri
Yiikleme). Robot kolu kullanilabilir oldugunda BOND her reaktif pozisyonundaki reaktifleri tanimlar.

Reaktif Tepsisi LED'i
Her tepsi pozisyonunun altinda agagidaki sekilde galisan iki renkli bir LED vardir:
 Kapall - bir tepsi saptanmamistir.
Bir tepsi yerlestirilmigse ve LED kapaliysa tepsinin dogru yerlestirildigini kontrol edin.
« Sirekli kirmizi - sonraki iki dakika iginde tepsi tUzerinde bir reaktif gereklidir.
Tepsi kilitlidir ve gikarilamaz.
« Sirekli yesil - bu tepsideki reaktiflerin hicbiri sonraki iki dakika i¢inde gerekli degildir.
Tepsi kilitli degildir ve gegici olarak gikarilabilir.
Sekil 2-13: Reaktif tepsisi LED renkleri (kirmizi, yesil) BOND-MAX cihaz lizerinde

2.2.7  Kimyasal Bidon Kism

Kimyasal reaktif ve atik konteynirlari hem BOND-IIl hem de BOND-MAX'ta 6n kapak altinda bulunur. BOND-MAX ayrica
standart atik igin bir harici konteynira sahiptir.

Bidon doldurma, bosaltma ve bakim talimatlari igin bakiniz 12.2 Bidonlar.

etiketleriyle belirtildigi sekilde bosluktaki dogru istasyonuna yerlestirin.
BOND-IIl igin bakiniz Sekil 2-14; BOND-MAX igin bakiniz Sekil 2-16.

é IKAZ: Cihaz dogru galigmasini saglamak igin her kimyasal reaktif bidonunu, renk kodlu isim
Aksi halde boyanma olumsuz etkilenebilir.
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« islem modiilleri yakinina bir alev veya tutusma kaynag yerlestirmeyin.

 TUm bidon kapaklarinin, tekrar doldurma veya bosaltma sonrasinda uygun sekilde

fﬂi IKAZ: BOND-II ve BOND-MAX islem modiillerinde kullanilan reaktiflerin bazilari yanicidir:
kapatildidindan emin olun.

e 2.2.7.1 BOND-IlI
e 2.2.7.2 BOND-MAX

2.2.7.1  BOND-IlI

Onceki BOND-III, tiim bidonlara kolay erisim saglayan iki saydam kabin kapisina sahiptir. Acma sirasinda kapilarin st
kismindaki rayi tutun.

Lam boyama unitelerinden tim atik tehlikeli atik konteynirina gonderilir. Yikama blogundan atik, atiktaki reaktifin
durumuna bagli olarak standart veya tehlikeli atik konteynirina gonderilir (uygun durumda, olusturdugunuz reaktifleri
tehlikeli olarak tanimlamalisiniz - bakiniz 8.2.1 Bir Reaktif Ekleme veya Diizenleme).

Her kimyasal reaktif ve atik konteyniri igin agirlik sensorleri, reaktif seviyesi diisiik veya atik seviyesi fazla yiksek
oldugunda kullanictyr uyarir. Her kimyasal konteynirin durumu Bidon Aydinlatma Sistemi (BOND-III) (Bolim , sayfa 52)
ile gorsel olarak belirtilir. Bu sistemin onceki BOND-III Gizerine takili olmadigini unutmayin; bunun yerine ekrandaki
simgeleri kullanabilirsiniz (bkz. 5.1.3.6 Bidon Durumu).

BOND-IIl asagidaki konteynirlar icin, soldan sada gidecek sekilde Sekil 2-14'de belirtilen raklarda alana sahiptir:

Istasyon Konteynir Pozisyon | Biiyiikliik Reaktif
(L)
8 ER1 Ustraf 2 Mor BOND Epitope Retrieval Solution 1*
9 ER2 2 Acik Mor BOND Epitope Retrieval Solution 2*
1 Dewax Solution Altraf 5 Kirmizi BOND Dewax Solution*
2 Deiyonize Su 5 Mavi Deiyonize Su
3 Yikama tamponu 5 Yesil BOND Wash Solution*
4 Alkol 5 Turuncu Alkol (reaktif sinifi)
5 Kimyasal Atik 5 Gri Standart Atik
6 Kimyasal Atik 5 Gri Standart Atik
7 Tehlikeli Atik 5 Kahverengi  Tehlikeli Atik

* Sadece BOND reaktifleri kullanin - yerlerine alternatif riinler kullanmayin.

Laboratuvariniz epitop geri alma ve/veya deparafinizasyon reaktifi konteynirlarini kullanmiyorsa, bunlar uygulama
istemcisinde devre digi birakilabilir — bakiniz 10.6.1.7 Kimyasal Reaktif Bidonlarini Devre Disl Birakma.
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2 Donanim

Sekil 2-14; BOND-III kimyasal reaktif konteynirlari yerlerinde

Epitope
Retrieval 2

Her bir bidonun etiketinin ve
; kapak renginin ve yazdirilan
Lt : Hazrious tanimin, konteynerin hemen
altindaki cihaz
boslugundaki etiketle
eslestiginden emin olun.
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Bidon Aydinlatma Sistemi (BOND-III)

BOND-IIl islem moddlleri, asagidaki Sekil 2-15 dahilinde gosterildigi Uzere, bidon aydinlatma sistemi ile donatilmigtir.

Sekil 2-15: Bidon aydinlatma sistemi

Bidon aydinlatma sistemi, her bidondaki sivi seviyesini gormenize yardimci olur ve i1siklar normal ¢alisma sirasinda
sabit beyaz renktedir.

Ayrica 1sik, her bidonun mevcut durumunu belirtir:
* Bir bidon tamamen bos oldugunda ya da atik konteyniri neredeyse dolu oldugunda beyaz isik titrer.

» Bir bidon bos oldugunda ya da atik konteyniri dolu oldugunda bu durum mevcut islemi etkiler; 1sik kirmizi
renkte titrer.

« Bir bidon ¢ikarildiginda arka 15141 kapanir ve cihaz boslugundaki etiket 15131 beyaz renkte titresir.

‘ Bidon aydinlatma sistemi yalnizca BOND 6.0 veya daha yiiksek strimli bir yazilimla calisir.

Ayrica bidonlarin Sistem durumu ekraninda nasil gosterildigine iliskin bilgiler igin bkz. 5.1.3.6 Bidon Durumu.
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2.2.7.2  BOND-MAX

BOND-MAX bidonlara erisim igin asagi agilir tek bir kapiya sahiptir. Kapida bidonlarin reaktif seviyelerini gormenizi
mimkin kilan (bunlarda saydamdir) saydam bir panel vardir.

Kapi manyetik siirgllerle tutulur. Eski model sapsiz islem moddillerinde kapagi agmak icin kapagin her iki tarafindan
ustten cekin.

Kimyasal bidon kismi kapisi boyama ¢alismalari sirasinda kapali kalmalidir. Kapi agiksa sistem
durumu ekraninda bir uyari isareti goriilecektir (bakiniz 5.1.2 Donanim Durumu) ve mevcut

uygulamalar durabilir.

Islem modiilinden gelen atik, atiktaki reaktifin durumuna bagl olarak standart veya tehlikeli atik konteynerine
gonderilir (uygun durumda, olusturdugunuz reaktifleri tehlikeli olarak tanimlamalisiniz - bakiniz 8.2.1 Bir Reaktif
Ekleme veya Diizenleme).

BOND-MAX kimyasal reaktif konteynirlarinda reaktif seviyesi diisiik oldugunda uyarmak tizere sivi seviyesi sensorleri
vardir; atik konteynirlarinda ayrica atik seviyesi fazla yiksek oldugunda uyarmak icin sivi seviyesi sensarleri vardir.
Tekrar doldurma ve bogaltma talimati igin bakiniz 12.2 Bidonlar.

BOND-MAX soldan saga sirayla asagidaki konteynirlar igin alana sahiptir:

istasyon Konteynir Biiyiikliik Reaktif
1 Tehlikeli Atik 2 Kahverengi Tehlikeli Atik
2 ER1 1 Mor BOND Epitope Retrieval Solution 1*
3 ER2 1 Acik Mor BOND Epitope Retrieval Solution 2*
4 Dewax Solution 2 Kirmizi BOND Dewax Solution*
5 Deiyonize Su 2 Mavi Deiyonize Su
6 Yikama tamponu 2 Yesil BOND Wash Solution*
7 Alkol 2 Turuncu Alkol (reaktif sinifi)

* Sadece BOND reaktifleri kullanin — yerlerine alternatif driinler kullanmayin.

Epitop geri alma ve/veya deparafinizasyon reaktif kaplari kullanilmiyorsa islem moddlinden gikarilabilir - bakiniz
10.6.1.1 Kimyasal Reaktif Bidonlarini Devre Disl Birakma.
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Sekil 2-16: BOND-MAX kimyasal reaktifleri konumlarinda

Her bidonun etiket renginin ve yazdirilan taniminin, konteynerin hemen altindaki iglem
modiilii boslugundaki etiketle eslestijinden emin olun.

Harici Atik Konteyniri

BOND-MAX dahilinde dokuz litrelik harici bir standart atik konteyniri mevcuttur. Meveut modelden onceki iglem
moddillerine sahip konteynerlerde, konteyneri bosaltmak icin kullanilan tek bir konteyner kapaginda sivi ve seviye
sensori baglantilari bulunur. BOND-MAX mevcut modeline sahip konteynerlerin; biri konektorler, ikincisi ise atigin
bosaltilmasi igin olmak tzere iki kapagi bulunmaktadir. Bu konteynerlerdeki konektor kapaklarini asla gikarmayin.

Temin edilen konteynir, biri konektorler, ikincisi ise atigin bogaltiimast igin olmak tzere iki kapaga sahiptir. Bu
konteynirdaki konektor kapagini asla ¢ikarmayin.

Sekil 2-17: BOND-MAX harici atik konteyniri

1 3

Aciklama
1 Sensor konektorii

2  Sivi konektori

3 Konteynerin bosaltiimasi igin
agma

Sivi hatti, islem moduli arka kapaginin sag altinda bulunan ve iterek yerine oturan bir konektore baglanir. Sivi seviyesi
sensorii kapagin sol Ustiinde (g pinli bir konektdre baglanir (bakiniz Sekil 2-25).

Harici konteynir bosaltma ve bakim talimati igin bakiniz 12.2.4 Harici Atik Konteyniri (sadece BOND-MAX).
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& DIKKAT: Bir vidali kapag cikarmadan veya bir harici atik konteynirini bosaltmadan dnce sensor ve sivi
konektorlerini (bu sirayla) daima ayirin. Kablo ve tiip halen takiliyken bir konteynirdan sivi dokmeye
kalkigmayin.

‘ IKAZ: immiinohistokimya ve in situ hibridizasyonlari kullanilan reaktiflerden bazilar tehlikelidir.
& Devam etmeden dnce bu iglem igin yeterli egitim aldiginizdan emin olun.
1 Reaktifleri kullanmadan veya aleti temizlemeden once lateks veya nitril eldivenler, givenlik

gozlikleri ve diger uygun koruyucu giysiler giyin.

2 Reaktifler ve kondensati laboratuvar galisma yeri igin gegerli tim ilgili islemler ve resmi
dizenlemelerle uyumlu olarak kullanin ve atin.

f’i IKAZ: BOND-III ve BOND-MAX islem modiillerinde kullanilan reaktiflerin bazilari yanicidir:
« islem modiilleri yakinina bir alev veya tutusma kaynagi yerlestirmeyin.

 Tim bidon kapaklarinin, tekrar doldurma veya bosaltma sonrasinda uygun sekilde
kapatildigindan emin olun.
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2.2.8  Aspirasyon Probu

Aspirasyon probu konteynirlardan reaktifleri aspire eder, reaktifleri lam boyama unitelerindeki lamlara iletir ve
karistirma istasyonunda kromojenleri karistirir. Reaktif seviyesini saptamak igin bir sivi seviyesi sensori vardir
(bakiniz 8.3.1 Reaktif Hacmini Belirleme).

Sekil 2-18: Robot kolunda aspirasyon probu

ﬁ

!

......

icin farklidir. (61d hacim degerleri igin bakiniz 18 Spesifikasyonlar, 18.5 Calistirma Ozellikleri).

Aspirasyon probu bakim talimatiicin bakiniz 12.6 Aspirasyon Probu.

2.2.9  Yikama Blogu ve Karistirma Istasyonu
Aciklama

Sekil 2-19: Karistirma istasyonu takili yilkama blogu
[ = )
) )
1 ] N( - ) 1 Yikama alani
| DOOOTE

I .
istasyonu

Soldaki yikama alani aspirasyon probunu yikamak igin kiiguk delikler igerir.
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Yikama blogunun sagdaki kismi alti bosluktan olusan karistirma istasyonunu tutar. Bunlar, kullanimdan hemen once
karistinimasi gereken kisa omiirlii reaktifler igin karistirma tiipleridir. Reaktiflerin karistiriimasi reaktif tipine bag
olarak yazilim tarafindan belirlenir.

BOND yazilimi, karigtirma istasyonunun durumunu izler ve istasyonun izlenen durumu temiz ve bos
disinda ise BOND-IIl veya BOND-MAX'yi baslatmaz (bkz. 5.1.2 Donanim Durumu). Galismaya
hazirlama sirasinda karistirma istasyonunun kirli veya iginde sivi bulundugu uyarisi gelirse,
bilgilendirme diyalogunda TAMAM secenegine tiklamadan istasyonun temiz ve bos oldugundan emin

olun. Kirli ve/veya bos olmayan bir karistirma istasyonuyla devam ederseniz reaktifler kontamine
olabilir veya karistirma tipleri tasabilir.

Calismaya hazirlama sirasinda karistirma istasyonu tizerinde mevcut oldugundan emin olmak igin
BOND bir etiketi tarar. BOND Yazilim bu kimligi saptayamazsa, bir mesajla karigtirma istasyonunun

mevcut oldugunu dogrulamaniz istenir.

Karistirma istasyonu bakim talimati igin bakiniz 12.7 Yikama Blogu ve Karistirma Istasyonu.

2.2.10  Kimyasal Sivi Robotlari (sadece BOND-III)

Sekil 2-20: BOND-III kimyasal sivi robotu (1) her lam boyama tinitesinde bir kilavuz ray (2) boyunca hareket eder

é IKAZ: Ana robot ve/veya kimyasal sivi robotlari islem modiilii kapagi agildiktan sonra 5 saniyeden
daha uzun sire galismaya devam ederse hemen musteri hizmetleri ile irtibat kurun.
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BOND-III cihazinda her lam boyama Unitesinde bir kilavuz ray tizerinde hareket eden ve tiim mevcut lamlara reaktif
damlatan Ug kimyasal sivi robotu vardir. Robotlar sadece kimyasal reaktifleri iletirken aspirasyon probu reaktif
platformundaki konteynirlardan reaktifleri ve bazi kimyasal reaktifleri iletir. Her kimyasal sivi robotunda damlatma
probunu durulamak ve temizlemek igin bir yikama blogu vardir.

2.2.10.1 Bir Kimyasal Sivi Robotunu Ana Pozisyona Manuel Olarak Dondirme

Bir kimyasal sivi robotunun ¢alismasi durursa ve lam boyama Unitesinin yaninda konumlanmigsa, ana pozisyonuna
dondurmek igin Yukle/Cikar digmesine basin. Eger lam boyama unitesinde kalirsa, manuel olarak ana pozisyona
dondirmek ve lam boyama Unitesindeki herhangi bir lami geri almak icin asagidaki adimlari gergeklestirin.

1 Islem modiiliniin bos oldugundan ve herhangi bir galismanin planlanmamig veya caligiimiyor oldugundan emin
olun ve sonra kapatin.

2 Kimyasal sivi robotundaki damlatma blogunu (bakiniz Sekil 2-21) prob (st plakadan agida gikincaya kadar
yavasga kaldirin.

3 Robotu lam boyama Unitesinin arkasindaki ray boyunca itin. Yavas ve sabit bir hareket kullanin - gok hizli
itmeyin.

Robot Ust plaka rayindan ¢ikincaya kadar itin — gidebilecegi kadar geriye itmeyin.

Sekil 2-21: Damlatma blogunu kaldirin

4 Robot Ust plakayi gegince kapagi kapatin ve islem modultni tekrar agin. Lam boyama Unitesinin, galismaya
hazirlama rutininin bir pargasi olarak kilidinin agilmasi gerekir.

Lam boyama unitesinin kilidi agiimazsa lam tepsilerini geri alma talimati igin bakiniz 12.4.7 Lam Boyama
Unitelerinin Kilidini Manuel Olarak Agma.

5 Lam tepsisive lamlari geri alin.
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2.2.11  Sinngalar

Siringalar BOND sistemi igin gerekli hassas reaktif sivi hacimlerini aspire eder ve damlatir. Siringa bakim talimati igin
bakiniz 12.13 Siringalar.

kapaginin takili (BOND-III) oldugundan emin olun. Bir siringa veya Siringa yuvasi gevserse basing

é IKAZ: Siringa kapisinin kapali oldugundan (BOND-MAX) veya normal calisma sirasinda siringa
altindaki reaktifler sirngadan puskdrebilir.

2.2.11.1 BOND-IlI

BOND-IIl 6n kapagin altinda bulunan dort siringa pompasina sahiptir. Soldan saga ilk t¢ siringa pompasi yukarida
belirtilen SSA1, SSA2 ve SSA3 kimyasal sivi robotlari tarafindan kullanilir. Dérdlnct siringa olan ana siringa pompasi
aspirasyon probu tarafindan kullanilir.

Sekil 2-22: BOND-III siringalari

A DIKKAT: Bir calismayi baslatmadan veya islem modiiliinii calismaya hazirlamadan 6nce siringa
modiiliiniin tamamen kapali oldugundan emin olun (bakiniz 12.4.1 Lam Boyama Unitelerinin Kilidini
Manuel Olarak Agma). Aksi halde galisma sirasinda siringalar zarar gorebilir.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06 59

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



2 Donanim

2.2.11.2 BOND-MAX

BOND-MAX cihazin sag tarafinda bir bolmede tek bir siringa pompasina sahiptir. Bu, dondiiriilerek gegen siringa
haznesi ve kiigiik bir klempe sahip 9-portlu siringa valfidir (bir port kullaniimaz).

Sekil 2-23: BOND-MAX 9-portlu siringa

Siringa Unitesinin durumunu kontrol etmek igin kapi on ortasindaki yuvarlatilmis gikintiya bastirip serbest birakarak
kapiyl acin.

‘ ‘e IKAZ: Daima koruyucu giysiler ve eldivenler kullanin.

Calismaya hazirlama sirasinda dizenli olarak kontrol edin ve gerektiginde veya komut geldiginde degistirin — bakiniz
12.13 Siringalar.

2.2.172  Gucg Anahtari

Bu islem modilinin sag kapaginda bulunan tek bir basma butonlu anahtardir. Bu anahtar islem modulini agmak ve
kapatmak igin kullanilir.

o BOND-III Gzerindeki gli¢ anahtari konumu igin, bakiniz Sekil 2-24.
» BOND-MAX uzerindeki gli¢ anahtari konumu igin, bakiniz Sekil 2-25.

2.2.13 Arka Kapak

IKAZ: islem modiilii kapaklarini gikarmayin ve dahili bilesenlere erismeye kalkismayin. BOND islem
Moddilleri iginde tehlikeli voltajlar vardir ve sadece Leica Biosystems tarafindan onaylanan yetkili
servis teknisyenleri bu islemleri yapmalidir.
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2.2.13.1 BOND-IlI

Sekil 2-24, BOND-II islem moddiliintin arka kapagini gostermektedir.

Sekil 2-24: BOND-II arka kapak

4
1
3
2
Agiklama
1 Devre Kesiciler (Yalnizca eski islem modiilleri) 3 Ana Glg Baglantisi
2 Sigortalar 4 Ethernet Baglantisi

 Eskiislem modiilleri—4 sigorta

 Yedek islem modilleri—2 sigorta

Sigortalar degistirme talimati igin bakiniz 12.14 Gi¢ Kaynagi Sigortalari.

‘ ‘ IKAZ: islem modiiliinii kaldirmak igin BOND-III arka kapagindaki iki siyah sapi kullanmayin.
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2.2.13.2 BOND-MAX

Sekil 2-25, BOND-MAX islem modiiliinin arka kapagini gostermektedir. (Onceki model iglem modillerinin sadece bir
glic besleme fani olduguna dikkat edin.)

Sekil 2-25: BOND-MAX arka kapak

7 |
6 !
1 4
2 3
Agiklama
1 Devre Kesiciler (Yalnizca eski islem modiilleri) 5 Harici Atik Baglantisi — tiipler igin (bakiniz

9 Giig Besleme Fanlar 12.2.4 Harici Atik Konteyniri (sadece BOND-MAX))

6 Harici Atik Baglantisi — sivi seviyesi sensori igin

Sigortalar
3 59 (bakiniz 12.2.4 Harici Atik Konteyniri (sadece
« Eskiislem modilleri—4 sigorta BOND-MAX))
* Yedek islem moddilleri—2 sigorta 7 Ethernet Baglantisi

4 Ana Gug Baglantisi

Sigortalar degistirme talimati igin bakiniz 12.14 Gi¢ Kaynagi Sigortalari.
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2.2.13.3 Islem Modiilini Ayirma
Bir BOND-III veya BOND-MAX islem moduliini ana sebeke gli¢ kaynagindan ayirmak igin sunlari yapin:

1 Glcu iglem moddltnun sag tarafindaki anahtari kullanarak kapatin.

2 Islem modiilii ana sebeke glig baglantisindan (Sekil 2-24'da madde 3 ve Sekil 2-25'de madde 4) gii¢ kablosunu
duvara kadar izleyin. Ana sebeke gli¢ kaynagini duvar soketinde kapatin.

3 Islem modiiltiniin arkasindan fisi gekin.

2.3 BOND Kontrolor ve Terminalleri

Tum BOND sistemlerinde bir BOND kontroloru vardir ve tim yazilim islemleri burada gerceklesir. Tek oturumlu
kurulumlarda (bakiniz 3.1.7 Tek Oturumlu Konfigiirasyon) istemci yazilimini galistirmak igin bir klavye, fare ve
monitorle bir kontrolor kullanilir. Tek oturumlu kurulumlar bes veya daha az islem moddlini ¢alistirmak icin yeterlidir.

BOND-ADVANCE kurulumlari (bakiniz 3.1.2 BOND-ADVANCE) ve besten fazla islem modiilii olan laboratuvarlarda
ayrica BOND terminaller vardir. Bu kurulumlarda BOND yazilimi igin gogu kullanici etkilesimi terminallerde gerceklesir
ve bunlarin her biri islem modiillerinin herhangi biri veya timunu kontrol edebilir. Ayrica ayni iglem
modultint/modiillerini birden fazla terminalden kontrol etmek mumkundur.

BOND kontrolori tim yazilim islemlerini gerceklestirmeye devam eder. BOND-ADVANCE kurulumlarindaki
kontrolorlerin tek oturumlu kurulumlarda kullanilanlardan daha yiksek spesifikasyonlar mevcuttur ve mikemmel
guvenilirlik saglamak tzere birden fazla yedek seviyesine sahiptirler.

Bazi BOND-ADVANCE kurulumlarinda bir sekonder (yedek) kontrolor vardir. Bu kontrolor primer kontrolor tizerindeki
tim siirecleri kaydeder ve primer kontrolGr ariza yaparsa bu kontrolore gegilebilir. ideal olarak sekonder kontrolGrler,
yerel bir olay nedeniyle her iki kontrolorlin hasar gormesi olasiligini azaltmak tizere primer kontrolore yakin
bulunmamalidir.

Tek oturumlu kurulumlarda kontrolore veya BOND-ADVANCE kurulumlarda her terminale bir lam etiketi yazici ve el
kontrollu barkod tarayici baghdir.

& DIKKAT: BOND kontroldrii lizerindeki igletim sistemi ve yazilim BOND sisteminde optimum kontrol
sa@lamak Uzere tasarlanmigtir. Sistem kontroliinden herhangi bir olumsuz etkilenme veya gecikme
olasiliindan kaginmak igin BOND kontrolori veya terminaline herhangi bir ek yazilim kurmayin.
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2.4 El Kontrollu Barkod Tarayicl

Sekil 2-26: El kontrollu barkod tarayiciyl

USB el kontrollii barkod tarayicilar kontrolore (tek oturumlu kurulumlar) veya terminallere (BOND-ADVANCE
kurulumlar) baglidir. Bunlar reaktifleri kaydetmek igin kullanilir ve 1D ya da 2D barkod kimlikleri kullaniliyorsa lamlari
tanimlamak igin kullanilabilirler (bakiniz 6.5.6 Bir Lami Manuel Olarak Tanimlama).

Surim 7'den sonraki BOND suriimlerinde 1D ve OCR barkodlarinin olusturulmasi desteklenmemektedir.

Sistem ytikseltmeniz bir BOND-PRIME Islem Modiilii igeriyorsa, 2D barkod tarayici kullanmaniz gerekir. Bakiniz
13.1.2 Zebra Barkod Tarayicl.

El kontrolli barkod tarayict BOND sisteminiz kuruldugunda, kurulmus ve calisiyor durumda olmalidir. Bakim ve
konfigurasyon talimati i¢in bakiniz 13.1 El Kontrollt Barkod Tarayicilar.

2.4.1  ElKontrolli Barkod Tarayiciyl Kullanma

Bir barkodu okumak icin tarayiclyl buna yonlendirin ve tetige basin. Kirmizi ¢izgi barkodun tam uzunlugu boyunca
uzanacak sekilde hizalayin. Bir barkod tanindidinda tarayici bipler ve gosterge yesile doner. Barkod taranmazsa
tarayici tekrarli sekilde bipler ve gosterge kirmiziya doner.

Barkodlari tarayiciya fazla yakin tutmayin. Tarayici bir barkodu tanimazsa barkodu daha uzaga
tasimay! deneyin veya barkodu 45° aglyla tarayin (tarayiclya geri bildirim verilmesini onlemek igin).

Tarayicl standina yerlestirildiginde ellerin serbest oldugu kullanima geger ve bir barkod okurken tetikleyiciye
basmaniza gerek yoktur.
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2.5 Lam Etiketleyici

Tek oturumlu BOND sistemlerde kontrolore bagli tek lam etiketi yazici (“lam etiketleyici” denir) vardir. BOND-ADVANCE
kurulumlarinda her terminale ayri bir lam etiketleyici baglanir.

Lam etiketleyiciler tanimlama igin lamlara tutturmak Gzere yapistirilan etiketler yazdirirlar. Tim etiketler 2B barkodlar
olarak islenmis benzersiz bir lam kimligi igerir (bkz. 10.5.2 Vaka ve Lam Ayarlari). BOND islem modiillerine
ylklendiklerinde lamlari otomatik olarak tanimlamak igin bu kimlikleri kullanir. Etiketler tizerinde kimliklere ek olarak
baska bilgilerin goriilmesini konfigtire edebilirsiniz — bakiniz 10.3 Etiketler .

Bazi laboratuvarlar LIS'lerinden basili lam etiketleri kullanir ancak BOND lam etiketleyici bu sistemlerde BOND klinik
istemci ile olusturulan herhangi bir lam igin yine de dahil edilmistir.

Lam etiketleyiciler standart BOND kurulumunun bir pargasi olarak kurulur. Bir lam etiketleyiciyi ekler veya
degistirirseniz bunu uygulama istemcisinde Donanim ekraninda (bakiniz 10.6.3 Lam Etiketleyiciler) konfigiire edin.
Etiket ve serit degistirme ve temizlik bilgisi icin etiketleyici ile saglanan belgeleri kullanin.

IKAZ: Sadece BOND lam etiketleri ve yazdirma seridi kullanin. Bu etiketler BOND ve 'da ¢alisma
sirasinda yapigmis ve okunur durumda kalir.
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2.6 Yardimci Ekipman

Bu bolim BOND sisteminde kullanilan yardimei ekipmani tanimlar.
e 2.6.1Lamlar
e 2.6.2 BOND Universal Covertiles

» 2.6.3 Reaktif Sistemleri ve Konteynirlari

BOND-PRIME sarf malzemeleri hakkinda bilgi i¢in ayri BOND-PRIME kullanici el kitabina bakin.

2.6.1 Lamlar

BOND-IIl ve BOND-MAX islem modullerinde sadece dogru buyukltkte cam lamlar kullanin. Yanlig buyuklikte lamlar
lam tepsilerine uygun sekilde oturmayabilir ve Covertile'lar Gzerlerine uygun sekilde oturmaz. Bunlarin her ikisi
boyama kalitesini etkileyebilir.

Leica Biosystems, BOND sisteminde kullaniimak tzere tasarlanmig Leica BOND Plus lamlari ve Apex BOND lamlarini
onerir. Bunlar hem BOND lam tepsileri ve Covertile'lar igin optimum biyikltktedir hem de bu pozitif yiiklt lamlar 100
uL ve 150 L damlatildiginda dokunun yerlestirilmesi gereken bélgeleri gostermek iizere isaretlidir (bakiniz

6.5.8 Damlatma Hacimleri ve Lamlar Uzerinde Doku Pozisyonu).

Kendi lamlarinizi kullaniyorsaniz asagidaki spesifikasyonlara uymalari gerekir:

Boyutlar Genigslik: 24,64-26,0 mm
Uzunluk: 74,9-76,0 mm
Kalinlik: 0,8-1,3 mm

Etiket alani Genigslik: 24,64-26,0 mm
Uzunluk: 16,9-21,0 mm

Materyal Cam, IS0 8037/1

A DIKKAT: Hasarli lamlari kullanmayin. islem modiiliini yiiklemeden once, tim lamlarin lam
tepsilerinde dogru hizalanmis oldugundan emin olun.

A DIKKAT: Yuvarlaklagmis veya kirllmig kenarli lamlari kullanmayin. Bu lamlar lam tepsisi iginden
dusebilir ve Covertile'lar altindaki sivi akisini etkileyip boyama kalitesini etkileyebilir.
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2.6.2  BOND Universal Covertiles

BOND Universal Covertile'lar boyama sirasinda lamlar tzerine oturan saydam plastik
kapaklardir. Kapiller etki Covertile'lar ile lamlar arasinda lamlara damlatiimis reaktifi
cekerek hafif ve homojen doku kapsama saglar. Covertile'lar gereken reaktif hacmini
minimuma indirir ve lamlarin uygulamalar arasinda kurumasini onler. Covertile'lar
BOND boyama sisteminin gerekli bir bolimudur ve daima kullaniimalidir.

Lamlari lam tepsilerine yerlestirdikten sonra Covertile'lari lamlar tzerine yerlestirin
(bakiniz 4.1.3.5 Lamlari Yikleme). Covertile'larin uygun sekilde, her Covertile
boynundaki anahtarin (fotografta sagda daire igine alinmistir) lam tepsisindeki
yuvaya oturacak sekilde konumlandigindan emin olun.

ki Covertile tasarimi vardir — bunlar birbiri yerine kullanilabilir. Yeni tasarim bir
Covertile lam tzerine dogru olmayan sekilde yerlestirildiinde bunu daha belirgin
olarak gosteren ozelliklere sahiptir (Leica kelimesi, kiigiik bir dairesel isaret ve sol
Ustte bir gikinti).

Sekil 2-27: BOND Universal Covertile (orijinal tasarim)

Covertile'lar renkleri gok degismedigi veya hasar gormedigi surece ve uygun sekilde temizlenmeleri sartiyla 25 kereye
kadar tekrar kullanilabilir (bakiniz 12.3 Covertile'ler). Hasarli Covertile'lari atin.

Bazi testler yeni (kullanilmamis) Covertile'larin kullaniimasini gerektirir. Onceden ilgili deneme Kullanici Kilavuzunu
(IFU) kontrol edin.
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2.6.21 Lam Tepsileri

BOND-III veya BOND-MAX islem moddiliine yiklediginizde lamlari ve Covertile'lart konumunda tutmak igin lam tepsileri
kullanin. Her tepsi on lam tutabilir.

ki lam tepsisi tasarimi mevcuttur — degistirerek kullanilabilirler.

Sekil 2-29: Lam tepsisi (eski tasarim (sol) ve yeni tasarim (sag))

Islem modiiliine lamlari ve Covertile'lari yiikleme talimati igin bakiniz 4.1.3.5 Lamlari Yikleme.

2.6.2.2 Reaktif Tepsileri

Reaktif tepsileri 7 mL ve 30 mL BOND reaktif konteynirlari ve 6 mL BOND titrasyon konteynirlari tutar. Tepsiler reaktif
platformunda islem modiiliine yiiklenir (bakiniz 2.2.6.5 Reaktif Platformu).

Sekil 2-30: Reaktif tepsisi

Reaktif tepsilerindeki konteynir konumlari, sapin en uzak ucundan (konum 1) sapin en yakin konumuna kadar (konum
9) numaralandirilir.

Reaktifleri islem moddiltine yiikleme talimatiigin bakiniz 4.1.4 Reaktifleri Yikleme.
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2.6.3  Reaktif Sistemleri ve Konteynirlari

Reaktif tepsilerinde bir dizi reaktif konteyniri tipi kullanilabilir.

2.6.3.1 Reaktif Sistemleri

Reaktif sistemleri bir reaktif tepsisinde 6nceden tanimlanmis bir reaktif setidir. BOND (g tur reaktif sistemi kullanr:
» BOND gorintileme sistemleri
» BOND temizlik sistemleri

Reaktif sistemlerinin her biri hakkinda ek detay icin bakiniz 8.1 Reaktif Yonetimine Genel Bakis.

Bir reaktif sistemi, bilesen konteynirlarinin her birinde barkod etiketlerinin taranmasi yerine reaktif tepsisinin yanindaki
barkodun/barkodlarin taranmasiyla kaydedilir. Sistemi olusturan reaktif konteynirlari tek tek kaydedilmez, tepsiye
kilitlenir ve cikarilmamalari veya tekrar diizenlenmemeleri gerekir. Bir reaktif sistemi bittiginde veya son kullanma
tarihi gectiginde tum tepsi ve konteyniri atin.

2.6.3.2 BOND Kullanima Hazir Reaktifler

BOND kullanima hazir reaktifleri reaktif tepsilerine oturan konteynirlar kullanir. Bu reaktifler BOND sistemi igin
optimize edilmis konsantrasyonlarda saglandigindan kullanimdan once sadece kaydedilmeleri ve agiimalari gerekir.

Konteynirlar, reaktif tipine baglh olarak 3,75 mL ile 30 mL arasinda farkli reaktif hacimleri tutar.

2.6.3.3  Open Container'lar

Open Container'lar kullanici tarafindan saglanan bir reaktif (drnegin bir primer antikor) tutmak igin bos, temiz
konteynirlardir. 7 mL ve 30 mL buyukliklerde gelirler. Open container'lar sadece bir reaktifle kullanilabilir ve her
konteynir maksimum 40 mL reaktif iletecek sekilde tekrar doldurulabilir (bakiniz 8.3.2.4 Bir Reaktif Open Container'ini
Tekrar Doldurma).

BOND sisteminde sadece BOND open container'lari kullanilabilir — kullanici tarafindan saglanan reaktifler icin baska
konteynirlar (titrasyon konteynirlari harig) kullanmaya kalkismayin.

2.6.3.4 Titrasyon Konteynirlari

Ozel amagl titrasyon konteynirlari da mevcuttur (bakiniz 14.2.1.4 Titration Kit ). Bunlar arasinda, rnegin
konsantrasyon optimizasyonu sirasinda bir konteynirdaki reaktifin kolayca degistirilebilmesi igin bir 6 mL ¢ikarilabilir
insert vardir. Agik konteynerlere ayni sekilde, her titrasyon konteyneri 40 mL'ye kadar reaktif iletmek iizere tekrar
doldurulup kullanilabilir. BOND'dan bulunan Leica Biosystems titrasyon kitinde, konteyner basina bes adet insert
sunulmaktadir.

Kitler farkli antikorlar igin tekrar kullanilabilir ve reaktifin korunmasi igin minimum 6l hacimle tasarlanmigtir.
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2.7  Birlslem Modiiliiniin Yerini Degistirme

nakliye agisindan miisteri hizmetleri ile irtibat kurun. islem modilii gok agirdir ve kullanici tarafindan

é IKAZ: Islem modiiliiniin uzun bir mesafede yerini degistirmek ya da tamir etmek veya atmak tizere
hareket ettiriimek tzere tasarlanmamistir.

A DIKKAT: islem modiiliiniin arka kapaginda bulunan havalandirma agikliklarini tikamayin. Ayrica
siringa kapisinda bulunan havalandirma agikliklarini 6rtmeyin (BOND-MAX).

Bir BOND Islem Modiiliinin yeri kisa bir mesafede degistiriliyorsa devam etmeden dnce asagidaki hususlari dikkate
alin:

« Zeminin islem modilinin agirhgini kaldirabilecedinden emin olun ve boyutlar icin 18.2 Fiziksel Ozellikler,
18 Spesifikasyonlar kismina bakip hareket ettirme oncesinde yerel gerekliliklere bagvurun.

« Enterferans agisindan islem modiiliniin kullanimi oncesinde elektromanyetik ortami degerlendirin.

« Bir BOND islem Modiiliinii giiclii elektromanyetik radyasyon kaynaklarina yakin mesafede kullanmayin. Bunlar
arasinda uygun ¢alismayi olumsuz etkileyebilecek kalkanlanmamis isteyerek kullanilan RF kaynaklari vardir.

« Bir BOND islem Modiilinii forkliftle kaldirmayin.

 Sadece saglanan gli¢ kablosunu kullanin ve kullanicinin kablonun takildigi gii¢ baglantisina erisebildiginden
emin olun.

 GUg kablosu ve Ethernet kablosunun hareket ettirme oncesinde ayrildigindan emin olun.
* Yeterli havalandirma saglayin.
» Hareket ettirmeden once atik konteynirlarini bosaltin.

« Hareket ettirmeden Gnce BOND-III islem Modiiliindeki (veya BOND-MAX igin tagima arabasi) dort tekerin
kilidini agtiginizdan emin olun ve yeni yerindeyken tekerleri tekrar kilitleyin.

2.8  Cihazin Hizmetten Cikarilmasi ve Bertarafi

Bu alet, kullanilan parcalar ve ilgili aksesuarlar da dahil olmak tzere gecerli yerel prosediir ve diizenlemelere gore

Cihazi veya parcalari ve aksesuarlari iade etmeden veya bertaraf etmeden once yerel proseddirler ve diizenlemeler
uyarinca temizleyin ve dekontamine edin.

AB'de, tiim elektronik atiklar Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atiklari (2012/19/EU) yonetmeligi uyarinca bertaraf
edilmelidir. AB disindaki bolgelerde, elektronik atiklarin bertarafi igin yerel prosediirleri ve diizenlemeleri izleyin.

Yardima ihtiyaciniz olursa yerel Leica Biosystems temsilcinizle iletisime gegin.
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Yazilima Genel Bakis (BOND
Kontrolorde)

Bu boltim BOND yaziliminin genel ozelliklerine agina hale gelmenize yardimci olmak tzere tasarlanmistir. Yazilimi
islem modillerini galistirmak ve lamlari, vakalari ve reaktifleri yonetmek igin kullanma talimati igin ilgili bolimlere
bakiniz. Uygulama istemcisi talimati igin bakiniz 10 Uygulama Istemci (BOND Kontrolorde).

e 3.1 Sistem Mimarisi

» 3.2 BOND Yazilimini Baglatma ve Kapatma
3.3 Kullanici Rolleri

« 3.4Klinik istemci Arayiiziine Genel Bakis

¢ 3.5 BOND-ADVANCE Panosu

* 3.6 Bilgilendirmeler, Uyarilar ve Alarmlar

e 3.7 Raporlar

e 3.8 Yardm

» 3.9 BOND hakkinda

3.170 BOND Veri Tanimlari

3.11 Yazilim Gincellemeleri
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3 Yazilima Genel Bakis (BOND Kontroldrde)

3.1 Sistem Mimarisi

Kullanicilar BOND yazilimi ile iki “istemci” - aslinda iki ayri program yoluyla - etkilesimde bulunur. Bunlar klinik istemci
(veya sadece “istemci”) ve uygulama istemcisidir. Klinik istemci giinliik galismalar igindir - reaktifler, protokoller ve
vakalar ve lamlari calismaya hazirlik igin kurmak ve sonra islem modiltinde ¢aligmalari izlemek ve kontrol etmek.
Uygulama istemcisi baslangi¢ kurulumundan sonra nadiren degisen ileri ayarlari konfigiire etmek igindir. Bunlar
arasinda lam etiketi konfigiirasyonlari, donanim baglantilari ve kullanici hesaplari vardir (bakiniz 10 Uygulama Istemci
(BOND Kontrolorde)).

e 3.1.1 Tek Oturumlu Konfigiirasyon
e 3.1.2 BOND-ADVANCE

3.1.1  Tek Oturumlu Konfigirasyon

Tek oturumlu kurulumlarda sadece bir “BOND kontroldr” vardir ve bu BOND yazilimiyla (ve bu yolla islem modiillerinin
kontroliyle) kullanicr etkilesimi igin tek noktadir. BOND kontrolorii sistem igin tim yazilim islemesini gergeklestirir ve
vaka ve lam bilgisinin tutuldugu sistem veri tabanini saklar. Burada bir klavye, fare ve monitor vardir ve bir lam etiketi
yazici ve tarayici takilabilir.

Tek oturumlu bir kurulumda bes islem modili siniri vardir. Daha fazla islem moddili gerekiyorsa cihaziniz
BOND-ADVANCE druinune yukseltin.

Sekil 3-1: Tek oturumlu kurulum semasi

1 2 3

w J ] r

— — ‘ —

Aciklama
BOND-MAX iglem Modiilleri
BOND-PRIME Islem Modiilleri

BOND-III islem Modiilleri

El kontrollii barkod tarayici

Lam Etiket Yazicisi
BOND Kontrolor
LIS ba§lantis!

N o o AN -
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3.1.2  BOND-ADVANCE

BONDBesten fazla islem modiilu olan kurulumlari goklu oturum BOND-ADVANCE kurulumlari olarak konfigtire edilir.
BOND kontrolort tim sistemde tim yazilim iglemeyi yapmaya devam eder ancak ¢ogu girdi kontrol ettikleri islem
modiilii galigma hiicrelerine (BOND-ADVANCE yaziliminda “podlar” denir) yakin olan BOND terminallerinden gelir.
Podlar uygulama istemcisinde tanimlanmistir.

Kontrolore bagl bir monitor “BOND Panosu” gosterir ve bu sistemdeki her islem moddlinin gergek zamanli
durumunun bir 6zetini verir (bakiniz 3.5 BOND-ADVANCE Panosu). Pano ayrica istenirse 6zel bir terminale
baglanabilir. Uygulama istemcisi herhangi bir terminalden galigilabilir.

Bazi laboratuvarlarda tim BOND verilerini gercek zamanli olarak giincelleyen ve eger primer kontrolor ariza yaparsa
gegilebilecek ikinci bir kontroldr bulunabilir. ikinci kontroldre nasil gecilecedi konusundaki detaylar igin bakiniz
16.2 Sekonder Kontrolore Gegme.
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Sekil 3-2: BOND-ADVANCE kurulumu semasi - BOND-ADVANCE terminalleri BOND-ADVANCE kontroloru yoluyla
podlardaki islem modillerini kontrol eder.
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ﬁ!y

7 8
Aciklama
1 BOND-ADVANCE terminalleri 6 BOND-ADVANCE ikincil Kontrolor
2 Lam Etiket Yazicilari 7 BOND-MAX islem Modiilleri
3 Barkod Okuyucular 8 BOND-PRIME iglem Modiilleri
4 LIS baglantisi 9 BOND-III islem Modiilleri
5 BOND-ADVANCE Birincil Kontrolor
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3.2 BOND Yazihimini Baslatma ve Kapatma

3.2.1  BOND yazilimini baslatin

BOND yazilimini herhangi bir bagli islem modulini baglatmadan once veya sonra baslatabilirsiniz. Yazilimi baslatmak
icin:
1 Tek oturumlu: Gerekirse, BOND kontroldriinu baslatin ve Windows®'ta “BONDUser” kullanicisi olarak oturum

acin. Sifre igin laboratuvar yoneticisine bakiniz. Sistem yeni oldugunda ilk parolanin yapilandirimadigini
unutmayin.

BOND-ADVANCE: gerekirse, BOND-ADVANCE kontrolorinu baslatin. Pano kismindan otomatik olarak agilmasi
beklenir (aksi halde, Windows masaiistiinde BOND Pano kisa yoluna ift tiklayin. Internet Explorer'i tam ekran
moduna ayarlamak igin <F11> segenegine basin).

Gerek duydugunuz terminali baslatin ve Windows'da “BONDUser" kullanici olarak oturum agin.

2 Klinik istemci veya uygulama istemcisini (veya her ikisini - birlikte galigabilirler) baglatmak igin uygun
masalistu simgesine gift tiklayin.

3 BOND kullanicr adi ve sifrenizi girin.
Klinik istemciyi bir BOND-ADVANCE sisteminde aglyorsaniz baglanilacak podu segebilirsiniz.

‘ BOND-ADVANCE klinik istemcisi secilen son podu hatirlar.

Sifrenizi oturum agma diyalogundan istediginiz zaman degistirebilirsiniz. Sifre degistirme sikligi ve sifre kuvveti
icin laboratuvar islemlerini izleyin. BOND sifrelerin 4-14 karakter olmasini ve en az bir rakam igermesini
gerektirir.

Bir BOND-PRIME kullaniciysaniz iglem modulu PIN'inizi de ayarlayabilir veya degistirebilirsiniz. Asagidaki
3.2.2 BOND-PRIME islem Modiilii PIN'inizi ayarlayin veya degistirin blimiine bakin.

4 Oturum Ag segenegine tiklayin.

Sistem, secildigi Uzere klinik istemci ekranini veya uygulama istemci ekranini gosterir. Baslik gubugu halen
oturum agmis kullanicinin kullanici adini gosterir. Baska bir kullanicidan oturumu devralirsaniz o kullanicinin
oturumunu kapatip kendi kullanici adinizla tekrar oturum agmaniz gerekir. BOND-ADVANCE i¢in baslik cubugu
halen segili podu da gosterir.

kontrolortinde baska uygulamalar galistirmayin. Bu durum BOND Sistemi garantisini gegersiz kilar.

é IKAZ: BOND yazilimi Gnemli donanimlari kontrol ettiginden ve hassas veriler sakladigindan, BOND
BOND kontrolortnu genel amagli hesaplama igin kullanmayin.
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3.2.2  BOND-PRIME Islem Modiili PIN'inizi ayarlayin veya
degistirin

17 Oturum agma iletigim kutusunda Islem modiilii PIN'ini ayarla 6gesine tiklayin.

Sekil 3-3: Klinik istemi ve idare istemcisi igin oturum agma diyaloglari

[ Kullamci Ad Kullame Adh gerekli [ Kullanici Ad ]
Sifre Sifre
Sifre degistir TG Sifre degistir L TG
| islem modiilii PiN'ini ayarla | islem modiilii PiN‘ini ayarla | p ,-r.: . RL I
; ; i ., o ‘ 4 s .‘ ““.“\".‘I\\"
oL et Dt S
1 .,-_'a\‘b?.. Flpl) oo '.
) 6l d A o AT
’q&‘ e \ ‘}Q' Y
ANy (S |

2 BOND kullanicr adi ve sifrenizi girin.

3 4 haneli bir PIN girin, ardindan PIN kodunuzu asagida onaylayin.
Sekil 3-4: islem modiilii PIN'ini Ayarla iletigim kutusu

BIOSYSTEMS

PIN gerekli.

[ PIN'i onaylayin }

4 TAMAM secenegine tiklayin.
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Masaustu Arka Alanlar

Kullanicinin halen oturum agmis oldugu Windows tipi ve halen bagli kontrolor veya terminalin rolu arasinda ayrim
yapabilmek igin farkli Windows masaustu arka alanlari kullanilir.

Tek Oturumlu

Normalde arka alanda “Controller BONDUser”" (Kontrolér BONDUser) gériirsiiniiz ancak bir servis miihendisi galisma
yerindeyse “Controller BONDService” (Kontrolor BONDService) arka alanini gorebilirsiniz. Bakiniz Sekil 3-5.

Sekil 3-5: BOND Tek oturumlu masatstu arka alanlari: “Kontrolor BONDUser” ve “Kontrolor BONDService”

Jeica

BIOSYSTEMS

3 O3

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

Jeica

BIOSYSTEMS

& I

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

BOND-ADVANCE

BOND-ADVANCE masatistu arka alanlarinda bagli kontrolor veya terminal simgesi role gore degisir. Bakiniz Sekil
3-6'deki ornekler.

Sekil 3-6: Terminal, Tek Basina Kontrolor, Primer Kontrolor ve Sekonder Kontrolor simgeleri
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Kullanici tipini temsil eden farkli simgeler goreceksiniz. Bakiniz Sekil 3-7.

Sekil 3-7: BONDUser, BONDService, BONDControl ve BONDDashboard simgeleri

3 & %

)
3.2.3  BOND yazilimini kapatin

Oturumu
Kapat

Klinik istemci veya uygulama istemcisini kapatmak igin iglev cubugundaki Oturum Kapat simgesine tiklayin.
Kullanici degistirmeniz gerekiyorsa bir galisma devam ederken klinik istemciyi kapatabilirsiniz. Herhangi bir alarm
veya uyarl gormeyeceginiz icin, istemci acik olmadan islem moddlini uzun sire ¢alisir durumda birakmayin.

Bir galisma sirasinda BOND kontrolorini asla kapatmayin. BOND sistemini tamamen kapatiyorsaniz islem modullerini
kapatmadan once veya kapattiktan sonra yazilimi kapatabilirsiniz.

3.3  Kullanici Rolleri

BOND'da Ug kullanici rol vardir:

« Kullanict: bu rol reaktif stogunu gtincelleyebilir, vakalar ve lamlar olusturabilir, boyama galigmalarini
baslatabilir ve kontrol edebilir, doktorlar olusturabilir ve diizenleyebilir ve raporlar olusturabilir.

« Slipervizor: protokoller, reaktifler ve paneller olusturabilir ve diizenleyebilir.

» Yonetici: BOND kullanicilarini yonetmek ve sistem capinda ayarlari konfigire etmek igin uygulama istemcisine
erigimi vardir.

Kullanicilarin birden fazla roli olabilir. Stipervizorler otomatik olarak kullanici rollerine sahiptir. Sadece yonetici roli
olan kullanicilar uygulama istemcisini ¢alistirabilir ve sadece operator veya supervizor roli olan kullanicilar klinik
istemciyi galistirabilir.

Kullanicilarin olusturulmasi ve rollerinin ayarlanmasi uygulama istemcisi Kullanicilar ekraninda yapilir (bakiniz
10.1 Kullanicilar).

‘ Mevcut durumda oturumu agik kullanici adi, istemci penceresinin baslik gubugunda gaorintilenir.
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3.4  Klinik Istemci Arayliziine Genel Bakis

Klinik istemci ekraninin tstiinde ve solunda yazilimin tim sayfalari igin ortak ozellikler vardir. Bu bolim bu ozellikleri
ve ayrica yazilimin genel 6zelliklerini tanimlar.

 3.4.11slev Gubugu

e 3.4.2 Islem Modili Sekmeleri
e 3.4.3 Tablolari Siralama

e 3.4.4 Tarih Format

3.4.1  Islev Gubugu

Islev gubugu BOND yazilim ekraninin Gstiinde bulunur ve BOND yaziliminin ana kisimlarina hizli erigim saglar.

Protokol Oturumu
kurulumu Kapat

2 F 9 < a o

Lam kurulumu

Reaktif kurulumu Lam ge¢misi Ara Yardim

Bir ekrana gitmek veya asagidaki tabloda tanimlandidi sekilde belirli bir islev yapmak tzere islev gubugundaki bir
simge Uzerine tiklayin.

Simge Gosterilen ekran Amag
(veya yapilan islev)

ELT | am kurulumu BOND yaziliminda vakalar olusturun ve lamlar dizenleyin.
o3
‘Q Daha fazla bilgi igin bakiniz 6 Lam Kurulumu (BOND Kontroldrde).

Protokol Protokol kurulumu  Protokollerinizi diizenleyin ve yonetin.
kurulumu

(@ Daha fazla bilgi igin bakiniz 7 Protokoller (BOND Kontrolorde).

el Regktif Kurulumu,  Yenireaktifler konfigire edin, reaktif stogunu yonetin ve reaktif panelleri
| Reaktif Stogu ve olusturun (lam olusturmayi hizlandirmak igin kullanilan isaretleyici seti).

Reaktif Panelleri (3 ~ Daha fazla bilgi igin bakiniz 8 Reaktif Yonetimi (BOND Kontrolorde).
sekme)

PURTSTM [ am gegmisi BOND sisteminde calisilmis lamlarin detaylarini gosterin, ayri lamlar, caligmalar
ve vakalarin detaylarini goriin ve ¢ok gesitli raporlar olusturun.

Daha fazla bilgi igin bakiniz 9 Lam Gegmisi (BOND Kontroldrde).

Ara Ara Barkodu tarayarak veya lam kimligi ya da reaktif kimligini manuel olarak girerek
lamlar, reaktif konteynirlari ve reaktif sistemlerini tanimlayin. Arama igeriginin

(lam veya reaktif) sistem tarafindan otomatik olarak tanimlandigi birlestiriimis
bir arama diyalogu kullanilir.

Ek bilgiicin bakiniz 6.5.6 Bir Lami Manuel Olarak Tanimlama veya 8.1.1.3 Reaktif
Tanimlama.
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Gosterilen ekran
(veya yapilan islev)

Yardim Yardim Bu kullanici el kitabini agar.

©)

LTI Oturumu kapat Istemcide oturum kapatin.
Kapat
)
X Yedekleme Veri tabani yiiklemesi basarili sekilde tamamlanmadi.
CS & basarisiz Daha fazla bilgi icin bakiniz 10.5.3 Veri Tabani Yedeklemeleri.
oy LIS bagli degil Bir LIS modiilu takilidir ancak su anda LIS'e bagli degildir.
g;ﬁ Daha fazla bilgi igin bakiniz 11.3 LIS Baglanti ve Calismaya Hazirlama.
;E ] LIS bagl Bir LIS modlu takilidir ve su anda LIS'e baghdir.
Daha fazla bilgi igin bakiniz 11.3 LIS Baglanti ve Calismaya Hazirlama.

o LIS bilgilendirmeleri  Bekleyen LIS bilgilendirmesi sayisl.
QE Ells,
Daha fazla bilgi igin bakiniz 11.4 LIS Bilgilendirmeleri.

Ekranin sol Ustlinde Leica Biosystems logosu bulunur. BOND Hakkinda diyalogunu gostermek igin logoya tiklayin.
Bakiniz 3.9 BOND hakkinda.

Ekranin sag Ustiinde uyari ve durum simgeleri gosterilebilir. Bakiniz 11 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontrolorde) ve
10.4.2 Denetim Gegmisi.
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3.4.2  Islem Modulu Sekmeleri
Bu sekmeler BOND-PRIME islem Modiilleri igin goriinmez. BOND-PRIME islem Modiilii ile ilgili sistem
durumu ve bakim bilgileri igin ayri BOND-PRIME kullanicr el kitabina bakin.

Arayuzin sol tarafindaki sekmeler istemcinin bagli oldugu pod igindeki islem modllerinin her biri igin Sistem durumu,
Protokol durumu ve Bakim ekranlarini agar. Sekmelerin kendileri her islem moddiliintin mevcut durumu hakkinda baz
bilgileri gosterir. (bakiniz 5.1.1 Islem Modiili Sekmeleri).

Sekil 3-8: islem Modiilii Sekmeleri (BOND-MAX)

i 10236 AM |
i 1040 A |
[ 1033 M |

Sistem durumu ekranlari her islem moddiltintn durumunu gosterirken, Protokol durumu ekranlari ¢alisilmakta olan
protokollerin ilerlemesini gosterir. Bakim ekraninda gesitli bakim islemleri igin komutlar vardir.

3.4.3  Tablolari Siralama

BOND yazilimindaki bir ok ekran verileri tablolar iginde gosterir. lgili situndaki verilere gére siralamak igin bu siitun
basligina tiklayin. Baslik yaninda tablonun artan sirayla (0-9 A-Z) siralandigini gostermek tizere yukari dogru bir tiggen
belirir. Azalan sirayla siralamak igin tekrar tiklayin; iggen asagiya bakar.

ki stitunda siralamak igin Gnce siralamak istediginiz birinci siitunu segin ve sonra <Shift> tusunu basili tutup ikinci
sutuna tiklayin. Birinci stitundaki degerler dedismezken ayni birinci stitun degerine sahip ¢ok sayida sira oldugunda
siralar ikinci stitundaki degerlerle siralanir.

Ayrica tabloda sutun genisliklerini degistirebilir ve sttunlar yeni konumlara strukleyebilirsiniz.

Tablo siralamada ve ayrica siitun geniglikleri ve pozisyonlarinda yaptiginiz herhangi bir degisiklik oturum kapatilincaya
kadar tutulur.

3.4.4  Tarih Formati

Tek oturumlu kurulumlar igin yazilim ve raporlardaki tarih ve zamanlar BOND kontrolori isletim sisteminde ayarlanan
formatlarr kullanir. BOND-ADVANCE kurulumlari igin terminallerde ayarlanan formatlar kullanilir. Kisa ve uzun tarih
formatlarinda maksimum uzunluk sirasiyla 12 ve 28 karakter olmalidir.
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3.9

BOND-ADVANCE Panosu

‘ . Bu boliim BOND-PRIME Islern Modiili iin gecerli degildir.

BOND-ADVANCE kurulumlarinda, kumanda veya terminale bagl bir monitorde BOND Panosu goruntulenir. Sistemdeki
tlim islem moddilleri igin gergek zamanli durum ozetini verir.

Sekil 3-9: BOND Panosu

BOND Dashboard
83_10 B3 1
sSA Time Status ssA Time Status ssA Time status ssA Time Status sS4 Time Status
1 00:24:47 Processing 1 00:22:43 Processin 9 1 00:11:36 Completed 1 Aborted 1 - Locked
2 - Locked 2 o428 Processing 2 00:04:01 Completed 2 2 Locked
3 00:28:11 Processing 3 00:16:15 Processing 3 00:18:08 Completed 3 3 -
O 9 £ ? ® A &
5210 AEEETTEE ST
ssA Time Status ssA Time Status ssA Time Status ssA Time Status ssA Time Status
1 1412:43 Processing 1 14:07:38 Processing 1 00:06:47 Processing 1 00:22:38 Processing 1 00:15:48 Processing
2 . 2 141323 Processing 2 00:12:13 Processing 2 o0:15:28 Processing 2 00:19:28 Processing
2 . Locked 3 - Locked ] 00:03:57 Processing 3 0:14:01 Processing 2 00:09:41 Processing
A A < 9 4 9 4 9 &
ssa Time status ssa Time status | ssa Time status ssA Time status ssa Time status
1 00:22:15 Processing 1 00:02:10 Processing 1 00:07:01 Processing 1 o0:07:08 Processing 1 00:36:06 Processing
2 00:15:50 essing 2 00:06:40 2 00:18:11 ing 2 00:03:15 Pr 2 00:32:16 Processing
] 00:14:00 ] 3 00:00:40 3 00:09:51 ing 3 00:08:58 Pr 3 00:28:57 Processing
O O O O O
| Max_10 Max_11
ssa Time Status ssA Time Status ssa Time Status ssA Time Status ssa Time Status
Processing modules: 20 17 Sep 2020 | 00:10:03

Acgiklama

1 Alarmliiglem modiilleri
2 Ikazliislem modiilleri

3 Bildirimli islem modiilleri

4 Bitmis galismalarla islem modulleri

5 Ayriislem modili panolari, lam boyama

unitelerinin durumunu gosteriyor

Ekranin Gst kisminda (soldan saga) alarmlar, uyarilar, bildirimler ve tamamlanmis galismalarin oldugu islem

modiillerini gosteren dort simge bulunmaktadir. Bir kategoride birden fazla islem modiili varsa simgeler bunlar

icinden siraslyla geger.

Ust sira altinda sistemdeki her islem modiili igin isimle alfabetik olarak siralanmis sekilde (uygulama istemcisinde
ayarlanmis) panolar bulunur. Panolar, islem moddillerindeki ti¢ lam boyama dinitesinin her birinin durumunu ve ayrica

bitun olarak modiiller igin gegerli herhangi bir durum gostergelerini gosterir.
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Pano simgeleri

Simge Aciklama

A Islem modiiliinde bir alarm var.
Islem modiiliinde bir ikaz var.

Islem modiili normal galisiyor. Zaman damgasinin beyaz bir arka plani vardir (*****%).

LY

Calisma, islem modiiliindeki en az bir tepside basariyla tamamlandi ve tepsi bosaltmaya hazir.

Zaman damgas! yesil bir arka plana sahiptir ( **"® ).
© Islem modiilinde bir bildirim var.
B Islem modiili baglantisi kesildi.

Uyarilar, bilgilendirmeler veya bitmis ¢alismalari olan islem moddilleri, hem ekranin tstiinde uygun pozisyonda hem de
asagidaki alfabetik listede ayri panolar olarak gosterilir.

3.5.1  Lam Boyama Unitesi Durumu

‘ Bu bélim BOND-PRIME islem Modiilii igin gecerli degildir.

Her lam boyama tinitesinin durumu islem modiilii panolarinda gosterilir. Ug durum kategorisi vardir:
« Kilitli - lam tepsisi kilitlendiginde gosterilir. Zaman gosterilmez.

« Caligiliyor - tepside galisma baslamistir. Zaman siitunu saat, dakika ve saniye olarak kalan galisma siiresini
gaosterir.

« Tamamlandi - ¢alisma tamamlanmistir. Zaman sttunu ¢alisma bittiginden beri siireyi saat, dakika ve saniye
olarak gosterir ve yesil bir arka plani vardir.
Herhangi bir tepsi kilitli degilse sira bostur.

Pano ile etkilesim kuramazsiniz. Pano eder PM ile ilgilenilmesi gerektigini belirten bir mesaj verirse BOND-ADVANCE
terminali yoluyla etkilesime girmeniz gerekir.
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3.6 Bilgilendirmeler, Uyarilar ve Alarmlar

BOND sisteminde Ug ikaz seviyesi vardir: bilgilendirmeler, uyarilar ve alarmlar. Her ikaz, ikaz mesajiyla ilgili maddenin
tzerinde veya yaninda Sistem durumu ekraninda beliren bir simge ile gosterilir. Karsilik gelen bir ikaz ayrica halen
qGriinir ekrana bakilmaksizin, bir isaret saglamak tzere islem modiilii sekmesinde belirebilir (bakiniz 5.1.1 Islem
Modili Sekmeleri). BOND-ADVANCE'da ikazlar pano iizerinde de belirir (bakiniz 3.5 BOND-ADVANCE Panosu).

Bir ikaz simgesine sag tiklayip Uyan mesaji kisminin segilmesi uyari durumunun detaylarini veren bir diyalog agar.

Uc uyari seviyesi ve karsilik gelen simgeleri asagida tanimlanmistir.

Bilgilendirme
Bir calismayi baslatmak veya daha sonra islemenin gecikmesini onlemek icin su anda veya daha

sonra eylem gerektirebilecek bir durum hakkinda bilgi saglar.

Sabit
ikaz
Muhtemelen ¢alismada bir gecikmeyi onlemek igin su anda eylem gereklidir. Galismadaki
gecikmeler boyamayi olumsuz etkileyebilir.

Sabit
Alarm

y % Hizla eylem gereklidir. Cihaz eger lamlarda caligiyorsa duraklamistir ve ikaz durumunu siz
diizeltmedikge tekrar baslayamaz. Calismadaki gecikmeler boyamayi olumsuz etkileyebilir.

Yanip Sonen

ediyorsa). Hizli yanit vermeniz lam boyanmasinin olumsuz etkilenmesini nleyebilir.

Ayrica galismalar sirasinda olusan bilgilendirmelere miimkiin oldugunca hizli tepki gostermek

é IKAZ: Uyari ve alarm mesajlarini daima simgeleri gériir gérmez okuyun (6zellikle bir galisma devam
onerilir.
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3.7 Raporlar

BOND yazilimi bir dizi rapor olusturur. Bunlar yeni bir pencerede bir “BOND Rapor Gorintuleyici” iginde agilir. Rapor
basliklarinda zaman, yer ve raporun ilgili oldugu cihaz gibi genel bilgi saglanir. Rapor sayfasi dipnotlari her raporun
olusturuldugu zaman ve tarihi ve sayfa numaralarini gosterir.

Ozellikle vaka, lam veya reaktif bilgisi icerenler gibi bazi raporlarin olusmasi 6zellikle cok sayida islem modiilii ve/veya
ylksek is hacmine sahip laboratuvarlarda birkac dakika sirebilir.

BOND rapor gorintileyici icinde bir dizi gezinme, gorintileme ve cikti secenegi vardir. Bir yaziclyl segcmek ve
konfiglre etmek veya hangi sayfalarin bastirilacagini segmek igin standart bir yazdirma diyalogunu agmak disinda
raporlari PDF, XLS, CSV ve metin dahil gesitli formatlarda disa aktarabilirsiniz.

Gezinme icin Page Up, Page Down, Home (birinci sayfa) ve End (son sayfa) gibi gesitli klavye kisa yollarini
kullanabilirsiniz. Ayrica klavye kisa yollariyla baska islevler kullanilabilir, orn. Ctrl-F Ara diyalogunu gosterir, Ctrl-S
Kaydet diyalogunu gosterir ve Ctrl-P Yazdir diyalogunu gosterir.

BOND raporlari su kisimlarda belgelendirilmistir:

e 5.3.1 Bakim Raporu

e 6.7 Lam Kurulumu Ozet Raporu

7.5 Protokol Raporlari

» 8.3.4 Stok Detaylari Raporu
 8.3.5 Reaktif Kullanimi Raporu
» 0.4 Calisma Olaylari Raporu

» 9.5 Calisma Detaylar Raporu
e 9.6 Vaka Raporu

e 9.8 Lamlar Ozeti

¢ 9.10 Kisa Lam Gegmisi
 Servis Gunlugu

Ayrica lam bilgisini bir CSV (virgiille ayrilmis degerler) dosya formatinda disa aktarmak miimkiind(ir. Bakiniz
9.9 Verileri Disa Aktar.
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3.7.1  EskiRaporlar

BOND sisteminiz yazilim versiyonu 4,0'dan yukseltildiyse yukseltme oncesindeki lam verileri mevcut veri tabanina
alinmamis olacaktir. Onceki veriler (“eski” veriler denir) halen mevcuttur. Buna erismek igin Baglat > Tiim Programlar >
Leica > BOND Eski Rapor Goriintiileyici kisimlarini secin. Versiyon 4.0 BOND yazilimi acilir. islenmis lamlari Lam
gecmisi ekraninda gorin ve raporlari versiyon 4,0'da olusturdugunuz sekilde olusturun. Versiyon 4,0 ile oldugu gibi
raporlari rapor penceresinden yazdirabilir veya PDF formatinda kaydirabilirsiniz. Bunu yapmak igin Dosya > Yazdir
seceneklerini ve yazici olarak Leica PDF Printer segenegini segin.

BOND Eski Rapor Goruntileyici iginde vaka veya lam olusturmayin. Bunu sadece eski verileri gormek ve raporlar
olusturmak igin kullanin.

3.8 Yardim

Yardim
Hem Klinik hem de idare istemcilerindeki islev gubugundaki Yardim simgesi , agmak istediginiz kullanici
kilavuzunun strimunt segmenize olanak taniyan bir acilir pencere acar.

Kullanici el kitabini secin

«  BOND Kullanici El Kitabi

BOND-PRIME Kullanici El Kitabi

Tamam

Alternatif olarak, masaistu simgesinden Kullanict kilavuzunu seg dgesini agabilirsiniz.
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3.9 BOND hakkinda

Sistem bilgilerini liste halinde veren Leica Biosystems Hakkinda diyalogunu agmak igin ekranin sol tstiindeki BOND
logosuna tiklayin.

Sekil 3-10: BOND hakkinda diyalogu

BOND hakkinda

BOND Yazilimi © 2022 Je&:a

Leica Biosystems Melbourne
BIOSYSTEMS

Yazihim bilgisi

Yazihm versiyonu: 7.0.0.2070

BOND kullamcis:: admin

BOMND kullamici rolleri: Ydnetici

Dil: Tarkce (Tarkiye)
Veritabam versiyonu: DBVER_4.1.0 (70008)
Veri versiyonu: 08.08.473%

Bolge bilgisi: 1 {RestOfWorld)
BOND Language Pack version: 1.30.3.46

TH_Max

Islem Modiilii

Seri numarasi: TH_Max

Tip: BOMD-MAX

PCB: -

BOND Hakkinda diyalogu igindeki bilgilerin cogu temel olarak servis personeli igindir. Ancak laboratuvar personeli
ozellikle musteri hizmetleri ile konusmalar sirasinda baslangigtaki bilgi grubunu faydali bulabilir.

Baslangi¢ grubunda bulunan bilgiler soyledir:
 Yazilim versiyonu: yaziim strimu versiyon numarasi.
» BOND kullanict: mevcut kullanicinin kullanici adi.
» BOND kullanici rolleri: mevcut kullanicinin kullanici rolleri.
* Dil: mevcut dil.
« Veri tabani versiyonu: veri tabaninin versiyonu (veri tabani yapisini verir).
« Veriversiyonu: veri tabanina yuklu verilerin versiyonu.
« Bolge bilgisi: sistemin konfigiire edilmis oldugu diinya bolgesi (kurulum sirasinda ayarlanir).

Diyalogdaki bilgileri bir metin dosyasina kaydedebilirsiniz — Rapor segenegine tiklayin ve dosyayi kaydedecek bir
konum segin.
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Servis Gunlugu

Uygulama istemcisinde BOND Hakkinda diyalogundan servis giinlugi raporlari olusturabilirsiniz. Tipik olarak bu bir
servis temsilcisinin istegiyle yapilir. Bir servis glinligu olugturmak igin:

1 BOND Hakkinda iletisim kutusunda Servis giinliigii segenegine tiklayin (bkz. Sekil 3-10).
2 Asagidakilerden birini segin:
* Delirli bir islem moddilinin seri numarasl,
» BOND sisteminde yazilim veya kontrolor olaylari raporu igin *Sistem* secenegini, veya
* LIS sistemiyle ilgili olaylar igin *LIS* segenegini segin.
3 Raporigin bir zaman donemi secin veya Son yedi giin 0gesine tiklayin.
4 Raporu olusturmak igin Olustur segenegine tiklayin. Rapor, rapor goriintuleyicide belirir — bakiniz 3.7 Raporlar.

5 Servis gunligunu bir CSV dosyasina disa aktarmak igin Verileri Diga Aktar ogesine tiklayin.

3.10 BOND Veri Tanimlari

BOND kontroloriinde tiim sistem igin tiim reaktif ve protokol detaylarini iceren bir veri tabani vardir. Tim Leica
Biosystems reaktifleri ve reaktif sistemleriicin varsayilan protokoller ve detaylar da dahil edilmistir.

3.10.17  Veri Tanimi Guncellemeleri

Leica Biosystems web sitesinde diizenli olarak veri tanimi giincellemeleri sunulur: ornegin, yeni gikan reaktifleri
eklemeye yonelik glincellemeler. Veri tanimlarini giincelleme talimatlari icin bakiniz 10.4 BDD.

Veri tanimlarini giincellediginizde, yalnizca .bdd dosya uzantisina sahip ve dogru bolge igin olan glincelleme
dosyalarini kullanabilirsiniz.

Hakkinda BOND iletisim kutusunda gegerli veri siirimuniizi kontrol edin. Bu diyalogu gormek igin Leica Biosystems
yazilim ekraninin sol Gstiinde BOND logosuna tiklayin. Ayrica bakiniz 3.9 BOND hakkinda.

3.11 Yazilim Guncellemeleri

Leica Biosystems BOND sistemi gelismeye devam ettikge yazilim gtincellemelerini gikarabilir. Bu glincellemeler ana
yazilima veya varsayllan protokoller, reaktifler veya reaktif sistemlerini igeren veri tabanina yonelik olabilir.

Mevcut yazilim versiyonunun versiyon numarasi BOND Hakkinda diyalogunda bulunabilir (bakiniz 3.9 BOND hakkinda).
Veri versiyonu ayrica BOND Hakkinda diyalogunda ayrica gosterilir.
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Bu boltim sizi BOND sistemiyle ilk bireysel calismanin rehberli bir turuna gikarmak tzere tasarlanmistir. Burada bir
ornek vaka olusturup dort lam konfigtre edilir ve ¢aligilir ve BOND kullanima hazir primer antikor *CD5, *CD3, *CD10
ve *Bcl-6. ile test yapilir.

BOND-IIl ve BOND-MAX igin bu antikorlar icin varsayilan protokol ve goriintiileme sistemi *IHK Protokolii F ve BOND
Polymer Refine Detection Sistemidir (DS9800).

BOND-PRIME islem Modiillerinde, varsayilan protokol goriintiileme sistemi *IHK Protokolii F ve BOND-PRIME Polymer
DAB Detection System(DS9824). islem, yardimci reaktif BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096) kullanir.

Tanimlanan islemler ayrica ISH problari ve protokolleri igin gegerlidir (antikor yerine prob ve IHK protokolleri yerine ISH
protokolleri kullanmaniz yeterlidir).

4.7 BOND-III ve BOND-MAX

Baslamadan once bu el kitabinin 2 Donanim ve 3 Yazilima Genel Bakis (BOND Kontroldrde) ilgili bolimlerine agina
olmaniz gerekir.

e 4.1.1 On Kontroller ve Baslatma

4.1.2 Protokol ve Reaktif Kontrolleri

4.1.3 Lamlari Kurma

4.1.4 Reaktifleri Yikleme
4.1.5 Bir Protokolu Calistirma
4.1.6 Bitirme
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4.1.1  On Kontroller ve Baslatma

Bir galismayi baslatmadan once su adimlari izleyin:

1 Islem modiilinin temiz ve tiim bakim iglemlerinin giincel oldugundan emin olun (bakiniz 12.1 Temizlik ve
Bakim Cizelgesi).

Gunlik galisma oncesi islemler sunlardir:

a Kimyasal atik konteynerlerinin yaridan fazla dolu olmadigini kontrol edin; mevcut model olan BOND-MAX
tizerinde yari dolu seviyeye bir rehber olarak konteynir etiketindeki beyaz yatay gizgiyi kullanin (bakiniz
Sekil 12-3).

b Kimyasal reaktif kaplarinin, yeterli hacimde dogru reaktife sahip oldugunu kontrol edin.
Yikama bloklari ve karistirma istasyonunu kontrol edin - gerekirse temizleyin veya degistirin.

Lam etiketleyicide yeterli bir etiket kaynagi bulundugunu kontrol edin.

B~ W

Islem modiilii ve kontroldr (ve terminal, BOND-ADVANCE igin) agik degilse, simdi agin.

o

Kontrolor veya terminal galigirken klinik istemciyi baglatin.

6 Yazilim basladiktan sonra, herhangi bir islem moddlu bilgilendirmesi olmadigindan emin olmak igin Durum
ekranlarini kontrol edin. Herhangi bir lam ¢aligmaya kalkismadan once bunlari duzeltin.

7 Lam etiketleyicinin gliclni agin.

41.2  Protokol ve Reaktif Kontrolleri

Calismada kullanacaginiz protokoller ve reaktiflerin yazilimda kuruldugunu kontrol etmeniz gerekir.

Protokolleri kontrol etmek igin:
Protokol
kurulumu

1 lIslev gubugunda Protokol kurulumu simgesini (sagda gosterilmistir) segin. 0\7

2 Tabloda “*IHC Protocol F* segildigini kontrol edin.
Protokol listede degilse ekranin altinda Tercih edilen durum filtresinde Timi
segenegini secin (bakiniz 7.2 Protokol Kurulum Ekran.)

Tabloda protokolii segin, Ag secenegine tiklayin ve Protokol dzelliklerini diizenle diyalogunda tercih edilen
goriintiileme sistemine dikkat edin; BOND Polymer Refine Detection.

Protokoliin diyalog altinda Tercih Edilen olarak segildiginden emin olun (eger degilse protokoli tercih edilen
haline getirmek igin bir siipervizor kullanici roltyle oturum agmis olmaniz gerekir).

Reaktifleri kontrol etmek igin:

Bu kontrol gerekli antikorlar ve goriintiileme sistemi stogunuz oldugunu ve bunlarin BOND reaktif stogunda Restitntne
kaydedildigini varsayar. Daha fazla bilgi igin bakiniz 8.3.3 Reaktifler ve Reaktif Sistemlerinin Kaydedilmesi. J
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1 Islev gubugunda Reaktif kurulumu simgesini (sagda gosterilmistir) segin.
2 Kurulum sekmesinde Reaktif tipi olarak Primerler, Tedarikgi olarak Leica Microsystems ve Tercih edilen durum
olarak Tiimu kisimlarini ekranin altindaki filtrelerle segin.

3 Gereksinim duyulan antikorlarin her birini bulun (*CD5, *CD3, *CD10, and *Bcl-6) ve Reaktif 6zelliklerini diizenle
diyalogunu agmak igin cift tiklayin:

a Fabrika varsayilan protokollerini tekrar olustur segenegine tiklayin (fabrika varsayilanlarina geri donmek
igin stipervizor kullanici roliiyle oturum agmis olmaniz gerekir). Bu islem varsayilan boyama protokoli
*IHC Protocol F ve varsayilan on iglem protokollerinin ayarlanmasini saglar.

b Reaktifin Tercih Edilen olarak segildiginden emin olun (eder degilse, protokolii tercih edilen haline
getirmek igin bir stipervizér kullanici roliiyle oturum agmis olmaniz gerekir).

c Kaydet segenegine tiklayin.

4 Simdi Stok sekmesine gidin ve Paket tipi olarak Reaktif konteynirlari, Reaktif tipi olarak Primerler, Stok durumu
olarak Stokta, Tedarikgi olarak Leica Microsystems ve Tercih Edilen Durum olarak Tercih Edilen kisimlarini
ekranin altindaki filtrelerde segin.

Gereksinim duyulan tim antikorlar kullanilabilir hacimlerle belirmelidir.
Her antikor igin yeterli hacim bulundugundan emin olun.

5 Ayni sekmede, Paket tipi olarak BOND goriintiileme sistemlerini ve Stok durumu olarak Stokta segenegini
segin. Tercih edilen goruntiileme sistemi, BOND Polymer Refine Detection kisminin tabloda listede
bulundugundan ve yeterli hacim oldugundan emin olun (bakiniz 8.3.1.1 Goriintiileme Sistemleri icin Hacim
Bildirme).

413 Lamlan Kurma

Bu boltim BOND cihazina, lamlari boyamak ve fiziksel olarak lamlari islem modiiliine yerlestirmek igin Lam kurulumu
gerek duydudu detaylari verme islemlerini tanimlamaktadir. %Q

Bu boltimdeki yazilim iglemleri Lam kurulumu ekranindan yapilir. Bu ekrani gostermek igin islev
gubugunda Lam kurulumu simgesine tiklayin.

Asagidaki alt kisimlara bakiniz:

e 4.1.3.1 Vaka Detaylarini Girme

4.1.3.2 Lam Detaylarini Girme
4.1.3.3 Kontroller

4.1.3.4 Lamlari Etiketleme
4.1.3.5 Lamlari Yikleme
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4.1.3.1 Vaka Detaylarini Girme

Once 6rnek hasta igin yazilimda bir “vaka” olusturmalisiniz. Ornegin hastamizin adi A Edward, vaka kimligi 3688 ve

sevk eden doktor Dr. Smith olsun.

1 Lam kurulumu ekraninda Vaka ekle segenegine tiklayin. Yazilim Vaka ekle diyalogunu gosterir.
Sekil 4-1: Vaka ekle diyalogu

Vaka Kimligi:
Hasta adi:
Vaka yorumlari:

Doktor:

Vaka No:

Damlatma hacmi:

Hazirlama protokoli

Vaka ekle

3688
Edward,A

Smith

Doktorlari yonetin

100 pL
V) 150 L

*Dewax

lamam m

2 Vaka Kimligi alanina tiklayin ve “3688" girin.

3 Hasta adi alanina tiklayin ve “Edward, A" girin.

4 Doktorlari yonet diyalounu agmak igin Doktorlar yonet 6gesine tiklayin. Burada, Doktor ekle diyalogunu
acmak igin Ekle 6gesine tiklayin ve Ad alanina "Smith" yazin. Tercih edilen kutusunun isaretli oldugundan emin
olun. Kaydet 0gesine tiklayin. Kaydet segenedine tiklayin.

5 “Smith” 6gesini segin ve Doktorlari yonet diyalogunda Tamam o6gesine tiklayin.

6 Vaka varsayilani olarak 150 uL damlatma hacmi segin. Bu ayar isterseniz lam kurulumu sirasinda dikkate

alinmayabilir.

7 Hazirlama protokolii alaninda vakadaki lamlar igin varsayilan bir hazirlik ayarlamak lizere *Dewax veya *Bake

and Dewax secin. Bu ayar isterseniz lam kurulumu sirasinda dikkate alinmayabilir.

8 Vaka ekle diyalogunu kapatmak icin Tamam segenegine tiklayin - Lam kurulumu ekraninin solundaki tablo yeni

vakayi gosterir.

Vakalarla calisma konusunda daha fazla bilgi icin, bakiniz 6.3 Vakalarla Calisma.
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41.3.2 Lam Detaylarini Girme
Sonraki agsamada yazilimda dort fiziksel lamin her biri igin “lamlar” olustururuz:
1 Yenivaka kimligi 3688'i ekranin solunda vaka listesinde segin.

2 Lam ekle diyalogunu gostermek igin Lam ekle segenegine tiklayin.

Sekil 4-2: Lam ekle diyalogu

Lam ekle
Edward, A.
Vaka Kimligi: Doku tipi: Damlatma hacmi:
3688
Doktor: ¥ Test dokusu 100 pL
Smith Negatif doku v 150l
Lam Kimligi:
m g Pogitf doku
Vaka No:
5 Boyama modu:
Vaka yorumlan: Tek B | R [ - |
Olusturuldugu tarih: ok
4092013075356
Sireg v IHK 18H
saretleyici: *CD5 (4C7) B
Protokoller
Boyama *IHC Protocol F [ - ]
Hazirlama *Dewax [ - ]
HIER *HIER 20 min with ER2 [ - ]
Enzim [ - ]
isaretleyici UPI:
Otomatik B
Algilama sistemi UPI:
Otomatik B

ww

Istege bagli olarak bu lam igin spesifik bir yorum girin.
4 Doku tipi olarak Test dokusu secildiginden emin olun.

5 Iglem modiilii ve doku biytikligi igin uygun bir damlatma hacmi segin (bakiniz 6.5.8 Damlatma Hacimleri ve
Lamlar Uzerinde Doku Pozisyonu).

Lamlarin bir BOND-III cihazinda galisilacagini varsaydigimizdan damlatma hacmini 150 pL olarak ayarlayin.
Boyama modu iginde Tek ve Rutin segeneklerini segin.

IHK siirecini belirlemek igin IHK segenegine tiklayin.

O o0 ~I o

isaretleyicilistesinden *CD5 (4C7) segin.

10 Protokoller sekmesinde yazilim otomatik olarak vaka igin ayarli hazirlama protokoltnii ve *CD5 igin varsayilan
boyama ve epitop geri alma protokollerini girer.

11 Tek boyama igin, genellikle iletisim kutusunun sol tarafinda Benzersiz Uriin Tanimlayicilari (UPI'lar) igin
varsayilan Otomatik secenegini varsayilan olarak birakmaniz gerekir. Ancak, belirli bir lam igin belirli bir lot
numaras! segmek istiyorsaniz (6r. lottan lota dogrulama igin), asagidaki alanlardaki agilir listeden segin:

« lsaretleyici UPI — isaretleyici icin reaktif kabinin UPI'si
« Algilama Sistemi UPI — Algilama Sisteminin UPI'si.

Ayni galismada (BOND-MAX ve BOND-III) islenecek lamlar igin UPI'ler ayni olmalidir veya Otomatik segilmelidir.
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12 Lam ekle segenedgine tiklayin.
Lam, Lam kurulumu ekraninin sagindaki lam listesine eklenir. Lam ekle diyalogu agik kalir.

13 9-12 adimlarini {i kez tekrarlayin ve adim 9 iginde isaretleyici olarak *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) ve *Bcl-6
(LN22) segimini yapin.

14 Tum lamlar eklendikten sonra Lam ekle diyalogunu kapatmak igin Kapat segenegine tiklayin.

Lam listesindeki detaylari gozden gegirin.

Sekil 4-3: Lam kurulumu ekraninda konfigiire edilmis dort lam

*CD3

*IHC F *D *— *H2(20)

Bir lam icin detaylari degistirmeniz gerekirse Lam Ozellikleri diyalogunu agmak igin lama gift tiklayin, detaylari
gerektigi sekilde degistirin ve sonra Tamam secgenedgine tiklayin.

Lamlarla galisma konusunda daha fazla bilgi igin, bakiniz 6.5 Lamlarla Galisma.

Panellerin ve bunlari nasil olusturulup kullanilacaginin bir agiklamasi igin bakiniz 8.4 Reaktif Panelleri

@ Siklikla kullandiginiz bir dizi lami hizli bir sekilde eklemek igin paneller segenegini kullanabilirsiniz.
Ekran.

41.3.3 Kontroller

BOND sisteminde daima kontroller kullanin. Hasta dokusuyla ayni lama uygun kontrol dokusu koymanizi kesinlikle
Oneririz. Ayrica kontrol lamlarr igin 0zellikle ayri bir vaka olusturabilirsiniz. Daha detayli agiklama igin bakiniz
6.2 Kontrollerle Caligsmak.
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4.1.3.4 Lamlar Etiketleme
Artik lam etiketlerini yazdirip bunlari lamlara tutturmaya hazirsiniz:

1 Lam kurulumu ekranindan Etiketleri yazdir segenegine tiklayin.
2 Yazdirlacak lam etiketleri'nde, uygun segenegi secin ve ardindan Yazdir'a tiklayin.

Etiketler yazdirilir.

3 Lamin buzlu kisminin (etiketin uygulanacag alanin) kuru oldugundan emin olun ve sonra etiketi lam kimligi
veya barkod lamin ucuyla paralel hizalanmig olarak uygulayin. Etiket lam etiket Usti olarak tutuldugunda dogru

tarafi yukarida olmalidir.
Sekil 4-4: Dogru uygulanmis etiket

ﬁ FEIVEDD
DI2I4%56

CPHETHRE
0&.12.78

v

Daha fazla bilgi igin, bakiniz 6.6 Lam Etiketleme.

41.3.5 Lamlan Yukleme
Lamlari su sekilde yukleyin:

1 Etiketin ucunda numune olacak sekilde lami tutun.

2 Lam tepsisinde bos bir pozisyon tizerinde lamin etiket ucu tepsinin yanindaki girinti tizerinde olacak sekilde
lami yonlendirin (bakiniz Sekil 4-5). Lami tepsideki girintili pozisyona oturacak sekilde yerlestirin.

Sekil 4-5: Lam tepsisine bir lam yerlestirme
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3 Bir Covertile'i bag kismindan tutun ve lam Uzerine Covertile boynundaki anahtari lam tepsisindeki girintiye
(Sekil 4-6'da daire igine alinmistir) oturtarak yerlestirecek sekilde tutun. Yeni tasarimli Covertile'lar ile Covertile
Uzerine basili “Leica” kelimesi dogru sekilde gortlip Covertile'in dogru tarafi yukarida oldugu sekilde
bulundugunu gostermelidir.

Sekil 4-6: Bir lam tzerinde Covertile'in konumlandiriimasi

4 Tum lamlar ve Covertile'lar tepsiye yuklendiginde tepsiyi kaldirin ve ucunu bog bir lam boyama unitesi girisine
koyun. Tepsiyi modile girebildigince kaydirin. Tepsi kolayca igeri kaymali ve yerine geldidinde bir tiklama sesi
durulmalidir.

41.4  Reaktifleri Yukleme

Simdi goriintiileme sistemi (BOND Polymer Refine) ve isaretleyici konteynirlari (*CD5, *CD3, *CD10 ve *Bcl-6 igin)
islem modline yerlestiriimelidir.

é IKAZ: Reaktif konteynirlari tasima sirasinda egilip kapak etrafinda reaktif kalintisi birakabilir. Reaktif
konteynirlarini agarken daima onayli goz korumasi, eldivenler ve koruyucu giysiler giyin.
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Reaktifleri BOND-IIl veya BOND-MAX islem modiiltine yiklemek icin agagidaki yapin:
1 lIsaretleyici konteynerlerini, konteynerlerin arkasindaki oyuklari tepsi boimelerindeki girintilerle hizalayarak
reaktif tepsilerine yerlestirin. Konteynirlar yerlerine tiklayarak oturuncaya kadar bastirin.
Isaretleyici konteynirlari eder isterseniz gériintiileme sistemi tepsilerindeki yedek bolmelere yerlestirilebilir.
Sekil 4-7: Reaktif tepsisindeki reaktif kabi
Oklar, reaktif
konteynerindeki ve

reaktif tepsisindeki
oluklari gosterir.

2 Tumisaretleyici ve gortntileme sistemi konteynirlarini agin. Kapaklari tiklatarak agin ve konteynirlarin
arkasindaki ¢ikintilara klipsleninceye kadar geriye dogru agin.

3 Ust barkod etiketlerinin konteynerlere sikica tutundugundan emin olun - kalkmakta olan herhangi bir etikete
bastirin.

4 Ust barkod etiketindeki nem/yogunlasmayi silin.

5 Reaktif tepsilerini islem moddiltnin reaktif platformuna yerlestirin. Tepsileri platforma dogru sekilde
yonlendirmek icin platformdaki kilavuzlari kullanin.

Tepsi platformun ucuna eristiginde kilide gegmesi gerekir. Tepsi LED' yesile donerek tepsinin konumunda
olduguna isaret eder.

Sekil 4-8: Reaktif tepsisini yerlestirmek

Aciklama

1 Tepsinin kilitleme mekanizmasi

2 Iglem modulunun kilitleme portuna
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6 Yazilimda, Sistem durumu ekranini gostermek igin islem modiliinin sekmesini segin.

Reaktif siitunu tepsinin goriintiilenmek lzere olduguna isaret etmek tizere koyu renk kenarla daha acik renkli
olarak gosterilir. BOND sistemi reaktiflerdeki kimlikleri ana robot kullanilabilir durumda olur olmaz gortintiler
ve sonra reaktifleri simgeler igin giinceller.

Sekil 4-9: Sistem durumu ekraninda gosterildigi sekilde reaktif tepsisi durumu

I
AL ra
*CO5
£
*CD30
L 2
*cD10 2
o
g
£ 3
K67 g
E
g
5

Reaktiflerle ilgili bir problem varsa yazilim o ekranda bir uyari simgesi gosterir. Daha fazla bilgi almak igin
simgeye sag tiklayin (bakiniz 5.1.3.4 Reaktif Problemlerini Cozme).

Reaktif tepsileri, tepsi LED'i yesilken herhangi bir zamanda gikarilabilir. Bir tepsideki reaktif 2
dakika icinde degistirilecekse LED kirmiziya donerek tepsinin kilittlenmis olduguna isaret eder

(bakiniz 2.2.6.5 Reaktif Platformu).
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4.1.5  Bir Protokolu Calistirma

Lamlar ve reaktifler konfigiire edilmis ve islem moddiliine yliklenmis olarak islemeye baslamaya hazirsiniz.

1 Islem modiili kapaginin kapali oldugundan emin olun.
2 Yuklenmis lam tepsisi altinda on kapakta Yikle/Cikar digmesine basin.

BOND-IIl veya BOND-MAX tepsiyi kilitler ve lam tepsisi LED'inin turuncu parlamasi gerekir.

Lam tepsisi kilitlenirken dinleyin - yiiksek sesli tiklama veya citirdama sesleri varsa
Covertile'larin pozisyon disi olmasi olasidir. Bu durumda tepsinin kilidini agin, gikarin ve lamlar

ve Covertile'lari kontrol edin.

3 Ana robot kullanilir olur olmaz BOND sistemi lamlari gortntler.

Gerekli reaktiflerden herhangi biri yoksa yazilim lam listesinin altinda bir uyari simgesi gosterir. Daha fazla bilgi
igin simgeye tiklayin.

4 Herhangi bir taninmayan veya uyumsuz lam olmamasi sartiyla lamlar artik bir boyama galigsmasi igin hazirdir.
llerleme gubugu baslangig fazinda (bakiniz 5.1.6.2 Calisma Ilerlemesi) ve galisma durumu Lamlar hazir
seklinde olacaktir (bakiniz 5.1.6.7 Calisma Durumu).

Protokolii calistirmaya baslamak icin [lEGHM secenegine tiklayin (veya cihazi daha sonra baslamak iizere
ayarlayabilirsiniz; bakiniz 5.1.8 Gecikmis Baslama).

Sistem caligmayi tamamlar ve ilerleme gubugu ilerleme fazina gegip galisma durumu islem (Tamam) olacaktir.

Tek seferde yalnizca bir galisma baslatmali ve ardindan bir sonraki calismaya baglamadan
once o ¢alisma bagslayana/planlanana kadar beklemelisiniz. Her galismayi baslattiktan sonra
dogru basladigini teyit etmek Uzere kisa bir sire bekleyin. Aksi halde ¢alisma durumu
Reddedildi/Lamlar hazir olarak degisir. Bakiniz 5.1.6.1 Calisma Durumu.

Bir uygulama caligilirken lam boyama Unitesi igin Yikle/Cikar dugmesi lam tepsisini serbest birakmaz.

Galismadan gikmak igin Sistem durumu ekraninda tepsi altindaki [lGHM secenedine tiklayin (bakiniz 5.1.7 Bir
Calismayi Baslatma veya Durdurma).
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4.1.6 Bitirme

Isleme galigmas bittiginde islem modiilii sekmesi simgesi yanip séner (bakiniz 5.1.1 Islem Modiili Sekmeleri).
Calisma sirasinda beklenmeyen olaylar olduysa gortnti metni kirmizidir ve etkilenen lamlarda ve tepsi altinda
bilgilendirme semboli belirir. Bu durumda Sistem durumu ekranini uyari simgeleri agisindan kontrol edin ve uyari
durumu hakkinda bilgi gostermek tzere bunlara sag tiklayin. Ayrica ¢alisma sirasindaki baska problemler hakkinda
varsa diger bilgileri gormek igin Calisma Olaylari Raporunu (bakiniz 9.4 Calisma Olaylari Raporu) incelemelisiniz.

Galisma tamamlandiginda:

1 Reaktif tepsilerini gikarin.

Reaktif konteyniri kapaklarini reaktif buharlasmasini onlemek icin sikica kapatin ve reaktifleri etiket veya reaktif
veri sayfasinda onerildigi sekilde hemen saklayin.

2 Calisma Olaylari raporu olusturun (9.4 Calisma Olaylari Raporu'e bakin).

3 Yukle/Cikar digmesine basin ve lam tepsilerini islem modulinden gikartin.
Yine tepsi ¢ikarilirken ¢itirdama veya tiklama sesleri agisindan dinleyin. Bunlari duyarsaniz
lam boyama Unitesi iginde ve etrafinda yanlis hizalanmis bir lamin ezilmesi gibi beklenmeyen
bir olay durumunda kirik lamlar igin inceleyin; boyle bir durumda musteri hizmetleri ile irtibat
kurun.

4 Lam tepsisini diiz, stabil bir ylizeye yerlestirin. Covertile'lari lamin etiketini asagi tutarak ve sonra Covertile
ucunu lamdan kaldirmak tzere Covertile boynu zerinde dikkatle asagiya basing uygulayarak ¢ikarin.

Covertile't lamin yuzeyi tizerinde kaydirmayin ¢iinkli dokuya zarar verip lam okumayi
zorlastirabilirsiniz.

5 Covertile'lari lamlardan kaldirin ve 12.3 Covertile'ler iginde tanimlandidi sekilde temizleyin.

6 Lamlari gikarin ve laboratuvar sireclerinize bunlari calismak icin sonraki adimla devam edin.

Herhangi bir lami tekrar calistirmayi secebilirsiniz (bakiniz 9.3 Lam Ozellikleri ve Lamin Tekrar Galisiimast).

Bu islem BOND sistemindeki ilk galismanizi tamamlar.
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4.2  BOND-PRIME

‘ Tum ayrintilar icin ayri BOND-PRIME kullanici el kitabina bakin.

4.2.1  On Kontroller ve Baslatma

1 Kontrolori (ve BOND-ADVANCE igin terminal) ve BOND klinik istemini agin.
2 Lam etiketleyicide etiketler ve yazdirma seridi bulundugunu ve agik oldugunu kontrol edin.
3 BOND-PRIME islem Modiiliini baglatin ve oturum agin.

4 Eylem gerektigini gosteren tim Eylem Sirasi gorevlerini "Hemen" veya "Simdi” ile tamamlayin.

422  Protokol ve Reaktif Kontrolleri

*HK Protokolii F ve BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824) kullanin. islem, yardimci reaktif BOND-
PRIME Hematoxylin (AR0096) kullanir. Aksi takdirde 4.7.2 Protokol ve Reaktif Kontrolleri bélimiinde agiklanan
adimlarr izleyin.

473  Lamlar Kurma

4.1.3 Lamlari Kurma iginde agiklanan adimlari izleyin (lamlarin etiketlenmesine kadar ve lamlarin etiketlenmesi dahil).

4.2.4  BOND-PRIME Islem modiiliinde:

1 Reaktif tepsisini ve Tespit Sistemi tepsisini yikleyin.
2 Lamlari On Yiikleme gekmecesine yiikleyin.
3 Ardindan lamlar taranir, cekmeceden tasinir ve otomatik olarak islenir.

4 Boyama iglemi tamamlandiginda, lamlar, siz onlari ¢ikarincaya kadar nemlendirilecekleri Bogaltma
gekmecesine aktarilir.
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BOND-IIl ve BOND-MAX Durum
Ekranlari ( Kontrolor BOND'de)

Kontrolor BOND'deki Durum ekranlari BOND-PRIME icin kullaniimaz. BOND-PRIME durumu hakkinda
bilgi icin ayr BOND-PRIME kullanici el kitabina bakin.

Klinik istemcide her iglem moddltuntn sol taraftaki sekmelerden bir islem moddlu segildiginde, pencerenin sol
ustuindeki sekmelerden segilen iki durum ekrani vardir. Sistem durumu ekrani bir modiilde lam ve reaktif yerlestirmeyi
gosteren bir gortintiden sistem kontroli sunar. Protokol durumu ekrani ayri lamlar igin protokol ilerlemesi hakkinda
bilgi verir. Bakim ekraninda gesitli bakim iglemleri i¢in komutlar vardir.

e 5.1 Sistem Durumu Ekrani
e 5.2 Protokol Durumu Ekrani

o 5.3 Bakim Ekrani
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5 BOND-III ve BOND-MAX Durum Ekranlari ( Kontrolér BOND'de)

5.1  Sistem Durumu Ekrani

Bu ekran yalnizca BOND-III ve BOND-MAX islem Modiilleri igin gecerlidir. BOND-PRIME islem Modiilii
hakkinda durum bilgisi igin ayrt BOND-PRIME kullanici el kitabina bakin.

Bu ekran galismayi kontrol etmenizi miimkiin kilar ve yiiklenen lam tepsileri ve reaktifler hakkinda detaylar verirken
ayni zamanda sistemde reaktifler, atik ve kilitlerin durumunu gosterir.

Sekil 5-1: BOND-III islem Modiilii icin Sistem durumu ekrani
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S 00000217 00000391
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Durum ekranlarinin solundaki islem moduli sekmeleri, ilgili islem modilinin durumunun gorsel bir ozetini sunar.
Islem modiilinin detayli durumunu gérmek icin sekmeye tiklayin.

Daha fazla bilgi icin bakiniz:

e 5.1.11slem Modili Sekmeleri

5.1.2 Donanim Durumu
5.1.3 Reaktif Durumu
5.1.4 Lam Bilgisi

5.1.5 Cihaz igi Lam Tanimlama

5.1.6 Calisma ilerlemesi Gostergesi

5.1.7 Bir Caligmayi Baslatma veya Durdurma

5.1.8 Gecikmis Baslama
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5 BOND-III ve BOND-MAX Durum Ekranlari ( Kontrolér BOND'de)

51.1  Islem Modiili Sekmeleri

Yazilim sistemdeki (tek oturumlu) veya istemcinin bagli oldugu poddaki (BOND-ADVANCE) her islem modiilii
icin ekranin solunda bir sekme gosterir. Tim iglem moddillerini gostermek igin yeterli dikey alan yoksa @
beliren ok diigmelerini kullanarak yukari ve agagi kaydirin (sagda yukari ok gosterilmistir).

Sekil 5-2: islem Modiilii Sekmeleri (BOND-III)

|
le

125 AM

Her sekme islem modultinin adini gosterirken dikdortgen simgeler modiilin lam boyama unitelerinin durumunu
gosterir (asadiya bakiniz). Bir islem modiili icin Sistem durumu ekranini gostermek tizere sekmeye tiklayin.
Secildiginde islem modiili etrafinda mavi bir sinir ve sada bakan bir ok belirir (yukariya bakiniz).

5.1.1.1 Lam Boyama Unitesi Durumlari

Asagida bir islem moddli sekmesinde gorebileceginiz lam tertibati durumlari vardir.

Bir Calisma Oncesinde:

Bos dikdortgen: tepsi yok veya kilitli degil.

Hareketli kimlik numaralari ve ici dolu gubuklar: tepsi gorintilenmekte.

1l

Lamlarla tepsi simgesi: lam etiketleri gorntilenmis ve tepsi ¢alismaya hazir.

Bir Calisma Sirasinda:

Siyah zaman gdstergesi ve solda hareketli noktalar: tepsi calismaktadir ve herhangi bir

beklenmeyen olay bildirilmemistir. Gosterilen zaman tepsi igin tahmin edilen tamamlanma
zamanidir.

©° 1:06 PM| Kirmizi zaman gostergesi ve solda hareketli noktalar: tepsi galismaktadir ve beklenmeyen olaylar
bildirilmistir. Gosterilen zaman tepsi igin tahmin edilen tamamlanma zamanidir.

Bir Calisma Sonrasinda:
Siyah yanip s6nen zaman ve solda sabit noktalar: galisma bildirilen zamanda ve herhangi bir
beklenmeyen olay olmadan tamamlanmistir.

Kirmizi yanip sonen zaman ve solda sabit noktalar:calisma bildirilen zamanda bitmistir -
beklenmeyen olaylar olmustur.

i <2 Calismaterkedildi.
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5 BOND-III ve BOND-MAX Durum Ekranlari ( Kontrolér BOND'de)

5.1.1.2 Islem Modli Durumlari
Yazilim sistem durumunu surekli olarak izler ve islem modulu sekmesinde asagidaki simgeleri gosterebilir:

NI/ Islem modiilii bagh degil. ikaz:
T } BOND beklenmeyen bir durum saptamis.

[ ] (vanip Sonen) islem modiilii galismaya ﬂ Alarm (yanip sonen):
[ ] hazirlaniyor. Islem modiiliiniin calismaya devam etmesi

:l icin kullanicr girisimi gerekli.

& Islem modiiliine halen servis islemi @ Islem modiiliinde bir bakim calismasi
uygulaniyor. yapilyor.

5.1.2  Donanim Durumu

Ekranin sag alt kismindaki simgeler, BOND sisteminin bazi kisimlarinda bir sorun olmasi durumunda bir } uyarl

veya A alarmi ya da sistem igin genel bir bilgilendirme varsa bilgi gostergesi gorintiler. Daha fazla bilgi
almak icin simgeye sag tiklayin.

Sistemde genel hata veya bakim gorevi animsaticisi.

U
~

Bir boyama calismasi sirasinda kapak agilirsa veya (sadece BOND-MAX) bidon kapad agilirsa gordilir.
&_‘f Islem modiilini galistirmak igin bunlarin kapanmasi gerekir.

Boyama ¢alismasi devam etmiyorsa bunun yerine bilgi gostergesi belirir.

5

Eksik veya yetersiz reaktif.

Islem modiili galismaya hazirlanmaya baslamistir ve heniiz karistirma istasyonunu taramaya
kalkismamistir.

Karistirma istasyonu galismaya baslama sirasinda saptanmamistir. istasyon bulunmayabilir veya
olabilir ancak barkod taninmamisg olabilir.

4 2

Gerekirse cihaza temiz bir karistirma istasyonu yerlestirin. Simgeye sag tiklayin ve sisteme karistirma
istasyonunun yerinde oldugunu bildirmek tzere komutlari izleyin.
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5 BOND-III ve BOND-MAX Durum Ekranlari ( Kontrolér BOND'de)

w Calismaya hazirlanirken karistirma istasyonu kirlidir (6rn. istasyon islem modiili son kapatildiginda
kirlidir).

Bir temiz karistirma istasyonunun yerinde oldugundan emin olun ve simgeye sag tiklayip dogrulayin.

m@ Karistirma istasyonu temizleme basarisizdir.

Kalan temiz tuplerle devam etmeniz mumkin olabilir. Aksi halde bilgilendirmeyi gidermek igin islem
moddllnu tekrar baglatmaniz gerekecektir.

Bilgilendirme devam ederse bir fluidik problemine isaret edebilir - misteri hizmetleri ile irtibat kurun.

Kullanilabilir temiz karistirma tipu yoktur.

% Islem modiiliiniin bazi tiipleri temizlemesini bekleyin ve sonra normal sekilde devam edin.
Tupler temizlenmezse islem modullnu tekrar baglatmaniz gerekebilir. Bilgilendirme devam ederse bir
fluidik problemine isaret edehilir - musteri hizmetleri ile irtibat kurun.

Gerekirse karistirma istasyonunu manuel olarak temizleyebilirsiniz. Bakiniz 12.7 Yikama Blogu ve
Karistirma Istasyonu.

5.1.2.1 Isitici Hatalari

BOND-III ve BOND-MAX lam isiticilarin her biri bagimsiz olarak izlenir ve bir sicaklik hatasi olusursa arizali olarak
isaretlenir (bakiniz Sekil 5-3). Bir hatali isitict belirtilirse miisteri hizmetleriyle irtibat kurun.

Sekil 5-3: Ayriisiticr hatasi

L

Hatali olarak belirtilen bir pozisyonda isitilmasi gereken bir lami galistirmaya kalkismamalisiniz. Isitici bir galisma
sirasinda ariza yaparsa ilgili pozisyondaki lami olumsuz etkileyebilir. Isitici arizasi bir giivenlik riski olusturursa islem
moddliindeki tim lam 1sitmayi kapatabilir (bakiniz Sekil 5-4).

Sekil 5-4: Her pozisyonda gri 1sitici sembolleri tam bir isinma sonlanmasini isaret eder

= 2
S —
S —

Lam 1sitma kapandiktan sonra isitici kilitlenmesini gidermek igin islem modlini kapatip tekrar agmalisiniz. Orada
caligilan lamlar isitma gerektirmedigi surece hatali isiticilari olan lam pozisyonlarini kullanmaya devam edebilirsiniz.
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5.1.2.2  Sicaklik Gostergesi

Bir lam boyama Unitesi ortam sicakliginin tzerinde oldugunda, Sistem durumu ekraninin altina yakin konumda bir
sicaklik gostergesi belirir.

Ekran altindaki sicaklik gostergesi bir lam boyama tnitesinin ilik veya sicak oldugunu gosterir.

Sekil 5-5: Sicaklik gostergesi — 1lik (sol) ve sicak (sag)

Ayrica Sistem durumu ekranindaki lam tepsilerinin sinirlari da sicaklija isaret etmek Uzere renk degistirir: tepsi ortam
sicakliginda oldugunda mavi, ilik oldugunda turuncu ve sicak oldugunda kirmizi.

Sekil 5-6: Lam tepsilerinin sicaklik gostergesi sinirlar: ilik (sol) ve sicak (sag)

00000410 00000404
o 1o . [} 89°C
*Neg Neg
e

Lam boyama unitesi ve gevreleriyle temas etmekten kacinin. Bunlar gok sicak olabilir ve siddetli yaniklara neden
olabilir. islem durduktan sonra lam boyama tinitesi ve gevresinin sogumast icin 20 dakika bekleyin.

5.1.3  Reaktif Durumu

Sistem durumu ekraninin sag tarafi saptanan reaktiflerin durumunu gosterir. Asagidaki bolimler kullanilan simgeleri
ve ekranda gosterilen bazi reaktif problemlerinin nasil giderilecegini tanimlar.

» 5.1.3.1 Reaktif Sistemleri

5.1.3.2 Reaktif Konteynirlar

5.1.3.3 Reaktif Seviyeleri

5.1.3.4 Reaktif Problemlerini Cozme

5.1.3.5 Goriintiilenmeyen Reaktiflerin Cozimlenmesi

5.1.3.6 Bidon Durumu
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5 BOND-III ve BOND-MAX Durum Ekranlari ( Kontrolér BOND'de)

5.1.3.1

Reaktif Sistemleri

BOND algilama sistemi

Bond Polymer Refine Detection

BOND temizlik sistemi

Bond Aspirating Froba
Cleaning System

5.1.3.2  Reaktif Konteynirlari

‘ Reaktif konteynirlarinin BOND tarafindan belirlenen reaktif adlarindan 6nce bir yildiz (*) isareti vardir.

P BOND kullanima hazir primer antikoru.
e Bu reaktifler igin detaylar siz kaydettiginizde BOND yazilimi tarafindan otomatik olarak girilir. Reaktifin
kisaltilmis adi gosterilmektedir.
T BOND kullanima hazir iSH probu.
T Bu reaktifler icin detaylar siz kaydettiginizde BOND yazilimi tarafindan otomatik olarak girilir. Reaktifin
kisaltilmis adi gosterilmektedir.
| Bir BOND open container veya titrasyon konteynirinda kullanici tarafindan saglanan primer antikor.

- Bu reaktifler igin detaylar kayit yapilmasindan once, Reaktif Kurulumu ekraninda manuel olarak
giriimelidir ve kayit zamaninda lot numarasi ve son kullanma tarihi gerekir. Reaktifin kisaltilmis adi
gosterilmektedir.

===\ Bir BOND open container veya titrasyon konteynirinda kullanici tarafindan saglanan iSH probu.

- Bu reaktifler igin detaylar kayit yapilmasindan once, Reaktif Kurulumu ekraninda manuel olarak
girilmelidir ve kayit zamaninda lot numarasi ve son kullanma tarihi gerekir. Reaktifin kisaltilmis adi
gosterilmektedir.

[m—====| " BOND kullanima hazir yardimcilar.
‘an";mm Bu reaktifler igin detaylar siz kaydettiginizde BOND yazilimi tarafindan otomatik olarak girilir. Reaktifin
kisaltilmis adi gosterilmektedir.
, Bir BOND open container veya titrasyon konteynirinda BOND enzim.
Enzvmed BOND enzimi kullanicilar tarafindan hazirlanmali ve open container'lara konulmalidir ancak reaktif
' kurulum detaylari BOND icinde onceden tanimlanmistir. Kayit yaparken sadece lot numarasi ve son
kullanma tarihi gereklidir.
(=== Bir BOND open container veya titrasyon konteynirinda kullanici tarafindan saglanan yardimci reaktif.
varao Bu reaktifler igin detaylar kayit yapilmasindan once, Reaktif Kurulumu ekraninda manuel olarak
girilmelidir ve kayit zamaninda lot numarasi ve son kullanma tarihi gerekir. Reaktifin kisaltiimis adi
gosterilmektedir.
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Yazilim bu pozisyonda bir reaktif saptamad..

Bir reaktif varsa, bu problemi gidermenin detaylarrigin 5.1.3.5 Gortntulenmeyen Reaktiflerin
Cozumlenmesi bakiniz. Goruntuleyici siklikla kimlikleri uygun sekilde gortnttlemiyorsa kimlik
goriintileyici penceresini temizleyin (bakiniz 12.9 Kimlik Goriintdileyici).

'.
!

BOND bu reaktifte bir problem saptamistir. Daha fazla bilgi igin bilgi semboliine sa§ tiklayin.

o BOND reaktifi tanimamis olabilir. Bu durumda reaktifi tanimak ve stoga eklemek igin el kontrolli

? tarayiciyi kullanin. Kimlik hasarliysa kimligi manuel olarak girin. Daha fazla bilgi i¢in bakiniz
8.3.3 Reaktifler ve Reaktif Sistemlerinin Kaydedilmesi.

@ BOND bu reaktif veya reaktif sistemiyle bir problem saptamistir.

Daha fazla bilgi igin bilgilendirme semboliine sag tiklayin.

5.1.3.3  Reaktif Seviyeleri

Reaktif seviyelerinin simgeleri Sistem durumu ekraninda sadece (¢ hacim seviyesine isaret eder:

Q" Bond Polymer Refine Detection )
Dolu ile yaklasik %20 dolu
arasinda

% Bond Polymer Refine Detection o .
Diistk (%20 kalmig ile
hemen hemen bos arasinda)

p Bond Polvmer Refine Datection

] Bos

Kullanima hazir reaktifler ve open container simgeleri reaktif seviyelerini daha hassas olarak isaret eder.

Sekil 5-7: Sistem durumu ekraninda gosterilen kullanima hazir reaktif seviyeleri ornekleri

AL £ AL
*CD10 *CD10 o110

Daha detayli reaktif veya reaktif sistemi stogu bilgisi gormek igin simgeye sag tiklayin ve agilir mentiden Stok ... segin.
Reaktif stok detaylari ekrani belirir. Bakiniz 8.3.2 Reaktif veya Reaktif Sistemi Detaylari.
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5.1.3.4 Reaktif Problemlerini Cozme

BOND yazilimiisleme igin gerekli bir reaktifte bir problem saptarsa, ¢calisma baslamadan once yazilim Sistem durumu

sirasinda olursa dikkat simgesi bu bolimde daha dnce tanimlandigi sekilde reaktif donanimi durum simgesi tizerinde
gordllr. Bu problem hakkinda daha fazla bilgi gormek igin dikkat simgesine sag tiklayin.

Reaktifi degistirmeniz veya yliklemeniz gerekirse problemli reaktifi iceren reaktif tepsisini gikarin, gerekli reaktifi
tepsiye ekleyin veya degistirin ve sonra tepsiyi tekrar yikleyin.

Isleme zaten devam ediyorsa ve belirli bir raktaki reaktif 2 dakika iginde gerekecekse o raki galismayi
kesmeden gikaramayacaginiza dikkat edin. Bu durum, ilgili reaktif tepsisi igin gostergenin kirmizi

renkte yanmasiyla gosterilir.

5.1.3.5 Goruntllenmeyen Reaktiflerin Cozimlenmesi
Bir reaktif algilanmazsa veya bir kit yalnizca kismen algilanirsa agagidakileri yapin:

1 Asagidakileri kontrol edin:
 Reaktif konteyniri reaktif tepsisinde uygun sekilde konumlanmistir.
» Reaktif konteyniri kapagi agiktir ve konteynir arkasina klipslenmistir.
 Konteynirin on Gst kisminda hasar gormemis bir reaktif barkod kimligi vardir.
2 Reaktifin stokta kayit edildigini kontrol edin.

* Reaktif kaydedilmemigse, 8.3.3 Reaktifler ve Reaktif Sistemlerinin Kaydedilmesi bolimiinde
tanimlandigr sekilde kaydedin.

3 Bunoktada sunlardan birini yapabilirsiniz:

a reaktif tepsisini gikarin (ve sonra ilgili reaktif igin Benzersiz Paket Tanimlayiciyi (UPI) kaydedin) ve
sistemin reaktif tepsisini tekrar otomatik olarak tanimlamast igin tekrar yerlestirin veya

b Reaktif tepsisini tekrar yerlestirmek etkin bir ¢oziim degilse reaktifi manuel olarak tanimlayabilirsiniz -
Sistem durumu ekranindan konteynir simgesine sag tiklayin ve alt menuden Seg ... segenegine tiklayin.
Yukarida kaydettiginiz reaktif UPI degerini girin ve TAMAM secenegine tiklayin.

Manuel olarak girilmis ya da kismen otomatik olarak tanimlanmis bir reaktifi tanimlamak Gizere gorintu

El
lizerinde bir 2: sembolii belirir. Sembol (ve manuel olarak tanimlanmis reaktif ya da otomatik olarak
tanimlanmus kit) reaktif tepsisi gikarilirsa kaybolacaktir.
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Bir reaktif UPI numarasini manuel olarak girerseniz asagidaki mesaj gortntilenir:

Sekil 5-8: Manuel olarak girilen reaktif igin bilgilendirme

(D

Devam etmek icin "Dogrula” secenedine tiklamadan dnce latfen
reaktif kabi kapagimin acik oldugundan emin olun.

== KAPAGIN ACILMAMASI PROBUN ZARAR GORMESINE
NEDEMN OLABILIR **

o

Manuel olarak girilen UPI numarasi sistem tarafindan tanimlandiktan veya islem modiilii reaktifi otomatik
olarak tanimladiktan sonra asagidaki simge goruntilenir.

Sekil 5-9: Manuel olarak girilen veya otomatik olarak tanimlanan reaktif

Bir kit yalnizca kismen tanimlanmissa ve islem moddll bazi konteynerleri otomatik olarak tanimlamigsa
asagidaki mesaj ve simge goruntlenir.

Sekil 5-10: Otomatik olarak tanimlanan kit bilgilendirmesi

Bilgilendirmeler

ChromoPlex 1 Dual Detection gérintileme sistemi icindeki tom
konteynerler taranmadi. Bunun nedeni kapaklardan bazilaninin kapali
olmasi olabilir.

@ Tiim reaktif kaplan mevcutsa ve kapaklan aciksa devam etmek icin
lutfen "Dogrula” secenedine tiklayin, yoksa "Iptal” secenegdine tiklayin.

** KAPAKLARIN ACILMAMASI PROBUN ZARAR GORMESINE
NEDEN OLABILIR ==

o Lo

Sekil 5-11: Otomatik olarak tanimlanan kit
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5.1.3.6 Bidon Durumu

Sistem durumu ekraninin sag alti kimyasal atik ve reaktif konteynirlari igin simgeler gosterir. Her konteynir etiketlidir
ve renkler kurulu konteynirlarla eslesir. Sistem durumu ekraninda bidon simgelerinin pozisyonu islem modiltinde
karsilik gelen kimyasal bidon kisimlarinin fiziksel pozisyonlarini yansitir.

Her islem moddld tipi igin esas konteynir konfiglirasyonu igin bakiniz 2.2.7 Kimyasal Bidon Kism.

Sekil 5-12: Bidonlar (BOND-III konfigtirasyonu)

El
IEIDEII;II;H;I

“BWash *Alcohol *BlkWasl *BlkWast *HazWast

Sekil 5-13: Bidonlar (BOND-MAX konfigiirasyonu).

En sagdaki simge, harici

D E] [D @ @ [j @ 5 atik kabini temsil eder

"HazWwast "ER1 "ER2 "Dewax "D "B\Wash “Alcohol "BlkWWas!

Asagida yukaridaki bidonun her igeriginin tanimlari vardir.

*Dewax BOND Dewax Solution

*DI Deiyonize Su

*BWash BOND Wash Solution

*Alcohol Alkol (reaktif sinifi)

*BlkWast Kimyasal Atik

*HazWast Tehlikeli Atik

*ER1 BOND Epitope Retrieval Solution 1
*ER2 BOND Epitope Retrieval Solution 2
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5 BOND-III ve BOND-MAX Durum Ekranlari ( Kontrolér BOND'de)

BOND-II

Yaziim BOND-IIl kimyasal reaktifi ve atik konteynirlari sivi seviyelerini gosterir. Reaktif beslemesi diistikse veya atik
seviyeleri yiiksekse, sorunun ciddiyetine bagli olarak sesli bir alarm, yanip sénen sise is1g1 (beyaz veya kirmizi) ve
durum ekraninda bir ikaz simgesi goruntulenir. Uyart mesajini gormek igin simgeye sag tiklayin ve problemi gozmek
icin gerekli herhangi tim eylemleri gerceklestirin - bakiniz 12.2.2 Bidonlar Tekrar Doldurma veya Bosaltma.

‘ Ikaz sembolii belirirse problem ¢oziiliinceye kadar islem duraklatilir.

Sistem durumu ekranindaki bidon durumu, boltimiinde agiklandidi gibi aydinlatma sistemi ile esitlenir
Bidon Aydinlatma Sistemi (BOND-III) (Bolim , sayfa 52).

BOND-III yazilmindaki ekran, kimyasal reaktiflerle kag lam ¢alisilabilecegine dair tahmine dayali olarak sisede
yorumlanan bir seviye gosterir. Asagidaki gorintler, bidonlarin durumlarini belirtmek igin kullanilir:

Kimyasal reaktif kabi hacim simgeleri

Sekil 5-14: Kimyasal reaktif kabi hacim simgeleri

Seviye | Durum |Tedarik | Deparafinizasyon | Alkol | DI | Tampon | HEIR1 | HEIR2 | Etiket Sise
$|$eler|

Hacim aralig

) ) Sise
kaldirildi R
[ — |
Galisan top D 0 KIRMIZI KIRMIZI
alisan toplu i ) - ) ) i
0 isi duraklat 0-150 0-150 150 0-150 0-100 0-100 Y.a.lmp Y.a.mp
] Sonen Sonen
—
Toplu g D _ 150- |150- » Ll
1 baslatlamyor 150 - 500 c00 | 1000 1501000 |100-300 100-300
[ ]
500- [1000-
2 Tamam 500- 750 1000- 1500300 - 500 300-500| BEYAZ BEYAZ
750 | 1500
= 750- {1500 - 500 - 500 -
3 Tamam D 750 - 2500 ve00 | 3gp 1500-3500) o T | BEVAZ | BEYAZ
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5 BOND-III ve BOND-MAX Durum Ekranlari ( Kontrolér BOND'de)

Durum |Tedarik | Deparafinizasyon | Alkol | DI | Tampon | HEIR1 | HEIR2 | Etiket
Siseleri

Hacim aralig Isiklar
— 2500- {3500 1500- 1500
4 Tamam B 2500 - 5000 5000 | 5000 3500-50001 o0 000 BEYAZ BEYAZ

Sunlar olursa belirir:

* reaktif azalmaktadir ve hemen doldurulmasi gerekir
 konteynir eksiktir
* Dir galigma baslatmak icin yetersiz hacim
Bakiniz 12.2.2 Bidonlari Tekrar Doldurma veya Bosaltma.
Bir galisma sunlardan biri oldugu igin duraklatilirsa belirir:

« reaktif azdir ve acilen doldurulmasi gerekir (uyari)
veya

A

« konteynir eksiktir ve islem (alarm) igin gereklidir

Bakiniz 12.2.2 Bidonlari Tekrar Doldurma veya Bosaltma.

Atik konteyneri hacmi simgeleri

Sekil 5-15: Kimyasal atik konteyneri hacim simgeleri

Atik Siseleri | Standart Atikk | Teh. Atik Etiket Sise

GUI Hacim aralig Isiklar

Sise kaldirildi

0 Tamam 0-1100 0-1100 BEYAZ Kapali
BEYAZ
1 Tamam 1100-3000 1100 -3000 BEYAZ (sadece 1
serit)
2 Tamam 3000-3900 3000 -3900 BEYAZ BEYAZ

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06 114

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



5 BOND-III ve BOND-MAX Durum Ekranlari ( Kontrolér BOND'de)

Atik Siseleri | Standart Atikk | Teh. Atik Etiket Sise
GUI Hacim aralig Isiklar
3 Toplu i baglatilamiyor i‘ 3900-4800 3900 -4800
KIRMIZI
s | Calsantopluisicurakiat | IR 4800-5000  4800-5000 |  Yanip Astilzd
. Yanip Sonen
) Sonen

Sunlar olursa belirir:

« atik neredeyse doludur ve hemen bosaltilmasi gerekir
Bakiniz 12.2.2 Bidonlari Tekrar Doldurma veya Bosaltma.
) Bir galisma sunlardan biri oldugu igin duraklatilirsa belirir:

« atik doludur ve acilen bosaltiimasi gerekir (uyari)
veya

A

« konteynir eksiktir ve islem (alarm) igin gereklidir

Bakiniz 12.2.2 Bidonlari Tekrar Doldurma veya Bosaltma.

BOND-MAX

Yazilim bir problem saptadiginda (6rnegin bir reaktif konteynirindaki hacim diisiiktr veya bir atik konteynirindaki
hacim yiiksektir) bir bidon tizerinde bir uyari simgesi (yukaridaki gibi) gosterir. Detaylar igin bilgilendirme simgesine
sag tiklayin.

5.1.4  Lam Bilgisi

Asagidaki kisimlar Sistem durumu ekraninda lam bilgisini temsil etmek igin kullanilan simgeleri tanimlar. Lam agilir
menusundeki segenekler de tanimlanmistir.

e 5.1.4.1 Lam Simgeleri
e 5.1.4.2 Lam Tepsisi Agilir Menusu
e 5.1.4.3 Lam Olay Bilgilendirmeleri

e 5.1.4.4 Uyumsuz Lam Kurulumunun Giderilmesi
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5.1.4.1  Lam Simgeleri

Sistem durumu ekrani her lam igin bir simgeyle ¢ lam tepsisinin her birinin grafik bir temsilini gosterir. Lam simgeleri
her lamin durumunu gosterir.

Sisteminizde 2B barkodlari kullanilir. Her iki durumda lam simgeleri lam etiketlerinin yakalanmis goruntulerinin dahil
edilmesi igin istede bagli olarak konfigire edilebilir. Mevcut ayarlari degistirmek istiyorsaniz musteri hizmetleri ile
irtibat kurun.

Asagidaki tablolarda lam simgelerine ornekler verilmistir.

Barkod Etiketleriigin Lam Simgeleri

g Bu pozisyonda lam yok veya lam gorlintlilenmis ancak sistem taniyamamistir

00000004 Lam gorintllenmis ve otomatik olarak tanimlanmistir
*Neg I'_e'-: TT] (bakiniz 5.1.5.1 Otomatik Lam Tanimlama)
00000007 —— Gorlintulenen ve manuel olarak tanimlanan lam - lamdaki semboli (kirmiziyla

ﬁ’ cevrelenmistir) not edin
e /[ ] S
: (bakiniz 5.1.5.2 Cihaz Igi Manuel Lam Tanimlama)

00000004 A Lam, tepsideki bir veya daha fazla baska lamla uyumsuzdur
*Neg [-:1_,""] (bakiniz 5.1.4.4 Uyumsuz Lam Kurulumunun Giderilmesi)
00000003 N Olay bilgilendirmesiyle lam ¢alisma

*Neg [fz::--] (bakiniz 5.1.4.3 Lam Olay Bilgilendirmeleri)

BOND tarafindan taninmis lamlar icin Lam 6zellikleri diyalogunu agmak tizere lamlara ¢ift tiklayin. Calisma hentiz
calismaya hazirlanmamissa lam detaylarini diyalogda diizenleyebilirsiniz ancak sonra lam igin yeni bir etiket
yazdirmaniz, tepsiyi gcikarmaniz ve yeni etiketi uygulamaniz ve daha sonra tepsiyi tekrar yiiklemeniz gerekecektir.
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5.1.4.2 Lam Tepsisi Acilir Menusu

Lam veya tepsi igin bir dizi segenek gormek tizere Sistem durumu ekraninda lam tepsisi grafikleri iginde lamlara sag
tiklayin.

Komut Aciklama

Manuel secin... Lam otomatik tanimlanmamissa etkinlestirilir.

Sistemde konfigtre edilenle lami tanimlamanizi mimkiin kilacak sekilde Lam
tanimlama diyalogunu agmak igin segin (bakiniz 5.1.5.2 Cihaz I¢i Manuel Lam
Tanimlama).

Bu segenek tanimlanmamis bir lama ¢ift tiklarsaniz da segilebilir.

Uyari mesajl... Lam bir olay bilgilendirmesi gdsteriyorsa hir uyari mesaji goriin (bakiniz 5.1.4.3 Lam
Olay Bilgilendirmeleri).

Calisma olaylari Calisma igin bir Galistirma Olaylari Raporu olusturulur (bakiniz 9.4 Calisma Olaylari
Raporu).
Gecikmeli baglama Calisma igin bir gecikmis baglama ayarlayin (bakiniz 5.1.8 Gecikmis Baslama).

5.1.4.3 Lam Olay Bilgilendirmeleri
Sekil 5-16: Lam ve olay bilgilendirmesi

00000009

*CD10

Isleme sirasinda beklenmeyen bir olay olusursa lam simgesinde bir ikaz sembolii belirir. Bu bilgilendirme boyamanin
herhangi bir sekilde tatminkar olmadigini her zaman gostermeyebilir. Bilgilendirme sembolu belirdiginde sistem
kullanicisi veya laboratuvar stipervizord, lamin diagnostik kullanim igin uygun oldugunu dogrulamak Uzere asagidaki
ekstra adimlari gergeklestirmelidir.

1 Lama sag tiklayin ve Galigma Olaylari Raporunu olusturmak lizere Galisma olaylari segenegini segin (bakiniz
9.4 Calisma Olaylari Raporu).

Bildirime neden olan herhangi bir olay Koyu metinle gosterilir. Sistem kullanicisi veya laboratuvar stipervizori
listedeki duyuru olaylarini dikkatle degerlendirmelidir glinki bunlar lam bilgilendirme olaylarinin yapisi hakkinda
onemli detaylar verir.

2 Boyanmis dokuyu dikkatle inceleyin.

3 Varsa kontrol lamlarini dikkatle inceleyin.

Laboratuvar boyama kalitesini dogrulamiyorsa patologa bilgilendirme gonderilmeli veya test tekrar ¢alistiriimalidir.
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Tek bir Calisma Olaylari Raporu iginde gok sayida bilgilendirme bulunabilir. EGer ¢alisma Yapildi (Olaylar bildirildi)
durumuyla tamamlanirsa tiim raporu mutlaka inceleyin. Durum Yapildi (TAMAM) seklindeyse raporu incelemeye gerek
yoktur.

5.1.4.4 Uyumsuz Lam Kurulumunun Giderilmesi

BOND sistemi uyumsuz bir lam saptarsa tepsideki tim lamlarin sag Ustiine kalin kirmizi yazilmis harfler atar. Ayni
harfe sahip lamlar uyumludur.

Sekil 5-17: Uyumsuz lamlar

000A A
*CD10
00000008 B
*Ki67

Lam tepsisini gikarin ve lamlari uyumlu hale getirmek tizere lam &zelliklerini (bunlarda hata varsa) degistirin veya
uyumsuz lamlari gikarin. Lam ozelliklerini degistirirseniz degismis lamlarin igin etiketleri tekrar yazdirmali ve tepsiyi
tekrar ylklemeden once bunlari tutturmalisiniz.

Lam uyumlulugu hakkinda daha fazla detay icin bakiniz 6.9 Lam Uyumlulugu.

5.1.5  CihazIci Lam Tanimlama

En sik kullanilan is akiginda, BOND veya bir LISten etiketleri bulunan lamlar islem modiiltine yiklenir ve sonra
otomatik olarak tanimlanir. Tanimlama, etiketlerdeki 2B barkodlari okuyarak yapilir. Bir etiket bulaniksa veya baska
nedenlerle okunamaz durumdaysa bunu BOND yaziliminda manuel olarak tanimlayabilirsiniz. Bazi is akislari diizenli
olarak manuel tanimlama kullanir (bakiniz 6.8 Manuel Lam ve Vaka Olusturma).

5.1.5.1 Otomatik Lam Tanimlama

BOND sistemi, BOND etiketleyici (6.6 Lam Etiketleme'de agiklandigi gibi) kullanilarak olusturulan standart BOND 2D
barkod lam etiketlerini ve taninabilir bir barkod formati kullanan LIS baskili lamlari (bkz. 11.3 LIS Baglanti ve
Calismaya Hazirlama) otomatik olarak tanimlayabilir. Bir lam tepsisi kilitlendiginde sistem, her lam etiketini tanimlayip
bir etiket basiimis olan bir lamla eslestirmeye calisir. Etiketi yazdirilmis bir lamla eslestirebildiginde lam otomatik
olarak tanimlanir ve baska eylem gerekmez.

Sistem, lam tanimlama sureci sirasinda her etiketin bir gorintusunu yakalar. Bu goruntuler lam eslestirmenin kalici bir
kaydini saglamak Uzere su raporlarda belirir:

» 9.4 Calisma Olaylari Raporu
» 9.5 Calisma Detaylari Raporu
e 9.6 Vaka Raporu
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Sistem etiketi tanimlayamadiysa lam, manuel lam tanimlama islemini kullanarak (sonraki boliime bakiniz) manuel
olarak tanimlanmalidir.

5.1.5.2  Cihaz i¢i Manuel Lam Tanimlama

Her lam etiketinin bir goriintiisini almak Gzere kurulu sistemlerde lamlar islem moddlinde halen yikliyken otomatik
tanimlama basarisiz olursa manuel olarak tanimlanabilir. Yuklenmis bir lami manuel olarak tanimlamak igin su iglemi
kullanin:

1 Sistem bir lami otomatik olarak tanimlayamadiginda, Sistem Durumu iletisim kutusu etiketin bir gorintisini
gorlntuler.

Sekil 5-18: Lam otomatik olarak tanimlanmadi

2 Lam tanimlama diyalogunu agmak igin asagidakilerden birini yapin:

a Lam gorintusine cift tiklayin veya

b Gorintlye sag tiklayin ve acilir mentiden Manuel seg kismini segin.
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3 Lam tanimlama diyalogu belirir.

Sekil 5-19: Lam tanimlama diyalogu

Lam tanimlama
Vaka listesi Lamlar Lam tepsisi: 2
[ 3
- Ll E
LS0012 - 45216 Joseph Shady, Albert "-‘:L‘vlr‘\!-‘n L Ea |
20130416-ISHRefi Kevin Pannell Benjami i ) 00000218
ne evin Pannel enjamin. .. —

1 LI i |
20130416-HC Arthur Josey Fannie Hurley 00000218
20130402-1HCS Kevin Pannell Adam Smith LG =23 |

00000215
C5104 - 254862 Cegilia H Ann Chove
o d QU o |
CS145-254789 1A Kevin Pannell Olive Yew —
C5150- 254719 Thomas Liz Erd LU |
¢ Cka 00000307 __
CS154 - 255789 Debbie... Ray O'Sun < i@ -

4 RLUCUV S ) | 2
5204 - 255789 45 Suzanne.. Clark Kent m
(CS205 - 255790 Arthur Josey Chirs P. Bacon
C8205 - 255791 Nicholas.. Marsha Mellow _
CS205 - 255792 Nicholas Suzzan Max a
CS211 - 256001 Deanna... Zaone Marshall G
€8101 - 252401 Jacod Glaser Sally Faukner @

Vaka raporu | Yeni vaka | Yenilam

Sol taraftaki pano (madde 1) galisiimamis lamlari bulunan tiim vakalari liste halinde verir. Varsayilan ayarlarla
sadece etiketlerin yazdiriimis oldugu lamlarin bulundugu vakalar gosterilir (bunu etiketlerin yazdinimamis
oldugu lamlarin bulundugu vakalarr dahil etmek tizere degistirebilirsiniz, bakiniz 6.8.2.2 Harici Lam Etiketleri).

Mevcut lam boyama Unitesindeki lam etiketleri sag panoda gosterilir (madde 2).

Diyalog agildiginda segilen lam sagdaki panoda vurgulanir ve yaninda biyiitiilms olarak gosterilir (madde 3).
Gorintyl daha da buyutmek icin sagdaki panoda lam Gzerinde imleci tutun.

Orta pano (madde 4) soldaki panoda segilen vaka igin konfigiire edilmis ve lamlarin heniiz islem modiiliinde
gorintilenen herhangi bir lamla eslesmedigi lamlari gosterir. Yine varsayilan ayarlarla sadece etiketleri
yazdirilmis lamlar belirir ancak bu vaka igin konfigtre edilmis tim lamlari gosterecek sekilde degistirilebilir
(bakiniz 6.8.2.2 Harici Lam Etiketleri).

Bu noktada gerekirse Yeni vaka ve Yeni lam ile yeni vakalar ve yeni lamlar olusturulabilir (talimat igin bkz.
6.8 Manuel Lam ve Vaka Olusturma). Asagidaki talimat tiim gerekli lamlarin BOND iginde zaten konfigiire
edilmis oldugunu varsayar.

4 Lamin ait oldugu vakayi belirlemek igin sagda secilen etiket goriintlistinde gorinur bilgiyi kullanin. Vaka
panosundan o vakay! segin (madde 1).

Lam listesi (madde 4) ilgili vaka igin konfiglire edilmis eslesmemis lamlarla doldurulur.
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5 Simdi tanimlanmamig lami lam listesindeki bir lamla eslestirin (madde 4).
Lami segin ve Yerlestir secenegine tiklayin.
Lam, lam listesinden ¢ikarilir ve sagdaki panodaki gortnti lamin tanimlanmis oldugunu gostermek lzere
guncellenir. Bir sembol EQ:.]‘ lami manuel olarak secilmis seklinde tanimlar.
Varsa sonraki tanimlanmamig lam etiketi artik tanimlama igin vurgulanir.
6 Yukaridaki adimlari tekrarlayarak tim tanimlanmamis lamlari eglestirin.

7 Tepsideki tim lamlar tanimlandiginda diyalogu kapatmak icin Tamam secenegine tiklayin. iptal segenegine
tiklarsaniz yapmis olabileceginiz herhangi bir lam tanimlama kaybedilecektir.

8 Sistem durumu ekrani simdi tepsideki tim lamlari lam detaylariyla gosterir. Manuel olarak tanimlanmis
[P |
lamlarda, lamin manuel olarak segildigini gostermek tizere 19! sembolii ve etiketin bir gorlntusu vardir.

Sekil 5-20: Calisma oncesinde manuel tanimlanmis lam

00000007

(v}

s

*CD10

9 Manuel tanimlanmig lamlar normal olarak galisllir.

Lam eslestirmenin kalici bir kaydini saglamak zere lamin bir gortintlsu su raporlarda belirir.
» 0.4 Calisma Olaylari Raporu
e 9.5 Calisma Detaylari Raporu
e 9.6 Vaka Raporu

Her lam etiketinin bir goriintiisiinii almak izere KURULMAMIS sistemler
Bu lamlar halen manuel olarak tanimlanabilir ancak bu igslem lam tepsinin ¢ikariimasini gerektirebilir.

Otomatik olarak tanimlanmamig lam igin lam kimligi ve lam pozisyon numarasini (Covertile boynu altinda lam
tepsisine yazilidir) kaydedin.

Lam tepsisini tekrar yiikleyin ve karsilik gelen lam pozisyonuna cift tiklayin (Sistem durumu ekraninda lam boyama
tnitesinin st pozisyonundan asagi sayarak).
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51.6  Calisma llerlemesi Gostergesi

llerleme gostergeleri galisma tepsisi grafiklerinin her birinin altinda yer alir. Bunlar galisma durumu ve ilerlemesinin
hizli bir gorsel gostergesini sunar.

e 5.1.6.1 Calisma Durumu
e 5.1.6.2 Calisma ilerlemesi
e 5.1.7.1 Bir Caligmayi Durdurma

e 5.1.8.1 Gecikmig Baglama Zamanini Ayarlama

5.1.6.1  Calisma Durumu

Mevcut galisma numarasi ve durumu her ilerleme gostergesinin altinda gosterilir. Olasi ¢alisma durumlari sunlardir:

Calisma Durumu Aciklama

Kilitsiz Lam tepsisi kilitlenmemistir.

Kilitli Lam tepsisi kilitlidir ancak hentiz baglamak mimkin degildir. Bu durum genellikle lam
goruntileme tamamlanmadan once olusur.

Lamlar hazir Lam boyama unitesindeki tim lamlar gorintilenmistir.

Baglatiliyor Baglat dugmesine basiimistir ve sistem baglama oncesi kontroller ve planlama
yapmaktadir.

Reddedildi/Lamlar hazir BOND calismayi baslatmaya kalkismis ancak basarisiz olmustur. Reddetmenin en olasi
nedenleri eksik reaktifler, disik kimyasal reaktif seviyeleri veya dolu bir atik konteyniridir.
Bir Calisma Olaylari Raporu olusturun, gosterdigi herhangi bir problemi ¢ozin ve calismayi
tekrar baslatin.

Programlandi Calisma planlanmig ancak lamin ¢aligiimasina baslanmamistir. Caligma ilerlemesi
gostergesi planlanan baslama zamanini gosterir.

Islem (Tamam) Galisma gerceklestirilmektedir ve beklenmeyen bir olay olmamistir.
islem (bilgilendirme) Galisma gerceklestirilmektedir ve beklenmeyen olaylar olmustur.
Detaylar i¢in Calisma Olaylari Raporunu kontrol edin.
Terk Ediliyor Calisma terk edilmektedir. Bu durum kullanici durdurma digmesine bastiginda olur.
Yapildi (Tamam) Galisma tamamlanmistir ve beklenmeyen olay olmamistir.
Yapildi (bilgilendirme)  Calisma tamamlanmistir ve beklenmeyen olaylar olmustur.

Detaylar igin Calisma Olaylari Raporunu kontrol edin.
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5.1.6.2  Calisma llerlemesi

Her lam tepsisi grafigi altinda bir ilerleme gubugu, galisma ilerlemesinin gorsel bir goriintiistinii sunar. ilerleme
gubugu kritik zamanlari gosterir, kritik zamanlarla ilgili olarak mevcut ilerlemeyi gosterir ve ¢alisma ilerlemesinin dort
evresini temsil etmek igin su renkleri kullanir:

» Mavi - lam tepsisi kilitlidir, calisma baslamamistir

e Kirmizi - ¢alisma baslamistir ve galisma siresi limiti asiimistir
* Yesil - galisilyor

» Mor - ¢alisma tamamlanmistir ve artik hidrate edilmektedir.

Galigsma durumunu gostermek tizere fare imlecini galisma ilerlemesi kisminda duraklatabilirsiniz: ornegin Sekil 5-21
icinde gosterildigi gibi “Kilitlemeden sonraki siire”, “Tamamlamaya kadarki siire” ve “Tamamlanmadan sonraki stire”.

Sekil 5-21: Calisma durumu ekrani

09:09
_— ]
11:25
Calisma 90: Yapild: (bilgilendirme)

Calisma 90: Yapildi (bilgilendirme)
8l Tamamlanmadan sonraki siire: 06:20

Lamlar Hazir - Basliyor

Lamlar goruntilendikten ve galisma baslamaya hazir olduktan sonra ve ¢alisma digmesine basildiktan veya bir
gecikmis baslama baslatildiktan sonra, kisa bir dénem boyunca gubuk su maddeleri gosterir (madde numaralari igin
bakiniz Sekil 5-22).

Sekil 5-22: Galisma ilerlemesi (basliyor)

1 —>{08:50 [ 4
2 —p ] <4+ 5
3 =  09:50

Calisma 88: Lamlar hazir <« 6

Aciklama
1 Tepsinin kilitlendigi zaman 4 Mevcutilerleme
2 Kabul edilebilir baglama donemi (mavi gubuk) 5 Baslama zamani aslima donemi (kirmizi gubuk)

(bakiniz Kabul Edilebilir Baglama Donemi ve Alarm
(Bolim, sayfa 124))

3 Kabul edilebilir baglama zamani limiti

6 Calisma durumu (bakiniz 5.1.6.1 Calisma Durumu)
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Kabul Edilebilir Baglama Donemi ve Alarm

Islemeye daima lam tepsilerini kilitlenir kilitlenmez baglayin. Lamlar "baslama dénemi” (bir tepsiyi kilitleme ile
islemenin baslamasi arasinda) sirasinda hidrate degildir ve bu nedenle bu dénem deparafinizasyon uygulanmis lamlar
i¢in fazla uzun olursa doku hasar gorebilir. BOND tepsilerin kilitlenmesinden beri siireyi izleyerek ve yiiklenen lam tipi
(parafinli veya deparafinizasyon yapilimis) icin kabul edilebilir maksimum baslama dénemini gdstererek takip etmenizi
saglar. Kabul edilebilir baglama donemleri “Lamlar hazir” ilerleme gubugunda (yukariya bakiniz) beyaz cubuk seklinde
gorsel olarak belirtilir. Deparafinizasyon yapilmis lamlar igin ¢calisma kabul edilebilir baglama doneminden bir stre
gectikten sonra baslamadiysa bir alarm verilir.

Baslama donemleri ve deparafinizasyon yapilmis alarm donemi asagida gosterilmistir. Tum sireler tepsilerin
kilitlenmesinden sonradir:

Kabul Edilebilir Baglama Donemi veya Alarm Tepsinin kilitlenmesinden sonra siire (dk)
Deparafinizasyon yapilmis lamlar kabul edilebilir baslama 15
donemi
Deparafinizasyon yapiimig lamlar alarma kadar siire 25
Parafinli lamlar kabul edilebilir baglama donemi 60

Calisma baslama donemiicinde baslamadiysa, lamlari manuel olarak hidrate etmek Uzere tepsileri ¢ikarabilirsiniz. Bir
tepsiyi tekrar yerlestirdiginizde BOND yeni bir galisma baslatip yeni bir ¢alisma kimligi numarasi atar ve donem
sayimini tekrar baslatir.

Kabul edilebilir galisma zamani limitleri sadece hemen baslayacak ¢aligmalar igin gegerlidir; bunlar geciktirilmis
baslamali galismalar igin gegerli degildir.
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Programland

Bir calisma bagslat dugmesi veya gecikmis baslatma ile baslatildiginda sistemde planlanir. Planlama ile galigmanin
baslamasi arasindaki sure iginde — bu slre gecikmis baslama durumunda uzun olabilir - baslama gubugu su
maddeleri gosterir (madde numaralari igin bakiniz Sekil 5-23).

Sekil 5-23: Calisma ilerlemesi (baslatma, gecikmis baslama)

1 —»/ 08:48 4
-
2 = +a— 5
3 10:36 6
Calisma 85: Programlandi I 7
Agiklama

1 Galismanin baglamasini planlandigi zaman 5 Calisma sonrasi hidrasyon donemi (mor gubuk)
2 Baslama oncesinde gecikme (mavi gubuk) 6 Calismanin bitecedi yaklagik zaman
3 Calisma donemi (yesil gubuk) 7 Calisma durumu (bakiniz 5.1.6.1 Calisma Durumu)

4 Mevcut ilerleme

Calisma Sirasinda

Calisma fazinda gubuk su maddeleri gosterir (madde numaralari igin bakiniz Sekil 5-24).

Sekil 5-24: Calismailerlemesi (galisiliyor)

1 08:53 | 4
-

] - | 5

3 10:40 | 6

Caligma 86: Islem (Tamam) @ 7

Aciklama
1 Planlanan baslama zamani 5 Galisma sonrasi hidrasyon donemi (mor gubuk)
2 Baslama donemi - beyaz: baslama Tamam, 6 Calismanin bitecedi yaklagik zaman
kirmizi: baslama limiti agild 7 Calisma durumu (bakiniz 5.1.6.1 Calisma Durumu)

3 Calisma donemi (yesil gubuk)
4 Mevcut ilerleme
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5.1.7  Bir Calismayi Baslatma veya Durdurma

Bir calismayi lam tepsisini yukleyerek ve kilitleyerek bagslatabilirsiniz. Tepsi goruntulenir ve sistem ¢aligabileceginden
emin olmak zere sunlari kontrol eder:

e TUm lamlar uyumludur.
 Tum reaktifler uyumludur

Lamlar goriintilendiginde calisma durumu Lamlar hazir olarak ayarlanir (bakiniz 5.1.6.7 Calisma Durumu) ve ilerleme
cubugu baslama fazinda belirir (bakiniz 5.1.6.2 Calisma Ilerlemesi). Herhangi bir lam uyumsuzlugu giderildikten, tim
lamlar tanimlandiktan ve tiim gerekli reaktiflerin bulundugundan emin olmak Uzere kontroller yapildiktan sonra
calisma baslayabilir.

* Calismayr mimkin oldugunca kisa sure iginde baglatmak tzere BT segenegine tiklayin. Gecikmis
baglatma icin tepsiye sag tiklayin ve acilir mentiden Gecikmis baslatma segin; 5.1.8 Gecikmis Baslama
bolumundeki ek talimata bakiniz

 Calisma durumu Bagliyor olarak ayarlanir ve ¢aligma oncesi kontrolleri ve planlama tamamlanir.
ilerleme durumu baslama fazinda baslar.
* Planlama tamamlandiginda durum Planlanmig olarak degisir.

ilerleme gubugu artik galisma fazinda belirir. Planlanmis baslama zamani gésterilir ve baslama durumu
gubugun sol tarafinda gosterilir (Tamam veya zaman limiti asilmis).

« Galigma planlanan zamanda basladiginda durum Iglem (Tamam) olarak degisir.

Baslama zamani limiti asiimigsa uyari veya alarm calisma tam basladiginda silinir. ilerleme cubugunun
baslama kismi kirmizi renkte kalmaya devam eder.

« Bagliyor ve Planlanmig durumlarin biraz zaman almasinin ve baslama zamani limitinin asiimasinin
mumkin olabilecegine dikkat edin. Eger bu olaslysa, lam tepsisinin kilidini agip tekrar baslamadan
once lamlari manuel olarak hidrate edebilirsiniz. Bir tepsinin kilidini calismanin baslamasindan once
acarsaniz galisma terk edilmis sayilmaz ve tekrar baslatilabilir.

Tek seferde yalnizca bir galisma baslatmali ve ardindan bir sonraki calismaya baslamadan once o
calisma baslayana/planlanana kadar beklemelisiniz. Her galismayi baslattiktan sonra dogru
basladigini teyit etmek izere kisa bir siire bekleyin. Aksi halde ¢alisma durumu Reddedildi/Lamlar

hazir olarak degisir. Bakiniz 5.1.6.1 Calisma Durumu. Ardindan, ¢alismanin neden baslamadigini
belirlemek igin Calisma Olaylari raporunu olusturmaniz gerekir (bkz. 9.4 Calisma Olaylari Raporu).

5.1.7.1  Bir Galismayi Durdurma

Islemenin fiilen baslamasina kadar baslat diigmesine basiimasi (veya gecikmis baslamanin aktive edilmesi)
sonrasinda - ¢alisma Basliyor veya Planlanmig durumlarindayken - bir galismanin gergeklestiriimesi galigmayi
birakmaya gerek olmadan durdurulabilir. Bir calisma istegini bu anda durdurmak igin islem moddiltinde lam tepsisinin
kilidini agin (baslat ve terk etme diigmeleri bu dénemde devre disi birakilmistir). Lam bilgisi sistemde kalir ve
isterseniz galisma sonra baslatilabilir. Reddedilmis ¢alisma igin Lam gegmisi listesine tek bir satir yazilir.
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Calismaya basladiktan sonra bir calismayi terk etmek igin L= secenegine tiklayin. islem modli meveut adimi
tamamladiktan sonra galismanin devamini keser. Lam gegmisi ekraninda lamlarin durumu Yapildi (Olaylar bildirildi)
olarak degisir.

Bir calismayi terk etmeden once dikkatle diistiniin - terk edilmis calismalar tekrar baslatilamaz ve
islemenin tamamlanmadigi herhangi bir lam olumsuz etkilenebilir.

5.1.8  Gecikmis Baslama

Parafinli lamlari olan galismalar BOND-III ve BOND-MAX sisteminde belirlenmis bir gelecekteki zamanda baslamak
izere planlanabilir (mevcut zamandan bir hafta sonrasina kadar). Ormegin gece baglatilan galismalar sonraki giin
calismaya baslanmasindan kisa bir siire once bitecek sekilde programlanabilir. Lamlar halen parafinli olarak
calisiimaya baslayincaya kadar givenli bir sekilde durur ve ¢alismadan sonraki hidrasyon donem minimuma inmis
olur.

Baz Leica Biosystems disI reaktifler, gecikmis baslamalari beklerken islem moddillerinde uzun
sureler tutulurlarsa bozulabilirler. Reaktif kullanimi ve saklama bilgisi icin Uriin veri sayfalarini kontrol
edin. Her zamanki gibi, Leica Biosystems kontrol dokularin test dokularinin bulundugu lamlara
yerlestirilmesini onerir.

Planlanan bitis saati uygun degilse, SSA'y1 arttirmak ve yeniden azaltmak igin Yiikle / Bosalt
dugmesini kullanin. Lamlar yeniden tarandiktan sonra, gecikmeli baslama zamani artik istenen bitis
zamanini yansitacak sekilde ayarlanabilir.

5.1.8.1  Gecikmis Baslama Zamanini Ayarlama

Bir tepsiyi gecikmis baslamayla baslatmak icin lamlari her zamanki gibi hazirlayin ve lam tepsisini kilitleyin. Calisma
durumu Lamlar hazir oldugunda tepsinin Sistem durumu ekraninda sag tiklamayla agilir meniisiinden Gecikmig
baglama segin.

Tepsinin baslamasini istediginiz tarih ve zamani Gecikmis baglama diyalogunda segin ve Tamam segenegine tiklayin
(bakiniz Tarih ve Zaman Segicileri Kullanma (Bolim , sayfa 216)). Sistem her zamanki gibi Baglama durumuna girer ve
galismayi diger islemlerle koordinasyon halinde planlar. Tepsi sonra Planlanmig durumla normal islemenin
baslayacagi ayarlanmis baslama zamanina kadar bekler.
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5.2  Protokol Durumu Ekrani

‘ Bu bilim BOND-PRIME islem Modiili igin gegerli degildir.

Bu ekran ayri lamlarin durumu hakkinda detayli bilgi gosterir.
Protokol durumu ekranini gostermek igin Sistem durumu ekranina gidip Protokol durumu sekmesine tiklayin.

Sekil 5-25: Protokol durumu ekrani

Sistem durumu | Protokol durumu Bakim

Lam tepsisi 1 Lam tepsisi 2 Galisma88  Lam tepsisi3 Galisma 90

123 alse 7 8o M2 34 5 6 7 s 9 0| @23 4 5 6 78 910

Jeftha Arold
Lam: Lam: 00000217 Lam: 00000391
Vaka Kimligi: Vaka Kimligi: CS3201 - 527903 Vaka Kimligiz
Doku tipi: Doku tipi: Negative Doku tipi: Test
Boyama protokolii: Boyama protokoli: Boyama protokolii: *IHC Protocol F

Detaylan gorintiile Detaylan gorintile

[rom [ oair Lo 1o [l ron | oot Lzanan 1o [l i | oo Lz |0
, |

*Bond Dewax Solution ~ 0:30 2

2 *Bond Dewax Solution  0:00 2

3 *Bond Dewax Solution  0:00 0

4 *Alcohol 0:00 0

5 *Alcohol 0:00 0

6 *Alcohol 0:00 0

7 *Bond Wash Solution 0:00 0

8 *Bond Wash Solution 0:00 0

9 *Bond Wash Solution 0:00 0

10 *Bond ER Solution 2 0:00 0

11 *Bond ER Solution 2 0:00 0

12 "Bond ER Solution2  20:00 100

Bir galismanin bir lam tzerinde nasil ilerledigini gormek igin, ekranin st kismina yakin karsilik gelen lam pozisyonu
dugmesine tiklayin. Bir lam bulunmayan pozisyonlara karsilik gelen secenek digmeleri sonuktir ve bunlari
segemezsiniz.

Hastanin adi mevcut bosluga sigamayacak kadar uzunsa (lam tepsisi 1, 2 ve 3) isim sonda bir “..." ile
kisaltilir. Hastanin tam adini bir agilir alanda gormek istiyorsaniz fare imlecini kisaltilmig isim tizerine

getirin.

Bir lam pozisyonu segtiginizde yazilim bazi lam detaylarini ve protokoldeki ilerlemeyi gosterir. Ek lam detaylarini
gormek icin Lam Ozellikleri diyalogunu agmak Gzere Detaylar secenegine tiklayin.

Secilen lam icin protokol detaylari lam detaylari altinda gosterilir. Mevcut adim gri renkle vurgulanir. Mevcut adim

maviyle vurgulanir. Tamamlanmis adimlarda yesil bir isaret vardir veya beklenmeyen olaylar olduysa bir " simgesi
vardir.

Mevcut adim igin gereken islemlerin tamami gergeklestiriimisse ancak bir sonraki adimin baglamasi igin bekleme

siresi varsa onay isareti veya J gridir. Bir sonraki adim baglayana kadar gri kalir sonrasinda normal rengine doner.
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Galisma olaylarini adim listesine saqg tiklayip acilir menuden Galigma olaylari secerek gorebilirsiniz. Ayrica agilir
meniiden Lam dzellikleri diyalogunu agabhilirsiniz.
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Bakim Ekrani

BOND-PRIME islem Modiili hakkinda bakim bilgileri igin ayri BOND-PRIME kullanici el kitabina bakin.
Asagidaki bilgiler BOND-PRIME islem Modiilii icin gegerli degildir.

Bakim ekranini gostermek igin Sistem durumu ekranina gidip Bakim sekmesine tiklayin.

Sekil 5-26: Bakim ekrani

BONDIII #1 Sistem durumu  Protokol durumu Bakim

islem modiili: BOND-III #1

Bakim ve giivenlik talimatlari icin litfen BOND Kullanici El Kitabina bakiniz.
Asagidaki listeden bir bakim komutu secin.

2 .
,@ Sinngayi degistir

IR Fluidik temizle

BOND-MAX % Aspirasyon probu temizle
#3

; Q . -
10:36 ,« Aspirasyon probunu degistir
10:40
10:33 D) G i
,« Kimyasal sivi robotu problarini temizle

Y . i
,« Kimyasal sivi robotu probunu degistir

Bakim raporu

Bakim ekraninda asagida liste halinde verilen bir dizi bakim iglemi igin komut diigmeleri vardir:

Siringay! degistir Siringa veya siringalari degistirirken islem modultnt kontrol eder.
Bakiniz 12.13 Siringalar.
Fluidik temizle Fluidik sisteminde priming uygular.
Bakiniz Fluidik Temizleme (Bolim, sayfa 296).
Aspirasyon probu temizle Aspirasyon probunu BOND Aspirating Probe Cleaning System ile temizler.

Bakiniz 12.6.1 Aspirasyon Probunu Temizleme.

Aspirasyon probunu degistir Musteri hizmetleriyle ile irtibat kurun.
Kimyasal sivi robotu problarini Kimyasal sivi robotlarini (sadece BOND-III) problarin silinerek
temizle temizlenebilmesi igin pozisyona hareket ettirir.

Bakiniz 12.12.1 Kimyasal Sivi Robot Problarini Temizleme.

Kimyasal sivi robotu problarini Msteri hizmetleriyle ile irtibat kurun.
degistirin
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Bakim raporu Segilen islem moddli igin bir bakim raporu olusturur. Bu komut her zaman
kullanilabilir.

Bakiniz 5.3.1 Bakim Raporu.

Bakim ekrani halen segili islem modiiliiniin adini ve ilgili bakim komut diigmelerini gosterir. Bir dizi diyalog kutusu
sectiginiz bakim islemini yapmanizda size yardimci olacaktir.

Bir bakim islemi kullanilamaz oldugunda, 6rnegin bakim zaten devam ettiginde, komut digmesi devre digi birakilir.
Tiim komut diigmeleri (Bakim raporu haric) islem moddili baglantisi ayrildi§inda devre disidir.

5.3.1  Bakim Raporu

‘ Bu béliim BOND-PRIME Islern Modilli igin gegerli degildir.

Bakim raporu sectiginiz bir zaman donemi igin belirli bir islem moddli hakkinda bilgi gosterir.

1 Klinik istemcide Sistem durumu ekranini gostermek igin islem modultnin sekmesini segin.

2 Bakim sekmesine ve sonra Bakim raporu diigmesine tiklayin.

Sekil 5-27: Bakim raporu diyalog kutusu

Bakim raporu

Islem modiilii seg

Seri No: 3210123 -
isim: BOND-IIl #1
Tip BOND-II

Zaman araligi

su tarihten: 05.04.2016
su tarihe: 05.04.2017

Son on iki ay

o L v

Asagi acilir listeden bir islem modiilu segin ve sonra Baglangig ve Bitig tarihi kontrolortinu kullanarak istediginiz zaman
araligini segin. Veya bu donemin zaman araliini ayarlamak i¢in Son on iki ay 6gesine tiklayabilirsiniz.

Bakim raporunu olusturmak igin Olustur secenegine tiklayin.
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Rapor yeni bir pencerede gosterilir. Raporun sag Ustl asagidaki tablodaki bilgiyi gosterir:

Kurum Uygulama istemcisi Laboratuvar ayarlari ekraninda Kurum alanina girildigi sekilde kurumun adi
- bakiniz 10.5.1 Laboratuvar Ayarlari.

Zaman donemi Raporun kapsadigi donem igin “su tarihten” ve "su tarihe" seklinde tarihler

Islem modiili Uygulama istemcisi Donanim konfigiirasyonu ekraninda isim alanina girildigi sekilde iglem
modiiliiniin benzersiz adi - bakiniz 10.6.1 Islem Modiilleri

Seri numarasil Islem modiiliiniin benzersiz seri numarasi

Raporla ilgili dikkat edilecek hususlar asagida liste halinde verilmistir:

 Bu bakim islemlerinin zamani geldidinde Sistem durumu ekraninda islem modulu simgesi Uzerinde bir uyari
simgesi belirecek (5.1.2 Donanim Durumu bolimiinde belirtildigi gibi) ve bir sag tiklama hatirlatma
bilgilendirmesi igerecektir (ve bu zamanda tahmini tarih yerini "Simdi yapiimali" alacaktir).

« Sonraki bakim eylemlerinin tahmini tarihleri ¢alisilan lam sayisini ve/veya eylemler arasinda onerilen zaman
donemini temel alir.

» Raporun zaman doneminde herhangi bir olay gegmisi yoksa gegmis tablosu yerine bu sekilde bir ifade belirir.

« Bir tarih tablosunda birinci tarih rapor doneminin baglamasi veya islem moddliinin devreye alinmasi tarihidir
(eger bu daha sonra olduysa). ilgili "Son bakimdan / degistirmeden beri lamlar" siitunlarindaki girdiler daima 0
lam gosterir.

» (Gegmis tablosundaki son tarih rapor doneminin sonudur.

» Her lam boyama Unitesi i¢in lam sayimlari ve ayrica her 3 Unite i¢in bir kombine toplam lam sayimi vardir. Lam
sayimlari her basarili bakim eylemi sonrasinda 0 olarak sifirlanir.

« Herlam boyama iinitesinin kimyasal sivi robotu probunda ayri lam sayimlari vardir. (sadece BOND-III).
« Herlam boyama dinitesinin siringast igin ayri lam sayimlari vardir. (sadece BOND-III).

 Ana siringa igin ayri lam sayimi vardir.
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BOND ile ¢aligiimak Uzere lamlari olusturmanin standart is akisinda asagidaki onemli adimlar vardir:

Lamlariniz galisiimaya baslayinca Lam gegmisi ekrani bir dizi lam, vaka ve galisma raporu olusturmanizi mimkin

N W N

a

6
7

Lam Kurulumu (BOND
Kontrolorde)

Lamlarin kesitlerini hazirlama.

BOND yaziliminda lamlar igin bir vaka olusturma (veya vaka bir LIS'ten ice aktarilabilir).
Gerekirse doktor detaylarini ekleme veya dizenleme.

Lamlarin detaylarini girme (veya bunlar LIS'ten ige aktarilabilir).

Laboratuvarin standart uygulamalarina gore kontrol lamlari olusturma.

Lamlari etiketleme (zaten LIS etiketleriyle etiketlenmemisse)

Lamlari lam tepsilerine ytkleme ve lam tepsilerini islem moddiltne yerlestirme.

kilar. Detaylar icin bakiniz 9 Lam Gecmisi (BOND Kontroldrde).

Standart is akisi laboratuvariniza uymuyorsa alternatif is akislari vardir.

Bu bolimde asagidaki kisimlar sunulur:

e 6.1 Lam Kurulumu Ekrani

6.2 Kontrollerle Calismak

6.3 Vakalarla Calisma

6.4 Doktorlari Yonet

6.5 Lamlarla Galisma

6.6 Lam Etiketleme

6.7 Lam Kurulumu Ozet Raporu

6.8 Manuel Lam ve Vaka Olusturma

6.9 Lam Uyumlulugu
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6 Lam Kurulumu (BOND Kontroltrde)

6.1 Lam Kurulumu Ekrani

Lam kurulumu ekrani BOND'a girilmis ancak heniiz ¢alisilmamig vakalar ve lamlari gosterir. LIS entegre sistemlerde
LIS'ten ice aktarilan vakalar ve lamlari gosterir. LIS disl sistemlerde bu ekranda vakalar ve lamlari olusturur ve
gerekirse diizenlersiniz. Lamlar bir vakaya ait olmalidir ve bu nedenle lamlari olusturabilmenizden once bir vaka
olugturmaniz gerekir.

=
Lam kurulumu ekranini gostermek igin islev gubugunda Lam kurulumu simgesine tiklayin.

Sekil 6-1: Lam kurulumu ekrani

Lam kurulumu
I LS0012 - 45216 Shady, Albert Joseph 1 =
20130416-ISHRefine Benjamin Hightower Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Hurley Arthur Josey 10 1.00000198 +
*GFAP
20130402-IHC5 Adam Smith Kevin Pannell 10
IHCF D *— *H2(20)
CS104 - 254862 Ann Chovey Cecilia Hoy 12
CS145 - 254789 1A Olive Yew Kevin Pannell 5
CS150 - 254719 Liz Erd Thomas Matthews 1
CS154 - 255789 Ray O'Sun Debbie Hanrahan 3
CS204 - 255789 4S Clark Kent Suzanne Rhinehart 3
CS205 - 255790 Chirs P. Bacon Arthur Josey 1
CS205 - 255791 Marsha Mellow Nicholas Monahan 10
C8205 - 255792 Suzzan Max Nicholas Monahan 10
CS211 - 256001 Zaone Marshall Deanna Hayman 7
CS101 - 252401 Sally Faukner Jacod Glaser 3
C$102 - 252413 James Donavan Jacod Glaser 1
LS0012 - 45214 Barb, Akew Jenny 1
CS3201 - 527890 Reeve Ewer Jack Browne 1"
CS3201 - 527891 Theresa Brown Jack Browne 14
CS3201 - 527892 Tex Ryta Arthur Josey 1
Pozitif doku kontrolleri: 21 Toplam vaka: 28
Negatif doku kontrolleri: 25 Toplam lam: 143

Sekil 6-1 Lam kurulumu ekranini gosterir. Ekranin solunda vakalarla galisma igin 6zellikler varken ayrica ekranin
saginda lamlarla galismak igin ozellikler vardir.
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6.2  Kontrollerle Calismak

Leica Biosystems BOND sisteminde kontrollerin rutin olarak kullaniimasini onerir. Bazi deneme Urtnlerinin kendi
kontrol lamlari vardir ancak Uriin talimatinda ek cihaz igi kontroller onerilebilir. Kalite kontrol dnerileri hakkinda daha
fazla ayrinti igin liitfen test driinleri igin 6zel Kullanim Talimatlarina (IFU) bakin. Kontrollerin tiim siirecin bir kesiti
olmasi gerektidini unutmayin. Daha detayli agiklama igin bakiniz 14.3 Kalite Kontrol.

BOND sisteminin performansini en yeterli sekilde test etmek igin Leica Biosystems kesinlikle hasta
dokusuyla ayni lama uygun kontrol dokusunun yerlestiriimesini onerir.

Kontrol dokusunun test dokusuyla yerlestiriimesi kesinlikle dnerilse de BOND yazilimi sadece kontrol dokusu olan
lamlara ve reaktif kontrollerine de izin verir. Sadece kontrol dokusu olan lamlarin hasta test ornekleriyle
karistinlmamasi igin iyi isaretlenmis oldugundan emin olun.

6.2.1 Kontrol Dokusu

Her lam BOND yazilimina asagidaki doku tiplerinden birine sahip olarak girilmelidir:

o Test dokusu
» Negatif doku
e Pozitif doku

Bu Lam ekle diyalogunda ayarlanir (bakiniz 6.5.2 Bir Lam Olusturma). Hasta test dokusu olan herhangi bir lam “Test
dokusu” olarak ayarlanmalidir. “Pozitif doku” ve “Negatif doku” kontrol ayarlarini sadece kontrol dokusu olan lamlar
icin kullanin.

Doku tipi Lam ekle diyalogunda yeni lam igin her degistirildiginde Isaretleyici alani otomatik olarak doku igin dogru
isaretleyiciyi segmenizi saglamak lzere silinir.

« on

Negatif veya pozitif doku olan lamlar Lam kurulumu ekraninda sirasiyla bir
ekraninda Tip siitununda her lam igin “Test", “Negatif” veya “Pozitif" gosterilir.

veya “+" ile isaretlenir. Lam gegmigi

Lamlarin kendilerinin kontrol olarak agikga belli olmasi igin, varsayilan lam etiketi sablonlarinda “Doku tipi” kismini bilgi
alanlarindan biri olarak dahil edilir. Bu pozitif doku kontrol etiketlerinde biiyiik bir “(+)" ve negatif doku kontrol
etiketlerinde biyUk bir “(=)" yazar. Test dokusu igin alanda bir sey yazilmaz. Bu alani konfigre ettiginiz diger lam
etiketlerine dahil etmenizi 6neririz (bakiniz 10.3 Etiketler ).

6.2.2  Kontrol Reaktifi

Lamlar lam konfiglrasyonu sirasinda standart antikorlar veya problar yerine isaretleyici olarak uygun reaktifi secerek
kontrol reaktifiyle kurulur.

IHK igin, BOND yaziliminda bir negatif kontrol reaktifi segenegi vardir. Lam ekle iletisim kutusunda IHK segili olarak
isaretleyici asagi acilir listesinden *Negatif secenegini secin. BOND bu adimlar icin BOND Wash Solution saglar.
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ISH icin, BOND yaziliminda RNA ve DNA icin negatif ve pozitif kontrol reaktifleri vardir. Bu reaktiflerin satin alinmasi,
kaydedilmesi ve BOND sistemine yiiklenmesi gerekir. Uygun kontrol probunu isaretleyici listesinden secin.

Kontrol reaktifleri olan lamlar, isaretleyici alani dahil edilmisse ilgili lam etiketi sablonunda ve Lam kurulumu ekraninda
gosterilen isaretleyici adi disinda lam etiketinde 0zel bir sekilde isaretlenmez.

6.3  Vakalarla Calisma

Bu kisim vakalarla ¢alismaniza izin veren Lam kurulumu ekraninin sol kismindaki 6zellikleri tanimlar. Tanimlayici
kisimdan sonraki alt kisimlar vaka detaylarini ekleme, diizenleme ve silme iglemlerini verir.

Asagidaki kisimlar:
» 0.3.1 Vaka Kontrolleri ve Aktif Vaka Bilgisi
» 6.3.2 Vaka Tanimlama
e 6.3.3 Bir Vaka Ekleme
e 6.3.4 Esit Vaka, Geri Getirme ve Son Kullanma Tarihi
e 6.3.5Bir Vakayi Diizenleme
» 6.3.6 Bir Vakayi Kopyalama
e 0.3.7 GUnluk Vaka Segenedi
e 6.3.8 Vaka Raporu

6.3.1  Vaka Kontrolleri ve Aktif Vaka Bilgisi

Yeni bir vaka detaylarini eklemek igin Vaka ekle segenegine tiklayin (bakiniz 6.3.3 Bir Vaka Ekleme).
Yeni bir vaka detaylarini diizenlemek igin Vakayi diizenle segenegine tiklayin (bakiniz 6.3.5 Bir Vakayi Diizenleme).
Mevcut bir vakayi silmek igin Vakayi sil segenegine tiklayin (bakiniz 6.3.5.1 Bir Vakayi Silme).

Bir vakanin ve o vaka igin lamlarin bir kopyasini eklemek igin Vakayi kopyala segenegine tiklayin (bakiniz 6.3.6 Bir
Vakayi Kopyalama).

Diizenle, Sil ve Kopyala komutlarina bir vakaya sag tikladiginizda agilir men iginden de erisilebilir.

Segilen bir vaka igin bir raporu gormek lizere Vaka raporu (vaka listesi altinda) segenegine tiklayin (bakiniz 6.3.8 Vaka
Raporu).

Digmelerin altindaki tablo asagidaki sekilde aktif vaka bilgisini gosterir:

Vaka Kimligi Vaka tanimlamasl. Bu herhangi bir alfantimerik karakter olabilir.

Bu alan hem harf hem de rakam igerebildiginden, tablonun Vaka Kimligi siitunu bashgina
tiklanmasi bu alani metin olarak siralar, dolayisiyla "10" ile baslayan bir tanimlayici "2" ile
baslayan bir tanimlayicidan dnce siralanacaktir.
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Hasta adi Hastanin tanimlamasi.
Doktor adi Hastadan sorumlu doktor veya sevk eden patologun adi.
Lamlar Segilen vaka igin konfigtre edilmis ancak ¢aligilmamig lamlarin sayisi.

Lamlarda galisma basladiktan sonra Lam kurulumu ekranindan Lam gegmisi ekranina
tasinirlar ve bu rakam buna gore guncellenir.

Sol tarafta kirmizi bir ubuk iceren vaka, bir veya daha fazla Gncelikli LIS lami meveuttur (bakiniz 11.2.5 Oncelikli
Lamlar).

Aktif vaka listesi altinda asagidaki sekilde tiim vakalar ve lamlarin bir listesi vardir.

Pozitif doku kontrolleri  Halen girilmis ve galisiimamis tiim vakalar igin toplam pozitif doku kontroli sayisi.
Negatif doku kontrolleri  Halen girilmis ve galisiimamis tim vakalar igin toplam negatif doku kontroli sayisi.
Toplam vaka Toplam aktif vaka sayisl.

Toplam lamlar Halen girilmis ve galisilmamis tim vakalar igin toplam lam sayis!.

6.3.2  Vaka Tanimlama

BOND sistemi iki primer vaka tanimlayici kullanir: vaka kimligi ve vaka numarasi (yazilimda sirasiyla Vaka Kimligi ve
Vaka No.).

« Vaka kimligi: kullanici tarafindan girilen vaka kimligi, laboratuvar tanimlama semasini kullanir. BOND dahilinde
olusturulan vakalar icin, vaka kimligi, vakalar olusturuldugunda, Vaka ekle diyaloguna girilir. LIS-ip sistemleri
icin, vaka kimligi LIS'ten alinir ("erisim numaras!” veya baska bir terimle adlandirilabilir).

« Vaka No.: BOND sisteminin, sistemindeki her vakaya (hem BOND iginde olusturulmus hem de LIS'ten alinmis)
otomatik olarak verdigi benzersiz bir tanimlayici numara. Vaka numarasi Vaka ozellikleri diyalogunda gosterilir.

4.1 oncesindeki BOND versiyonlarinda vaka kimliklerinin benzersiz olmasi gerekliligi yoktu ve bu nedenle ayni vaka
kimligini paylasan iki veya daha fazla ayri vaka olabiliyordu. Ancak vakalarin muhtemelen hasta adlari farkli olacakti ve
vaka numaralari kesinlikle farkli olacakti. BOND versiyon 4.1 ve sonrasinda tim yeni vaka kimlikleri benzersiz
olmalidir.

Vakalar ayrica siklikla hasta adiyla tanimlanir ancak hasta adlari gerekli degildir ve benzersiz olmalari gerekmez.
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6.3.3

Bir Vaka Ekleme

Bir vaka eklemek icin Lam kurulumu ekraninda baslayarak asagidakileri yapin:

1 Lam kurulumu ekraninda Vaka ekle diyalogunu gostermek igin Vaka ekle segenedine tiklayin (bakiniz Sekil 6-2).

Sekil 6-2: Vaka ekle diyalogu

£
Waka ekls
Waka Eimligi: sl
Hasla adi Erward &
Waka varumian
Dinktar Simith ﬂ
Dekterlan yonetin
Vaka ekle sk Ha:
Darkalma hacmi 100 pL
w190 L
Hazirlama prodehoi: *Dherwa; -

Vaka kimligi, Hasta adi, Vaka yorumlari ve Doktor alanlarina uygun sekilde detaylari girin.

‘ Herhangi bir vaka bilgisi olmadan vaka eklemek mimkiindir.

Gereken doktor, Doktor listesinde degilse, Doktorlari yonet diyalogunu agmak igin Doktorlari yénet 6gesine
tiklayarak doktoru listeye ekleyin. (bakiniz 6.4 Doktorlari Yonet).

Bu vaka igin olusturulan lamlar igin zaten konfigure edilmis varsayilan damlatma hacmiyle ayni degilse bir
damlatma hacmi segin.

BOND-IIl ve BOND-PRIME islem Modiillerinde islenen tim lamlar igin 150 L damlatma hacmini segmeniz
gerektigini unutmayin. Ayrica, tim iSH lamlari igin tiim islem modili tiplerinde 150 pL damlatma hacmini
segin.

Lamlarin kullanilabilir alanlari ve damlatma hacimleriyle ilgili bilgi icin bakiniz 6.5.8 Damlatma Hacimleri ve
Lamlar Uzerinde Doku Pozisyonu.

Bu vakada olusturulan lamlar igin varsayilan haline getirmek iizere Hazirlama protokoli listesinden bir
hazirlama segenegi segin (bakiniz Sekil 6-2).

Diyalogdan sisteme detaylari girmeden ¢ikmak icin Iptal segenegine tiklayin.
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7 Vakanin detaylarini girmek icin Tamam segenegine tiklayin.

Vaka, vaka listesine eklenir.
Vaka kimligi sistemde zaten varsa Esit Vaka Kimligi diyalogu agilir (bakiniz 6.3.4 Esit Vaka,
Geri Getirme ve Son Kullanma Tarihi).

6.3.4  Esit Vaka, Geri Getirme ve Son Kullanma Tarihi

4.7 oncesindeki yazilim BOND versiyonlari farkli vakalarinayni vaka kimligine sahip olmasina olanak tanimistir. Bu
vakalar genellikle hasta adi ile ayirt edilebilir ve ayrim daima benzersiz olan vaka numarasiyla yapiimistir. BOND artik
yeni vakalarda ayni vaka kimliklerinin mevcut vakalar olarak kullaniimasina izin vermemektedir - her yeni vakaya
benzersiz bir vaka kimligi verilir ya da vakanin sistemde ayni sekilde tanimlanir.

Zaten sistemde bulunan bir vaka kimligiyle bir vaka girerseniz, Esit Vaka Kimligi diyalogu goriintiilenip ayni vaka
kimligine sahip mevcut vakayi gosterir. Mevcut vakayi kullanmak tzere segin ve Segileni kullan secenegine tiklayin
(ayrica Vakalari Birlestirme (Bolim 6.3.4.1, sayfa 139) bakiniz). Aksi halde diyalogdan iptal ile gikin ve vakayi yeni bir
vaka olarak olusturmak tzere vaka kimligini degistirin.

Esit Vaka Kimligi diyalogundaki vakalar silinmis, son kullanma tarihi gegmis (yani tim lamlarin calisildigi vakalar -
asagya bakiniz) veya halen Lam kurulumu ekraninda listede mevcut vakalar olabilir. Son kullanma tarihi gegmis bir
vaka segilip vaka listesine tekrar konuldugunda bu vakaya “geri getirilmis” denir.

LIS vakalarr igin kopyalanmis vaka kimlikleri hakkinda agiklama igin bakiniz Esit Vaka Kimligi (Bolim , sayfa 229).

6.3.4.1 Vakalar Birlestirme

Bir vaka kimligini eski vaka kimligiyle ayni yapmak lizere diizenlerseniz ve daha sonra Segileni kullan kismini beliren
Esit Vaka kimligi diyalogunda segerseniz, dizenlenen vakadan tim caligilmamis lamlar mevcut vakaya tasinir.

Sadece ¢alisiimamis lamlari olan bir vakayi diizenlemek mimkiinddr; bu nedenle caligiimamis
lamlarin iliskili oldugu bir vakay degistirmek mimkin degildir.

6.3.4.2  Calisiimamis Vaka Omri

Baslamis bir vakada son lam galisilirken, Lam kurulumu ekranindan vaka kaldirilir (varsayilan ayarlarda) ve Lam
Gegmisi ekranindan gortinecektir.

BOND cihazini Lam kurulumu ekraninda, vakadaki son lamlar islendikten sonra belirli bir sayida giinde vakalari tutmak
lizere ayarlayabilirsiniz. Bu "galisiimamis vaka omri" dederini uygulama istemcisi Laboratuvar ekraninda ayarlayin
(bakiniz 10.5.2 Vaka ve Lam Ayarlar).

Son kullanma tarihi gecmis vakalar sistemde saklanir ancak gortlemez. Son kullanma tarihi gegmis vakalar, LIS
yoluyla vakaya bir lam eklenerek veya vaka tekrar eklenerek (geri getirilerek) listede tekrar olusturulabilir.
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‘ Hic calisiimamig lam icermeyen vakalar asla lam kurulumu ekranindan otomatik olarak silinmez.

6.3.5  Bir Vakayi Duzenleme

Bir vakanin detaylarini diizenlemek igin listede segin ve Vakayi diizenle segenegine tiklayin. Yazilim Vaka dzellikleri
diyalogunu gosterir. Bunu daha once tanimlanan Vaka ekle diyalogu ile ayni sekilde kullanabilirsiniz.

Lam etiketlerinin yazdirlmis oldugdu bir vaka igin detaylari dizenlerseniz lamlari galigtirmaya
kalkismadan once etiketleri tekrar yazdirin (ekranda bu sekilde bir mesaj belirecektir).

6.3.5.1  Bir Vakayi Silme
Bir vakayi silmek icin listede segin ve Vakayi sil secenegine tiklayin.
Lam kurulumu ekranindaki bir BOND vakasinda sadece galisiimamig lamlar oldugunda, vakayi

manuel olarak silip "son kullanma tarihi gegti" haline getirebilirsiniz. (Tim LIS vakalarinin son
kullanma tarihi galigilmamig lam icermedikleri anda otomatik olarak geger.)

‘ Herhangi bir ¢alisiimakta olan veya galisilmis lam igeriyorsa bir vakayr manuel olarak silemezsiniz

Bir vakayi silmek ayrica o vaka igin olusturulan tim c¢alisiimamig lamlari da siler.

Silinmis vakalarin detaylarini geri alabilirken lamlarin detaylarini geri alamazsiniz.

6.3.6  Bir Vakayl Kopyalama

Vakalari kopyalamak, hasta igin yeni bir vaka olusturmanin kolay bir yolunu saglar. Yeni vakada isterseniz vaka
detaylarini degistirebilir veya bunlari ayni tutabilirsiniz. Yeni bir vaka numarasi otomatik olarak olugturulur ve yeni bir
vaka kimligi girmeniz gerekir.

‘ Silinmis bir protokole atifta bulunan bir lam igeriyorsa bir vaka kopyalanamaz.

Kopyalanan lamlar, Lam kurulumu ekraninda etiket yazdirma ve isleme igin hazirdir. istenmeyen lamlari bunlara sag
tiklayip Lamu sil secenegini secerek silin.

Bir vakay! kopyalamak igin:
1 Kopyalanacak vakayi Lam kurulumu ekraninin solundaki vaka listesinde segin.

2 Vakay kopyala secenegine tiklayin; yazilim Vakayi kopyala diyalogunu gosterir.
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3 Yeni bir Vaka Kimligi girin ve gerektigi sekilde vakanin detaylarini diizenleyin.

4 Gerektigi sekilde Islenmemis lamlar veya Tiim lamlari segin.

* Islenmemis lamlar - orijinal vakadan sadece islenmemis lamlari kopyalamak icin.

e Tim lamlar - orijinal vakadan tiim lamlari (islenmemis, islenmekte ve islenmis) kopyalamak igin. Sistem
yeni vakadaki tim lamlari islenmemis olarak isaretler.

5 TAMAM secgenegine tiklayin.

Sistem yeni vakayi olusturur ve secilen secenege gore lamlari yorumlariyla birlikte kopyalar. Tim kopyalanan
lamlar (LIS dahil) Lam Ekle diyalogunda olusturulan lamlarla ayni sekilde davranir (bakiniz 6.5.7 Lam Alanlari ve
Kontrollerinin Tanimi).

6.3.7  Gunluk Vaka Secenegi

BOND sistemi 24 saatte bir otomatik olarak yeni bir vaka olusturup, her giin igin lamlarin ayni ve tek bir vakada
olusturulmasini mumkn kilar. Bu iglem, hasta adlari ve vaka kimlikleri girilmediginden dusuk sayida lamlarin
calisildigi laboratuvarlarda zaman tasarrufu saglayabilir. Her giinlik vakada asagidaki ozellikler vardir:

» Vaka kimligi yeni glinin tarihine ayarlanir.

» Damlatma hacmi ve hazirlik protokold, uygulama istemcisinde ayarlanan sistem varsayilanlarini varsayilan
olarak kullanir. Bunlar diizenlenebilir.

* Hasta adi ve Doktor alanlari bos kalir ve degistirilemez.

Gunlik vaka secenegi acikken halen ayri vakalari isterseniz her zamanki sekilde olusturabilirsiniz. Gunlik vaka
secenegini belirleme talimati igin bakiniz 10.5.2 Vaka ve Lam Ayarlari.

6.3.8  Vaka Raporu

Ayri vakalar igin raporlar olusturabilirsiniz. Raporlar temel vaka detaylarini ve vakalardaki lamlar igin tim bilgiyi
gosterir, orn. lam kimlikleri ve Gzerlerinde kullanilan protokoller ve reaktifler. Rapor yazdirilirsa, her lamda bir yorum
yazmak igin alan vardir. Tam tanim igin bakiniz 9.6 Vaka Raporu.

Vaka raporlarini Lam kurulumu ve Lam gegmisi ekranlarindan olusturun. Uygun vaka veya lami segin ve sonra Vaka
raporu diigmesine tiklayin. Vaka raporlari sadece galisiimis ve islem modiiliinde kilidi agilmis lamlar igin reaktif
detaylarini igerir.
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6.4  Doktorlari Yonet

BOND, doktor listesini opsiyonel olarak vaka ayrintilarina girmek igin listeler. Vaka ekle veya Vaka ozellikleri
diyalogunda “tercih edilen” doktorlar listesinden segim yapin veya ayni vaka 0zellik diyaglolarindan acilan Doktorlari
yonet diyalogundan doktorlar ekleyin ya da duzenleyin.

Her doktor icin asagidaki alanlar gosterilir:
e isim: - doktorun adi
o LIS Kimligi: - laboratuvar bilgi sistemi tarafindan saglanan benzersiz bir tanimlayici (gegerli durumda)

« Terc.: - doktorun tercih edilen durumu (vakalar olusturulurken sadece tercih edilen doktorlar asag agilir
listede bulunur). Bu durum Doktoru diizenle diyalogunda ayarlanir.

Bu degerler ayrica Doktoru diizenle diyalogunda gosterilir. Ayrica Doktoru diizenle diyalogunda sunlar vardir:
» Kimlik: - BOND sistemi tarafindan otomatik olarak olusturulup atanan benzersiz bir kimlik
 Yorumlar: - Genel yorum veya ek isim bilgisi i¢in diizenlenebilir alan

Doktorlari yonet diyalogu agik olarak, yeni doktorlar eklemek veya mevcut doktorlarin detaylarini diizenlemek igin Ekle
veya Diizenle secenegine tiklayin. Diizenlemeler yorum alani ve tercih edilme durumunu degistirmeyle sinirlidir - bir
doktor olusturulduktan sonra doktorun adini degistiremezsiniz.

Doktorlari Doktorlari yonet diyalogundan silebilirsiniz. Silinmis bir doktorla olusturulmus vakalar doktorun adini
gostermeye devam eder ancak doktor yeni vakalar igin kullanilamaz. Silinmis bir doktorun adini yeni doktor olarak
tekrar kullanamazsiniz.

6.5 Lamlarla Calisma

Bu bolim Lam kurulumu ekraninda lam olusturma ve yonetme fonksiyonlarini tanimlar. Son kisim damlatma hacmi
ayarini ve lamlara doku yerlestirmeyi nasil etkiledigini tanimlar.

e 6.5.1 Lam Alanlari ve Kontrollerinin Tanimi

6.5.2 Bir Lam Olusturma

6.5.3 Bir Lami Kopyalama
6.5.4 Bir Lami Diizenleme
6.5.5 Bir Lami Silme

6.5.6 Bir Lami Manuel Olarak Tanimlama

6.5.7 Bir Lam Paneli Ekleme

6.5.8 Damlatma Hacimleri ve Lamlar Uzerinde Doku Pozisyonu
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6.9.1

Lam Alanlari ve Kontrollerinin Tanimi

Lam listesinin Ustunde iki dugme vardir:

* Segcilen vaka igin bir lam eklemek tzere Lam ekle secenegine tiklayin.

« Segilen vaka igin bir panel eklemek lizere Panel ekle segenegine tiklayin.

 Daha fazla detayigin 6.5.7 Bir Lam Paneli Ekleme kismina bagvurun.

Ekranin sagindaki lam listesi ekranin solunda segilen vaka igin lamlarin detaylarini gosterir. Her lam, lam kimligini ve o
lamda galisilacak protokollerin ayrintilarini gosterir. Lamlarin sagindaki etiket alanlari agagidaki sekilde nerede
olusturulduklarini gostermek tizere renk kodludur:

1. 00000401
“CO10

"HCF "D "— "HZ20)

[ 2. 00000402
"Coin

IHC F "D "— "M220)

2. 000404
"CDi0

"IHC F "0 "— "H2(20}

Lamlar ayrica su sembollere sahiptir:

3. D0000405
"CDi0

"IHC F "0 "— "H2(20}

(4. 00000406
*COil

HCF "D "— "H2{20)

(1. 00000407
‘CO10

THCF "D *— "HI20)

6. 00000405
‘CO10

THCF "D "— "HIEm

LN
[T B

awLhe
e

Beyaz:
Lam ekle iletisim kutusunda olusturulan lam

(bakiniz 6.5.2 Bir Lam Olusturma)

Sart

Lam tanimlama iletisim kutusunda olusturulan lam
(bakiniz 6.8 Manuel Lam ve Vaka Olugturma)

Acik gri:

LIS lami

(bakiniz 11 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontroldrde))

Eksiigareti:

negatif doku lami (bakiniz 6.5.2 Bir Lam Olusturma bélimiinde adim 4)

Artrisareti:

pozitif doku lami (bakiniz 6.5.2 Bir Lam Olusturma bélimiinde adim 4)

Kirmizi P:

LIS oncelikli lami (bakiniz 11.2.5 Oncelikli Lamlar)

Ornek etiketi:

lam etiketi yazdinlmistir

Ilgili Lam 6zellikleri diyalogunu agmak igin bir lama gift tiklayin. Lami silmek igin sag tiklayin veya lam igin bir etiket

yazdirin.
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6.5.2  BirLam Olusturma

Bond™ Oracle ™ HER2 IHK Sistemi igin lamlar olusturmak lizere iirlinle birlikte verilen Kullanim Talimatlarina (IFU)
bakin.

Yeni bir lam olusturmak igin:
1 Vaka listesinde bir vakaya tiklayin.

2 Lam ekle diyalogunu gostermek icin Lam ekle segenegine tiklayin.

Sekil 6-3: Lam ekle diyalogu

Lam ekle
Edward, A. Lam yorumlar
Vaka Kimlii: Doku tipi: Damlatma hacmi:
3688
Doktor: + Test dokusu 100 pL
Smith Negatif doku v 150 L
Lam Kimligi:
m Rimit Pozitif doku
Vaka No:
53 Boyama modu:
Vaka yorumlan: Tek n Rutin n
Olusturuldugu tarih: Tek
4.09.2013 07:53:56
Sarec: v HK ISH
Isaretleyici: *CD5 (4CT) -
Protokoller
Boyama: *IHC Protocol F n
Hazirlama: *Dewax n
HIER: *HIER 20 min with ER2 [ ~ |
Enzim: n
igaretleyici UPI:
Otomatik n
Algilama sistemi UPI:
Otomatik -
=3

Yenilam otomatik olarak benzersiz bir Lam kimligi ile numaralandirilir ancak Lam ekle digmesine tiklayip lam
kaydedilinceye kadar bu diyalogda gosterilmez.

3 Dilerseniz bir lam yorumu ekleyin.

4 Doku tipini (Test dokusu, Negatif doku, Pozitif doku) Doku tipi grubunda radyo diigmelerinden birine tiklayarak
segin.
Bakiniz 6.2.1 Kontrol Dokusu ve daha genel kontrol agiklamast igin bakiniz 14.3.2 Doku Kontrolleri.

5 Gerekirse lam igin damlatma hacmini degistirin (bakiniz 6.5.8 Damlatma Hacimleri ve Lamlar Uzerinde Doku
Pozisyonu).
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6 Boyama modunu segin.

a Boyama modu alaninda, tek bir boya uygulanacaksa Tek (varsayilan) segenegini veya multipleks boya
lamrigin Sirali multipleks veya Paralel multipleks segenegini segin (bkz. 7.1.1 Boyama Yontemleri).

b Ikinci alanda Rutin (varsayilan) secenegini secin (sadece bir Bond™ Oracle™ HER?2 IHK System igin
talimatlar belirtiliyorsa Oracle segenegini segin).

¢ Siral multipleks boyama igin Boyalar agilan listesinden boya sayisini segin. En fazla iki boya
secehilirsiniz.

Gorintilenen sekmeler, segilen Boyama moduna baghdir:
o Tek— Tek sekmesi
« Paralel multipleks— Paralel multipleks sekmesi.

« Sirali multipleks— her boya icin bir sekme (6r. ik sekme, Son sekme).

Lam ekle

Edward. A Lam yorumlal
Vaka Kimligi: Doku tipi: Damlatma hacmi:
3688
Doktor: « Test dokusu 100 pL
Smith Negatif doku v 150 L
Lam Kimligi: Poxzitif doku
Vaka No:
3 Boyama modu:
Vaka yorumlar: Siral multipleks - Rutin -
Olusturuldugu tarih: Birinci Son
8.12.2022 09:27:04

Siirec: HK (&) isH

Isaretleyici: -

Protokaller
Hazirlama: -
=3
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7 Goruntilenen her sekmede:
a Boyama siirecini secin (IHK veya ISH).
h lisaretleyici acilir listesinden primer antikor veya probu segin:
¢ Bir negatif IHK kontrol reaktifi galistirmak igin varsayilan negatif reaktifi *Negatif veya olusturdugunuz bir
negatif reaktifi segin (bakiniz 14.3.3 IHK igin Negatif Reaktif Kontroli).
d Bir negatif ISH kontrol reaktifi galistirmak igin *RNA Negative Control Probe veya *DNA Negative Control.

e Bir pozitif ISH kontrol reaktifi segmek igin *RNA Positive Control Probe veya *DNA Positive Control Probe
segin.

Isaretleyici asag agilir listesinde maddeleri eklemek veya gikarmak igin, yazilimin Reaktif
Kurulumu ekraninda reaktif igin Tercih Edilen alanini segin veya segili durumdan gikarin.
Daha fazla bilgi igin bakiniz 8.2.1 Bir Reaktif Ekleme veya Dizenleme.

f Her calisma evresi icin uygun protokoli segin.

g Bir primer antikor veya prob segtiginizde yazilim varsayilan protokolleri girer. Her evre igin dogru
protokollerin ayarlandigini kontrol edin ve gerekirse uygun asagi acilir listeden yeni bir protokol segin.
Belirli bir evre igin protokol gerekli degilse *- - - - segin.

h Varsayilan protokoller Reaktif Kurulumu ekranindan segilir. Bakiniz 8.2.1 Bir Reaktif Ekleme veya
Dizenleme.

i Protokol asagi acllir listesinde maddeleri eklemek veya gikarmak igin yazilimin Protokol Kurulumu
ekraninda protokol igin Tercih Edilen alanini segin veya segili durumdan ¢ikarin. Daha fazla bilgi igin
bakiniz 7.2.7 Protokol Detaylari.

j ISH lamlarr igin bir prob uygulama protokoll ve bir prob gikarma protokolu segebilirsiniz. Veya, prob
uygulama protokolu ve prob gikarma protokoli olmamasini segehilirsiniz.

k Prob uygulama protokolii veya prob ¢ikarma protokoli segilmezse hibridizasyon ve denatlirasyon
protokollerinin de segiminin kaldirnldigindan emin olun.

8 Tek boyama igin, genellikle iletisim kutusunun sol tarafinda Benzersiz Uriin Tanimlayicilari (UPI'lar) igin
varsayilan Otomatik segenegini varsayilan olarak birakmaniz gerekir. Ancak, belirli bir lam igin belirli bir lot
numarasi segmek istiyorsaniz (or. lottan lota dogrulama igin), asagidaki alanlardaki agilir listeden segin:

« isaretleyici UPI — isaretleyici igin reaktif kabinin UPI'si
« Algilama Sistemi UPI — Algilama Sisteminin UP!I'si.
Ayni galismada (BOND-MAX ve BOND-III) islenecek lamlar igin UPI'ler ayni olmalidir veya Otomatik segilmelidir.
9 Lam ekle segenedine tiklayin.

Lam ekle kismi Lami ekle iletisim kutusunda gosterilmekte olan ayrintilarla bir lam ekler ve sonra iletigim
kutusunu agik birakir. Bu islem segilen vaka igin hizla bir dizi lam eklemeyi kolaylastirir.

10 Vakaicin lam ekleme bittiginde Kapat segenegine tiklayin.
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6.5.3  Bir Lami Kopyalama

‘ Silinmis bir protokole atifta bulunan bir lam kopyalanamaz.

Mevcut bir lami kopyalamak igin:
1 Kopyalamak istediginiz lama cift tiklayarak Lam 6zellikleri diyalogunu agin.

2 Lami kopyala secenegine tiklayin.
Diyalog Lam ekle olarak degisir ve bir Lam ekle digmesi vardir.

3 Lam detaylarini kontrol edin ve gerektigi sekilde degistirin.

4 Lam ekle segenegine tiklayin.

Yorumlar dahil olmak tizere yeni lam kopyalanmis lamla ayni vakaya eklenir.

6.5.4  Bir Lami Duzenleme

Bir lamin detaylarini Lam kurulumu ekraninda diizenlemek igin, Lam 0zellikleri diyalogunu agmak Uzere gift tiklayin.
Detaylari boliminde tanimlandigr sekilde degistirin 6.5.2 Bir Lam Olusturma.

Bir etiketin zaten yazdirlmis oldugu bir lamin detaylarini diizenlerseniz, lami islemeden dnce etiketi
tekrar yazdirin.

6.5.5  BirLami Silme

Lam listesinden bir lami ¢ikarmak igin, Lam kurulumu ekraninda lam listesinde Uzerine sag tiklayin ve sonra alt
mentden Lami sil segenegini segin. Ayrica segilen lami silmek igin Sil tusunu kullanabilirsiniz.
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6.5.6  Bir Lami Manuel Olarak Tanimlama

BOND sistemindeki herhangi bir lam herhangi bir zamanda tanimlanabilir. Manuel Kimlik girisi diyalogunu agmak igin

islev gubugundaki Ara simgesine tiklayin.

Sekil 6-4: Manuel Kimlik girisi diyalogu

Manuel Kimlik girisi
Arama modunu seg:
+/  Otomatik Lam Reaktif paketi

Lam veya reaktif kimligini girin. (Lam kimligi byuk kacuk harfe duyarl).
Tamamlandiginda Onayla secenegine tiklayin.

Sadece BOND tarafindan yazdirilanlar gibi tek boyutlu barkod etiketleri olan lamlar igin, lamin Lam ozellikleri
diyalogunu agmak igin etiketi tarayin. Veya bastaki sifirlar dahil olmak tizere 8 rakamli sayisal kimligi manuel olarak
girip Dogrula secenegine tiklayin.

6.5.7  Bir Lam Paneli Ekleme

Bir panel, iliskili doku tipleriyle onceden tanimlanmis bir isaretleyici seti olarak tanimlanir. Panelleri siklikla birlikte
kullanilan isaretleyicilerle bir dizi lami hizla eklemek icin kullanin - bakiniz 8.4 Reaktif Panelleri Ekrani.

Bir vakaya bir lam paneli eklemek i¢in Lam kurulumu ekranindan sunlari yapin:
1 Panel ekle segenegine tiklayin. Panelden lamlar ekle diyalogu belirir.

2 Asagi acilir listeden bir panel segin. Paneldeki lamlar gosterilir.
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3 Gerekirse lamlardan bazilarini isaret kutularini segili durumdan gikararak harig tutun ve sonra Lam Ekle
secenegine tiklayin.

BOND vakaya lamlar ekler.
* ISH lamlari igin damlatma hacmi otomatik olarak 150 L degerine ayarlanmistir.
e |HK lamlari igin damlatma hacmi vakanin varsayilan degerine ayarlanir.

 Tim lamlar igin hazirlik protokoli vakanin varsayilan dederine ayarlanir.

Paneller, Tek veya Paralel multipleks boyama modlariyla lam eklemek icin kullanilabilir, ancak
Sirali multipleks kullanilamaz.

6.5.8  Damlatma Hacimleri ve Lamlar Uzerinde Doku
Pozisyonu

BOND yaziliminda her lam igin Lam ekle diyalogunda ayarlanan iki damlatma hacmi ayari vardir (bakiniz 6.5.2 Bir Lam
Olusturma).

100 pL ayari sadece BOND-MAX iglem modiiliinde iHK lamlarr igin kullanilabilir - BOND-IIl ve BOND-PRIME'te galisilan
tim lamlar ve tim ISH lamlari (tim islem modiili tiplerinde) 150 uL ayarini kullanmalidir. BOND-PRIME islem Modiilii
asagida agiklanandan farkli bir damlatma yontemi kullanir (bakiniz 7 Protokoller (BOND Kontrolorde)).

BOND-IIl ve BOND-MAX islem Modiillerinde damlatma hacmi ayari, reaktifin lam tizerine damlatilacagi pozisyonu ve
ayrica damlatilan hacmi belirler:

» 100 yL damlatmalarigin Covertile'lar lamlarin yaklasik yarisina kadar geri gekilir ve aspirasyon probu antikoru
Covertile'larin Gstiine iletir (yaklasik lamlarin yar mesafe asagisina).

» 150 yL damlatmalarigin Covertile'lar lamlarin gogunu orter. Reaktifler yine Covertile'larin Ustiine iletilir ve
boylece daha biiyiik bir lam alani reaktif alir.

Reaktif alan lamlarin alanlarindaki farklilik, dokunun dogru konumlandiriimasinin 6nemli oldugu anlamina gelir. 100 pL
damlatmalar igin tipik olarak sadece bir drnek boyanabilir ve lamin alt yarisina yerlestirilmesi gerekir (etiketten uzaga).
150 pL damlatmalar icin lamlara iki doku 6rnegi daha kolay sigabilir veya sadece bir tane varsa lamin ortasina
yerlestirilmelidir. Farkli damlatma hacmi ayarlari igin kullanilabilir lam alanlari Sekil 6-5'te gosterilmigtir. Leica BOND
Plus lamlari ve Leica BOND Apex lamlari, dokunun yerlestirilmesi gereken alanlari gostermek tzere isaretlenmistir.
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Sekil 6-5: Farkli damlatma hacmi ayarlari igin kullanilabilir lam alanlari.

Kullanilabilir
alan

« isaretlialanlar, farkl damlatma hacimleriyle dokunun lamlara yerlestirilebilecegi yerleri gostermektedir.

 (osterilen pozisyonu isaretleyen noktalar Leica BOND Plus lamlari ve Leica BOND Apex lamlari Gzerindedir
(bakiniz 2.6.1 Lamlar).

BOND-III ve BOND-PRIME iglem modiili varsayilan olarak 150 uL miktarinda damlatma gergeklestirir — 100 L
damlatma hacimleri olan lamlar yuklenirse ¢alismayi baslatamazsiniz.

Hem BOND-MAX hem de BOND-III'teki IHK lamlari igin damlatilan antikor hacimleri Lam ekle diyalogunda gosterildigi
gibidir - 100 pL veya 150 pL. ISH lamlari igin (her iki islem modiili tipiigin) 150 pL ayarr kullaniimalidir ve islem
modiilleri 150 pL Covertile ve prob pozisyonlarini kullanir. Ancak BOND 150uL'den fazla prob damlatir:

» RNA problarricin, BOND iki adimda 220 uL damlatir = 150 pL ve 70 pL;
» DNA problarrigin, BOND iki adimda 240 pL damlatir = 150 pL ve 90 L.

Yikama ve diger adimlar protokole bagli olarak farkli hacimler uygularlar.

Damlatma Hacmi Varsayilanlari

BOND-MAX taki IHK icin damlatma hacmi (150uL veya 100uL) her ayri lam igin ayarlanabilir ancak BOND iki varsayilan
seviyeyi konfiglire etmenizi miimkiin kilar. Bir sistem gapinda varsayilan ayarlanabilir (bakiniz 10.5.2 Vaka ve Lam
Ayarlari). Vaka ekle diyalogunda ayarlandigi sekilde vaka varsayilanlariyla ayri vakalar igin bunun ontine gegilebilir
(bakiniz 6.3.3 Bir Vaka Ekleme). Son olarak damlatma hacmi Lam ekle diyalogunda ayri lamlar igin ayarlanabilir
(bakiniz 6.5.2 Bir Lam Olusturma).

Ayni galismada birlikte islenebilmeleri igin lamlarin timiinde ayni damlatma hacmi olmalidir (bakiniz 6.9 Lam
Uyumlulugu).

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06 150

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



6 Lam Kurulumu (BOND Kontrolorde)

6.6 Lam Etiketleme

BOND sisteminde boyanan tim lamlar tizerlerinde mevcut protokollerin galisilabilmesiigin yazilim tarafindan
tanimlanabilmeleri amaciyla etiketlenmelidir. BOND sisteminde olusturulan lam etiketlerinin timd, igleme
modiillerindeki lamlari otomatik olarak tanimlamak igin kullanilan bir etiket kimligine (2D barkod olarak islenir)
sahiptir. LIS'te (2D barkod kimlikleri) olusturulan etiketler de otomatik olarak tanimlanabilir. Ancak etiket kimlikleri
ornegin silinme nedeniyle otomatik olarak tanimlanamiyorsa, lamlarin tanimlanabilmeleri amaciyla lam etiketlerine
daima okunabilir bilgiler dahil edilmelidir (bakiniz 10.3 Etiketler ).

Etiketler lamlara cihaza yliklenmeden once uygulanmalidir. Kimlik Gortntileyicinin etiket kimliklerini etkili bir sekilde
(2B barkodlar igin) tarayabilmesi igin etiketlerin dogru sekilde yapistiriimasina dikkat edin.

Leica Biosystems lam etiketleyiciyle kullaniimak tizere BOND tarafindan saglanan lam etiketlerini kullanmalisiniz.

e 0.6.1 Etiketleri Yazdirma ve Lamlari Uygulama

e 6.6.2 Lam Kimlikleri ve Etiket Kimlikleri

6.6.1  Etiketleri Yazdirma ve Lamlar Uygulama

1 Tek birlam igin bir etiket yazdirmak tzere lama sag tiklayin ve sonra Etiketi yazdir se¢enegini segin. Bu
durumda Lam etiketlerini yazdir diyalogu belirmez. Tanimlanmis podlar iceren bir BOND-ADVANCE sisteminde
etiketi yazdirmak Uzere varsayilan lam etiketleyici kullanilacaktir. Aksi halde listedeki ilk lam etiketleyici
kullanilacaktir (bakiniz 10.6.3 Lam Etiketleyiciler).

2 Tum lamlariniz ayarlandiginda Lam kurulumu ekraninda Etiketi yazdir segenegine tiklayin.
3 Asagidakiler icin etiketler yazdirip yazdirmamayi segin:
» Heniz basilmamis tim lam etiketleri - tim vakalarda heniz etiket basilmamig lamlar.

» Mevcut vaka igin heniiz basiimamis tim lam etiketleri — mevcut vaka igin heniiz etiketlerin
yazdirilmadigi lamlar.

» Mevcut vaka - daha once basilanlar dahil halen segili vaka igin tim lamlar.
Lam etiketleri, vakalarinin olusturdugu sira ve her vaka iginde lamlarin olusturuldugu sirayla yazdirilir.

4 Kullanilacak lam etiketleyiciyi segin.

(Varsayilan etiketleyiciyi uygulama istemcisi Donanim ekraninda segin — bakiniz 10.6.2 Podlar.)

5 Yazdir segenegine tiklayin. E

Lam etiketi yazdirma devam ederken Lam kurulumu ekraninin sol altinda yanip sonen bir
simge belirir.

6 Etiketin uygulanacagdi lamin buzlu alaninin tamamen temiz ve kuru oldugundan emin olun.
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7 Lam kimligi, lamin ucuyla paralel hizalanmis olarak etiketi uygulayin. Etiketin sag tarafi yukarida olmalidir (doku
ile lamin ayni tarafinda).

o Etiketiislem moduli yanlis hizalanmis etiketleri uygun sekilde goriintiileyemeyeceginden diiz olarak
hizalayin.

Yapistirmayi saglamak igin BOND Yazici Etiketleri alaninin tamamina sikica bastirin.

Yazici etiketi ylzeye tam olarak yapistinimalidir. Yazici etiketi lamin kenarindan tagmamalidir.

Etiket siviya batinimissa saklamadan 6nce kurumaya birakin.

Sekil 6-6: Etiketi lamin kenarlari igine yerlestirin

B e Dogru: T Yanlis: i e | Yanls:
oo || Etiket dizdr ve gz || Etiket lamin o | ket egricr

kenarlarindan
X tagmistir. x

A DIKKAT: Etiketin tim kisimlarini tim lam kenarlari iginde konumlandirin. Agiga gikmis bir yapiskan
ylizey lam etiketinin (ve lamin) Covertile veya baska ekipmana yapismasina neden olabilir ve lama
zarar verebilir.

lamin kenarlari
/ icindedir.

BONDYazici Seridi ve Etiket rulosu degistirildidginde, mirekkep seridini ayni Urlin numarasiyla
degistirin. Etiket rulolarinin ve mirekkep seridinin degistiriimesine iliskin talimat kutuya dahil

edilmistir.

Uzun stireli reaktif daldirma isleminden gegen veya agresif isleme tabi olan yazici etiketleri igin
asagidakileri dikkate alin:

 Tedavi gergeklestirildikten sonra lam etiketini uygulayin.
 Lamin ylzeyine ikincil bir tanimlayici uygulayin
» BOND Yazici Seridi ve Etiketlerinin daldirimasini onleyin veya sinirlayin

 Koruyucu bir kaplama uygulayin

Kullanilmig mirekkep rulolari, yazdirnlan bilgilerin ters gorintulerine sahip olacaktir. Bilgiler kisisel
olarak tanimlanabilir bilgiler igeriyorsa, kullanilan murekkep rulolari laboratuvar iglemlerine ve/veya

yerel gizlilik diizenlemelerine gore imha edilmelidir.
Yapistirict ve murekkep dayanikliigr musterinin test kosullarina tabidir. BOND Yazici Seridi ve
Etiketlerinin kullanimi laboratuvar tarafindan islemleri ve kosullari agisindan dogrulanmalidir.
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Harici Deparafinizasyon ve Epitop Geri Aima

Eger BOND disinda yapiliyorsa, deparafinizasyon ve epitop geri almayi lamlari etiketledikten sonra yapmak daha iyi
olur. Bu durum, siz lamlarin detaylarini girerken ve BOND cihazini gerekli protokoli/protokolleri galistirmak tzere
kurarken lamlarin kurumasini ve ayrica bu adimlardan sonra islak lamlari etiketlemeyle ilgili zorluklari onler.

Cihaz disinda deparafinizasyon igin ksilen kullaniyorsaniz yazinin bulanik hal almamasi igin etikete
dokunmaktan kaginin.

Benzen tirevleri, D-Limonene'ler ve Alifatik Hidrokarbonlar, Aseton, Su ve Su bazli reaktiflere uzun
sure daldirma veya maruz birakma lam kimligi etiket yapiskaninin etkinligini azaltabilir ve yazilarin
seklinin bozulmasina neden olabilir. Etiketlerin uzun sire suya batiriimamasini éneririz. LBS web
sitesinde bulunan spesifik uriin bilgilerine bakin.

A DIKKAT: BOND-IIl ve BOND-MAX islem Modiillerinde deparafinizasyon iglemi icin sadece BOND
Dewax Solution kullanin.

BOND-PRIME islem Modiillerinde deparafinizasyon islemi igin sadece BOND-PRIME Dewax Solution
kullanin.

Sisteminin parcalarina zarar verebilecegi ve sivi sizmasina neden olabileceginden ksilen, ksilen yerini
alan maddeler ve diger reaktifleri kullanmayin.

6.6.2  Lam Kimlikleri ve Etiket Kimlikleri

o

BOND sistemi, her yeni lam olusturuldugunda benzersiz bir “Lam kimligi” saglar. Ayrica BOND sistemi, her lam etiketi

o

yazdirldiginda benzersiz bir “Etiket kimligi* olusturur. Etiket Kimligi bir 2D Barkoddur.

LIS lamlariigin Lam Kimligi LIS tarafindan tanimlanabilir ve herhangi bir sayisal deger olabilir (8 veya
daha az rakamlr).

Lam Tanimlama

‘ Bu béliim BOND-PRIME Islern Modilli igin gegerli degildir.

Etiketler lamlar Uzerine yerlestirildiginde sistem lamlari lam boyama Unitelerinde her pozisyonda tanimlayabilir
(bakiniz 5.1.5.1 Otomatik Lam Tanimlama).

Lam kimlikleri olmayan veya lam kimlikleri taninmayan lamlar sisteme manuel olarak tanitilahilir (bakiniz 5.1.5.2 Cihaz
Ici Manuel Lam Tanimlama) veya bir etiket yazdirilip lama yerlestirilebilir ve lam tekrar taranabilir.

Lam etiketlerinde gosterilecek bilgiyi uygulama istemcisi Etiket konfigiirasyonu ekraninda konfigtire edin (bakiniz
10.3 Etiketler).
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6.7  Lam Kurulumu Ozet Raporu

Lam kurulumu o6zeti Lam kurulumu ekraninda halen konfigiire edilmis ttim lamlari (tim vakalar igin) liste halinde verir.
Lamlar vaka basina isaretleyici ve damlatma hacmi gibi detaylar saglanmis olarak gruplandiriimistir. Raporun alt
bolumiinde, rapordaki lamlar igin gereken tim reaktifler ve reaktif sistemlerinin bir listesi ve her biri igin test sayisi yer
alir. Her bir BOND islem Moddilii igin ayri listeler vardir.

‘ Raporda ayrintilarl gormek icin en az bir BOND-PRIME Islem Modiiliind devreye almalisiniz.

Bu rapor galismaya hazirlanmakta degerli bir yardimcidir. Her tepsiye konan lamlarin uyumlu olmasindan emin
olmaniza yardimei olur (bakiniz 6.9 Lam Uyumlulugu) ve yiiklenmesi gereken reaktifler veya reaktif sistemlerini
gosterir.

Bir lam kurulumu raporu olusturmak igin Lam kurulumu 6zeti segenegine tiklayin.

Her lam icin rapor asagidaki bilgileri gosterir.

Alan Aciklama

Lam Kimligi BOND sistemi her lama benzersiz bir tanimlayici verir

Isaretleyici Isaretleyici(ler)

Boyama protokoli Boyama protokoli

Hazirlama Hazirlik protokolii (varsa)

HIER HIER protokolii (varsa)

Enzim Enzim geri alma protokolii (varsa)

Damlatma hacmi Damlatilan reaktif hacmi (bakiniz 6.5.8 Damlatma Hacimleri ve Lamlar Uzerinde Doku
Pozisyonu)

Doku tipi Test dokusu, pozitif kontrol dokusu veya negatif kontrol dokusu

Sirali multipleks boyama lamlart icin isaretleyici, Protokoller, Damlatma hacmi ve Doku tipi siitunlari Lam kimligine
gore gruplandiriimis olarak en fazla iki sira halinde gosterilir.

Rapor penceresi ve yazdirma segenekleri hakkinda daha fazla detay igin bakiniz 3.7 Raporlar.
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Manuel Lam ve Vaka Olusturma

‘ . Bu boliim BOND-PRIME islem Modiilii icin gegerli degildir.

Varsayilan olarak, BOND sistemi yeni vakalar ve lamlar bir lam tepsisi bir islem moddltne yiklenip lamlar
goruntulendikten sonra olusturulacak sekilde konfigtre edilmistir.

Asagida birinci kisimsa bu “manuel” vaka ve lam olusturma igin talimatlar yer alir. ikinci kisimda alternatif is akislari
icin secenek ayarlari tanimlanir.

» 6.8.1 Gorlntilemeden Sonra Yeni Vakalar ve/veya Lamlar Olusturma

e 6.8.2 Cihaz igi Lam Tanimlama Segenekleri

6.8.1  Goruntulemeden Sonra Yeni Vakalar ve/veya
Lamlar Olusturma

Lamlar yiiklendikten ve goriintiilendikten sonra vaka ve lam bilgisi eklemek igin asagidaki islemi uygulayin (islem
5.1.5.2 Cihaz Igi Manuel Lam Tanimlama bolimiinde tanimlanan yardimli kimlik islemine benzer ancak artik yeni
vakalar ve lamlarin olusturulmasini da igerir).

1 Lamlariiglem modiline her zamanki gibi yukleyin.

BOND yaziliminda vakalar veya lamlar olusturmaya veya etiketleri yazdirmaya gerek yoktur - elle yazilan veya
uclincu taraf etiketleri kullanilabilir.

Sistem lamlari tanimaz ve bu nedenle etiketlerin gortntilerini gosterir.

Sekil 6-7: Lam otomatik olarak tanimlanmadi

Belirli bir islem moddili igin etiket goriintleri tutarli olarak gosterilmiyorsa, lam etiketlerinin
gorintilerini yakalamamak iizere konfigiire edilmis olabilir. Bu ayarin islem moddilt igin tekrar

konfigire edilmesi amaciyla musteri hizmetleri ile irtibat kurun.
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2 Lam tanimlama diyalogunu agmak igin asagidakilerden birini yapin:
a Lam goriuntistne gift tiklayin.
b Gorintlye sag tiklayin ve alt mentiden Manuel seg secenegini segin.

Lam tanimlama diyalogu, Yeni vaka ve Yeni lam diigmeleri kullanilabilir halde belirir (Sekil 6-8'de madde 1 ve
2).

Sekil 6-8: Lam durumu goriintiisiyle lam tanimlama diyalogu.

%
Lam tanimlama
Vaka listesi Lamlar Lam tepsisi: 2
\ T 3
= in i@
LS0012 - 45216 Joseph Shady, Albert I‘-."ng'l"!gh RO it |
20130416-SHRefi Kevin Pannell Benjami = © e
ne evin Pannel enjamin.... —
|
20130416-HC Arthur Josey Fannie Hurley 0000218
20130402-HCS Kevin Pannell Adam Smith “KAPPAGD 3
00000215
CS104 - 254862 Cecilia H Ann Chov
o © QU 3 |
CS145-254788 1A Kevin Pannell Olive Yew 00000216
CS8150 - 254719 Thomas... Liz Erd wsons RG]
¢ Cika 00000207 _
CS154 - 255789 Debbie... Ray O'Sun § @l i@ —
“Laneoash [T
CS204-255789 48 Suzanne... Clark Kent g
5205 - 255730 Asthur Josey Chirs P. Bacon
C8205 - 255791 Nichelas... Marsha Mellow _
5205 - 256792 Nicholas Suzzan Max a
€821 - 256001 Deanna... Zaone Marshall .
€8101 - 252401 Jacod Glaser Sally Faukner ﬁ
Vak: P Yenivaka | Yenilam
I

Bazi laboratuvarlarda Yeni vaka veya hem Yeni vaka hem de Yeni lam digmeleri devre digi
birakilmis olabilir - asagida 6.8.2 Cihaz ici Lam Tanimlama Segenekleri bakiniz
Aktif lam, lam tepsisinde vurgulanir (madde 3).

Diyalogda lam tanimlamaya yardimci olmak tizere etiketin biytilmis bir goriintiisi (madde 4) vardir. Etiketi
daha da buylk gérmek igin imleci sag taraftaki panoda lam tzerinde tutun.

Sol taraftaki pano mevcut lamlarla tiim vakalari liste halinde verir. Varsayilan ayarlarla sadece etiketlerin
yazdirilmis oldugu lamlarin bulundugu vakalar gosterilir (bunu etiketlerin yazdiriimamis oldugu lamlarin
bulundudu vakalari dahil etmek lizere degistirehilirsiniz, bakiniz 6.8.2.2 Harici Lam Etiketleri).

Orta pano soldaki panoda segilen vaka igin konfigire edilmis ve lamlarin henliz islem moddltinde gorintilenen
herhangi bir lamla eslesmedigi lamlari gosterir. Yine varsayilan ayarlarla sadece etiketleri yazdiriimig lamlar
belirir ancak bu vaka igin konfigire edilmis tim lamlari gosterecek sekilde degistirilebilir.
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Lamlariniz hatali se¢im yapmadiginiz takdirde etkilenebilecegi igin dogru etiket gortintistnu
sectiginizden emin olun.

3 Yeni bir vaka olusturmak igin Yeni vaka (madde 1) segenegine tiklayin.
Secilen lam igin normal sekilde yeni bir vaka olusturun (bakiniz 6.3.3 Bir Vaka Ekleme).

4 Vaka ekle diyalogunda Tamam segenegine tikladiktan sonra Lam tanimlama diyalogunda vaka listesinden yeni
vakay! segin.

5 Yeni olusturdugunuz vaka igin yeni bir lam olusturmak {izere Yeni lam segenegine tiklayin (madde 2).
Bu Lam ekle diyalogunu acar.

6 Yenilamiyaziimda sag taraftaki panoda segilen fiziksel lam igin normal sekilde olusturun (bakiniz 6.5.2 Bir
Lam Olusturma).

Eklendiginde yeni lam diyalogun orta panosunda gdsterilir (yani yeni vaka halen sol tarafta vakalar listesinde
segili durumdayken).

7 Sa( taraftaki panoda dogru etiket gorintustinin halen segili oldugundan emin olarak bunu orta panodaki yeni
lamla eslestirmek icin Yerlestir secenegine tiklayin.

Lam orta panodan gikarilir ve sag taraftaki panodaki etiket goruntisd, yeni olusturdugunuz yeni lam igin
girildiginden lam icin sistem bilgisini gosterecek sekilde degistirilir.
Lamlari yanlis sekilde eslestirirseniz bu adimi, sag taraftaki panoda lami segip Gikar secenegine basarak geri
alabilirsiniz.

8 Lam artik her zamanki sekilde galisilabilir.

Lam tepsisinde kalan lamlar icin yeni vakalar ve lamlar olusturma islemini tekrarlayin.

6.8.2  Cihaz Ici Lam Tanimlama Secenekleri

Uygulama istemcisindeki ayarlar, Lam tanimlama diyalogunda segenekleri segici olarak etkinlestirerek veya devre digi
birakarak farkli lam tanimlama is akiglarina izin verebilir veya kullaniimalarini zorlayabilir.

6.8.2.1 Manuel Lam ve Vaka Olusturmayi Sinirla veya izin Verme

Varsayilan olarak, BOND, Lam tanimlama diyalogunu kullanarak BOND yaziliminda olusturulmayan (veya LIS'ten ige
aktarilmayan) lamlari yiiklemenize ve vakalari ve lamlari, lamlar goriintiilendikten sonra olugturmaniza olanak tanir.
Opsiyonel olarak, sistemin bu sekilde yeni vakalar olusturmaya izin vermemesini (ancak yine de mevcut vakalar igin
yeni lamlarin olusturulmasina izin verebilirsiniz) ya da lamlari yiikledikten sonra lamlarin (ve vakalarin)
olusturulmasina hic izin vermemesini ayarlayabilirsiniz. Ayariniza bagl olarak, Lam tanimlama iletisim kutusundaki
Yeni vaka ya da hem Yeni vaka hem de Yeni lam diigmeleri devre disi birakilabilir (bkz. Sekil 6-8).

Manuel vaka ve lam olusturma segeneklerini idare istemcisinin Ayarlar ekraninda sinirlayin (bkz 10.5.2 Vaka ve Lam
Ayarlari).
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6.8.2.2 Harici Lam Etiketleri

BOND cihazini, ¢alisilabilmelerinden once tiim lamlarin BOND tarafindan yazdiriimasinin gerekmesi veya gerekmemesi
seklinde ayarlayabilirsiniz. LIS lamlari ve LIS disl lamlar igin ayri ayarlar vardir.

LIS digi lamlar igin varsayilan ayar BOND tarafindan yazdiriima gerektirir. Bu durum, BOND tarafindan yazdiriimis
etiketleri olmayan fiziksel lamlarin yazilimda kendileri igin olusturulan lamlarla otomatik olarak eslestiriimemesi
anlamina gelir (kimlikleri ayni olsa bile). Ayrica lamlari Lam tanimlama diyalogunu kullanarak manuel olarak
eslestiremezsiniz, ¢linki burada sadece BOND tarafindan yazilmis lamlar gosterilir. Bunun sonucunda BOND- LIS
entegrasyonu olmayan ve etiketleri elde yazan veya lclinci taraf ekipmanda yazdiran laboratuvarlar bu secenegi
kapatmalidir. Bu iglem sistem icinde olusturulan tim lamlari etiketleri BOND yazdirsin veya yazdirmasin islem
modulune yuklenen lamlarla eslesmek icin kullanilabilir hale getirir.

BOND tarafindan etiketleri yazdirlmamig lamlarin galisiimasini mimkin kilmak lzere, uygulama istemcisi Ayarlar
ekraninda BOND'da yazdirmaya zorla kismini segili durumdan ¢ikarin (bakiniz 10.5.2 Vaka ve Lam Ayarlari). (Sadece
manuel vaka ve lam olusturmaya izin vermek i¢in BOND'da yazdirmaya zorla kismini segili durumdan gikarmak
gerekmez - bakiniz 6.8.2.1 Manuel Lam ve Vaka Olusturmayi Sinirla veya Izin Verme.)

BOND'da yazdirmaya zorla segenedgini segili durumdan ¢ikarmadan once olusturulan lamlar etiketleri
yazdinlincaya kadar isleme igin kullanilamayacaktir ancak bu segenegi segili durumdan gikardiktan

sonra olusturulan lamlarin etiketlerinin yazdiriimasi gerekmeyecektir.

LIS lamlarrigin varsayilan ayar BOND tarafindan yazdirma gerekmez. Bu durum, LIS tarafindan yazdirilan etiketleri
olan lamlarin BOND yaziliminda lamlarla otomatik olarak eslestirilebilecedi anlamina gelir (LIS'ten ige aktariimis). Veya
bir otomatik eslesme yapilamiyorsa (6rn. bir lam etiketi bulaniksa), Lam tanimlama diyalogunu kullanarak manuel
olarak lamlari eslestirebilirsiniz. Ancak is akisiniz LIS'te lamlar olusturmussa ancak etiketlerin BOND tarafindan
yazdinimasini zorlamak istiyorsaniz segenegi agin (uygulama istemcisi LIS ekraninda BOND'da LIS yazdirmayi zorla
segin - bakiniz 10.2 LIS).

6.9 Lam Uyumlulugu

‘ Bu boliim BOND-PRIME Islem Modilli iin gegerli degildir.

Her calismada adimlarin tepsideki tim lamlar igin optimum sonuglar saglayacak sekilde senkronize olmasi igin
lamlar lam tepsileri yuklendiginde BOND yazilimi tarafindan uyumluluk agisindan kontrol edilir. Uyumsuz lamlar
Sistem durumu ekraninda gosterilir. Caligmaya baglamadan once uyumsuz lamlari gikarmali veya degistirmelisiniz
(bakiniz 5.1.4.4 Uyumsuz Lam Kurulumunun Giderilmesi).

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06 158

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
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Rutin lamlarin uyumlu olmast igin asagidaki kosullar yerine getirmesi gerekir:

« ayni damlatma hacmine sahip olmalari:

« hepsinin tek boya veya hepsinin paralel multipleks boya veya hepsinin sirali multipleks boya olmasi;

Lam Ekle islemi sirasinda ozellikle segildiginde ayni UPI'ye sahiptir;

* ayni hazirlama protokollerini kullanmalari;

* ayni boyama protokoltnu kullanmalari ve

« uyumlu 6n islem protokolleri ve/veya ISH denatiirasyon ve hibridizasyon protokolleri kullanmalari.
Protokol uyumlulugu kurallar asagidaki 6.9.1 Protokol Uyumlulugu bolimunde saglanmistir.

Lam kurulumu raporlari (6.7 Lam Kurulumu Ozet Raporu ) her tepsiye uyumlu lamlar yiiklemenizi saglamak iizere
belirli dizeyde yardim sunar.

6.9.1  Protokol Uyumlulugu

Boyama ve hazirlama protokollerinin titiz uyumluluk sinirlamalari vardir ancak 1si ve enzim 6n islem protokolleri ve ISH
hibridizasyon ve denattirasyon protokolleri igin bazi farkliliklar mevcuttur. Bu protokollerin uyumlulugu, islem moduli
tipi (BOND-IIl veya BOND-MAX), protokol adimlarinin sayi ve siiresi ve adimlar sirasindaki cihaz durumlarina baglidir.
Bu protokoller s6z konusu faktorlerin timi ayni oldugunda veya boyama kalitesini etkilemeden kabul edilebilecek
sekillerde farkllik gosterdiginde uyumludur.

Tum protokol tipleri igin uyumluluk kurallari agagida liste halinde verilmigtir.

6.9.1.1 Boyama Protokolleri

Her lam igin ayni boyama protokolu kullanilmalidir. Sirali gift boyama galismalari igin ayni sirayla ayni iki boyama
protokoli kullaniimalidir.

IHK ve ISH lamlari tek boyama galismalarinda karistinlamaz ancak sirali multipleks boyama galismalarinda kombine
edilebilir.

6.9.1.2 Hazirlama Protokolleri
‘Deparafinizasyon” ve “Isitma ve deparafinizasyon” protokolleri igin

 Tepsideki tim lamlar igin ayni protokol kullaniimalidir ve

* Bir hazirlama protokolu olan lamlar hazirlama protokolt olmayan lamlarla karistirilamaz.

6.9.1.3  Onlsleme Protokolleri

Sadece IsI epitop geri alma, sadece enzim epitop geri alma, 1S ve enzim epitop geri alma olan ve hic epitop geri alma
olmayan lamlar birlikte ¢alisilabilir. Mevcut on islem yapilmayan galismalar diger lamlarda protokol galisirken hidrate
edilir (1styla indiklenen epitop geri alma daima enzimle indiiklenen epitop geri almadan oncedir).

Benzer sekilde, ISH denatiirasyonu ve hibridizasyonu bulunan veya bulunmayan tiim lam kombinasyonlari uyumludur.

Asagidaki kisimlar ayni on iglem tipiyle protokoller ile 6n islem protokollerinin uyumluluk sartlarini vermektedir.
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st On islemi
1 IsI 0nislem protokolleri asagidakiler bulundugunda uyumludur:
e aynisayida adim ve
e 1Sitma adimlari harig her adim igin ayni inkiibasyon sureleri.

Arka arkaya I1sI adimlariicin her adimda en uzun ayarlanmis sire tim lamlar icin kullanilir. Daha kisa
ayarlanmis streleri olan lamlar sadece kendileri igin konfigtre edilmig donem igin isitilir ve bundan
sonra lam isiticlya guic kapatilir.

2 Epitop geri alma soltsyonlari 1 ve 2 kullanan protokoller calismalar iginde karigtirilabilir.

3 Isioniglem kullanan lamlar s 6n islem kullanmayan lamlarla tepsilerde ¢aligilabilir - on islem yapilmayan
lamlar diger lamlar iglenirken ortam sicakliginda epitop geri alma solisyonuyla hidrate edilir.

Enzim On islemi
1 Enzim on iglemi protokolleri sunlar bulundugunda uyumludur:
e aynisayida adim ve
 heradimicin ayni inkiibasyon siresi.
2 Bir galismaya 2 adede kadar enzim tipi uygulanabilir.

3 Enzim 0n iglem kullanan lamlar enzim 6n islem kullanmayan lamlarla tepsilerde ¢alisilabilir - 6n islem
yapiimayan lamlar diger lamlar islenirken ortam sicakliinda epitop geri alma soltisyonuyla hidrate edilir.

6.9.1.4 ISH Denatiirasyonu

Denatiirasyon protokolleri ayni inkiibasyon stirelerine sahiplerse uyumludur. inkiibasyon sicakliklari farklilik
gosterebilir.

6.9.1.5 ISH Hibridizasyonu

Hibridizasyon protokolleri ayni inkiibasyon siirelerine sahiplerse uyumludur. inkiibasyon sicakliklari farklilik
gosterebilir.
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BOND yaziliminda protokoller doku orneklerini boyamak Uzere kullanilan adim serileridir.

BOND sisteminiz bir onceden tanimlanmig Leica Biosystems protokolleri setiyle birlikte sunulur ve bu setler
diizenlenemez veya silinemez. Onceden tanimlanmig protokoller Leica Biosystems tarafindan dogrulanmistir. Ancak,
onceden tanimlanmis mevcut protokolleri kopyalayarak ve dizenleyerek ozellestirilmis protokoller olusturulabilir.

dogrulanmalidir. Bir protokoli olusturma ve kaydetme imkani amaglanan kullanim igin uygun oldugu

é IKAZ: Tiim Gzellestirilmis protokoller yerel laboratuvar prosediirleri ve gerekliliklerine uygun olarak
anlamina gelmez.

Bu bolimde asagidaki kisimlar sunulur:

e 7.1 Protokol Tipleri

7.2 Protokol Kurulum Ekrani

7.3 Yeni Protokoller Olusturma

7.4 Kullanicr Protokollerini Dizenleme

7.5 Protokol Raporlari

7.6 Onceden Tanimlanmis Protokoller
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7 Protokoller (BOND Kontroldrde)

7.1 Protokol Tipleri

BOND'daki tiim protokollerde yapiimasi amaclanan belirli islevlere gore bir “tip” vardir. Ornegin, HIER protokollerinin 6n
boyamast bir tiirdir, IHK sirali multipleks boyama protokolleri digeridir.

» Bir protokolin tipi degistirilemez.

* Yeni bir protokol olusturmak igin yeni protokolin olmasi gereken tipte mevcut bir protokolu kopyalamaniz
gerekir. Sonra protokol adimlarini gerektigi sekilde diizenleyehilirsiniz.

Tipik olarak herhangi bir isleme ¢alismasinda lamlari hazirlamak, isaretleyicileri uygulamak ve sonra kromojen
uygulamak tzere farkli tipte cesitli protokoller sirayla galistirilir. Bu sekanslar ve kullandiklari protokoller tipik olarak
multipleks boyalar i¢in modifikasyon gerektirir.

e 7.1.1 Boyama Yontemleri

e 7.1.2 Protokol Siralari

7.1.1  Boyama Yontemleri

BOND sistemde ti¢ boyama modu vardir:
» Tek — tek hir isaretleyici ve kromojenin tek bir lama uygulanmasi.

« Paralel multipleks — tek bir lamda iki farkli isaretleyici ve kromojen uygulanmasi. isaretleyiciler bir kokteyl”
icinde kanistinlir ve bir tekli boya protokolu ile uygulanir.

« Sirali multipleks — tek bir lamda iki farkli isaretleyici ve kromojen uygulanmasi. isaretleyiciler, ayri boyama
protokollerinde birbiri ardina uygulanir.

Her boyama protokoliinde, multipleks veya tek boyamaya iliskin roltnu gosteren bir “boyama yontemi” vardir.
Tek boyamada yalnizca bir tane "Tek" boyama yontemi vardir.
Paralel mutlipleks boyamada yalnizca bir “Paralel multipleks” boyama yontemi vardir.

Onceden tanimlanmig sirall multipleks boyama protokolleri, degistirilemeyen boyama yontemi “Tek"e sahiptir. Ancak,
onceden tanimlanmis bu protokolleri kopyalama ve boyama yontemini gereksinimlerinize uyacak sekilde degistirme
seceneginiz vardir.

Sirali multipleks boyama asagidaki boyama yontemlerine sahiptir:
» Birinci - sirali multipleks boyamada birinci protokol olarak kullaniimak tizere
» Son - sirali multipleks boyada son protokol olarak kullanilir

Ornegin, kullanici tarafindan olusturulan bir protokol, tek bir protokol olarak kullanilmak tizere yapilandirilabilir veya
ayrica bir on protokol ve/veya son Protokol olarak kullaniimak tzere yapilandirilabilir. Tim adimlarin tim boyama
yontemleri igin uygun oldugunu temin etmek igin protokoliin tamamini gozden gegirdiginizden emin olun (6rnegin tek
bir protokolde, 6n protokoller igin gerekli olmayan bir karsi boyama vardir).
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Protokol tipleri ve boyama yontemleri asagidaki tabloda gosterilmistir:

Boyama IHK Boyama—Tek Tek
boyama
IHK Boyama—_Sirali Tek
multipleks boyama
On
Son
IHK Boyama Paralel multipleks

Paralel multipleks
boyama

ISH Goriintiileme—Tek  Tek

ISH Goriintileme—Sirali  Tek
multipleks boyama

On
Son
ISH goriintiileme Paralel multipleks
Paralel multipleks
boyama
On boyama Hazirlama Gegerli Degil
Is1 On Iglemi Gegerli Degil
Enzim On Islemi Gecerli Degil
ISH Denatiirasyonu Gecerli Degil
ISH Hibridizasyonu Gecerli Degil

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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Tek boyada tek antikor saptanmasi
protokolu

Tek boyada tek antikor saptanmasi
protokolii

Sirali multipleks boyada birinci antikor
saptanmasi protokolii

Sirali multipleks boyada birinci antikor
saptanmasi protokolii

Paralel multipleks boyada kokteyl antikor
saptanmasi protokol

Tek boyada tek prob saptanmasi protokoli

Tek boyada tek prob saptanmasi protokol

Sirali multipleks boyada birinci probun
saptanmasi protokoli

Siral multipleks boyada son probun
saptanmasi protokolii

Paralel multipleks boyada kokteyl problari
saptanmasi protokoli (su anda bu
kategoride protokol yoktur)

Lamda deparafinizasyon veya Isitma (doku
adezyonu igin) gerceklestirip sonra doku
deparafinizasyonu yapin

Isi kullanarak epitop geri alma

Enzim kullanarak epitop geri alma
DNA iSH icin denatiirasyon protokolleri
ISH icin hibridizasyon protokolleri
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/7.1.2  Protokol Siralari

Tipik olarak her lam igin farkli tiplerde protokollerin sirasi uygulanir. Bu doku, isaretleyici ve genel laboratuvar iglemleri
icin uygun oldugu sekilde hazirlik, epitop geri alma, denattrasyon, hibridizasyon ve boyama protokollerinin bir
segimidir. Bu siralar, lam olusturulurken her lam igin bireysel olarak ayarlanabilir (bakiniz 6.5.2 Bir Lam Olusturma)
ancak BOND ozel protokoller gerekli olmadidinda lam olugturmayi hizlandirmak tizere varsayilan protokolleri
ayarlamanizi da imkan verir:

« bir varsayilan hazirlama protokolii (6rn. *Dewax) uygulama istemcisinde tiim BOND sistemi igin ayarlanir
(bakiniz 10.5.2 Vaka ve Lam Ayarlari);

« tim diger protokol tipleriigin varsayilanlar her isaretleyici igin Reaktif Kurulumu ekranindan ayarlanir (bakiniz
8.2.1 Bir Reaktif Ekleme veya Diizenleme).

Ayri lamlari hazirlamakta gegen zamanin minimuma inmesi igin varsayilan protokoller ayarlayin. Gerekirse lamlar
olusturuldugunda ayri lamlar igin protokolleri degistirebilirsiniz.

Protokollerin bir sekanstaki calisma sirasi, BOND tarafindan otomatik olarak ayarlanir ve agagidaki tabloda
gosterilmektedir. Prob damlatmalari ve gikarma her protokole dahil degildir — bu islem de otomatik olarak meydana
gelir.

Protokol (veya Prob)

1 Hazirlama Her ikisi  Kimyaya hazirlik olarak parafinin istege bagli cihaz igi
giderilmesi
2 HIER Her ikisi  Cogdu lam igin bir HIER veya EIER protokolii galisilir -
(1siyla indiklenen epitop geri alma) nadir durumlarda her ikisi calisilir veya higbiri
calisiimaz.
3 EIER Her ikisi
(enzim indiiklenen epitop geri alma)
4 Prob uygulama ISH  Kullanici tarafindan segilemeyecek sekilde, BOND

uygun protokoli buraya otomatik olarak ekler.
5  Denatlrasyon ISH  DNA problar igin denatiirasyon protokol.
DNA problari daima denatlrasyon kullanmalidir.
6 Hibridizasyon ISH  ISH icin gerekli hibridizasyon protokoli veya hicbiri.

7 Prob ¢ikarma ISH  Kullanici tarafindan secilemeyecek sekilde, BOND
uygun protokoll buraya otomatik olarak ekler.

8 Boyama Her ikisi  Kromojen ve ilgili reaktiflerin uygulanmasi igin gerekli
protokol. IHK primerleri bu protokolde damlatilir.

Protokol siralarricin secilen protokoller onceden tanimlanabilir veya 6zellestirilmis protokoller olusturup bunlari
segebilirsiniz (bakiniz Bolim 7.3: Yeni Protokoller Olusturma).
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7.1.2.1  Sirali Multipleks Boyama icin Protokoller ve Protokol Siralar

Sirali multipleks boyalar esasen iki boyama protokolii dizisini birbiri ardina galistinir. Bunlar iki IHK siras, iki ISH sirasi
veya herhangi birinden birer adet olmak tizere herhangi bir sirayla olabilir. Her durumda olmasa da siklikla birinci
isaretleyici DAP kromojeni ile BOND Polymer Refine Detection sistemini kullanirken ikinci isaretleyici Fast Red
kromojeni ile BOND Polymer Refine Red Detection sistemini kullanir.

Siklikla, sirada ikinci isaretleyiciyi uygulayan protokollerden bazilari atlanabilir veya dahil edilmisse modifiye edilmeleri
gerekir. Boyama protokollerinde birinci ve ikinci isaretleyiciler i¢in adimlarin da tipik olarak modifiye edilmeleri gerekir
(gerekli protokollerde uygun boyama yonteminin ayarlanmast igin bazi modifikasyonlar gereklidir - bakiniz

7.1.1 Boyama Yontemleri). Sirali multipleks boyama igin protokol ve protokol sirasi modifikasyonlari agisindan bazi
Oneriler agagida verilmistir. Her durumda sonuglari dogrulamak igin kendi testlerinizi yapmaniz gerekir.

« Hazirlik protokolleri (6rn. Dewax) sadece ilk isaretleyici igin ilgili sirada galistirilabilir - yazilim ikinci boyama
protokolu sirasi igin bir hazirlik protokolinin segilmesine izin vermez.

« Epitop geri alma islemi, ilk isaretleyicinin uygulanmasindan énce sadece bir kez gerekli olabilir. Ikinci
isaretleyici icin ek geri alma gerekirse, daha kisa bir stire veya daha disuk sicaklik yeterli olabilir.

« iki probla multipleks boyama yapilirsa, denatiirasyon genellikle ilk isaretleyicinin uygulanmasindan dnce
sadece bir kez gereklidir. Ikinci isaretleyici igin ek denatiirasyon gerekliyse genelde daha kisa siire gerekir.

 Boyama protokolleri igin, karsit boya (r. hematoksilin) segmenti ilk protokoliin sonundan ¢ikarilirsa genellikle
daha iyi sonuglar elde edilir. ikinci protokol igin saklanacaktir.
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7.2 Protokol Kurulum Ekrani

Protokol
kurulumu

@5
Protokollerle calismak igin islev cubugunda Protokol kurulumu simgesine g tiklayin.

Sekil 7-1: Protokol kurulumu ekrani

Protokol kurulumu
“IHC Protocol F 1HK boyama BOND Polymer DAB System for IHG Leica 5022023 v
*IHC Protocol G 1HK boyama Bond Polymer AP Red IHC protocol Leica 5.022023 v
, “IHC Protocal H 1HK boyama Bond Oracle IHC System protocol Leica 5022023 v
A
L *IHC Protocel J 1HK boyama BOND Polymer AP RED System for IHC Leica 5.022023 v
— “IHC Protocal K iHK boyama ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 5022023 v
“IHC Protocol K- 50 Test  IHK boyama ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 5022023 v
*IHC Protocal Q iHK boyama BOND Polymer DAB System with alterad Px on IHC Leica 5022023 v
*FISH Protocol A ISH gortintileme  FISH System protocal - 30 Test Leica 5022023 v
*FISH Protocol C iSH gortintileme  FISH wash protocol Leica 5022023 v
*FISH Protocol D ISH goruntaleme  FISH wash protocol (DS9636) Leica 5022023 v
*ISH Protocol A ISH gortntaleme  BOND Polymer RNA ISH Protocal Leica 5.022023 v
“ISH Protocol B ISH gortntaleme  BOND Polymer DNA ISH Protocol Leica 5022023 v
Protokel grubu Protokol tipi Boyama yontemi Protokol kkeni Tercih edilen durum:
Boyama B o B B Bl e dien B

Protokol kurulumu ekraninda her protokolii bazi temel detaylarla birlikte liste halinde veren bir tablo vardir. Onceden
tanimlanmis tablolarda isim ve kisaltiimis ismin ilk karakteri olarak bir yildiz (*) bulunur.

Bu tablodan kopyalama, diizenleme ve rapor olusturma gibi islemler icin bir protokol secebilirsiniz. Bu islemlere tablo
Uzerindeki dugmelerden veya sag tiklama menusunden erigilir.

Tablo altindaki mentiler gosterilecek protokol tipini ayarlamanizi mimkin kilar. Boyama ve 6n boyama protokolleri
arasinda segim yapabilir ve belirli protokol tiplerini gosterecek sekilde bu seceneklerde daha hassas ayarlamalar
yapabilirsiniz (bakiniz 7.1 Protokol Tipleri). Ek olarak boyama yontemi, protokol kdkeni ve tercih edilen durumu
filtreleyebilirsiniz.
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Protokol listesindeki bilgi asagida tanimlanmistir.

Protokol adi

Protokol tipi
Aciklama

Degistiren

Degis. tarihi

Terc.

Protokoliin tam adi

Protokolln islevini tanimlar
Protokoliin islevi ve uygulamasini tanimlar

Protokolu son olusturan ve son modifiye
edeni tanimlar

Protokollin olusturuldugu veya son
degistirildigi tarih

Protokolln tercih edilen durumunu gosterir

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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Onceden tanimlanmis (Leica Biosystems)
protokolleri daima yildiz (*) ile baslar

Bakiniz 7.1 Protokol Tipleri.

Leica bir onceden tanimlanmis Leica Biosystems
protokollne igaret eder

Isaretli — bu, Reaktif Ekle ve Lam Ekle iletisim
kutusunda secilmek Gzere kullanilabilecek tercih
edilen bir protokolddir.

Isaretli degil - bu tercih edilen bir protokol degildir
ve Reaktif Ekle ve Lam Ekle iletisim kutusunda
secilme igin kullanilamaz.
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/.21 Protokol Detaylari

Protokol kurulumu ekraninda liste halinde verilen bir protokoli gorme veya diizenleme igin agmak lizere gift tiklayin
(veya vurgulayin ve A¢ secenegine tiklayin). Yazilim protokoliin detaylariyla Protokol 6zelliklerini diizenle diyalogunu
gosterir.

Onceden tanimlanmis Leica Biosystems protokolleri icin sadece tercih edilen ayar diizenlenebilir ancak diger ayarlar
kullanici protokolleriigin degistirilebilir.

Sekil 7-2: Bir kullanici protokoll igin Protokol 6zelliklerini diizenle diyalogu

Protokol 6zelliklerini duzenle

Isim IHC Protocol F

Kisaltilmis isim: IHCF

Tanim BOND Polymer DAB system for IHC

Boyama ysntemi v Tek On hazitik Son ¥ Terch Edilen
BOND-MAX ~ BOND-Il | BOND-PRIME Protokolil ige aktar Protokol tipi: IHK boyama

Tercih edilen gorantaleme sistemi: | BOND-PRIME Polymer DAB Detection System [l %

T I T N T BT
1 v

"MARKER Leica Microsystems 15:00
4 *Post Primary Leica Microsystems
7 *Peroxide Block Leica Microsystems
10 *Polymer Leica Microsystems
14 “Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems

15 *Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems

LR N N N
@

18 *BOND-PRIME Hematoxylin Leica Microsystems

‘Yikama adimlanini goster Segment yerlestir | Cogaltma | Segmenti sil

lletisim kutusu her islem moddili tipi igin bir sekme gorintiler (BOND-MAX, BOND-III ve BOND-PRIME). islem
modiulleri devreye alinmazsa, sadece BOND-MAX ve BOND-III goruntilenir. Sekmesini gormek igin en az bir BOND-
PRIME islem Modiilii devreye almalisiniz.

Ayrica, yeni bir protokol olusturdugunuzda veya kullanici protokoltinu dizenlerken goriinen bir Protokoli ige aktar
digmesi mevcuttur. Ayrintilar icin bakiniz 7.4.4 Coklu Islem Modiilii Tipleri ve Protokol Sirtimleri,

Tim protokol adimlarini (ylkama adimlari dahil) gormek igin tablo altinda Yikama adimlarini gdster segenegini segin.
Yikama adimlarini gizlemek tizere segili durumdan ¢ikarin.

Protokol 6zelliklerini diizenle diyalogu asagidaki protokol bilgilerini gosterir.

Isim Protokoliin tam ad.
Kisaltiimis isim Ornegin protokoliin lam etiketlerinde kullanilan kisaltilmis ismi.
Aciklama Protokolu tanimlayan kisa bir ifade.
Boyama yontemi (Asaglya bakin)
Protokol tipi Tip protokoliin islevine isaret eder ve izin verilen adimlar ve reaktifleri belirler.
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Tercih edilen Bu protokol igin tercih edilen gorintileme sistemi.

goruntuleme sistemi Bu on boyama protokolleri igin gegerli degildir.

Protokol bilgilerinin altindaki tablo, her protokol adimini ve 6zelliklerini listeler (bakiniz Sekil 7-2). Kullanici
protokollerindeki diizenlenebilir adimlar bu tablo dahilinde diizenlenir (bakiniz 7.4 Kullanici Protokollerini Diizenleme).

Asagidaki detaylarda tabloda gosterilir:

Adim No Protokol adimlarinin yapilmasi gereken sira

Yikama Adim yikama adimiysa isaretli

Reaktif Adimda kullanilan reaktif.

Tedarikgi Reaktifin tedarikgisi. Bu diizenlenemez.

Ortam Adim ortam sicakligindaysa isaretli

Sicaklik Varsa ortam disinda segili lam sicaklidi (yalnizca 6n boyama protokolleri).

Dahil (minimum)  Reaktifin lam {izerinde kalacagi minimum siire.

Boyama Yontemi

Boyama protokollerinde bir “boyama yontemi” kismi vardir. Tek boya ve sirali multipleks boya protokolleri asagidaki
seceneklere sahiptir:

 Tek - protokol tek boyalar igindir
« ilk - sirali multipleks boyanin ilk protokolii
» Son - sirall multipleks boyanin son protokolu
Paralel multipleks boya protokollerinde sadece tek boyama yontemi segenegi vardir: Paralel multipleks.

Boyama yontemleri hakkinda daha fazla bilgi igin bakiniz 7.1.1 Boyama Yontemleri.

Tercih Edilen Durum

Reaktif Ekle ve Lam Ekle iletisim kutusunda secilmek iizere sadece tercih edilen protokoller kullanilabilir ve bu nedenle
kullanmayi amagladiginiz protokoller tercih edilmelidir. Bunu yapmak igin Tercih Edilen kontrol kutusunu segin - tercih
edilmeyen duruma getirmek tzere secili durumdan gikarin.
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7.3 Yeni Protokoller Olusturma

Mevcut kullanici veya Leica Biosystems protokollerini kopyalayarak yeni protokoller olusturabilirsiniz. Bir protokoli
kopyaladi§inizda protokol tipi sabit kalir ve daha sonra degistirilemez. Dolayisiyla, yeni bir IHK protokoli olusturmak
istiyorsaniz mevcut bir IHK protokoliini kopyalamalisiniz; bir HIER protokoli igin meveut bir HIER protokolinii
kopyalayin vs.

Bir protokolu kopyalamak igin Protokol kurulumu ekranindaki listeden secin ve sonra Kopyala diigmesine tiklayin.
Segilen protokoliin bir kopyasi diizenlemek icin hazir bir sekilde Yeni protokol dzellikleri iginde belirir.

Yeni protokol igin 7.4.3 Protokol Kurallarr bolimunde belirtilen tim kurallara uygun benzersiz bir ad ve kisaltilmig bir
ad gerekecektir. Protokolin adini ve kisaltilmis adini degistirmek disinda, yeni protokoliiniziin baska herhangi bir
kismini degistirmeniz gerekmez. Ancak isterseniz, asagidaki 7.4 Kullanici Protokollerini Dizenleme boliminde
tanimlandidi gibi protokoliin herhangi bir kismini degistirebilirsiniz.

BOND-III veya BOND-MAX'yi diizenledikten sonra Kaydet segenegine tiklayin. Protokol kurallara uyuyorsa "riski kabul
ederek" bir protokol olusturdugunuzu dogrulamaniz istenecektir. Bu mesaj, Leica Biosystems'in kullanici tarafindan
olusturulan veya diizenlenen herhangi bir protokolden sonuglarin kalitesini tahmin edemeyecedini hatirlatir. Devam
etmeyi kabul ettiginizi dogruladiktan sonra protokol degisiklikleri kaydedilecektir.

BOND-PRIME igin bakiniz BOND-PRIME belirli protokol kurallar:.

‘ Tim protokoller kullaniimadan once laboratuvariniz tarafindan dogrulanmalidir.
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7.4  Kullanici Protokollerini Duzenleme

Kullanicr protokollerini Protokol dzelliklerini diizenle diyalogunu kullanarak diizenleyebilirsiniz (ancak Leica
Biosystems protokollerini diizenleyemezsiniz). Bir protokolii diizenlemek igin Protokol kurulumu ekranindaki listeden
secin ve sonra Ag lizerine tiklayin (veya protokole cift tiklayin). Alternatif olarak yeni bir protokold, ayni tipte meveut bir
protokol kopyalayip sonra diizenleyerek konfigiire edin (bakiniz 7.3 Yeni Protokoller Olusturma).

Boyama protokollerinde reaktif adimlari eklenebilir ve ¢ikarilabilir ve yeni reaktifler ve inkiibasyon siireleri ayarlanabilir.
Ek yilkama adimlari eklenebilir veya ¢ikarilabilir.

*|sitma ve Deparafinizasyon protokolleri igin, sadece Isitma adiminin stresini ve sicakligini degistirebilirsiniz. Diger on
boyama protokolleri igin (HIER, enzim), bazi adimlar igin sicakliklar ve inkiibasyon siireleri degistirilebilir. izin verilebilir
duzenlemelerin bir listesi igin bakiniz 7.4.3 Protokol Kurallari.

Yeni reaktif damlatiimasindan sonra yikama adimlari gerektiginden, bir boyama protokoline yeni reaktif adiminin
konmasi, reaktif adimindan ve sonra i yikama adimindan olusan (BOND-III ve BOND-MAX) veya iki yikama adimindan
(BOND-PRIME) olusan bir protokol "segmenti" otomatik olarak ekler.

Bir protokolii diizenlerken, degistirirken veya tiim gerekli bilgilere sahip yeni adimlarda sol tarafta yesil bir cubuk
mevcuttur. Ek bilgiler gerektiren adimlar kirmiza gubuga sahiptir.

Diizenleme sirasinda protokol adimlarinin timiini goriintileyebilir ya da tablonun altindaki Yikama adimlarini goster
secenegini kullanarak yikama adimlarini gizleyebilirsiniz.

Bir protokolu olusturma ve kaydetme imkani amaglanan kullanim igin uygun oldugu anlamina
gelmez. Olusturdugunuz veya diizenlediginiz her protokoli test etmek ve dogrulamak icin sorumluluk
almaniz gerekir.

Bu bolim asagidaki konulari igerir:

e 7.4.1 Protokol Adimlarini Diizenleme

7.4.2 Protokol Adimlari Ekleme ve Cikarma
7.4.3 Protokol Kurallari

7.4.4 Goklu islem Modiilii Tipleri ve Protokol Stiriimleri
7.4.5 Protokolleri Silme

7.4 Protokol Adimlarini Dizenleme

Yeni protokol 6zellikleri iletisim kutusunda yeni bir protokol yapilandirmak veya Protokol 6zelliklerini diizenle iletisim
kutusunda mevcut bir protokolu dizenlemek igin asagidaki talimatlari izleyin. Gegerli bir protokol olusturdugunuzdan
emin olmak igin bakiniz 7.4.3 Protokol Kurallar:.

Bir protokoli her kaydettiginizde sistemde bir kopya saklanir. Bir protokol raporu olusturdugunuzda (bkz. 7.5 Protokol
Raporlari), protokoliin etkinlestirildigi tarihi segmeniz gerekir. Gok sayida ve gereksiz protokol versiyonu
bulunmasindan kaginmak icin protokolleri sadece konfigtrasyon bittiginde kaydedin.
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1 Yeni protokoller igin bir protokol adi ve bir kisaltilmis ad girin.

N w0

Opsiyonel olarak protokol tanimini yazin.
Boyama protokollerinin boyama yontemini ayarlayin (bakiniz 7.1.1 Boyama Yontemleri).

Protokoliin Tercih edilen durumunu ayarlayin ( Tercih Edilen Durum bakiniz).

5 Boyama protokolleriigin protokolle kullaniimak tizere bir goriintiileme sistemi Tercih edilen goriintiileme agilir
listesinde segin.

6 Protokol igin gerekli adim sayisini elde edinceye kadar protokol adimlari ekleyin veya gikarin (bakiniz
7.4.2 Protokol Adimlari Ekleme ve Cikarma).

7 Sadece BOND-MAX veya BOND-III igin duizenlenebilir parametreleri, oncelikle degistirmek istediginiz
parametreye cift tiklamak suretiyle yeni ve mevcut protokol adimlarinda degistirin:

a
b

C

BOND 7 Kullanicr El Kitabl, 49.7556.530 A06

BOND-MAX veya BOND-IIl i¢in agagi acilir listeden bir reaktif segin.
BOND-PRIME igin, 7.4.2.1 Reaktif Segmentleri igindeki kurallara bakin.

Not: IHK protokollerinde primer antikor kullanilan yerlerde, adimi gostermek igin *ISARETLEYICI segin.
Yikama adimlari igin sadece *BOND Wash Solution veya * Deiyonize Suyun kullanilabilecegine dikkat edin.

inkiibasyon siiresini dakika ve saniye olarak (dd:ss) ayarlayin. Bu lamin sonraki adimdan 6nce bekledigi
minimum suredir. stresi sinirlarrigin 7.4.3 Protokol Kurallari, step kismina bakiniz.

Genel olarak:

» BOND-MAX veya BOND-IIl reaktif uygulama adimlariigin Leica Biosystems, 30 dakikayr agsmayan
inkiibasyon streleri onerir. Daha uzun sireler gerekliyse ayni reaktifi damlatmak lzere kopya
adimlar olusturun (bakiniz 7.4.2.2 Kopyalanmis Reaktif Adimlari). Bu BOND-PRIME protokolleri
icin gecerli degildir.

» BOND-PRIME reaktif uygulama adimlarrigin Leica Biosystems, 20 dakikayr asmayan inkiibasyon
sureleri onerir. Minimum inkiibasyon streleri igin bakiniz BOND-PRIME belirli protokol kurallari.

Genel olarak reaktif uygulama adimlari igin Leica Biosystems 30 dakikay! gegmeyen inkiibasyon sireleri
onerir. Daha uzun siireler gerekliyse ayni reaktifi damlatmak tizere kopya adimlar olusturun (bakiniz
7.4.2.2 Kopyalanmis Reaktif Adimlar).

Genel olarak reaktif uygulama adimlari igin Leica Biosystems 30 dakikayl gegmeyen inkiibasyon sireleri
onerir.

Sicakligi ayarlayin (on boyama protokollerinde bazi adimlar igin).

Ortam sicaklidi olmayan bir sicaklik ayarlamak isterseniz, 6ncelikle Ortam parametresinin isaretini
kaldirin. Ardindan bos Sicaklik parametresini secin ve sicakligi Celsius cinsinden tam sayi olarak girin.

Bir sicakligi ortam sicakligina degistirmek istiyorsaniz, Ortam parametresini segin ve ardindan isaretleyin.
izin verilen sicaklik araliklari igin 7.4.3 Protokol Kurallari, step kismina bakiniz.

Degistirilen parametreleri onaylamak igin herhangi bir adima tiklayin.
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7 Protokoller (BOND Kontroldrde)

7.4.2  Protokol Adimlari Ekleme ve Cikarma

IHK ve ISH protokollerinde adimlar ekleyebilir ve gikarabilirsiniz ancak 6n boyama protokollerinde bunu yapamazsiniz.
Adimlari protokol adim tablosu altindaki digmelerle ekleyin veya ¢ikarin. Digmeler baglama duyarlidir ve
kullanilabilirlik ve iglevleri segilen adima gore degisir.

Detayli talimatlar icin asagidaki kisimlara bagvurun:
e 7.4.2.1 Reaktif Segmentleri
e 7.4.2.2 Kopyalanmis Reaktif Adimlari
o 7.4.2.3Yikama Adimlari

7.4.2.1 Reaktif Segmentleri

Yeni bir reaktif segmenti eklemek igin (bir reaktif adimi ve iig¢ zorunlu yikama adimi (BOND-IIl ve BOND-MAX) veya iki
zorunlu yikama adimi (BOND-PRIME)):

1 Birreaktif segin ve Segment ekle ogesine tiklayin. Yeni segment soz konusu reaktifin Uzerine eklenir.

‘ Son reaktifi segerseniz yeni segmenti reaktifin altina yerlestirmeyi segebilirsiniz.

Yeni protokol 6zellikleri
isim IHC Protocol F - 1
Kisaltimis isim HC F1
Tanim: BOND Polymer DAB system for IHC
Boyama yontemi v Tek On hazriik Son v/ Tercih Edilen
BOND-MAX | BONDAI  BOND-PRIME Protokolil ige aktar Protokol tipi: IHK boyama
Tercih edilen goruntaleme sistemi: |~ Bond Polymer Refine Detection - @
1 “Peroxide Block Leica Microsystems v 500 3
2 v “Bond Wash Solution Leica Micrasystems v 0.00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
4 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
5 "MARKER Leica Microsystems 1500
6 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
8 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
| Yikama adimlarini goster Segment yerlestir | | Goaltma | Segmenti sil
Kaydet Iptal
BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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Listede yeni bir segment (reaktif ve yilkama adimlariyla) belirir. Yikama adimlari kaydedilmis protokolden bir
dedgisikligi gostermek izere yesil renktedir. Bu reaktif adimi, ilgili adim icin bir reaktif segmenizi gosterecek

sekilde kirmiza gubuga sahiptir.

‘Yeni protokol ozellikleri
isim IHC Protocol F - 1
Kisaltims isim. IHC F1
Tanim: BOND Polymer DAB system for IHC
Boyama yontemi v Tex On hazriik Son | Tercin Edien
BOND-MAX | BONDAI  BOND-PRIME Protokolil ige aktar Protokol tipi: IHK boyama
Tercih edilen gorintileme sistemi: | Bond Polymer Refine Detection g
T T N T T
1 “Peroxide Block Leica Microsystems v 500
2 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
3 “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
I 5 “MARKER Leica Microsystems 10:00
I 6 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
I 7 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
I 8 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
| Yikama adimlarini gaster Segment yerlestir | Gogaltma | Segmenti sil

2 Bos Reaktif parametresine tiklayin ve acllir listeden dilediginiz reaktifi segin.

Yeni reaktif ve ylkama adimlarinin diger parametrelerini gerektigi sekilde diizenleyin.

3 Kaydet secenegine tiklayin.

Bir onay iletisim kutusu goruntulenir.

Protokoll kaydet

Dikkat:

Kaydedilen protokol Leica Biosystems tarafindan
dogrulanmamigtir.

Birden fazla tirde BOND isleme modilleriniz varsa
protokoldn her iki versiyonunun esdeger boyama

performansi sunmasini saglamak sizin
sorumlulugunuzdadir.

Devam etmek istiyor musunuz?

4 Evet secenegine tiklayin.

Bir segmenti ¢ikarmak icin reaktifi segin ve Segmenti Sil secenegine tiklayin. Kopyalanmis reaktifi olan bir segmenti

silmek icin once kopyayi silin.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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BOND-PRIME icinde en iyi boyama sonuglarrigin:

« Kromojen segmentini SILMEYIN
* Bir reaktif segmentini yeniden ADLANDIRMAYIN
« Polimerden sonra Peroksit Blogunu DIZILEMEYIN.

7.4.2.2  Kopyalanmis Reaktif Adimlar
Bir kopyalanmis adim, iki veya daha fazla ayni reaktifin arada yikama adimi olmadan birbirini izledigi yerlerdir.

1 Adim listesinden kopyalanacak reaktif adimini segin.

Cogaltma secenegine tiklayin.

x
Protokol dzelliklerini dizenle
Isim IHC Protocol F - 2
Kisaltilmis isim: IHC F2
Tanim: BOND Polymer DAB system for IHC
Boyama yantemi: v Tek On hazirlik Son +'| Tercih Edilen
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Protokolii ige aktar Protokol tipi: IHK boyama

Tercih edilen gorantileme sistemi: | Bond Polymer Refine Detection n @
Crombo | viama |~ o | ik | O | Scawk | e |

1 *Peroxide Block Leica Microsystems v 5:.00 =

2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00

3 vy *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00

5 *MARKER Leica Microsystems s 15:00

6 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

& v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

o L TR U S, 1 nlne Alncnncndnonn - o.nn -
" Yikama adimlarini géster Segment yerlestir || Codaltma || Segmenti sil

[ ]
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2 Mevcut adimin tizerine, mevcut adimla ayni parametrelere sahip yeni bir adim eklenir.

Yeni adim kaydedilen protokolden bir degisiklige isaret etmek lizere yesil cubugda sahiptir.

x
Protokol ozelliklerini diizenle
Isim: IHC Protocol F -2
Kisaltilmig isim IHC F2
Tanim: BOND Polymer DAB system for IHC
Boyama yontemi: + | Tek On hazirlik Son + | Tercih Edilen
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Protokolu ige aktar Protokol tipi: IHK boyama
Tercih edilen gorantileme sistemi: | Bond Polymer Refine Detection n g
T R T O I e T
1 *Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00 5
2 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems 4 000
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
4 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems o 0:00
‘ I 5 *MARKER Leica Microsystems Ev 15:00
6 *MARKER Leica Microsystems o 15:00
T v *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
8 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 000
o - ELa TR T TR M I alna RBnrnnsmdnmnn - n-nn i
+ Yikama adimlann goster Segment yerlestir | Cogaltma | Esit olam sil

3 Gerekirse yeni adim igin inkiibasyon suresini duzenleyin.

Kopyalanmis bir adim igin reaktif tipini degistirirseniz siradaki tim diger reaktif adimlari da
degisir - kopyalanmis adimlar ayni reaktifi kullanmalidir.

BOND 7 Kullanici EI Kitabi, 49.7556.530 A6 176

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
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4 Kaydet secenegine tiklayin.

Bir onay penceresi gorintilenir.

Protokoll kaydet

Dikkat:

Kaydedilen protokol Leica Biosystems tarafindan
dogrulanmamisgtir.

Birden fazla tirde BOND isleme modilleriniz varsa
protokolin her iki versiyonunun esdeger boyama

performansi sunmasini sadlamak sizin
sorumlulugunuzdadir.

Devam etmek istiyor musunuz?

Cem [

5 Evet secenegine tiklayin.

Kopyalanmis bir adimi silmek igin segin ve Esit olani sil kismina tiklayin.

7.4.2.3  Yikama Adimlari

Yikama adimlari eklemek lamlarda fluidik ozelliklerini degistirip boyanmanin koti olmasina yol agabilir. Diagnostik
kullanim oncesinde yeni veya diizenlenmis protokolleri daima dogrulayin.

Bir kromojen veya Hematoksilin adimindan once ve sonra deiyonize suyla yikama adiminin uygulanmasi onerilir.

Yikama adimlarini goremiyorsaniz, adim listesi alaninin altindaki Yikama adimlarini goster segenek
digmesini segin.
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Ek bir yikama adimi eklemek igin:

1 Adim listesinden mevcut yikama adimini (ISH ve IHC protokolleri) segin.

2 Yikama yerlestir secenegine tiklayin.

x
Protokol dzelliklerini dizenle
isim: IHC Protocol F - 2
Kisaltimis isim IHC F2
Tamim: BOND Polymer DAB system for IHC
Boyama ydntemi +  Tek On hazifik Son +  Tercih Edilen
BOND-MAX BOND-IlI BOND-PRIME Protokolii ige aktar Protokol tipi: IHK boyama
Tercih edilen goruntileme sistemi: |~ Bond Polymer Refine Detection - Q
e e s ——
*Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems. s 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems s 15:00
6 "MARKER Leica Microsystems. v 15:00
7 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
a . EP L e [T - . nnn S
' Yikama adimlanin géster | |
B

Hem iSH hem de IHK protokolleri icin mevcut yikama dizisinin sonuna yeni bir yikama adimi eklenir.

Yeni yilkama adimi kaydedilen protokolden bir degisiklige isaret etmek lzere yesil gubuda sahiptir.

x
Protokol ozelliklerini duzenle
Isim IHC Protocol F - 2
Kisaltilmis isim IHC F2
Tamim: BOND Polymer DAB system for IHC
Boyama yantemi «  Tek On hazirk Son + | Tercih Edilen
BOND-MAX BOND-IlI BOND-PRIME Protokolil ige aktar Protokol tipi: IHK boyama
Tercih edilen gérantiileme sistemi Bond Polymer Refine Detection - @
e = L
*Peroxide Block Leica Microsystems v 500
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
‘I 5 s “*Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
6 "MARKER Leica Microsystems v 15:00
7 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
a . nan ' . ann -
+  Yikama adimlarini goster Yikama yerlestir | | Yikamayi sil
[

3 Adim listesinde gerektigi sekilde yikama adimi parametrelerini modifiye edin.
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4 Kaydet secenegine tiklayin.

5 Onay penceresinde Evet ogesine tiklayin.

Bir yikama adimini silmek igin segin ve Yikamayi sil segenegine tiklayin. Hem iSH hem de IHK protokolleri igin sadece
bir yikama sirasinda yalnizca zorunlu adimlari izleyen yikama adimlarini gikarabilirsiniz.

Yeni protokol 6zellikleri

fsim: IHC Protocel F

Kisaltilmis isim IHCF

Tamim: BOND Polymer DAB system for IHC

Boyama yéntemi: «  Tek On hazirhk Son + Tercih Edilen
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Protokolii ige aktar Protokol tipi: IHK boyama

Tercih edilen goruntuleme sistemi: | Bond Polymer Refine Detection - g

1 i

*Peraxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems o 0:00

3 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

4 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
I 5 « “Bond Wash Solution Leica Microsystems ,/ 0:00
6 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems o 0:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
o - P | mim B meimtmm
+  Yikama adimlarini goster Yikama yerlegtir | || Yikamay sil
[

/7.4.3  Protokol Kurallari

Olusturdugunuz veya diizenlediginiz herhangi bir protokol kaydedilmeden dnce bazi temel kurallara uymalidir.
Protokol kullanildiginda bu kurallarin kabul edilebilir sonuglar olusturacagini garanti etmedigine litfen dikkat edin.

1 Protokol ismi agagidaki ozelliklere sahip olmalidir:
a benzersiz olmalidir;
b bir bosluk veya yildiz disinda bir karakterle baglamalidir.

2 Protokol kisaltiimis ismi asagidaki ozelliklere sahip olmalidir:

a benzersiz olmalidir;
b bir bosluk veya yildiz disinda bir karakterle baslamalidir;
c en fazla 8 karakter olmalidir.
3 Tim IHK protokollerinde en az bir isaretleyici adimi olmalidir.
4 Tim boyama protokollerinde Leica Biosystems goriintiileme sisteminden en az bir reaktif olmalidir.

5 Reaktif adimlarindan sonra iig yikama adimindan en az biri (BOND-IIl ve BOND-MAX igin ya da BOND-PRIME
icin iki yikamal adim [en az]) veya ayni reaktif gelmelidir.
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6 Boyama protokolleri igin, son ¢ adim yikama adimlari olmalidir.
7 Boyama protokolleriigin, tim adim sicakliklari ortam sicakligi olmalidir.

8 On boyama protokolleri igin 1sitmali adim sicakliklari asagidaki tablodaki araliklar dahilinde olmalidir.

Protokol Adimi Sicaklik Araligi (°C)

Isitma ve Deparafinizasyon, isitma adimi 35-72
Is1 6n iglemi (BOND-IIl ve BOND-MAX) 35-100
Is1 on islemi (BOND-PRIME) 35-104
Enzim on iglemi 35-100
Denatirasyon 70-100
Hibridizasyon 37-65

9 Adim inkiibasyon sireleri dakika ve saniye (dd:ss) olarak ayarlanmali ve asagidaki tablodaki araliklar dahilinde
olmalidir. Bu araliklarin kullanilmasi mecbur degildir:

Protokol Adimi inkiibasyon Aralig: (dakika)

Isitma ve Deparafinizasyon, isitma adim 0-60
Is1 on islemi (ortam sicakhigi adimlart) 0-15
Ist on islemi (BOND-III ve BOND-MAX i1sitmali adimlar) 5-60
Isi 0n islemi (BOND-PRIME isitmali adimlar) 2-20
Enzim on islemi (adim 1) 0
Enzim on islemi (enzim adimlari) 0-15
Denatirasyon 5-20
Hibridizasyon 20-950
Boyama protokolleri, reaktif adimlari 0-60
Boyama protokolleri, yikama adimlari 0-55

10 Her adim bir reaktif, inkiibasyon siiresi ve (gecerli durumda) sicaklikla eksiksiz sekilde tanimlanmalidir.

11 Tek boyali ve siral multipleks boyali protokollerde, protokol dahilinde maksimum iki adimda kullanilan, protokol
basina yalnizca bir karisik reaktif (orn. karisik DAB) bulunabilir. Sirali bir multipleks boya islemi, her protokolde
bir tane olmak iizere iki karisik reaktif ve her protokolde iki tane olmak tzere en fazla dort uygulama adimi
icerebilir.

Paralel multipleks boya protokollerinde iki karisik reaktif olabilir ve her karigik reaktif, protokolde iki kereye
kadar uygulanabilir.
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12 Boyama protokollnun karma reaktifi/reaktiflerini yapmak igin gereken bilesenler, protokoliin tercih edilen
algilama sisteminden temin edilmelidir.

BOND-PRIME belirli protokol kurallari

Isi alma

Kullanicr tarafindan diizenlenen BOND-PRIME HIER protokoliindeki bir adim, 20 dakikalik inkiibasyon siiresini agamaz.
Daha uzun bir protokol olusturmak igin mevcut bir HIER protokolini kullanin, or. ER2 ile *HIER 40 dk veya istenen
inkiibasyon stresine kisaltmak icin daha uzun bir protokolii degistirin. Ornegin, 25 dakikalik bir ER2 HIER protokoli
olusturmak icin:

1 *HIER'I 30 dk ER2 ile kopyalayin.

Yeni protokol 6zellikleri

Isim: [ *HIER 30 min with ER2 ]
Kisaltilmig isim: [ *H2(30) ]
Tanim: 30 min Heat Refrieval using ER2
+| Tercih Edilen
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Protokolii ige aktar Protokol tipi: Isi én iglemi

Sek | |
1

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems vy 0:00
2 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20:00
3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 10:00

Yikama adimlanim géster
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2 Ikincisitilan adimi 10 dakikadan 5 dakikaya degistirin, ardindan Kaydet Ggesine tiklayin.

Yeni protokol ozellikleri

Isim: HIER 25 min with ER2
Kisaltlmis isim: H2(25)
Tanim: 25 min Heat Retrieval using ER2
+| Tercih Edilen
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Protokolii ige aktar Protokol tipi: Isi én islemi

[ o | viams | Fosat | Todark Seaik i |
1

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems. v 0:00
2 *Bond ER Saolution 2 Leica Microsystems 104 20:00
I 5 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 5:00

|:\ Yikama adimlarini gdster

2 8

Boyama

Her reaktif adiminin protokol islem modiiliinde kabul edilmesi gereken bir minimum inkiibasyon siresi vardir.
Asagidaki tabloda, BOND-PRIME uzerinde kabul edilebilir bir protokol igin minimum inklibasyon siresi
gosterilmektedir.

Tablo 7-1: *IHC F ve *IHC J i¢in BOND-PRIME (izerinde kabul edilen minimum inkiibasyon siiresi

*IHC Protocol F *IHC Protocol J
Adim Minimum inkiibasyon Adim Minimum inkiibasyon

Siiresi (dk) Siiresi (dk)
Isaretleyici 9:00 Isaretleyici 9:00
Birincil Sonrasi 5.00 Birincil AP Sonrasi 11:00
Peroksit Blogu Gegerli Degil Polimer AP 16:00
Polimer 5.00 Karisik RED-PRIME 2:00
Karisik DAB-PRIME 2:00 Karisik RED-PRIME 2:00
Karisik DAB-PRIME 2:00 BOND-PRIME Hematoxylin Gegerli Degil
BOND-PRIME Hematoxylin 3:00
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Yukarida belirtilenden daha kisa bir siire igin bir BOND-PRIME protokol adimi ayarlarsaniz, BOND kontrolori protokol
kaydetmenize izin verecektir. Ancak lam islem modiiliindeki On Yiikleme Gekmecesine yiiklendiginde asagidaki hata
mesajl goruntilenir:

“Lam islenemiyor. Gegersiz protokol tanimi. Lami On Yiikleme Cekmecesinden cikarin ve ardindan protokolii
kontrol edin. Sorun devam ederse Msteri Hizmetleri (29012) ile iletisime gegin”.

Lamlar su anda ARC Modiillerinde galigiyorsa islem moddlini yeniden baslatmadan once bu lamlarin iglerini
bitirmesine izin verin.

7.4.4  Coklu Islem Modiili Tipleri ve Protokol Strtimleri

BOND, BOND-III ve BOND-MAX islem modiillerine sahip BOND-PRIME sistemleri icin, her protokolde g cihaz tipi igin
ayri versiyonlar bulunabilir.

Leica Biosystems protokolleri test edilmis ve BOND sistemlerinde kullaniimak izere optimize edilmistir. Bu protokoller
titizlikle test edilmis ve Leica Biosystems tarafindan dogrulanmistir.

‘Ayni” protokoltn farkli versiyonlari, asagidakiler gibi donanim farkliliklarini barindirir:

« BOND-lll islem Modiillerinde daha hizli sogutma (lamlarin genellikle, sogutulan lamlarin BOND-MAX
versiyonlarinda ilgili adimlara kiyasla BOND-III protokol versiyonunda daha kisa oldugu protokol adimlari)

« BOND-PRIME iizerindeki Aktif Reaktif Kontrol (ARC) Modiillerinin yeni gekirdek teknolojisi.

Bazi protokol versiyonu farkliliklari, yazilimdaki adim listesinde goriilemez, or. BOND-III protokol versiyonlari, kimyasal
sivi robotlari igin gizli talimatlar igerir; BOND-MAX islem Modiillerinde mevcut degildir.

Tum BOND sistemlerinde, tamami onceden tanimlanmig protokollerin BOND-III, BOND-MAX ve BOND-PRIME
versiyonlari vardir.

Ancak sisteme yeni bir islem modiili tipi eklenirse, yeni islem modiili tipi igin mevcut kullanici tarafindan tanimlanmis
protokollerin yeni bir versiyonunu olusturmalisiniz. Bunu, Leica Biosystems onceden tanimlanmig protokolleri ige
aktararak yapin ve ardindan adimlari gerektigi sekilde kopyalayin veya degistirin (bakiniz 7.4.4.1 Bir Protokol
Versiyonunu ice Aktarma).

BOND-PRIME igin, laboratuvariniz onceden tanimlanmis Leica Biosystems protokollerin daha fazla
degistirilmesini gerektiriyorsa (or. *IHC F veya *IHC J) , sunlari yapmalisiniz:
« Oncedeb tanimlanmis protokolii laboratuvarin mevcut protokoliine aktarin/kopyalayin.
Bakiniz 7.4.4.1 Bir Protokol Versiyonunu Ige Aktarma.

» Tablo 7-1 *IHC F ve *IHC J igin BOND-PRIME Uzerinde kabul edilen minimum inkiibasyon
suresiiginde listelenen minimum inkiibasyon surelerini izleyin.

» BOND-PRIME Uzerinde kullanim igin optimize edildiginden BOND-PRIME boyama sirasini
izleyin. Bakiniz 7.1.2 Protokol Siralari.
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7.4.41 Bir Protokol Versiyonunu ige Aktarma

Yeni bir cihaz tipi igin bir protokol versiyonu olusturmak tizere asagidaki talimatlari izleyin. Bu yontem ayrica mevcut
protokol versiyonlarinin tzerine yazmak icin kullanilabilir ancak baslangi¢ konfigiirasyonundan sonra bu islemin
genelde gerekmemesi beklenir.

Protokoller yalnizca ayni islem moddild tirlerine aktarilabilir, 6rnegin BOND-III, BOND-III'e ve BOND-PRIME, BOND-
PRIMEa.

1 Protokol kurulumu ekraninda yeni bir versiyonunu olusturmak istediginiz kullanici protokolinu segin.
2 Ag secenegine tiklayin.
Protokol 0zelliklerini diizenle diyalogu agilir.

3 Protokolii ie aktar 6gesine tiklayin.

Yeni protokol ozellikleri

Isim: Lab Protocol

Kisaltilmig isim: Import

Tamim: BOND Polymer DAB system for IHC

Boyama yontemi | Tek QOn hazithk Son «' | Tercih Edilen
BOND-MAX BOND-IIl BOND-PRIME Protokolu ige aktar Protokol tipi: IHK boyama

Tercih edilen gordntileme sistemi; | BOND-PRIME Polymer DAB Detection System n ﬁ

Yikama adimlanini goster Segment yerlegtir

4 Protokolii ige aktar diyalogu agilir.

5 iglem modiilleri agilir listesinde yeni cihaz tipini segin.

Protokolii ice aktar

islem modiilleri | BOND-PRIME -

Diyalogda goruntulenen protokollerin listesi, sadece segilen cihaz tipi igin versiyonlari olan protokolleri
gostermek tizere guncellenir.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06 184
Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



7 Protokoller (BOND Kontroldrde)

6 Istege bagl olarak, sadece tercih edilen veya tiim protokolleri gostermek igin Tercih edilen durum segenegini

secin veya secili durumdan gikarin.

islem modiilleri  BOND-PRIME
*IHC Protocol F~ IHK boyama
*IHC Protocol J  IHK boyama

*HC Protocol @ IHK boyama

Protokolu ice aktar
Tercih Edilen
BOND-PRIME Polymer DAB Detection.. BOND Polymer DAB System for IHC 4
BOND-PRIME Polymer AP Detection.. BOND Polymer AP RED System for IHC v
BOND-PRIME Polymer DAB Detection BOND Polymer DAB System with altered v

7 Listeden igeri aktarmak Uzere bir protokol segin.

« Protokol, IHC igin BOND Polymer AP Red System iginse, *IHC J 6gesini segin.

« Gerekli tespit kiti igin varsayilan protokolu segin

En iyi protokol uygulamalar:
 Protokol, IHC igin BOND Polymer DAB System icinse, *IHC F 6gesini segin.

Daha sonra konfiglirasyonu kolaylastirmak Uzere, yeni bir versiyonu olusturacaginiz protokole miimkiin
oldugunca benzer bir protokol segin. Ornegin, ayni goriintiileme sistemini kullanan ve miimkiinse ayni adim

sayisina sahip bir protokol segin.
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7 Protokoller (BOND Kontroldrde)

8 Ige Aktar secenegine tiklayin.

Protokolii ige aktar diyalogu kapanir. Protokol zelliklerini diizenle diyalogunda yeni cihaz tipi sekmesinde ige
aktarilan protokol versiyonu gordldr.

Protokol 6zelliklenni diizenle
fsim: Lab Protocol
Kisaltilmis isim Import
Tamm: BOND Polymer DAB system for IHC
Boyama yontemi: + | Tek On hazidik Son + Tercih Edilen
BOND-MAX BOND-II BOND-PRIME Protokolii ige aktar Protokol tipi: IHK boyama

Tercih edilen gérantdleme sistemi BOND-PRIME Polymer DAB Detection System - @
T e T Seame | @ |

1 *MARKER Leica Microsystems + 15:00

4 *Post Primary Leica Microsystems v 8:00

7 *Peroxide Block Leica Microsystems s 3.00

10 “Polymer Leica Microsystems v 8:00

14 *Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems v 5:00

15 *Mixed DAE - PRIME Leica Microsystems o 5:00

18 *BOND-PRIME Hematoxylin Leica Microsystems v 4:00

Yikama adimlanm géster Segment yerlestir | Cogaltma | Segmenti sil

Iptal

‘ Yalnizca segili cihaz tipi igin sekme giincellenir.

9 Yeni protokol siirimiini gerektigi sekilde diizenleyin (bakiniz 7.4.7 Protokol Adimlarini Diizenleme). Veri
kaybetmeden islem modiili sekmeleri arasinda tiklama yapabilirsiniz.

10 Kaydet secenegine tiklayin.

Protokollerin her iki iglem modulu tipi i¢in esdeger boyama sagladigini dogrulamak
kullanicinin sorumlulugundadir.

7.45  Protokolleri Silme

Bir kullanici protokoliini silmek icin Protokol kurulumu ekranindaki listeden segin ve Sil secenegine tiklayin.

Onceden tanimlanmis Leica Biosystems protokolleri (yildiz ile baslayan) silinemez. Ancak bunlari gizleyebilirsiniz -
protokolleri agin ve Tercih Edilen segenegini segili durumdan gikarin ve sonra Protokol kurulumu ekranindaki Tercih
edilen durum filtresini “Tercih Edilen” olarak ayarlayin.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06 186
Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
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7.5  Protokol Raporlari

Protokol raporlari segilen protokoller i¢in adim detaylarini gosterir. Bir rapor olusturmak tizere Protokol kurulumu
ekranindaki listeden bir protokol secin ve sonra Rapor secenegine tiklayin. Sistemde goklu islem modulu tipleri varsa,
istediginiz protokol versiyonu igin islem modiilu tipini secin ve ardindan Rapor olustur 6gesine tiklayin. Raporun
olusturulacag tarihi de segebilirsiniz. islem bittiginde Rapor olustur 6gesine tiklayin.

Rapor yeni bir pencerede gosterilir. Raporun sag Ustl asagidaki tablodaki bilgiyi gosterir:

T s

Tamisim
Kimlik
Tip
Olusturan

Olusturma tarihi

Kurum

Boyama durumu

Protokolln tam ismi

Protokolln benzersiz tanimlama numarasi.
Protokol tipi (bakiniz 7.1 Protokol Tipleri).
Gosterilen versiyonu olusturan kisinin adi.

Onceden tanimlanmig protokoller igin, protokoliin BOND Veri Tanimlari (BDD)
guincellemesinde ige aktarildigi tarih ve saat. Kullanici tarafindan tanimlanmis protokoller
icin olusturma tarihi ve zamani.

Uygulama istemcisi Laboratuvar Ayarlari ekraninda verildigi sekilde kurumun adi (bakiniz
10.5.7 Laboratuvar Ayarlari).

Protokoliin multipleks veya tek boyama agisindan uygun oldugu roller (bkz. Boyama
Yontemi).

Raporun temel bolimd her adim igin asagidakileri gosterir:

* Reaktif ve tedarikgisi

« Adim tipi (reaktif veya yilkama)

« Inkiibasyon siresi

o Sicaklik

« Damlatma tipi (Covertile pozisyonu ve damlatma hacmini tanimlar - servis temsilciniz tarafindan istenebilir)

Rapor penceresi ve yazdirma segenekleri hakkinda daha fazla detay igin bakiniz 3.7 Raporlar.
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7 Protokoller (BOND Kontroldrde)

7.6 Onceden Tanimlanmis Protokoller

Asagidaki kisimlar BOND yaziliminin bir pargasi olarak saglanan onceden tanimlanmis protokollerin detaylarini verir.

Eger sonraki yazilim gikisindan once guncellenirse listedeki protokoller degisebilir. Asagidaki liste yayim tarihinde
glinceldir. Ayrica bazi protokollerin BOND-PRIME islem Modiilinde heniiz kullanilamayacagini unutmayin.

» 7.6.1 Boyama Protokolleri

« 7.6.2 On Boyama Protokolleri

7.6.1  Boyama Protokolleri

Her boyama protokolu belirli bir BOND gorintileme sistemini kullanmak tizere tasarlanmigtir.

Her gariintileme sistemi konusunda detayli bilgi icin litfen her Urtinle gelen literatlire bagvurun veya Leica
Biosystems web sitesini ziyaret edin: www.leicabiosystems.com.

Bu protokolleri, kendi 6zel protokolleriniz igin temel yapi tasi bloklar olarak protokol diizenleme iglevlerini kullanma
yoluyla kullanabilirsiniz (bakiniz 7.3 Yeni Protokoller Olusturma ve 7.4 Kullanici Protokollerini Diizenleme).

Asagida liste halinde verilen protokollerden bazilari, bolgenizde yasal onayi olmayan gorintileme sistemleriyle
kullanilmak igindir. Bu protokoller yaziliminizda belirmeyecektir.

7.6.1.17 [HK
Tercih Edilen Goriintiileme Sistemi Notlar
Goriintiileme Sistemi
*IHC Protocol F Bond Polymer Refine BOND sisteminde kullanilmak tizere optimize edilmis bir ytksek
Detection amplifikasyonlu, biotinsiz gortintuleme sistemi. Yiksek yogunlukta

boyamayla hedef antijenlerde detayli bir tanimlama saglar.

*IHC Protocol H Bond™ Oracle™ HER?2 Yiksek duyarli bir Compact Polymer tabanli goriintiileme sistemiyle
IHC System birlikte HER2 primer antikor ve HER2 negatif kontrolden olusan tam
bir HER2 goriintlileme sistemi.

Kargi boyamaya kadar tam otomatik, tutarli, HER2
immiinohistokimyasal profili saglayan HER2 profili spesifik kontrol
Kullanilabilirlik yasal onaya - |amlari sisteme dahildir.

NOT:

tabidir.
*IHC Protocol J BOND Polymer Refine  in vitro kullanim igin hematoksilen karsi boyama (mavilestirme
Red Detection dahil) ile birlikte alkalen fosfataz yoluyla parlak kirmizi immiin

boyama saglayan yiksek duyarlilikli bir Compact Polymer sistemi.
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Tercih Edilen Goriintiileme Sistemi Notlari
Goriintiileme Sistemi

*IHC Protocol K ChromoPlex™ 1 Dual In vitro kullanim icindir ve dokuya bagi fare ve tavsan IgG primer
Detection (100 test) antikorlarinin goriintilenmesi amaghdir.

BOND sisteminde formalin fiksasyonlu, parafine gomiili kesitlerin
boyanmasinda kullaniimasi amaglanmistir.

*IHC Protocol K- ChromoPlex™ 1 Dual in vitro kullanim icindir ve dokuya bagli fare ve tavsan IgG primer
50 Test Detection (50 test) antikorlarinin gériintiilenmesi amaglidir.

BOND sisteminde formalin fiksasyonlu, parafine gomiilu kesitlerin
boyanmasinda kullaniimasi amaglanmistir.

*IHC Protocol Q Bond Polymer Refine BOND sisteminde kullanilmak tizere optimize edilmis bir ytuksek
Detection amplifikasyonlu, biotinsiz goriintiileme sistemi. Peroksite duyarli
antijenlere 6zgi yuksek yogunlukta boyama protokoli ile hedef
antijenlerde detayli bir tanimlama saglar.

7.6.1.2 ISH
Tercih Edilen Goriintiileme Sistemi Notlari
Goriintiileme Sistemi
*FISH Protocol A Leica HER2 FISH RTU LSI HER2/CEP17 ikili prob ve post hibridizasyon yikama
System - 30 Test solusyonu 2'den olugan tam bir ikili prob LSI HER2/CEP17 FISH
NOT: Kullanilabilirlik system. HER2 ggmmn amplifikasyonunu EFPE msgn memg kanseri
. doku numunelerinde FISH yoluyla saptar. In vitro diagnostik
yasal onaya tabidir. o
kullanim igindir.
NOT: LSl ve CEP Abbott Molecular Inc ticari markalardir. Tim
haklari saklidir. Lisansli olarak kullanilmaktadir.
*ISH Protocol A BOND Polymer Refine BOND sisteminde kullanilmak iizere optimize edilmis bir yiksek
Detection amplifikasyonlu, biotinsiz gorintileme sistemi. RNA'y1 bir anti-FITC
baglayici kullanimi yoluyla saptar.
*ISH Protocol B BOND Polymer Refine ~ BOND sisteminde kullanilmak tzere optimize edilmis bir ylksek

Detection amplifikasyonlu, biotinsiz goriinttileme sistemi. RNA'y1 bir anti-
biotin baglayici kullanimi yoluyla saptar.
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7.6.2  On Boyama Protokolleri

Protokol Tipi Protokol Adi Notlar

Hazirlama *Dewax Hazirlik protokolleri, dokuyu gommek ve drnegi rehidrate
etmek Utzere kullanilan parafini gidermek amaciyla BOND
veya BOND-PRIME Dewax Solution kullanir.

*Bake and Dewax Deparafinizasyon oncesinde doku lama tutulmasini
arttirmak tzere isitilir.

Ek bilgi igin bakiniz 14.2.3 Deparafinizasyon ve Isitma.

Isi On islemi *HIER with ER1 or ER2 Isiyla induklenen epitop geri alma, kesit alinmig dokuyu
Isitiimis bir tampon sollisyonuna maruz birakir ve bu islem
doku yapisinin konformasyonunu degistirip boyamayi
iyilestirir. Kullanilan sicakliklar ve uzunluk agisindan degisen
onceden tanimlanmigs islyla on iglem protokolt mevcuttur.

Enzim On islemi *Enzyme 1 Bes enzim on islem protokoll mevcuttur.
*Enzyme 2 Bu protokoller kullanilan enzim ve inkiibasyon suresi
*Enzyme 3 bakimindan farklilik gosterir.
*Enzyme 5
ISH *Denaturation (10 min) Bir (10 dakika) onceden tanimlanmig ISH denatiirasyon
Denatiirasyon protokoll vardir.
ISH *|SH Hybridization (2Hr) ki onceden tanimlanmis ISH hibridizasyon protokolii (2 saat
Hibridizasyon *|SH Hybridization (12Hr) ve 12 saat) vardr.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 AQ6 190

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Reaktif Yonetimi (BOND
Kontrolorde)

BOND sistemi sistemdeki tiim kimyasal olmayan reaktiflerin bir kaydini tutar ve her reaktif konteyniri ve igerigini izler.
Ayrica vaka olusturmayi hizlandirmak igin belirlenmis isaretleyicilerle lam panelleri olusturmaniza izin verir.

Bu bolimde asagidaki kisimlar sunulur:
8.1 Reaktif Yonetimine Genel Bakis
* 8.2 Reaktif Kurulumu Ekrani
8.3 Reaktif Stok Ekrani
» 8.4 Reaktif Panelleri Ekrani
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8 Reaktif Yonetimi (BOND Kontrolorde)

8.1  Reaktif Yonetimine Genel Bakis

BOND iginde reaktif yonetimine ayri reaktif detaylarinin kurulmasi ve idamesi, tiim reaktif paketleri (kimyasal reaktifler
haric), stok yonetimi ve lam olusturmada kullanilmak iizere "paneller” olarak bilinen isaretleyici setlerinin
olusturulmasi vardir.

Bu islemlerin yapildidi reaktif yonetimi ekranlarini agmak icin islev gubugunda Reaktif kurulumu simgesine Resuniny
tiklayin. J

Gereken ekrani agmak igin ekranin sol Ustlindeki sekmelere tiklayin (Kurulum, Stok veya Paneller).

Sekil 8-1: Reaktif Kurulumu Ekrani

Reaktif kurulumu

Kurulum Stok Paneller

oo ]~ |

*CD10 (86C8) CD10 Primer antikor  Leica Microsystems
*CD15 (Carb-1) *CD15 Primer antikor  Leica Microsystems
*CD20 (MJ1) *CD20 Primer antikor  Leica Microsystems
*CD25 (4C9) *CD25 Primer antikor  Leica Microsystems
*CD30 (1612) *CD30 Primer antikor  Leica Microsystems
*CDS (4C7) *CD5 Primer antikor  Leica Microsystems
*CDS6 (CDS64) *CDS6 Primer antikor  Leica Microsystems
*CD7 (LP15) "NEW* *co7. Primer antikor  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (Ks20.8) *CK20. Primer antikor  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (PW31) *CK20 Primer antikor  Leica Microsystems
*Cytokeratin 7 (RN7) *CKT Primer antikor  Leica Microsystems
*Estrogen Receptor (6F11) ER Primer antikor  Leica Microsystems
*Giial Fibrilary Acidic Protein (GAS) *GFAP Primer antikor  Leica Microsystems
*Immunoglobulin A (N1CLA) “IgA Primer antikor  Leica Microsystems
*Immunoglobulin D (DRN1C) *IgD Primer antikor  Leica Microsystems
*Immunoglobuiin G (Polyclonal) *IgG Primer antikor  Leica Microsystems
“Melan A (A103) “MelA Primer antikor  Leica Microsystems

“Negative “Neg Primer antikor  Laboratory Specified

IR N N N N VR U U N VRN N N N N N N N Y

Paket tipi Reaktif tipi Tedarikgi Tercih edilen durum:

- Primerler - Leica Microsystems. - Tercih Edilen -

Reaktif Kurulumu ekrani BOND sistemi tarafindan bilinen tim reaktiflerin tam bir listesini gosterir. Listede herhangi bir
onceden paketlenmis reaktif sistemi, orn. BOND goruntileme sistemleri yoktur ancak sistemleri olusturan reaktifleri
gosterir. Ayrica islem modiilinde gortntileme sistemlerinden bilesenlerden karistiriimis karisik reaktifler vardir. Ekran
reaktif ozelliklerini gormek, sistemde yeni reaktifler olusturmak ve reaktif segeneklerini ayarlamak igin kullanilir.

Tersine, Reaktif Stogu ekrani reaktif sistemleri ve ayrica ayri paketlenmis reaktiflerin stogunu gosterir. Herhangi bir
reaktif veya sistem tipiicin liste tam stogu gosterirken ayri paketler hakkinda bilgi de mevcuttur.

Reaktif Panelleri ekrani belirli tanilar igin tipik olarak birlikte kullanilan isaretleyici setlerinin olusturulmasina izin verir.
BOND yaziliminda lam olusturma sirasinda bir panel segme paneldeki her isaretleyici igin bir lam olusturarak bu islemi
buyuk olclide hizlandirir.
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8.1.1  Genel Bilgi

» 8.1.1.1 Reaktif Kategorileri
e 8.1.1.2 Reaktif is Akisi
8.1.1.3 Reaktif Tanimlama

8.1.1.4 Reaktif Yerine Koyma
BOND™ Oracle™ HER2 iHK Sistemi

8.1.1.1  Reaktif Kategorileri
BOND reaktif sistemleri yalnizca BOND-III ve BOND-MAX Islem Modiillerinde kullanim igindir. BOND-
PRIME reaktif sistemleri sadece BOND-PRIME islem Modiillerinde kullaniimak icindir.

Kimyasal sivilar diginda BOND sisteminde dort farkli tipte fluidik "paket tipleri” kullanilabilir:

» BOND goriintileme sistemleri: kullanicilar tarafindan lam kurulumu sirasinda segilen isaretleyicilerle birlikte
kullanmak tizere onceden paketlenmis saptama reaktifleri tepsileri

« Bond Oracle™ HER2 IHK Sistemi: isaretleyici, yardimci ve saptama reaktifleri igin onceden paketlenmis tepsi.
Sistem, kontrol lamlari igermektedir.

« BOND ve BOND-III islem Modiilleri igin BOND-MAX temizlik sistemleri: islem modiilii temizliginde kullaniimak
lizere 6nceden paketlenmis temizlik soliisyonu tepsileri (bkz. 12.6.1 Aspirasyon Probunu Temizleme). BOND-
PRIME temizlik sistemlerinin nasil kullanilacagina iliskin ayrintilar igin ayrt BOND-PRIME kullanici el kitabina
bakin.

« Reaktif konteynirlari: kullanima hazir veya open container'larda isaretleyiciler (primerler veya problar) veya
yardimci reaktifler igeren ayri reaktif konteynirlari (bakiniz 2.6.3 Reaktif Sistemleri ve Konteynirlari)

Bond Oracle HER? IHK Sistemi de dahil olmak tizere BOND algilama sistemleri ve temizlik sistemleri toplu olarak
"reaktif sistemler” olarak anilmaktadir.

"Isaretleyici " IHK'de primer antikor veya ISH'de prob anlamina gelir.
Reaktifler su "reaktif tiplerine" ayrica boliniir:

« Primer: IHK'de kullanilan isaretleyici reaktif
« Prob: ISH'de kullanilan isaretleyici reaktif

 Yardimcl: bir isaretleyici ile boyama dncesinde veya sonrasinda dokuyu islemek icin kullanilan tim isaretleyici
disi reaktifler

» Karisik: bir protokol ¢calismasi sirasinda bir reaktif sisteminde bilesenlerden veya ayri konteynirlardaki
bilesenlerden olusturulan yardimei reaktifler. Higbir zaman bir karisik reaktif stogu yoktur ancak protokol
adimlarinda dahil edilmek Gzere sistemde bulunmalari gerekir.

Reaktif Kurulumu ve Reaktif Stogu ekranlarindaki reaktif ve reaktif sistemi listeleri bu siniflandirmalara gore
filtrelenebilir.
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8.1.1.2 Reaktif Is Akisl

BOND herhangi bir reaktifi kullanmadan 6nce onu (¢ adimli bir stiregle tanimasi gerekir:

1 Reaktif tipi Reaktif Kurulumu ekranindaki reaktif listesinde bulunmalidir - tim Leica Biosystems kullanima
hazir reaktifleri bircok Leica Biosystems yardimci reaktifleri (BOND algilama ve temizleme sistemlerindekiler de
dahil) onceden tanimlanmistir ancak listeye kullanicilar tarafindan baska reaktifler de eklenmelidir.

2 Yeni stok geldiginde ayri reaktif konteynirlari ve reaktif sistemleri stoga eklenmek tizere BOND igine taranir
veya “kaydedilir”.

3 Bir reaktif veya sistemi kullanmaya hazir olundugunda reaktif tepsisine yiiklenir ve burada BOND tanimlanip
reaktif kullanilirken stok giincellenir.

BOND her ayri konteynir ve sistemin igerigini ve ayrica her ayri reaktif tipinin toplamini kaydeder. Leica Biosystems
reaktifleri igin stoklar azaldiginda size haber verilmesi agisindan bir tekrar siparig limiti ayarlayabilirsiniz. Bakiniz
Reaktif veya Reaktif Sistemi Detaylar, 8.3.2 Reaktif veya Reaktif Sistemi Detaylar!.

8.1.1.3 Reaktif Tanimlama

Ayri reaktif konteynirlarinda tanimlama igin iki barkod vardir. Konteynirlarin on tarafindaki daha uzun barkodlar
konteynirlari kaydetmek ve kayittan sonra tanimak icin kullanilir (bakiniz 8.3.3 Reaktifler ve Reaktif Sistemlerinin
Kaydedilmesi). Konteynirlarin tstlindeki (kapaklar altinda) daha kisa barkodlar BOND tarafindan islem modiillerine
ylklendiklerinde konteynirlari tanimak igin kullanilan benzersiz paket tanimlayicilari (UPI) kodlar. Basariyla
taranmamis yliklenmis bir reaktif konteynirini manuel olarak tanimlamak igin UPI degerini kullanin (bakiniz

5.1.3.5 Gorlintiilenmeyen Reaktiflerin Coziimlenmesi).

BOND ve BOND-III islem Modiillerinde kullanilacak BOND-MAX reaktif sistemleri, tepsilerin yanlarinda bulunan iki
barkodla tanimlanir. Sistemleri kaydetmek ve kayittan sonra tanimlamak icin her iki barkodu kullanin.

BOND-PRIME reaktif sistemlerinde tepsinin yan tarafinda tek bir 2D barkod bulunur ve bu barkod kayittan sonra reaktif
sistemi tanimlamak icin kullanilir.

Reaktif sistemleri icinde ayri konteynirlarin ustlerinde on kisimlarinda UPI barkodlari vardir. BOND yazilimi, islem
modiillerine yliklendiginde sistemleri tanimlamak igin bunlari kullanir. Reaktif sistemi BOND-MAX veya BOND-III'ye
yuklendiginde otomatik tanimlama basarisiz olursa, konteynerleri manuel olarak tanimlamak igin bu UPI numaralari
girilebilir. Bu islem bir BOND-PRIME islem Modiiliinde yapilamaz.

Kaydedilmis her reaktif veya reaktif sistemi hakkinda bilgiyi ayri konteynerlerin yanindaki uzun barkodu tekrar
tarayarak veya reaktif sistemlerinin yanlarindaki iki barkodu (tek bir 2D barkodu) tekrar tarayarak her zaman
gosterebilirsiniz.

Paket tekrar taranmazsa Manuel kimlik girisi diyalogunu islev gubugundaki Ara simgesine veya Reaktif Stogu
ekranindaki digmesine Kimligi gir digmesine tiklayarak agin.

Ayri konteynerlerin/reaktif sistemlerinin oniindeki uzun barkodlarla iliskili sayilari ya da 2D barkod ile iliskili rakamlari
yazin, ardindan Dogrula'ya tiklayin (reaktif sistemleri igin her barkodu girdikten sonra Dogrula'ya tiklayin).
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8.1.1.4 Reaktif Yerine Koyma

BOND-PRIME
BOND-PRIME Uzerinde reaktif ikamesi yoktur.
BOND-PRIME, reaktifin yetersiz oldugunu tespit ederse asadidakilerden birini yapar:
» ARC Modlinde lami iglemeye zaten baslamissa etkilenen lami/lamlari isaretler

« lam halen On Yiikleme Gekmecesindeyse lami reddeder.

BOND-III ve BOND-MAX

Islemenin baslayabilmesinden once islem modiiliine tiim gerekli reaktiflerden yeterli hacmin yiiklenmis olmasi gerekir.
Ancak bazen baslangicta bulunan bir reaktif gerektigi zaman bulunmayabilir. Bunun nedeni kullanicinin bir reaktif
tepsisini ¢ikarmis olmasi veya bir reaktif konteynirinda baslangigta belirlenenden daha az reaktif bulunmasi olabilir.
BOND eksik reaktif yerine baska bir konteynirdan ayni tipte reaktif koymaya calisacaktir. BOND sistemi bulunmayan
bir reaktifin yerine koyarken su kurallari kullanir:

« Sistem baslangigta eksik reaktif yerine ayni reaktif sisteminden ayni tipte olani koymaya galisir.
Basariliysa calisma herhangi bir bilgilendirme olmadan devam eder.

» Sistem sonra eksik reaktif yerine ayni lot numarasi ve ayni tipte olan alternatif bir kaynaktan koymaya calisir.
Basariliysa ¢alisma herhangi bir bilgilendirme olmadan devam eder.

« Sistem sonra eksik reaktifi herhangi bir lot numarasindan ayni tipiyle yerine koymaya calisir.
Basariliysa galisma devam eder ancak etkilenen lamlarda bir olay bilgilendirmesi olacaktir.

* Reaktif duyurusu mimkiin degilse reaktifin yerine ¢alisma sonuna kadar etkilenen lamlara tim damlatma
islemleri icin bir kimyasal reaktifi konacaktir.

Caligsma devam eder ancak etkilenen lamlarda bir olay bilgilendirmesi olacaktir.

» Tim lamlar etkilenmigse ve bir kimyasal reaktifi konmasi gerekiyorsa ¢alisma birakilacaktir.
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BOND™ Oracle™ HER2 IHK Sistemi

‘ Bunlar BOND-PRIME islem Modiillerinde kullanilamaz.

BOND™ Oracle™ HER? IHK Sistemi reaktif sistemlerinden olusur ve kontrol lamlarr icerebilir. Ayrica standart kimyasal
reaktifler ve bazi sistemler igin yardimei reaktifler gereklidir.

Uriinle gelen talimatlari daima izleyin ve sunlara dikkat edin:

* Leica BOND™ Oracle™ HER2 IHK System ile saglanan kontrol lamlarina Oracle kontrol lamlari denir ve Oracle
calismalariyla kullanilan tesis i¢i kontrol lamlarindan farklidirlar:

« Tesis igi kontrol lamlari yaziimda Lam ekle diyalogunda standart Doku tipi ve isaretleyici ayarlari
kullanilarak olusturulur ancak Oracle kontrol segeneginde boyle degildir.

« Oracle kontrol lamlari uygun Doku tipi segenegine ek olarak Oracle kontrol secenedi kullanilarak
ayarlanmalidir.

« Oracle kontrol lamlari sadece geldikleri spesifik sistemle kullanilabilir.

 Oracle lam etiketleri, uygulama istemcisi Etiketler ekraninda tanimlanan 6zel Oracle etiket sablonlarini kullanir
(bakiniz 10.3 Etiketler ).

8.2  Reaktif Kurulumu Ekrani

Reaktif kurulumu ekranin BOND yazilimi tarafindan bilinen tiim reaktiflerin bir listesini, reaktif sistemlerinde bulunanlar
ve reaktif sistemi bilesenlerinden islem moddiltinde karigtirilan reaktifler dahil olmak tizere gosterir. Tim BOND
kullanima hazir primerleri listede 6nceden tanimlanmistir (ve ¢ikarilamaz) ve BOND kullanima hazir ISH problari ve bir
dizi sik kullanilan Leica Biosystems yardimci reaktifi iginde durum boyledir.

Tablo altindaki filtreler gosterilecek reaktif tipini ayarlamanizi miimkin kilar. Paket tipleri igin filtreleme yapamazsiniz
ancak reaktif tipleri (primerler, problar, yardimci reaktifler, karisik reaktifler, Oracle reaktifleri ve paralel multipleks
boya primerleri ve problari) ve tedarikgi ve tercih edilen duruma gare filtreleme yapabilirsiniz.

Tablo tzerindeki digmeler sunlari yapmanizi mimkdn kilar: listeye yeni reaktifler ekleme, tabloda segili reaktifi agma,
detaylarini gorme veya diizenleme veya tabloda segili reaktifi silme (sadece Leica Biosystems disi reaktifleri
silebilirsiniz).

Burada listede bulunmayan reaktifleri veya kullanici tarafindan tanimlanmis ve tercih edilen durumu
olmayan reaktifleri kaydedemezsiniz.
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Tablo her reaktif igin su detaylari igerir:

Isim Reaktifin tam adi.

Baslangigta “**" karakteri olmasi, onceden tanimlanmis bir Leica Biosystems reaktifine isaret

eder.
Kis. isim Reaktifin lam etiketleri ve durum ekraninda kullanilan kisaltiimis ismi.
Tip Reaktifin tipi, ornegin primer.
Tedarikgi Reaktif tedarikgisinin adi.
Terc. Isaretli (tercih edilen) isaretleyiciler BOND yaziliminda baska yerlerdeki lam konfigiirasyonu

listelerine dahil edilmistir.

Diizenlenehilir Reaktif Ozellikleri

Isim ve tedarikci detaylar disinda reaktifler igin diizenlenebilir secenekler sunlardir:

1 lIsaretleyiciler igin:

a lam olusturma sirasinda isaretleyici segildiginde varsayilan olarak segilen protokoller (bakiniz 6.5.2 Bir
Lam Olusturma). Tek isaretleyici uygulamalari ve multipleks boyamada on ve son uygulamalar igin farkli
protokoller ayarlanabilir;

b tercih edilen durum - lam olusturma sirasinda isaretleyici agag acilir listesinde (bkz. 6.5.2 Bir Lam
Olusturma) ve panel olusturma sirasinda Reaktif paneli 6zellikleri iletisim kutusunda Mevcut
isaretleyiciler listesinde sadece tercih edilen isaretleyiciler belirir (bkz. 8.4.1 Bir Panel Olusturma). Reaktif
ekrani listeleri de bu ozellikle filtrelenehilir;

c tehlikeli durum - tehlikeli olarak isaretlenmis isaretleyiciler yikanarak tehlikeli atiga gonderilir. Bu ayar
onceden tanimlanmis reaktifler icin degistirilemez.

2 Yardimci reaktifler igin

a reaktifle uyumlu kimyasal reaktifler - BOND sistemi, uyumsuz yardimci ve kimyasal reaktiflerin temas
etmesini otomatik olarak onler;

b tercih edilen durum - reaktif ekran listeleri bu ozellikle filtrelenebilir;

c tehlikeli durum - tehlikeli olarak igaretlenmis reaktifler yikanarak tehlikeli atiga gonderilir. Bu ayar
onceden tanimlanmis reaktifler igin degistirilemez.

Su boltimlere bakiniz:
» 8.2.1 Bir Reaktif Ekleme veya Diizenleme
» 8.2.2 Bir Reaktifi Silme
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8.2.1

Bir Reaktif Ekleme veya Duzenleme

Listeye reaktifler ekmek igin, Reaktif kurulumu ekraninda Ekle 6gesine tiklayin. BOND, Reaktif ekle diyalogunda

goruntulenir. Asagida bakiniz Sekil 8-2.

Sekil 8-2: Reaktif ekle diyalogu

Tek On hazirik Son

Varsayilan boyama protokold:
Varsayilan HIER protokoli:

Varsayilan enzim protokoli:

Uyumlu kimyasallar:
“BWash

+ | Tercih Edilen Tehlikeli

Reaktif ekle
| C——"
Kisaltilmisg isim: [ ]
Halka acik isim:
Tip: Primer antikor n
Tedarikei:
Boyama yontemi: Tek/Sirall multipleks n

Mevcut reaktifin detaylarini degistirmek igin secip Ag segenegine tiklayin veya gift tiklayin. Reaktif 6zelliklerini diizenle
diyalodu acllir. Bu, girilen secili reaktif igin detaylar ve Reaktif Ekle diyaloguyla aynidir.

Reaktifleri eklemek veya diizenlemek icin asagidaki talimati kullanin:

1 Yeni bir reaktif ekliyorsaniz, isim alanina tanimlayici bir ad girin.

Yeni reaktifler Leica Biosystems reaktifleri igin ayrilmis olan “*" ile baslayamaz.

kullanmaya dikkat edin.

|

Protokoller veya lamlar olustururken bu reaktifin baskasiyla karistirilmasini nleyecek bir isim

2 Yenireaktifler igin Kisaltilmig Isim alanina kisa bir isim girin. Kisaltilmis isimler sekiz karakterle sinirlidir.

Bu isim Durum ekraninda lam simgelerinde gorulur ve lam etiketlerine yazdirilir.
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3 BOND bir LIS'e bagliysa kullanilan reaktif adini LIS'te Halka agik isim alanina girin (yardimei reaktifler igin
gecerli degildir).

4 Yeni bir reaktif olusturuyorsaniz reaktif tipini Tip asadi acilir listesinden segin. Segtiginiz tipe bagli olarak
diyalog degisir.

5 Reaktif tedarikgisinin adini Tedarikgi alanina girin.

[@))

Reaktif bir isaretleyiciyse (primer antikor veya RNA veya DNA probu) isaretleyiciyi kullanan farkli boyama
calismasi tiplerinde kullanmak tizere varsayilan protokolleri segin.

7 Boyama yontemi alaninda, Tek/Sirali multipleks 6gesini secerek Tek sekmesinde, tek boyama caligsmalarinda
isaretleyiciler icin varsayilan protokolleri ayarlayin. Sirali multipleks boyama galigsmalarindaki isaretleyiciler igin,
On sekmesindeki ilk tiim uygulamalar igin varsayilan protokolleri ayarlayin ve Son sekmesindeki son uygulama
igin varsaylilan protokoli ayarlayin.

(oe]

Paralel multipleks boyama caligmalarinda isaretleyiciler igin varsayilan protokolleri ayarlamak tizere Paralel
multipleks'i secin.

Reaktif bir RNA veya DNA probuysa, yukaridaki tim sekmelerde ek protokoller (denatiirasyon
ve hibridizasyon) belirir.

9 Onceden tanimlanmis BOND isaretleyicileri icin, protokolleri isaretleyici igin dnerilen fabrika varsayilanlarina
dondtrmek istiyorsaniz, Fabrika varsayilan protokollerini tekrar olustur secenegine basin (fabrika
varsayllanlarina geri dénmek bir stipervizor roltiyle oturum agmis olmaniz gerekir).

10 Eger reaktif, kullanici tarafindan olusturulmus bir yardimciysa kimyasal solisyon uyumlulugunu kontrol edin ve
gerekirse ayarlayin.

Cogu sistem varsayilan olarak Uyumlu kimyasallar listesinde BOND Wash Solution (*BWash) ve deiyonize su
(*DI) gosterir. Bu durum, bu sollisyonlarin herhangi birinin fluidik sisteminde reaktifi gekmek ve aspire etmek
icin kullanilaca@r anlamina gelir. Kimyasal soliisyonlar yardimci reaktifle dogrudan temas etmemelidir ancak
aspirasyon probuyla biraz temas olabilir. Bu olasiliktan tamamen kaginmak igin, reaktife temas etmemesini
istediginiz kimyasal soltisyonu segin ve Mevcut kimyasallar listesine tagimak lzere << segenegine tiklayin.

Uyumlu olarak kurulmus en az bir kimyasal soltsyon olmalidir.

& DIKKAT: Uyumsuz soliisyonlarin birbirine temas etmesine izin verilirse, tatminkar olmayan
boyama sonuglari ve islem modliinde olasi hasar olusabilir. Soltsyonlarin uyumlu olup
olmadidini belirlemek igin Leica Biosystems ile irtibat kurun.

11 lsaretleyiciler icin, lam kurulumu diyaloglarinda primer veya probu géstermek iizere Tercih Edilen secenegine
tiklayin.

Yardimci reaktifler icin, Tercih Edilen durumu sadece Reaktif Kurulumu ve Stok ekranlarinda liste filtreleri
tarafindan kullanilir.

12 Reaktifin tehlikeli atik konteynirina atilmasini istiyorsaniz Tehlikeli segenegine tiklayin.

13 Reaktif detaylarini BOND sistemine eklemek icin Kaydet secenegine tiklayin.

Islem sirasinda degisiklik yapmadan herhangi bir zamanda ¢ikmak igin iptal segenegine tiklayin.
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8.2.2  Bir Reaktifi Silme

Bir reaktifi silmek icin Reaktif Kurulumu ekranindaki listeden secin ve Sil segenegine tiklayin. Onceden tanimlanmis
Leica Biosystems reaktifleri (yildiz ile baslayan) silinemez.

Bir reaktifin detaylarini sildiginizde o reaktifin paketleri igin stok detaylarini da ¢ikarabilirsiniz.
Silinmis reaktif detaylari veya stok detaylarini geri alamazsiniz.

Daha once kullaniimis bir reaktife artik gereksiniminiz yoksa, silmek yerine tercih edilmeyen olarak isaretlemeniz daha
uygun olabilir. Bu islem ilgili reaktifi, yaziimdaki gogu ekrandan gikarirken sistem iginde tutar.

8.3  Reaktif Stok Ekrani

Reaktif Stogu ekrani, BOND sistemine kaydedilmis (ve silinmemis) tiim reaktifler ile reaktif sistemlerini ve bunlarin
mevcut stoklarini listeler. Bu ekrani stogu gormek ve yonetmek igin kullanin.

Sekil 8-3: Reaktif Stogu ekrani

Reaktif kurulumu

Kurulum Stok Paneller

Kimlik gir Detaylar raporu Reaktif kullanimi
T T Hocim () Dk ()

*Kappa Probe Leica Microsystems Prob RNA PB0645 27,50 11,00
*CD15 (Carb-1) Leica Microsystems Primer antikor PA0039 44,85 7,00
GFAP (ER2, Enzyme1) AAA Antibodies Primer antikor Open container 0,00 0,00
*Anti-Fluorescein Antibody Leica Microsystems Yardimci AR0222 30,00 15,00
I *CD30 (1G12) Leica Microsystems Primer antikor PA0153 0,00 1,00
*Melan A (A103) Leica Microsystems Primer antikor PA0233 7,00 0,00
I *CD7 (LP15) *NEW* Leica Microsystems Primer antikor PA0017 0,00 14,00
*Lambda Probe Leica Microsystems Prob RNA PB0669 16,50 5,50
*Estrogen Receptor (6F11) Leica Microsystems Primer antikor PAD151 14,00 7,00
*CD5 (4C7) Leica Microsystems Primer antikor PA0168 6,55 0,00
I *Cytokeratin 20 (PW31) Leica Microsystems Primer antikor PA0918 0,00 7,00
I *Estrogen Receptor (6F11) Leica Microsystems Primer antikor PA0009 0,00 10,00
*Immunoglobulin D... Leica Microsystems Primer antikor PA0061 7,00 2,00
I *Glial Fibrillary Acidic... Leica Microsystems Primer antikor PA0026 0,00 5,00
*CD25 (4C9) Leica Microsystems Primer antikor PA0305 47,50 14,00
*CD10 (56C6) Leica Microsystems Primer antikor PAD131 0,00 0,00
*Immunoglobulin G... Leica Microsystems Primer antikor PA0904 7,00 3,00
*CD20 (MJ1) Leica Microsystems Primer antikor PA0906 47,65 14,00
| IO, e o xnnan e oo I
Paket tipi: Reaktif tipi: Stok durumu: Tedarikgi: Tercih edilen durum:

Reaktif konteynirlari - Tama - Tama - Tuma - Tercih Edilen v

Minimum stok hacminden daha azina sahip Leica Biosystems reaktifler, ekranin sol tarafinda kirmizi bir dikey gubukla
vurgulanir.

Tablonun altindaki filtreler, gortntilenecek reaktif tipini veya sistemi ayarlamaniza olanak tanir.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 AQ6 200

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



8 Reaktif Yonetimi (BOND Kontrolorde)

BOND tespiti igin, Oracle ve temizlik sistemleri — Paket tipi filtresinde segilidir, yalnizca Stok durumu tizerinde
filtreleme yapabilirsiniz. This allows you to view all registered systems, just those in stock, or those below reorder
levels.

Ayri reaktif kaplari igin, Tedarikgi, Tercih edilen durum ve Reaktif tipi'ne gore de filtreleme yapabilirsiniz (yani,

"Primerler”, "Problar’, "Paralel kokteyl primerler”, "Paralel kokteyl problar, "Yardimci reaktifler” veya "Tim" reaktifleri
gorintileyin).

Reaktif tipine bagli olarak asagidaki ayrintilarin bazilar ya da tim gorintilenebilir.

Isim Reaktifin tam adi.

Tedarikgi Reaktif tedarikgisinin adi. Reaktif sistemleri icin gosteriimez.

Tip Reaktifin tipi, ornegin primer. Reaktif sistemleri igin gosterilmez.

Katalog No. Tekrar siparis verirken belirtilecek reaktif katalog numarasi. Bu reaktif sistemleriigin
gosterilmez (siitun mevcut ancak tiim degerler bostur).

Hacim (mL) Toplam kullanilabilir reaktif miktari. Bu miktara, halen bir islem modiilui olarak yiklenmis
olan veya olmayan tiim kayitl reaktif paketleri dahildir (bakiniz 8.3.1 Reaktif Hacmini
Belirleme).

Hat. galigmalar Oracle sistemleriigin sistemde kalan ¢alismalarin sayisi.

Kalan temizlemeler Temizlik sistemlerinde kalan temizlik sayisi.

Dk. (mL) Sadece Leica Biosystems reaktifleri igin tekrar siparis vermeniz istenen stok hacmi (bakiniz
8.3.2.1 Minimum Stok Ayarini Degistirme).

Dk. (galigmalar) Oracle sistemleri igin tekrar siparis vermeniz istenen kalan galismalar sayisi (bakiniz
8.3.2.1 Minimum Stok Ayarini Degistirme).

Dk. (temizleme) Temizleme sistemleri igin tekrar siparis vermeniz istenen kalan temizlik sayisi (bakiniz
8.3.2.1 Minimum Stok Ayarini Degistirme).

Reaktif tablosu tizerindeki kontrol diigmeleri reaktif stogunu yonetmenizi mumkiin kilar.

« Segilen reaktif tipinden ayri reaktif paketlerini gormek ve bunlar igin segenekleri ayarlamak iizere Detaylar
secenedine tiklayin.

Daha fazla bilgi icin bakiniz 8.3.2 Reaktif veya Reaktif Sistemi Detaylari.

« Elkontrollii tarayici tarafindan kimlik otomatik olarak taninmadiginda reaktif stogunu sisteme eklemek igin
Manuel Kimlik girigi diyalogunda Kimlik gir segenegine tiklayin (yalnizca BOND-III ve BOND-MAX).

Daha fazla bilgi igin bakiniz 8.3.3 Reaktifler ve Reaktif Sistemlerinin Kaydedilmesi.

 Tabloda halen liste halinde bulunan reaktifler veya reaktif sistemlerinin bir raporunu olusturmak igin Detaylar
raporu secgenegine tiklayin.

Bakiniz 8.3.4 Stok Detaylari Raporu.
« Belirlenen surede Reaktif kullaniminin bir raporunu olusturmak igin reaktif kullanimi segenegine tiklayin.

Bakiniz 8.3.5 Reaktif Kullanimi Raporu.
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Ayrica reaktif stogunun 8.3.1 Reaktif Hacmini Belirleme tarafindan nasil izlendiginin genel bir tanimi igin bakiniz
BOND.

8.3.1 Reaktif Hacmini Belirleme

BOND sistemi reaktif tepsisindeki konteynerlerde reaktif hacmini belirlemek igin iki yontem kullanir: baglangi¢ hacmi
ve sonraki kullanima gore hacmi hesaplar ve BOND-III ve BOND-MAX icin bir sivi seviyesi sensor (LLS) sistemi veya
BOND-PRIME igin Ultrasonik Sivi Seviye Sensorii (uLLS) kullanarak dogrudan olger.

Hacim hesaplama baslangig reaktif hacmine dayanir ve damlatildikga reaktifi gikartip tekrar doldurmada (open
container'lar) ekler. Reaktif buharlasma veya dokiilme yoluyla kaybedilirse tutarsizliklar olusabilir.

BOND-MAX ve BOND-IIl icin LLS sistemi aspirasyon probuna entegre edilmistir. Reaktif hacimlerini aspirasyon probu
konteynirlara battiginda reaktif yiiksekligini saptayarak belirler. Varsayilan ayarlar altinda LLS hacim olgtimii (siklikla
"dip test" denir), drnegin bir konteynirin 30 glinden uzun siire lgiilmemis olmasi gibi gesitli kosullar altinda otomatik
olarak yapilir. Reaktif buharlagsmig veya konteynir bagka bir sistemde kullaniimis olabilir. Bu varsayilan dip testleri
calismayi geciktirmeyecekleri zamana programlanir. Yani, kullanilabilir oldugu disunilen bir reaktifin daha sonra
planlanmis galismalar igin hacminin yetersiz olmasinin gorilmesi mimkindur. Bu durumda bir ikaz olusur ve kullanici
konteyniri tekrar doldurmali (sadece open container'lar) veya uygun bir alternatif reaktifin mevcut olmasini
saglamalidir (bakiniz 8.1.1.4 Reaktif Yerine Koyma).

BOND-PRIME igin, uLLS sistemi ARC Probuna entegre edilir. Bir tutarsizlik olustugunda uLLS, BOND-MAX ve BOND-|lI
uzerinde yapilan sekilde bir dip testi gerceklestirecektir.

Istege bagli olarak, her galisma uygulamasi 6ncesinde BOND tarafindan konteynirlarda dip testi yapilmasini
ayarlayabilirsiniz. Bu open container'lar, kullanima hazir konteynirlar ve reaktif sistemleri igin bagimsiz olarak
ayarlanir. Bu ayar, baslayan calismalarda bitirmeye yetecek reaktif olmasini saglar ancak dip testleri yapilirken
calismayi geciktirir. Bu segenekleri uygulama istemcisi Ayarlar > Laboratuvar ayarlari panosunda ayarlayin (bkz.
10.5.1 Laboratuvar Ayarlari).

‘ Reaktif kaplarini asiri doldurmayin. Dip testinde asiri dolu bir reaktif kabi bos olarak rapor edilecektir

8.3.1.1 Goruntuleme Sistemleri i¢cin Hacim Bildirme

BOND goruntileme sistemleri igin bildirilen hacimleri ayri konteynirlar igin bildirilenlerle karsilastirilabilir duruma
getirmek igin (bir goriintiileme sisteminin kullanilabilecedi lam sayisinin tahminini saglar), sistem hacimleri tek bir
konteynir agisindan mililitre olarak bildirilir. Ancak goriintiileme sistemleri farkli hacimlere sahip konteynirlardan
olustugundan, bu bolimde tanimlandigi sekilde hacmin bildirilmesi igin bir kural uygulanmalidir.

Bu kuralin sirasiyla kalan calisma veya temizlik sayisini bildiren Oracle veya temizlik sistemleriigin gegerli olmadigina
dikkat edin.

Goriintiileme sistemleri icin hacim sistemdeki en biiyiik tek konteynira gore bildirilir. Ornegin, en biiyiik konteynir
30 mL tutuyorsa sistem hacmi 30 mL'ye gore bildirilir. BOND yazilimi yeni sistemlerdeki tim konteynirlarin dolu
oldugunu varsayar ve dolayisiyla 30 mL 'lik en biyiik konteynir ilk kaydedildiginde 30 mL hacme sahip olarak bildirilir.
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Reaktif kullanildikga bildirilen deder en distik bagil hacme sahip konteynirin hacmidir. Bu konteynirin hacmi
sistemdeki en biiyiik konteynirinkiyle ayni degilse, deger en biiyiik konteynirin hacmine normalize edilir. Ornegin
sistemde birkag 30 mL konteynir ve iki 2,4 mL konteynir varsa, 2,4 mL konteynirlardan birinde baslangig hacimlerine
gore en disiik bagil hacmi bulunabilir. Eger 1,2 mL kaldiysa (baslangig hacminin yarisi), sistemin genel olarak hacmi
30 mL'nin yarisi (15 mL) olarak bildirilir.

8.3.1.2 Arastirma Reaktif Sistemleriicin Kalan Testlerin Raporlanmasi
Her bir arastirma reaktifi sistemi sabit sayida test galistirabilir (6r. varsayilan dagitim hacmi 150 pL ise 200 test).

Bir lam bu arastirma reaktifi sistemi kullanilarak her boyandiginda kalan test sayisi azalir.

Kalan test sayisi sifira ulastiinda sistem Bog olarak isaretlenir.

8.3.2  Reaktif veya Reaktif Sistemi Detaylari

Bir reaktif veya reaktif sisteminin ayri paketlerinin detaylarini gostermek tzere, Reaktif stogu tablosunda reaktif tipi
Uzerine gift tiklayarak segin ve Detaylar segenegine tiklayin.

Sekil 8-4: Reaktif stok detaylari diyalogu

Reaktif stok detaylar

*Kappa Probe
Paket adi: Kappa Probe, 5.5 mL
Katalog no: PB0645 Minimum stok: 11,00

Minimum stok diizeyini ayarla
Goster () Kullanilabilir Bos Son kullanma tarihi gegti

@

[ v | LotNo [Sonkulanmataihi | Kayti |[ikkulanian |Bosisaretlenmis |Baslangic hac. (ml) [Hacim (mL)

00676418 28.05.2021 16.04.2013 5,50 5,50

00676421 04224 25.02.2021 16.04.2013 5,50 5,50

00676420 04224 25.02.2021 16.04.2013 5,50 5,50

00676457 28.05.2021 16.04.2013 5,50 5,50

00684913 05933 05.02.2023 23.08.2013 5,50 5,50
Kapat

Bir stok detaylari diyalogu segilen reaktif veya sistemin her ayri paketini gosterir. Diyalog detaylari ve segenekleri
reaktif paketi tipi ve tedarikciye gore degisir. Varsayilan olarak sadece kullanilabilir ve son kullanma tarihi gegmemis
reaktifi olan paketler gosterilir. Ayrica bos paketleri (son kullanma tarihine ulagsmamis) veya gegen ay iginde son
kullanma tarihi gegen tim paketleri gosterebilirsiniz. - Diyalogda uygun oldugu sekilde Kullanilabilir, Bog veya Son
kullanma tarihi gecti segeneklerini segin.

Reaktif Paket ismi tiim reaktif paketi tipleri icin gosterilir. Ayrica, BOND reaktifleri tekrar siparis amaciyla Katalog No
gosterir ve BOND reaktifleri (ama sistemleri dedil) ayrica paket biiyiikligiind igeren bir Paket adi, dederine sahiptir.

BOND reaktifleri ve sistemleri igin ayrica reaktifi tekrar siparis etmeniz istenen stok seviyesini gosteren bir Minimum
stok alani vardir (bakiniz 8.3.2.1 Minimum Stok Ayarini Degistirme).
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El kontrollli tarayiciyi kullanarak, kaydedilmis bir reaktif konteyneri veya reaktif sisteminin yan barkodunu/barkodlarini
ve 2D barkodu stok detaylari diyalogunu agmak Uzere tarayabilirsiniz. Taranan stok maddesi detaylar tablosunda
vurgulanir ve Goster filtreleri (Kullanilabilir, Bog ve Son kullanma tarihi gegti) uygun oldugu sekilde otomatik ayarlanir.

Diyalogdaki tablo her reaktif paketi igin asagidaki bilgileri gosterir:

UPI Benzersiz Paket Tanimlayici (bakiniz 8.1.1.3 Reaktif Tanimlama).

Lot No. Paket lot numarasi.

Son kullanma tarihi Paket son kullanma tarihi. Paketler bu tarihten sonra kullanilmamalidir.

Kayitli Paketin BOND'da ilk kaydedildigi tarih.

ilk kullanilan Paketin BOND'da ilk kullanildigi tarih.

Bos isaretlenmis Paketin bos olarak isaretlendigi tarih. Bu yazilim tarafindan otomatik olarak veya manuel

olarak ayarlanabilir (bakiniz 8.3.2.3 Bir Paketi Bos veya Bos Degil Olarak Isaretleme).
Baslangig hac. (mL)  Yeni dolu pakette reaktif hacmi.

Reaktif sistemleriigin gosterilmez.

Hacim (mL) Konteynirdaki mevcut reaktif hacmi. Gortintiileme sistemleriigin bakiniz
8.3.1.1 Goruntuleme Sistemleri igin Hacim Bildirme.

Ekleme (mL) Open container'lar igin konteyniri tekrar doldurmak tzere kullanilabilecek kalan reaktif
hacmi.

Kalan temizlemeler Temizleme sistemleri igin kalan reaktifle yapilabilecek temizlik sayisi.

Kalan galigmalar Oracle sistemleri igin kalan reaktifle yapilabilecek ¢alismalar sayisi.

Stok detaylari diyaloglarindaki digmeler, gesitli stok detaylarinin (paket tipi igin uygun) konfigiirasyonunu ve spesifik
reaktif veya sistem icin bir detaylar raporu olusturulmasini mimkiin kilar. Asagidaki bolimler konfigiirasyonu ve rapor
seceneklerini tanimlar.

8.3.2.1  Minimum Stok Ayarini Degistirme

Onceden tanimlanmis Leica Biosystems reaktifleri ve reaktif sistemleri icin bir “minimum stok seviyesi” ayarlanmistir.
Toplam reaktif stogu ayarli seviye altina dustiigiinde, Reaktif Sto§u ekraninda reaktif veya sistemin tekrar kullanici
tarafindan siparis edilmesini istemek Gzere reaktif kirmizi renkle vurgulanir.

Minimum stok ayarini degistirmek igin Minimum stok seviyesini ayarla segenegine tiklayin. Acilan pencerede, gereken
minimum stok seviyesini Minimum stok alanina girin. Paket tipine bagli olarak mililitre, galisma veya temizlik kullanin.
TAMAM secenegine tiklayin.

8.3.2.2 Reaktif Raporu

Segilen reaktif veya reaktif sistemi igin bir rapor olugturmak tzere Detaylar raporu segenegine tiklayin. Daha fazla
detay icin bakiniz 8.3.4 Stok Detaylari Raporu.
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8.3.2.3  Bir Paketi Bos veya Bos Degil Olarak Isaretleme

Bir reaktif paketini, ornedin tamamen kullanilmadan 6nce atiliyorsa, bos olarak isaretleyebilirsiniz. Bunu yapmak igin
tabloda paketi secin ve sonra Bog olarak isaretle segenegine tiklayin. Yazilim Bog isaretlenmig alanina mevcut tarihi
koyar.

Bos olarak isaretlenmis bir reaktif paketini tekrar almak igin tablodan secin ve Bos degil olarak isaretle secenegine
tiklayin. Bu segim ancak paket islem modiiltne yiklenmemisse yapilabilir. Paket bos isaretlenme oncesinde igerdigi
reaktif hacmini gosterir.

Bos olarak isaretlenmis maddeleri gostermek igin tablo tzerindeki Bog radyo digmesini segin.

8.3.2.4  Bir Reaktif Open Container'ini Tekrar Doldurma

Belirli bir reaktiften 40 mL miktarina kadar damlatma tizere, BOND agik reaktif konteynirlarini tekrar kullanabilirsiniz.
Konteynir hacimlerinden dusuk miktarlarla doldurursaniz konteynirlarin tekrar doldurulabilecegdi sayinin sinirt yoktur.

Bir open container'| tekrar doldurmak igin asagidaki talimatlari izleyin.

1 Konteyniriistenen reaktif hacmiyle doldurun.

2 Konteyniri tarayin (8.3.3 Reaktifler ve Reaktif Sistemlerinin Kaydedilmesi bolimiinde tanimlandigi gibi) ve
Tekrar doldur segenegine tiklayin.

Eder konteynira daha fazla reaktif koymak 40 mL limitini asacaksa tekrar doldurma digmesi kullanilamaz.

3 Yeni reaktif icin bir son kullanma tarihi ayarlayin.

Bir open container dolduruldugunda (ilk kez veya tekrar doldurma igin), yazilimin bu konteynirin ilgili
konteynir igin kullanilabilir maksimuma, yani reaktif ilk kaydedildiginde kullanici tarafindan belirtilen
hacme (mL) veya mevcut hacim arti izin verilebilir tekrar doldurma hacminin kalanina kadar

dolduruldugunu varsayacagina dikkat edin. Bildirilen hacim eger gerekirse bir dip test yapildiginda
duzeltilir. Bu islem konteynir kullanilincaya kadar olmayabilir.

Her open container ilk kaydedildiginde belirli bir reaktife kilitlidir. Her open container tekrar
dolduruldugu her zamanda ayni reaktifi kullanmalidir.
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8.3.3  Reaktifler ve Reaktif Sistemlerinin Kaydedilmesi

Bir reaktif paketini kaydetmek bunu stoga ekler. Bu reaktif, ilgili reaktifin bir paketini kaydedebilmenizden dnce Reaktif
Kurulumu ekraninda listede bulunmalidir.

BOND islem Modiiliinde kullanmadan Gnce reaktif paketlerini kaydetmeniz gerekir.

Islem modiilinde kaydedilmemis bir reaktif konteynirini yiiklerseniz yazilim bunu tanimaz ve Sistem durumu

ekraninda o reaktif pozisyonunda bir bilgi simgesi gosterir.

BOND-PRIME islem Modiiltine yiiklenen reaktif kaplarinin durumu hakkinda bilgi igin ayrt BOND-PRIME kullanici el
kitabina bakin.

‘ BOND reaktif kullanimini izler ve reaktifin degistirilmesi gereken zaman konusunda sizi uyarir.

Kullanima hazir bir BOND reaktif konteynirini tekrar doldurmaya kalkigsmayin glinkii BOND bunun kullanilmis bir
konteynir oldugunu tanir ve kullanmayi reddeder.

BOND kaydetmek igin taradiginiz yeni bir reaktif paketini tanimazsa, sizde en son BOND Veri Tanimlari (BDD) dosyas!
kurulu olmayabilir. Son BDD dosyasl igin web sitesine bakin ve eger "Veri versiyonu" BOND hakkinda diyalogunda
gésterilenden daha sonraysa, bunu indirip kurun (Uygulama istemcisi BDD giincellemesi yoluyla). Son BDD dosyasi
kurulduktan sonra klinik istemciyi tekrar baslatin ve yeni reaktif konteyniri veya reaktif sistemini kaydetmeyi tekrar
deneyin.

Farkli reaktif paketi tiplerini kaydetmenin yontemleri asagidaki kisimlarda tanimlanmistir:
» 8.3.3.1 Reaktif Sistemlerini Kaydetme
» 8.3.3.2 BOND Kullanima Hazir Reaktifleri Kaydetme
 8.3.3.3 Kullanima Hazir Olmayan Reaktifleri Kaydetme
» 8.3.3.4 Manuel Kimlik Girisi

8.3.3.1  Reaktif Sistemlerini Kaydetme

Bir BOND algilama veya temizlik sistemini kaydetmek igin reaktif tepsisinin yanindaki iki barkodu tarayin.

Bazi reaktif sistemlerinde, ornegin sadece bir veya iki konteynir olanlarda, reaktif tepsisinde sadece
bir barkod vardir.

BOND-PRIME reaktif sistemlerinde tepsinin yaninda tek bir 2D barkod bulunur.
Yazilim Reaktif sistemini ekle diyalogunu gosterir.

Lazer tehlikesi. Ciddi goz hasari potansiyeli. Lazer 1sinlariyla dogrudan goz temasindan kaginin.
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Sekil 8-5: Bir BOND goruntileme sistemini kaydetme

Reaktif sistemi ekle
Bond Oracle HER2 IHC System
Kalalogno: - UPI: THR_00689743 Lot No: 07292
Son kulanma tarini: 30.042028 Baglangic caligmatar 15
I O
1 00689743 *Peroxide Block.
2 00689753 *HER2 Negative Conlrol
3 00689763 *HER2 Primary Antibedy
4 00689773 *Post Primary
5 00689783 *Polymer
6 00689793 *DAB Part 1
7 00689803 “DAB Pant 8
8 00689813 *DAB Part B
9 00689623 *Hematoxylin
| i |
3

Diyalogdaki detaylarin paket detaylarina karsilik geldiginden emin olun ve sonra Tamam segenegine tiklayin.

‘ Bir reaktif sisteminin parcasi olan ayri reaktif konteynirlarini kaydetmeye kalkismayin.

8.3.3.2 BOND Kullanima Hazir Reaktifleri Kaydetme

Bir BOND kullanima hazir reaktif paketini kaydetmek icin konteynirin oniindeki barkodu tarayin. Yazilim Reaktif
paketini ekle diyalogunu gosterir.

Sekil 8-6: BOND Reaktif paketlerini kaydetme

Reaktif paketi ekle

Glial Fibrillary Acidic Protein (GA5), 7 mL
Katalog no: PAD026 UPI: 00690422
Tedarikgi: Leica Microsystems

Lot No: 07360 Son kullanma tarihi: 30.04.2025
Baslangig hac. (mL) 7,00

Diyalogdaki detaylarin paket detaylarina karsilik geldiginden emin olun ve sonra Ekle segenegine tiklayin.
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8.3.3.3  Kullanima Hazir Olmayan Reaktifleri Kaydetme

BOND kullanima hazir paketlerinde saglanmayan reaktifler BOND open container veya titrasyon konteynirlarinda
BOND sisteminde kullanilabilir. Kullanima hazir olmayan bir reaktif hazirlanip 7 mL veya 30 mL open container'a veya
6 mL titrasyon konteynirina doldurulduktan sonra BOND reaktiflerine benzer bir sekilde kaydedilir:

1 Reaktifin sistemde olusturuldugundan ve tercih edildiginden emin olun. Kullanici tarafindan tanimlanan reaktif
stogu kaydi igin tercih edilen durumda olmalidir. (bakiniz 8.2.1 Bir Reaktif Ekleme veya Diizenleme).

BOND Enzim On Islemi Kitiyle olusturulan enzimlerin sistemde 6nceden tanimlandidina ve manuel olusturma
gerektirmedigine dikkat edin.

2 Open container veya titrasyon konteynirinin oniindeki barkodu Open container' ekle diyalogunu agmak igin
tarayin.

3 Reaktif adini, reaktif adi asadi acilir listesinden segin. (Tedarikginin adi reaktif adinin yaninda koseli parantezler
icinde gosterilmistir).

Listede sistemde olusturulan tim BOND disi yardimeilar ve isaretleyiciler ve ayrica BOND Enzim On Islemi Kiti
ile olusturulabilecek onceden tanimlanmig dort enzim vardir. Reaktifi sistemde olugturmadiysaniz Open
container ekle diyalogundan iptalle ¢ikip once bunu yapin (bakiniz yukarida adim 1).

4 Reaktif tedarikgisinin dokiimantasyonundan reaktifin lot numarasini girin.

5 Takvim kontrolleriyle Son kullanma tarihini ayarlamak igin son kullanma tarihi alanina tiklayin (veya tarihi siz
girebilirsiniz).

G/A, GG/AA veya GG/AAA gibi kismi tarihler girebilirsiniz; mevcut yil varsayilan olarak kullanilir
orn. AA/YYYY veya AAA/YYYY girerseniz o ayin ilk glini varsayilan olarak kullanilir.

Gegersiz bir tarih girerseniz, Son kullanma tarihi alani etrafinda kirmizi bir kenar belirir ve bir dogrulama hata
mesajl gosterilir.

Son kullanma tarihi alani disina ¢iktidinizda, gegerli bir tarih girdisi sistem tarihi formatiyla eslesmek tzere
otomatik olarak tekrar formatlanir. Gegersiz bir tarih girmeden once en az bir gegerli tarih girildiyse alan
disariya tiklayip ¢iktiginizda girilen son gegerli tarihe resetlenir.

6 Reaktifi kaydetmek igin Tamam segenegine tiklayin.

8.3.3.4 Manuel Kimlik Girisi

BOND sistemi hir reaktif barkodunu okumazsa Reaktif Stogu ekranindan asagidakileri yapin:

1 Kimlik Gir secenegine tiklayin.
BOND yazilimi Manuel Kimlik girisi diyalogunu gosterir.

2 Konteynerin dntindeki uzun barkodlarla iligkili sayilari iletisim kutusundaki Ust satira yazin ya da 2D barkodla
iligkili sayilari iletisim kutusunun en Ust satirina yerlestirin.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06 208

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



8 Reaktif Yonetimi (BOND Kontrolorde)

3 Dogrula segenegine tiklayin.

Goriintlileme sistemlerinde oldugu gibi birden fazla barkod varsa, her barkod igin ilgili sayilar girdikten sonra
Dogrula Uzerine tiklayin.

4 Barkodlarin gegerli oldugunu dogdruladiktan sonra, yazilim uygun Reaktif paketi ekle iletisim kutusunu gosterir.

5 Reaktif paketi ekle diyalogunda gerektigi sekilde paket detaylarini dogrulayin, detaylari ekleyin ve sonra paketi
kaydetmek i¢in Tamam segenegine tiklayin.

8.3.4  Stok Detaylari Raporu

Reaktif Sto§u ekraninda tabloda gosterilen reaktifler veya reaktif sistemlerinin stok detaylarinin bir raporunu
olusturabilirsiniz. Olusturulan rapor, kalan toplam stok dahil goriinir reaktifler veya sistemlerin her biri iin bilgi
gosterir. Toplam stok minimum stok seviyesinin altindaysa (bakiniz 8.3.2.1 Minimum Stok Ayarini Degistirme) raporda
‘Dlisuk” ile isaretlenir.

Ilgilendiginiz reaktifler veya reaktif sistemlerini gostermek iizere, ekran altindaki filtreleri ayarlayin ve sonra Detaylar
raporu secenegine tiklayin. Rapor olusturulup yeni bir pencerede gosterilir.

Reaktif stogu raporunun sag ustu asagidaki tablodaki bilgileri gosterir.

Kurum Idare istemcisi Ayarlar > Laboratuvar ayarlari ekraninda Kurum alanina girildigi sekilde
kurumun ismi - bkz. 10.5.7 Laboratuvar Ayarlar

Konu Rapordaki reaktifleri veya reaktif sistemlerini segmek igin kullanilan filtre ayarlari.
Tabloda liste halinde verilen her reaktif icin rapor govdesi sunlari gosterir:
e isim

« toplam mevcut stok (minimum stok seviyesinin altindaysa isaretlenir)

BOND katalog numarasi ( kullanima hazir konteynirlarr igin) veya “agik” (open container'lar igin)
« tip (primer, prob, yardimci veya reaktif sistemi tipi)
« tedarikgi
Her ayri reaktif paketi icin rapor sunlari gosterir:
e UPI
* lotnumarasi
* son kullanma tarihi
* kaydedildigi tarih
o ilk kullanildigi tarih
« son kullanildidr tarih
e kalan miktar

Rapor penceresi ve yazdirma segenekleri hakkinda daha fazla detay igin bakiniz 3.7 Raporlar.
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8.3.5  Reaktif Kullanimi Raporu

Reaktif kullanimi raporu, kullanilan reaktif miktarini ve belirli bir stire iginde bu reaktifle kag testin galisildigini gosterir.
Bu bilgi ayri konteynirlar igin tek tek verilir ve ayrica reaktif toplamlarini gosterir.

Rapor tanimlanmis donemde bulunan tiim reaktifleri, Reaktif Stogu ekraninda halen gosterilen reaktiflere
bakilmaksizin kapsar. Reaktif sistemi kullanimi dahil degildir.

‘ BOND-PRIME toplu reaktif kullanimi izlenir ve raporda gosterilir.

Raporun kapsamasini istediginiz donemi segeceginiz tarih segme diyalogunu agmak igin Reaktif kullanimi segenegine
tiklayin. Su tarihten ve Su tarihe tarih ve zamanlarini ayarlayin (bkz. Tarih ve Zaman Secicileri Kullanma (Bélim , sayfa
216)) ve sonra Olustur segenegine tiklayin. Rapor olusturulup yeni bir pencerede gosterilir.

Reaktif kullanimi raporunun sag Ustii asadidaki tablodaki bilgileri gosterir.

Alan Aciklama

Kurum Idare istemcisi Ayarlar > Laboratuvar ayarlari ekraninda Kurum alanina girildigi sekilde
kurumun ismi — bkz. 10.5.7 Laboratuvar Ayarlari

Zaman donemi Raporun kapsadigi donem icin "su tarihten” ve "su tarihe" seklinde tarihler

Donem iginde kullanilan her reaktif icin rapor asagidakileri gosterir:
« isim (reaktifin kisaltiimig ismi);
 Kullanilan her konteynir igin UPI;
« Kullanilan her konteynir igin lot numarasi;
« Kullanilan her konteynir i¢in son kullanma tarihi;
» Hem konteynir basina hem de reaktif i¢in toplam olarak galisilan lam sayis;
» Hem konteynir bagina hem reaktif igin toplam olarak ilgili donemde kullanilan reaktif hacmi.

Rapor penceresi ve yazdirma segenekleri hakkinda daha fazla detay igin bakiniz 3.7 Raporlar.
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8.4  Reaktif Panelleri Ekrani

Bir panel, kullanici tarafindan tanimlanmig bir isaretleyici setidir. Panelleri sisteme hizla bir dizi lam eklemek tizere
kullanabilirsiniz.

Paneller sadece rutin tek boya lamlari ve paralel multipleks lamlar igin kullanilabilir; sirali boya lamlarini ayarlamak igin
kullanilamazlar. Panelleri olusturmak igin bir stipervizor kullanici roltine sahip olmalisiniz.

Reaktif Panelleri ekranini gostermek igin islev cubugunda Reaktif kurulumu simgesine tiklayin ve sonra Paneller
sekmesine tiklayin.

Daha fazla bilgi igin bakiniz:
e 8.4.1 Bir Panel Olusturma
» 8.4.2 Panel Detaylarini Gorme veya Dizenleme

» 8.4.3Bir Paneli Cikarma

8.4.1  Bir Panel Olusturma

Bir panel olusturmak igin asagidakileri yapin (stipervizor kullanici roliintiz olmasi gerekir):

1 Panel ekle secenegine tiklayin.
Yazilim Reaktif paneli 6zellikleri diyalogunu gosterir.

Sekil 8-7: Reaktif paneli 6zellikleri diyalogu

Reaktif paneli 6zellikleri

Panel adi: = HER2 Panel

Mevcut antikorlar: Panel igerigi:
Isaretleyici Tedarikgi Isaretleyici
“Cytokeratin / (KN/) Leica MICrosystems
[ Test dok > ‘ *HER2 Negative Control Leic... Test
es| usu

*Estrogen Receptor (6F11) Leica Microsystems )

*Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS) Leica Microsystems Neg: doku’ >

*HER2 Negative Control Leica Microsystems Poz. doku >

*HER2 Primary Antibody Leica Microsystems

*Immuncalobulin A (N1C1 A) | eica Microsvstems ™
>

m

Reaktif paneli 6zellikleri diyalogunun sagindaki tablo panel igerigini gosterirken soldaki tablo tim kullanilabilir
isaretleyicileri liste halinde sunar.

2 Diyalogun ust kismindaki Panel adi alanina panel igin bir isim girin.

Bir paneli isimsiz kaydedemezsiniz.
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8 Reaktif Yonetimi (BOND Kontrolorde)

3 Panele bir igaretleyici eklemek igin, soldaki tabloda kullanilabilir isaretleyiciler veya problar listesinden bir

madde segin ve sonra >> segenegine tiklayin .
Bir pozitif doku kontroli eklemek icin isaretleyiciye tiklayin ve sonra secenegine tiklayin .
Bir negatif doku kontroli eklemek icin isaretleyiciye ve sonra suraya tiklayin: .

4 Panelden bir maddeyi cikarmak icin sagdaki tabloda segin ve >> secenegine tiklayin .

‘ Panellerde test dokusu bulunmalidir. Test dokusu olmayan bir paneli kaydedemezsiniz.

5 Panel dogru oldugunda, detaylari kaydetmek icin Tamam segenegine tiklayin.

Paneli kaydetmek istemiyorsaniz Iptal segenegine tiklayin.

8.4.2  Panel Detaylarini Gorme veya Duzenleme

Panelin detaylarini gormek igin Reaktif Panelleri ekraninin solundaki tablodan secin. Paneldeki isaretleyiciler ekranin
sagindaki tabloda gosterilir. Paneli diizenlemek igin Panel 6zellikleri secenegine tiklayin ve 8.4.1 Bir Panel Olusturma
tanimlandi§i sekilde diizenleyin.

8.4.3  Bir Paneli Cikarma

Bir paneli sistemden ¢ikarmak igin Reaktif Panelleri ekranindaki tabloda segin ve sonra Paneli gikar segenegine
tiklayin. Gikarmayi dogrulamaniz istenecektir.

‘ Panelleri dikkatli ¢cikarin. Silinen panellerin detaylarini geri alamazsiniz.
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Lam Gegmisi (BOND
Kontrolorde)

Lam gegmisi ekrani BOND sisteminde planlanmis, halen caligiimakta veya caligiimig olan lamlarin detaylarini gosterir.

Planlanmis ancak galisma baslamadan dnce durdurulmus uygulamalar (tepsilerin kilidinin agiimasiyla) icin gegmis
listesinde ayri lam kayitlari gikarilir ve yerlerine tim tepsi i¢in durumu "Reddedildi" olarak gosteren tek bir sira konur.
Galisma olaylari ve galisma detaylari raporlari bu ¢aligmalar igin olusturulabilir.

Bu bolimde asagidaki kisimlar sunulur:
e 0.1 Lam Gegmisi Ekran
¢ 9.2 Lam Se¢cme
o 9.3 Lam Ozellikleri ve Lamin Tekrar Galisiimasi
» 9.4 Calisma Olaylari Raporu
» 9.5 Calisma Detaylari Raporu
» 0.6 Vaka Raporu
e 9.7 Protokol Raporu
e 9.8 Lamlar Ozeti
* 0.9 Verileri Diga Aktar

9.10 Kisa Lam Gegmisi
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9 Lam Gegmisi (BOND Kontrolorde)

9.1 Lam Gecgmisi Ekrani

Lam gecmisi detaylarini gormek veya calisma olaylari, calisma detaylari veya vaka raporlari olusturmak Lamge(;"@
icin iglev cubugunda Lam gegmisi simgesini segin. =~

Sekil 9-1: Lam gegmisi ekrani

Lam gecmisi
Lamfiltreleri | Tarharalg [l sutarinten: | 01012013 1745 [ sutarine: | 05042017 45 B
[ mtani—|Gatsma g | Lam onig sty | sz | Nasaonig | To | own ]
27.08.2013 84 00000288 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Test Devam ediyor =
27.08.2013 84 00000289 *Neg Chirs P. Bacon CS8205 - 255790 Test Devam ediyor
27.08.2013 84 00000241 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Test Devam ediyor
27.08.2013 84 00000291 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Test Devam ediyor
27.08.2013 84 00000292 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Test Devam ediyor
27.08.2013 84 00000290 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Test Devam ediyor
27.08.2013 84 00000293 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Test Devam ediyor
27.08.2013 84 00000294 *Neg Chirs P. Bacon CS205 - 255790 Test Devam ediyor
27.08.2013 84 00000295 *Neg Chirs P. Bacon CS8205 - 255790 Test Devam ediyor
27.08.2013 84 00000296 *Neg Chirs P. Bacon CS8205 - 255790 Test Devam ediyor
26.08.2013 90 00000399 *CDs Cherry Dale 83225 - 527991 Test Devam ediyor
26.08.2013 90 00000398 *Tyros Jacob Dean CS83225 - 527990 Test Devam ediyor
26.08.2013 90 00000396 *CD20 Jacob Dean CS3225 - 527990 Test Devam ediyor
26.08.2013 90 00000395 *CD5 Jacob Dean C83225 - 527990 Test Devam ediyor
26.08.2013 90 00000394 *Tyros Amanda Francis CS3224 - 527909 Test Devam ediyor
26.08.2013 90 00000391 *CD5 Amanda Francis CS83224 - 527909 Test Devam ediyor
26.08.2013 90 00000400 *CD20 Cherry Dale 83225 - 527991 Test Devam ediyor
26.08.2013 90 00000397 “MelA Jacob Dean 83225 - 527990 Test Devam ediyor
26.08.2013 90 00000393 *MelA Amanda Francis CS3224 - 527909 Test Devam ediyor .
Calisma Kimligi rakamlari sirayla artmayabilir

Lam gegmisi listesi, liste tzerindeki Tarih aralidi filtresinde tanimlanan sire iginde ¢alisilan lamlari veya Lam Kimligi
filtresinden bulunan belirli bir lami gosterir (bakiniz 9.2 Lam Segme).

Ekranda gosterilen calisma kimlik numaralarinin sirayla artmayabilecegine dikkat edin. BOND-IIl ve BOND-MAX islem

Mododlleriigin Calisma kimlik numaralari, lam tepsileri kilitlendiginde tahsis edilir ve bu nedenle bir tepsi kilitlenir, kilidi
aclilir ve tekrar kilitlenirse (calisma baslamadan) calisma kimligi sayisi artar ve ilk kilitlemeden sonra tahsis edilen say
atlanir.

BOND-PRIME islem Modiiliinde, her lam icin bir galisma kimligi numarasi tahsis edilir.

Lam kurulumu ekraninda kullanilan lam renk kodlamasi (bakiniz 6.5.17 Lam Alanlari ve Kontrollerinin Tanimi):

Beyaz: Lam ekle diyalogunda olusturulan lamlar

Sari: Lam tanimlama diyalogunda olusturulan lamlar (bakiniz 6.8 Manuel Lam ve Vaka Olusturma)

Acik gri: LIS lamlari

e Kirmizi: 6neelikli LIS lamlari (bakiniz 11.2.5 Oncelikli Lamlar)
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9 Lam Gegmisi (BOND Kontrolorde)

Her lamda LIS'te belirtilen su degerler vardir:
« isleme tarihi (lam galisma isleminin basladigi tarih)
 Calisma Kimligi
e Lam Kimligi
« isaretleyici (primer antikor veya probun adi)
* Hasta ad
 Vaka Kimligi
« Tip (test dokusu veya pozitif veya negatif kontrol dokusu)

 Durum (devam etmekte veya yapilmis ve herhangi bir beklenmeyen olayin bulunup bulunmadigi; ayrica
calismaya baslamadan dnce durdurulmus galismalar icin "Reddedildi”)

Durum Yapildi (olaylar bildirildi) seklindeyse, beklenmeyen olaylarin boyamayi etkileyip etkilemedigini
belirlemek igin Calisma Olaylari Raporunu inceleyin. Beklenmeyen olaylar koyu metinle gosterilir.
Bir lam hakkinda bilgi gormek igin listeden segin ve sonra liste altindaki diigmelerden birine tiklayin.

9.2 Lam Segcme

Lam gegmisi ekraninda listelenecek lamlari, tanimlanmis bir donem iginde galisiimig tim lamlari gostererek veya lam
kimligini girerek belirli bir lami goriintuleyerek filtreleyin. Asadr agilir mentye tiklayin ve sonra kullanmak istediginiz
lam filtresini segin.

Veri araligi lam filtresi
Sekil 9-2: Veri araligi lam filtresi

Lam gecmisi

Lam filtreleri | Tarih araligi B suwinen: | 01012003 5] | 1745 Bl sutarine: | 05042017 B | 1745 [ QRN “

Ekranin bildirim donemini belirlemek igin Tarih arahigi lam filtresini kullanin. Sadece bu dénem iginde ¢alisilan lamlar
gosterilir. Gosterilecek zaman donemini segmek igin “Su tarihten” ve “Su tarihe” tarihlerini ve gerekirse zamanlari
ayarlayin. Sonra lamlari gostermek igin Uygula segenegine tiklayin.

Tanimladiginiz donemde 1000'den fazla lam galisildiysa sadece ilk 1000 adedi gosterilir. Tum setin detaylarini gormek
igin lam verilerini disa aktarmaniz gerekir — bakiniz 9.9 Verileri Disa Aktar.

Bitis alani baslangigta mevcut tarih ve zamana ve Baglangig alani tam bir hafta oncesine ayarlanir. Ayarlari
degistirirseniz bu konfigrasyona Son yedi giin segenegine tiklayarak donebilirsiniz.
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9 Lam Gegmisi (BOND Kontrolorde)

Tarih ve Zaman Segicileri Kullanma

Gun, ay ve yil ayarlamak igin takvim simgesine tiklayin ve bir tarih segin. Takvim baglik gubugundaki oklara tiklayarak
aylari kaydirin veya baslik cubugunun ortasina tiklayarak baska bir ay segin veya yillari kaydirin. Alternatif olarak tarihi
dogrudan alana girebilirsiniz.

Zamani ayarlamak igin zaman alanina tiklayin ve yukari ve asagi digmelerini kullanin (veya klavye yukari ve asagi ok
tuslari). imlecin yerlestirildigi yere bagli olarak zaman bir saat on dakika veya bir dakika olarak degisir. Alternatif
olarak zamani dogrudan alana girebilirsiniz.

Lam kimligi lam filtresi

Lam Kimligi lam filtresini belirli bir lam hakkinda bilgi bulmak igin kullanin. Lam kimlidini Lam Kimligi alanina girin ve
Uygula secenegine tiklayin.

9.3  Lam Ozellikleri ve Lamin Tekrar Calisiimasl

Lamin ozelliklerini Lam gegmisi listesinde gormek igin lami segin ve sonra Lam 6zellikleri segenegine tiklayin (veya
Gift tiklayin). Bu islem Lam kurulumu ekranindan agilanla ayni diyalogdur (6.5.4 Bir Lami Diizenleme).

Lam gegmisi ekranindan agildiginda Lam 6zellikleri diyalogunda herhangi bir hasta veya test detayin
diizenleyemezsiniz (glinkii lam zaten galisiimistir veya galisiimaktadir) ancak Yorumlar alanina notlar ekleyebilir veya
lamlari tekrar galisabilirsiniz - bakiniz 9.3.1 Lamlari Tekrar Calisma.

9.3.1  Lamlar Tekrar Calisma

Lam gerekliliklere uymuyorsa tekrar galisiimak tzere isaretlenebilir. Lam dzellikleri diyalogundan bir lam tekrar
calismasini baslatmak Uzere asagidaki islemleri kullanin:

1 Lami kopyala secenegine tiklayin.
Lam oOzellikleri diyalogu diizenlenebilir alanlarla Lam ekle diyaloguna degisir.

2 Gerekli herhangi bir degisikligi yapin ve sonra suraya tiklayin: Lam ekle.

3 Kopyalanmig lam igin vaka, hasta ve doktoru Lam kurulumu ekranina eklemek tizere dogrulayin.
Istiyorsaniz, daha fazla lam ekleyebilmeniz igin Lam ekle diyalogu agik kalir.

4 Lam gegmisi ekranina donmek igin Kapat segenegine tiklayin.

5 Yeni olusturulmus lamlar normal sekilde ¢alisin.
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9 Lam Gegmisi (BOND Kontrolorde)

9.4  Calisma Olaylari Raporu

Lam gegmisi ekranindan olusturulan bu rapor segilen lamin birlikte ¢alisildigi tepsideki tim lamlar igin tim olaylari
gosterir. Raporu olusturmak igin Galigma olaylar segenegine tiklayin.

BOND-PRIME islem Modiilii igin bu rapor lamlar icin olaylari ayri ayri gosterir.

BOND-IIl veya BOND-MAX icin Calisma Olaylari Raporlari, ayrica lamlar ¢alisilirken de olusturulabilir. Sistem durumu
veya Protokol durumu ekranlarinda uygun calisma veya listeye sag tiklayin ve meniiden Galigma olaylari segenegini
secin. Bir lam bilgilendirmesi baslatmis olaylar kolayca bulunabilmeleri igin koyu metinle gosterilir.

Calisma Olaylari Raporunun sag Ustu asagidaki tablodaki bilgiyi gosterir.

Islem modiili seri Calisma igin kullanilan iglem modultntn seri numarasi

numarasl

Islem modiili Calisma igin kullanilan iglem modaltuntn adi

Lam tepsisi BOND-IIl veya BOND-MAX Uzerinde ¢alisma igin kullanilan lam boyama Unitesinin sayisi

ARC Modlu Calismaigin kullanilan BOND-PRIME ARC Modiiliiniin sayisi (sadece BOND-PRIME)

Damlatma hacmi Damlatilan reaktif hacmi (bakiniz 6.5.8 Damlatma Hacimleri ve Lamlar Uzerinde Doku
Pozisyonu)

Baslama zamani Calismanin baslatildigi tarih ve zaman

Galigsmanin ilerlemesi Calismanin Bitmis veya halen Calisiliyor durumda olmasi

Boyama modu Kullanilan boyama modu, 6rnegin Tek rutin

Calismadaki lamlar icin lam etiketlerinin gorintileri raporun ustiinde gosterilir. Raporun ana bolimi galisma olaylari
icin zaman, olay numarasi ve olay tanimini gosterir. Olay numarasi Leica Biosystems tarafindan gerekirse hata izleme
icin kullanihr.

Rapor penceresi ve yazdirma segenekleri hakkinda daha fazla detay igin bakiniz 3.7 Raporlar.
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9 Lam Gegmisi (BOND Kontrolorde)

9.5 Calisma Detaylari Raporu

Lam gegmisi ekraninda olusturulan bu rapor halen segili lam ile ayni tepsideki her lamin detaylarini gosterir. Tepsinin
galisiimasi bitmis ve kilidi agiimig olmalidir. Raporu olusturmak igin Galisma detaylari segenegine tiklayin. Raporun
sag Ustl asagidaki tablodaki bilgiyi gosterir:

Islem modiilii seri
numarasi

PM adi

Lam tepsisi

Boyama konumu
Baslama zamani
Galismayi baglatan
Lami yikleyen

Lami bosaltan

Calisma icin kullanilan islem moddlinin seri numarasi

Calisma icin kullanilan islem moddlinin ad

BOND-IIl veya BOND-MAX Uzerinde g¢alisma igin kullanilan lam boyama Unitesinin
saylsl

Calisma igin kullanilan BOND-PRIME ARC Modiiliiniin sayisi (sadece BOND-PRIME)
Galismanin baslatildigi tarih ve zaman

Calismayi baslatan kisinin kullanicr adi.

Lami yiikleyen kisinin kullanici adi (sadece BOND-PRIME)

Lami bosaltan kisinin kullanici adi (sadece BOND-PRIME)

Calismadaki her lam icin raporun ana bolimd lam etiketinin bir gorintisini ve asagidaki bilgileri gosterir.

Alan Aciklama

Lam Kimligi
Lami olusturan
Vaka No.

Doku tipi

Damlatma hacmi

Hasta ad

Vaka Kimligi
Boyama protokolu
Hazirlama

HIER protokoli
Enzim protokoli

Denatirasyon

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06

BOND sistemi her lama benzersiz bir tanimlayici verir

Lami olusturan kisinin kullanicr adi veya gerekirse “LIS".

BOND yazilimi tarafindan olusturulan benzersiz bir vaka tanimlayicisi
Test dokusu, pozitif kontrol dokusu veya negatif kontrol dokusu

Damlatilan reaktif hacmi (bakiniz 6.5.8 Damlatma Hacimleri ve Lamlar Uzerinde Doku
Pozisyonu)

Hastanin tanimlamasi

Lam kurulumu sirasinda girilen vaka tanimlamasi
Kullanilan boyama protokolu

Kullanilan hazirlik protokoli (varsa)

Kullanilan HIER protokolii (varsa)

Kullanilan enzim epitop geri alma protokoli (varsa)

Sadece ISH icin kullanilan denatiirasyon protokoli (varsa)
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Hibridizasyon Sadece ISH igin kullanilan hibridizasyon protokolii (varsa)

LIS referansi [2- 7] LIS-ip kurulu sistemler icin ek LIS referansi bilgisi (bakiniz 11.2.6 LIS Lam Veri Alanlari)
Boya Kullanilan boyama modu, 6rnegin Tek rutin

Tamamlanma durumu Lamin halen galisiimakta, tamamlanmis veya skorlanmis olup olmadigini gosterir.

Ayrica herhangi bir bilgilendirme olayi olup olmadig bildirilir.
Yorumlar Yorumlar herhangi bir zamanda bir lamin dzelliklerine girilebilir

Oturumu kapat: Oturum kapatma, yazili kagit raporunda bir stipervizorin her lami kapatabilecegi
ayrilmis bir alandir

Kullanilan Reaktifler (veya karigik bir reaktifin igeriklerini iceren tercih edilen kit)

UPI Bu lam igin kullanilan her reaktif igin benzersiz paket tanimlayici veya tercih edilen kit
Isim Bu lamigin kullanilan her reaktifin veya tercih edilen kitin adi

Halka agik isim LIS-ip kurulumlu sistemler igin halka agik isim

Lot No. Bu lam igin kullanilan her reaktifin veya tercih edilen kitin lot numarasi

Kimyasal reaktif lot numaralari BOND-PRIME i¢in dahil edilmigtir

Son Kullanma Tarihi Bu lam icin kullanilan her reaktifin veya tercih edilen kitin son kullanma tarihi

Rapor penceresi ve yazdirma segenekleri hakkinda daha fazla detay igin bakiniz 3.7 Raporlar.

9.6  Vaka Raporu

Bu rapor halen segili lamla ayni vakadaki her lamin detaylarini gosterir. Rapor Lam kurulumu ekranindan, Lam gegmisgi
ekranindan ve Lam tanimlama diyalogundan olusturulabilir. Vaka raporunun sag tst kismi asagidaki tablodaki bilgileri
gosterir:

Vaka Kimligi Lam kurulumu sirasinda girilen vaka tanimlamasi

Hasta ad Hasta adl

Vaka yorumlari Ek vaka bilgisi

Doktor Hastadan sorumlu doktor veya sevk eden patologun adi

Doktor yorumlari Ek doktor bilgisi

Olusturan Vakanin olusturuldugu tarih ve zaman

Vaka No. BOND sistemi tarafindan olusturulan benzersiz bir vaka tanimlayici
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Raporun ana bolumdi vakadaki her lam igin asagidaki bilgileri gosterir:

Lam Kimligi

Lami olusturan
Calisma

Galismayi baglatan
Doku tipi

Damlatma hacmi

Boyama protokoli
Hazirlama

HIER protokolu
Enzim protokolu
Denatirasyon
Hibridizasyon

LIS referansi (2 - 7)
Boya

Islem moduilii seri
numaras

Boyama Konumu

Tamamlanma durumu

Yorumlar

Oturumu kapat:

UPI
Isim
Halka acik isim

Lot No.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06

BOND sistemi her lama benzersiz bir tanimlayici verir

Lami olusturan kisinin kullanici adi veya gerekirse “LIS".

Lamin galisildigi calismanin numarasi

Calismayi baslatan kisinin kullanicr adi.

Test dokusu, pozitif kontrol dokusu veya negatif kontrol dokusu

Damlatilan reaktif hacmi (bakiniz 6.5.8 Damlatma Hacimleri ve Lamlar Uzerinde Doku
Pozisyonu)

Kullanilan boyama protokoli

Kullanilan hazirlik protokolii (varsa)

Kullanilan HIER protokolii (varsa)

Kullanilan enzim epitop geri alma protokoli (varsa)

Sadece ISH icin kullanilan denatiirasyon protokolii (varsa)

Sadece ISH igin kullanilan hibridizasyon protokolii (varsa)

LIS-ip kurulu sistemler igin ek LIS referansi bilgisi (bakiniz 11.2.6 LIS Lam Veri Alanlari)
Kullanilan boyama modu, 6rnedin Tek rutin

Lami galistiran islem modiiliintin seri numarasi (sadece BOND-PRIME)

Lamin galistinldigi pozisyon (sadece BOND-PRIME)

Lamin halen galisiimakta, tamamlanmis veya skorlanmis olup olmadigini gosterir.
Ayrica herhangi bir bilgilendirme olayi olup olmadig bildirilir.

Yorumlar herhangi bir zamanda bir lamin ozelliklerine girilebilir

Oturum kapatma yazili kagit raporunda bir stipervizoriin Skor ve Yorumlari
kapatabilecegi ayriimis bir alandir

Kullanilan Reaktifler
Bu lam igin kullanilan her reaktif igin benzersiz paket tanimlayici
Bu lam igin kullanilan her reaktifin ad
LIS-ip kurulumlu sistemler igin halka acik isim
Bu lam igin kullanilan her reaktifin lot numarasi

Kimyasal reaktif ot numaralari, BOND-PRIME igin dahil edilmistir
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Son Kullanma Tarihi Bu lam igin kullanilan her reaktifin son kullanma tarihi

Rapor penceresi ve yazdirma segenekleri hakkinda daha fazla detay igin bakiniz 3.7 Raporlar.

9.7  Protokol Raporu

Segilen lamlar icin kullanilan protokollerin raporunu olusturmak tzere bir lam segin ve Protokol raporu segenegine
tiklayin. Lam Uzerinde galisilanlardan istediginiz protokolu segin ve sonra rapor olusturmak igin Rapor segenegine
tiklayin. Raporun tanimiigin bakiniz 7.5 Protokol Raporlari.

9.8 Lamlar Ozeti

Lam c¢alisma ozeti belirlenen bir donemde baslatilan lam sayisini gosterir. Bu bilgi hem tablo hem de grafik formatinda
belirtilen donemde birim zamanda galisilan lam sayisi olarak gosterilir.

Galigilan lam sayisinin raporunu almak igin Lam 6zeti diyalogunu agmak lzere Lam gegmisi ekraninda Lam ozeti
secenedine tiklayin.

Belirli bir islem modiiliinii adiyla segin veya Timii (tim islem modiilleri veya BOND-ADVANCE iginde istemcinin halen
bagl oldugu podda tiim islem modiilleri) segenegini islem modiilti asagi acilir listesinden segin.

GOziinirluk alaninda baslatilan lam sayisini bildirmek igin kullanilan zaman birimini segin, orn. "GUn" belirlenen zaman
donemi iginde her giin baslatilan lam sayisini gosteren bir rapor olustururken "Ay" donem iginde her ay baslatilan lam
sayIsini verir.

Su tarihe ve Su tarihten tarihlerini ayarlayin. Goziinirliik alaninda ayarlanan zaman birimi Su tarihten tarihinden baslar
ve Su tarihe yaklasana kadar tam birimlerle devam eder ve donemi tamamlamak igin bir kismi birim gerekebilir.

Raporu on izlemek igin Olugtur secenegine tiklayin.

Rapor penceresi ve yazdirma segenekleri hakkinda daha fazla detay igin bakiniz 3.7 Raporlar.
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9 Lam Gegmisi (BOND Kontrolorde)

9.9

Verileri Disa Aktar

Lam gegmisi ekraninda, segilen tarih araliginda islemeyi tamamlayan tim lamlarin ayrintilarini igeren bir dosya
olusturmak igin Verileri diga aktar'a tiklayin. Disa aktarilan dosya standart “virgiille ayrilmis degerler” (csv) dosya
formatindadir ve dosya Microsoft Excel gibi Gglincu parti hesap tablosu uygulamalarina kolayca ige aktarilabilir. Bir
hesap tablosuna ige aktarildiktan sonra veriler siralama, arama ve 6zel raporlar ve grafiklerin olugturulmasini mimkn
kilan (hesap tablosu islevselligine bagli olarak) bir formatta sunulur.

Secilen tarih araliginda her lam icin disa aktarilan dosyaya asagidaki bilgiler dahil edilecektir.

Islem tarihi

Islem modiilii seri numaras|
Lam Kimligi

Calismayi baslatan
Isaretleyici UPI

Isaretleyici UPI 2

Hasta adl

Doku tipi (Test veya pozitif veya negatif kontrol)
Durum

Yorumlar

Hazirlama protokolu adi
HIER protokoli adi

HIER protokoli adi 2

Enzim protokoll adi

Enzim protokoli adi 2
Denatlrasyon protokoli adi
Denatlrasyon protokoli adi 2
Hibridizasyon protokoli adi
Hibridizasyon protokoli adi 2
Boyama protokolu adi
Boyama protokolu adi 2
Goruntuleme sistemi adi

Gorlntileme sistemi adi 2

Islem modiilii adi
Galisma Kimligi
Lami olusturan
Boya

Isaretleyici ad|
Isaretleyici adi 2
Vaka Kimligi
Doktor

Damlatma hacmi

Hazirlama protokoli versiyonu
HIER protokolu versiyonu

HIER protokolu versiyonu 2

Enzim protokoli versiyonu

Enzim protokoli versiyonu 2
Denatirasyon protokoli versiyonu
Denatirasyon protokoll versiyonu 2
Hibridizasyon protokoli versiyonu
Hibridizasyon protokoli versiyonu 2
Boyama protokolu versiyonu
Boyama protokolu versiyonu 2
Goruntuleme sistemi seri numarasi

Gorlntlleme sistemi seri numarasi 2

Basliklarinda 2 rakami bulunan situnlar sadece sirali multipleks boyama lamlari igin gecerlidir ve bunlar o lam igin
ikinci boya ile ilgili bilgileri tanimlar.
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9 Lam Gegmisi (BOND Kontrolorde)

Lam detaylari disa aktarmak igin asagidaki islemi kullanin:
1 Gerekli tarih araligini segin (bakiniz 9.2 Lam Segme).
2 Verileri Diga Aktar segenegine tiklayin.
3 Komut verildiginde dosyayi kaydetmeyi segin.
Dosya giincellemeler klasoriine kaydedilir (veya baska bir klasore kaydetmek igin Farkli kaydet segenegini
segin.

Kaydedilen dosya Microsoft Excel gibi standart bir hesap tablosu programinda agilip uygulamada bulunan islevlere
gore diizenlenebilir. Dosyayr agarken bazi dosya parametreleri belirlemeniz gerekebilir. Dosya "csv" formatindadir ve
parametreler asagidaki sekildedir:

« Dosya tipi Sinirlanmigtir
« Sinirlayici veya Ayirici bir Virgildir

e Genel siitun formatini kullanin.

Disa aktarilan lam detaylarinda, calismaya baslama tarihi ekran lam gegmisi baglama zamanina tam
olarak uymayacaktir. Lam ge¢cmis ekraninda gosterilen baslama zamani, A calismaya baslama
digmesi secenegine basildigi zamandir. Ancak disa aktarilan veriler kisminda bildirilen zaman,
calismanin islem moduliinde galisiimasina fiilen baslanan zamandir.
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9 Lam Gegmisi (BOND Kontrolorde)

9.10 Kisa Lam Gecmisi

Kisa lam ge¢misi raporu, Lam Gegmisi ekraninda lamlari segmek igin kullanilan zaman gergevesi iginde galisiimis veya
halen calisiimakta olan poddaki tim lamlar hakkinda bilgi gosterir. Raporda bir oturum kapatma alani vardir ve
calisilan lamlarin bir kaydi olarak kullanilabilir.

Kisa bir lam gegmisi raporu olusturmak igin Lam gegmisi ekranini agin ve ekrani belirli bir stre iginde podda ¢alisiimis
tlim lamlarla doldurmak igin Su tarihten ve Su tarihe tarih ve zamanlarini ayarlayin (bakiniz 9.2 Lam Se¢me). Raporu
olusturmak igin Kisa lam gegmisi segenegine tiklayin.

Yiiksek i¢ hacimli laboratuvarlarda Lam gegmisi ekranindaki varsayilan zaman aralii (bir hafta)

binlerce lam igerebilir. Bu kadar ¢ok lam igin rapor olusturmak uzun strebilir - mimkinse varsayilani
kabul etmek yerine daha kisa zaman araliklari tanimlamayi distnun.

Rapor her lam i¢in agagidaki detaylari igerir:

 Vaka Kimligi  Doku tipi

e Hastaad  Damlatma hacmi
e Lam Kimligi e Durum

« lsaretleyici e Oturumu kapat

Boyama konumu (sadece BOND-PRIME)
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Uygulama Istemci (BOND
Kontrolorde)

Tiim genel Leica BOND sistemi konfigiirasyonu (protokoller ve reaktifler harig) ayri bir yazilim uygulamasi olan
“administration client” (uygulama istemcisi) icinde gergeklestirilir. Sadece yonetici yetkisi olan kullanicilar uygulama
istemcisini ¢alistirabilir ve tim fonksiyonlara erigebilir.

Uygulama istemcisinde, istemcinin tst kisminda bulunan bir iglev cubugunda yer alan simgelerden agilan agsagidaki
ekranlar bulunur:

Kullanicilar LIS Etiketler Ayarlar Donanmim Yardim Oturumu Kapat

»F B S w B g9 O 4

» 10.1 Kullanicilar
e 10.2LIS

e 10.3 Etiketler

e 10.4BDD

e 10.5 Ayarlar

¢ 10.6 Donanim
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10 Uygulama istemci (BOND Kontrolorde)

10.1 Kullanicilar

BOND sistemi kullanicilari, uygulama istemcisinin Kullanici yonetimi ekraninda yonetilir. Kullanicilari Kullaniciar
olusturabilir, diizenleyebilir ve devre disi birakabilirsiniz. Kullanicilari silemezsiniz - sistemde sonsuza kadar e
kalirlar. Ancak kullanicilari devre digi birakabilir ve her iki istemciye erisimini engelleyebilirsiniz.

Etkinlestirilmis kullanicilarin yazilim iginde kendilerine farkli haklar sagdlayan rolleri vardir. Sadece yonetici rolii olan
kullanicilar uygulama istemcisini agabilir (ve burada tiim islevleri gerceklestirehilir). Operator roli olan kullanicilar
reaktifleri kaydedehilir, lamlari kurabilir ve isleyebilir ve raporlar olusturabilir ancak reaktif detaylari, reaktif panelleri
veya protokolleri diizenleyemez. Stipervizor roli olan kullanicilar tim operator haklarina sahiptir ancak ayni zamanda
reaktif detaylari, panelleri ve protokolleri de diizenleyebilir. Kullanicilarin birden fazla roli olabilir.

Sekil 10-1: Kullanici yonetimi ekrani

1 2 3 4

Kullanici yénetimi

Kullanicilan goster: Bl Kullanic ekie

admin
isim Kullanier kimligi

supervisor Kullanici Ad john
Esas isim: john
Tsim Soyadi marshal
Sifre:

Sifreyi dogrulayin:

Unvan:

Kullaniciys devre disi birak 5

Roller

Yonetici
Kullanies 6

Supervizor

10 9 8 7

Agiklama

1 Tiim BOND kullanicilarinin listesi 7 Reset

2 Tum kullanicilar veya sadece etkinlestirilmis veya Kaydedilmemis degisiklikleri geri al

devre digi birakilmig kullanicilar gostermek iizere 8  Kaydet

filtreler Mevcut kullanicrigin degisiklikleri kaydet
3 Segilen kullanicinin detaylari 9  Halen segili kullanici — detaylari ekranin saginda
gosterilir

4  Parola gereklilikleri mesaji
10 Ekle

Yeni bir kullanicrigin detaylar eklemek tzere
ekranin sagindaki alanlari silmek igin tiklayin

5  Kullaniclyi devre disi birak
Halen secili kullaniciyi devre disl birak (veya tekrar
etkinlestir)

6 Roller
Kullanici rollerini segin
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10 Uygulama istemci (BOND Kontrolorde)

Her yeni kullanici igin bir kullanici adi ve sifre gerekir. Bunlarin her ikisi klinik istemci ve uygulama istemcisinde oturum
agmak igin gereklidir. Bir kullanici olusturulduktan sonra kullanici adi degistirilemez ancak sifre degistirilebilir.
Kullanicilar kendi sifrelerini istedikleri zaman BOND oturum agma diyaloglarindan degistirebilir ve yoneticiler bunlari
Kullanici yonetimi ekranindan degistirebilir. Sifreler 4-14 karakter uzunlugunda olmali ve en az bir rakam igermelidir.

degistirildikge bu parolalari dogrular; minimum gereklilikler saglanmadigi surece bir parolayi
kaydedemezsiniz. Parolalari diger personelle paylagmayin. Aractan uzaktayken hesabinizin

@ Parolalar buyuk-kuctk harfe duyarlidir ve karisik harfler iceren parolalar onerilir. BOND parolalar
oturumunu her zaman kapali tutun.

Diger kullanici detaylari (isim ve soyadi ve invan) istege baghdir. Bunlar giinltkler ve raporlarda bulunur. Kullanici
Kimligi otomatik olarak atanir ve gunliklerde ve raporlarda gorunur.
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10 Uygulama istemci (BOND Kontrolorde)

10.2 LIS

Gogu LIS konfigurasyonu BOND LIS-ip kuruldugunda servis personeli tarafindan diizenlenir ancak kullanicilar,
LIS konfigiirasyonu ekraninda az sayida konfiglirasyon secgenegine erisebilir. Ekranda ayrica hata mesajlarinin

bir guinligu vardir.

Sekil 10-2: LIS konfigiirasyonu ekrani

LIS konfigiirasyonu
BOND LIS-ip igin Leica Biosystems'dan salanan bir sifreyle aktive edilen bir lisans gereklidir.
1 Lisans: AAAAAAAAA
2 Esit vaka kimligi Mevcut vakays geri getir -
3 BOND'da LIS yazdirmayi zorla:
4 LIS lamlanni gancellemek igin LIS etkinlestir
5 Islenmemis LIS lam mriini etkinlestir (saaty |1 7
Gunluk mesajlari
N e 2
6
8
Aciklama
1 Lisans islenmemis LIS lam 6mriinii etkinlestir (sa)
LIS-ip lisans sifresini gosterir. Girilen saat sayisi iginde galisiimamis lamlari bir
2 Esit vaka kimligi LiSten siler.
Mevcut vakalarla ayni vaka kimligine sahip vakalar Giinliik Mesajlari
igin eylemi ayarlar. Gunligu gorintile secenedine tikladiginizda bir
3 BOND'a LIS yazdirmayi zorla liste olarak gosterilir (saga bakiniz).
TUm LIS lamlarinin BOND tarafindan yazdiriimasini LIS veri alanlarini diizenle
saglayin. Bakiniz 11.7 Lam Etiketleri. LIS lam verilerinin gortntusini BOND 'da
4 LIS lamlarini giincellemek igin LIS etkinlestir konfigiire et - agagida bakiniz BOND.

Ayni barkod kimligine sahip lamlar LIS tarafindan
tekrar geri gonderilirse galisiimamis lamlarin
lizerine yazin (giincelleyin). Bu ayarlar devre disi
kalirsa BOND, LIS tarafindan ayni barkod kimliginin
tekrar kullaniimast igin tim denemeleri
reddedecektir.
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Giinligu gorintile

Gunlugu goruntule BOND'a gonderilen LIS
mesajlari veya BOND'dan LIS mesajlarina
cevaplar nedeniyle olusan hatalarin bir listesini
gosterir. Listeyi yakin zamanli hatalarla
guncellemek igin tekrar tiklayin.
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Lisans

BOND LIS-ip igin Leica Biosystems tarafindan verilen bir sifreyle aktive olan bir lisans gerekmektedir. Genelde bu sifre,
LIS-ip baglantisini kuran servis personeli tarafindan sizin igin girilir ancak girilmemisse ekranda sadece Lisans alani
gordlur. LIS-ip islevselligini agmak ve Sekil 10-2'da gosterilen konfigiirasyon segenekleri ve guinltigu gostermek igin
sifreyi girin.

Esit Vaka Kimligi

BOND dahilinde oldugu gibi, son kullanma tarihi gecmis veya silinmis LIS vakasl olarak ayni vaka kimligine sahip
vakalari LIS'ten alindiginda nasil kullanilacaklarini ayarlamak igin Esit vaka kimligi segcenegini kullanin. (Bir LIS vakasi
mevcut BOND vakasl olarak ayni vaka kimligine sahipse, yani BOND dahilinde olusturulan otomatik olarak reddedilir.)
ki segenek meveuttur:

» Mevcut vakayi geri getir: yeni vaka alindiginda, hasta adinin mevcut vakayla ayni olmasi sartiyla mevcut vaka
geri getirilir (yani tekrar kullanilir). Yeni vaka ayni vaka kimligine sahip olmakla birlikte hasta adi farkliysa
reddedilir.

Doktorun adi degistiyse yeni ad kullanilir.

» Mesaji reddet: yeni LIS vakasi BOND'a aktarilmaz. Bu durumu bildiren bir mesaj LIS'de kaydedilir. LIS'de vaka
kimligini degistirip vakayi tekrar gondermelisiniz.

LIS disi vakalarda esit vaka kimliklerinin nasil kullanilacagina dair agiklama igin bakiniz 6.3.4 Esit Vaka, Geri Getirme
ve Son Kullanma Tarihi. LIS vakalari hakkinda genel bilgi igin bakiniz 11.2.2 LIS Vakalar!.

LIS Lam Veri Alanlar

BOND LIS-ip kurulumu, LIS tarafindan her lam icin BOND'a yedi adede kadar parametre gondermek tizere konfigtire
edilebilir. Bunlar sadece gortntuleme igindir ve Lam ozellikleri iletisim kutusunda LIS sekmesinde gosterilirler. Bu
parametrelerin temel konfiglirasyonunun servis teknisyeni tarafindan yapiimasina karsin parametrelerden herhangi
birini gizlemeyi segebilir ve alanlarin adlarini belirleyebilirsiniz.

Gostermek istediginiz alanlari isaretleyin ve alan adlarini girin.
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10.3 Etiketler

Lam etiket sablonlarini olusturmak ve diizenlemek ve kullanilacak sablonlari segmek igin Etiket sablonlari ikﬂ
ekranini kullanin. 5

BOND sistemindeki sekiz lam tiird ile kullanim igin sekiz 2B sablon tiru vardir:
» BOND tek boyama
» BOND Oracle
» BOND sirali multipleks boya
» BOND paralel multipleks boya
e LIStek boyama
e LISOracle
o LIS sirali multipleks boya
LIS paralel multipleks boya

‘BOND" sablonlari BOND'da olusturulan lamlar igindir ve “LIS" sablonlari LIS iginde olusturulan ancak BOND'dan
yazdirilan lamlar igindir.

Bu onceden tanimlanmig sablonlar diizenlenemez veya silinemez.
BOND 1D, 2D ve OCR barkodlarini okuyabilir, ancak sadece 2B barkodlar olusturabilir.

BOND sisteminiz 5.1 veya daha oncesine yukseltildiyse, bu onceki model 2B barkodlari desteklemediginden, mevcut
barkod tarayiciyr kullanmaya devam edemezsiniz.

Bir lam tipi icin baska bir sablon kullanmak tzere varsayilan sablonu kopyalayin ve olusan “kullanici sablonunu”
duizenleyin. Sonra bunu “aktive edin” ve boylece BOND cihazinin o tip sablonlar igin kullanacagi sablon haline getirin.
Her lam tipi igin istediginiz sayida sablon olusturabilirsiniz ancak bir defada sadece biri aktive olabilir.

IKAZ: Otomatik etiket tanimlamanin basarisiz olma ihtimaline karsl, etiketlerin manuel olarak
tanimlanabilmesine yetecek bilgiyi daima etiketlere dahil edin. Leica Biosystems tim lamlarda
asagidaki alanlarin bulunmasini énerir:

* Vaka Kimligi veya Hasta adl
e Lam Kimligi
« Doku tipi - kontrol dokularini tanimlamak icin ve

» Isaretleyici — uygulanacak primer antikor veya prob.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06 230

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



10 Uygulama istemci (BOND Kontrolorde)

Sekil 10-3: Etiket sablonlan ekrani

2 ‘ 7
3 a
: | 123456787
E:-!( 12/12/2016
. *mARK(1)
Mr. J. Citizen '
AIHC F (+) :
EDr. Jones ]
5
2 3 23 R :
4 6

Aciklama

1 Lamtipi
Bir lam tipi segin — bu tip igin tim sablonlar
asagidaki panoda gosterilir

2 Aktif sablon (mavi onay isaretli)

3 Segilen sablon, sagda diizenleme panosunda
gosterilir

4 Sablon yonetim komutlari = bakiniz Sekil
10-4 Etiket sablon yonetimi komutlari

5 Sablon diizeni solda segili olarak diizenleme
panosu

6 Sablon diizenleme komutlari = bakiniz Sekil
10-5 Etiket sablonu diizenleme komutlari

7  Sablon ozellikleri
Bir bitiin olarak halen segili sablon diizeninin
ozellikleri (sol panoda Diizenle diigmesine
tiklayincaya kadar yalnizca gorintileme
igindir)

Sekil 10-4: Etiket sablon yonetimi komutlar

1 2

3 4

23 3 =3 KN

Aciklama

1 Halen segili sablonu halen segili lam tip igin
tim lam etiketlerinde kullanmak lzere
ayarlayin.

2 Yeni bir "kullanici” sablonu olusturmak igin
halen secili sablonu kopyalayin.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

3 Ekranin sagindaki komutlar ve diizenleme
panosunu kullanarak halen segili sablonu
duzenleyin. Varsayilan sablonlar
duzenlenemez.

4 Halen secili sablonu silin. Varsayilan
sablonlar silinemez.
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Sekil 10-5: Etiket sablonu diizenleme komutlari

Etiket sablonlari

=] *BOND tek boyama 28
) o

=] BOND tek boyama 2B_1
(ERl e

Lam tipi: - Lam etiketi tasarlayici

Mr. J. Citizen

Sablon ozellikleri -

Sablon ad BOND tek boyama 28_1

Uniteler: Milimetre B 1

Yukseklik: 14,2239995559057
Genislik 21,0620000807444

------------------ Ana hatlan goster. 2

| 12345678 |
12/12/2016 | ... 3

(+)

I

Font Rl - |
Biyaklik 8 -
Tarz L - | 4
Agirik: Ekstra Agkk -
Hizalama: sal B

Barkod &zellikleri =

*mARK(1

Aciklama

7 6 5

1  Sablon 6zellikleri
Sablon adini ve boyutunu girin

2 Ana hatlar goster

5 Alanlari seg
Dizenden alanlari gikarmak veya eklemek
icin Alanlari se¢ diyalogunu agin

Diizenleme panosunda alan ana hatlarini 6 Yazdr
gosterin Mevcut sablonu segili yazicida yazdirin

3 Alan segimi 7 Demo etiketini buyttmek ve kiigtltmek igin
Dizenleme panosunda alani vurgulamak igin kayan kontrol
bir alan tipi segin. Alan igin bir demo metin 8  Halen secili alan - sagdaki Metin Ozellikleri
girin. panosunda konfigtre edin. Genisligi

4  Metin ozellikleri degistirmek igin iki ugtan birindeki kutulari
Segilen alan igin metin ozelliklerini konfigtire sUrtkleyin veya tekrar konumlandirmak igin
edin tim alani strukleyin.

Ayrica bakiniz:

9 Etiket kimligi veya barkod alani - buyukligu
degistirilmemelidir

e 10.3.1 Etiket Sablonlari Olusturun, Dizenleyin ve Aktive Edin

e 10.3.2 Bilgi Tipleri
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10.3.1  Etiket Sablonlari Olusturun, Dizenleyin ve Aktive
Edin

Mevcut sablonlari kopyalayarak ve diizenleyerek yeni sablonlar olusturun veya mevcut kullanici sablonlarin
diizenleyehilirsiniz (ancak varsayilan sablonlari degil). BOND'dan yazdirilan etiketler igin kullanilan haline getirmek
Uzere bir sablonu aktive edin.

e 10.3.1.7 Yeni bir Sablon Olusturma
» 10.3.1.2 Bir Sablonu Dizenleme
e 10.3.1.3 Bir Sablonu Aktive Etme

10.3.1.1 Yeni bir Sablon Olusturma

1 Yeni sablonun ait oldugu lam tipini segin.
Lam tipi igin tim mevcut sablonlar gosterilir.

2 Kopyalayacak bir sablon segin (olusturmak istediginize en gok benzeyen sablonu segin).

3 Kopyala segenegine tiklayin.

Bir sablon 2D barkod ile kopyalandiginda 2D barkoda sahip yeni "kullanici sablonu”
olusturulur.

10.3.1.2 Bir Sablonu Dizenleme

1 Sol taraftaki panoda bir sablon segin ve Diizenle segenegine tiklayin.

Ekran sagindaki diizenleme panosu, dugmeler ve ozellikler listeleri, dizenleme panosunda gosterilen sablon
duzenini degistirmeniz amaciyla sizin igin etkinlestirilir.

2 Istege bagli olarak diizenleme panosunda alan sinirlarini gérmek igin Ana hatlari goster (Sablon 6zellikleri
kisminda, st sagda) secenegini segin.

3 Sablon adini Sablon 6zellikleri kismina girin.

Etiket sablonu adlariigin 64 karakter siniri vardir, ayrica ayni lam tipi kategorisinde kullanilan
tim isimler benzersiz olmalidir.
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4 Sablonu duzenleyin:

a Alanlar ekleyin veya cgikarin — Alanlar seg segenegine tiklayip gosterilecek lam ozelliklerini segin
(kullanilabilecek tiim 6zelliklerin bir listesi igin 10.3.2 Bilgi Tipleri bolimiine bakin).

Otomatik tanimlama igin kullanilan Etiket Kimligi alanini gikaramayacaginizi unutmayin.
b Alanlari konumlandirin = diizenleme panosunda sectiginiz alanlari siriikleyip birakin.

¢ Alan genisliklerini degistirin — alanlarin her iki ucundan birinde kutular siriikleyin. (Alan yiikseklikleri
metin font blyikluguyle ayarlanir.)

Ayarladiginiz alan genisligi, sablon kullanildiginda belirli bir etiketin degeri icin yeterince uzun dedilse,
metin kesilir ve kesilmenin olustugunu gostermek tzere en sona U¢ nokta eklenir.

Etiket Kimligi alaninin biytkligiinu degistirmemelisiniz — islem moddli gorintileyici
tarafindan okunabilmesiigin varsayilan ayarinda kalmalidir.

d Metin 6zelliklerini ayarla — bir alani segin ve Metin 6zellikleri bolimiinde fontu ve font biyiikligu. Tarzi ve
agirhdini ayarlayin.

5 Kaydet segenegine tiklayin.

Etiket Kimligi alani etrafinda bos alan oldugundan emin olun. Baska alanlardan metin bu bolgenin
uzerine gelirse otomatik tanimlamayi olumsuz etkileyebilir.

10.3.1.3 Bir Sablonu Aktive Etme

1 Sol taraftaki panoda bir sablon secin ve Aktive Et secenegine tiklayin.

Sablon, artik aktif oldugunu gosteren mavi bir onay isaretiyle belirtilir.
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10.3.2  Bilgi Tipleri

Sablon etiketleri Etiketler ekraninda Alanlari se¢ diyalogundan segilen agagidaki lam bilgilerinin herhangi birini
gostermek izere konfigre edilebilir.

Otomatik tanimlama igin kullanilan Etiket Kimligi alani herhangi bir sablondan gikarilamaz. 2D barkod olarak gorundir.

Alan Aciklama

Vaka Kimligi

Lami olusturan

Denaturasyon protokoli

Denatlirasyon protokoli 2

Damlatma hacmi

Doktor yorumu

Doktor
EIER protokolii
EIER protokoli 2

Kurum

HIER protokolu
HIER protokolii 2

Hibridizasyon protokolu

Hibridizasyon protokoli 2

LIS doktor yorumu
LIS doktoru
LIS referans [2-8]

Isaretleyici

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06

Lam igin vaka kimligi (Not: Vaka No. degil - bakiniz 6.3.2 Vaka Tanimlama)

Lam ya da gerektiginde “LIS" olusturuldugunda istemcide oturum agan kisinin
kullanici adt.

Denatiirasyon protokollntn kisaltiimis adi.

ikinci denattirasyon protokoliiniin kisaltiimig ismi (multipleks boyama protokolleri
icin gerekebilir).

100 L veya 150 yL damlatma hacmi.

Sevk eden doktor igin BOND sisteminde kaydedilen bir yorum (bakiniz 6.4 Doktorlari
Yonet).

Sevk eden doktorun adi.
Enzim protokolinin kisaltiimis adi.

ikinci enzim protokoltiniin kisaltiimig ismi (multipleks boyama protokolleri igin
gerekebilir).

Uygulama istemcisi Laboratuvar ayarlari ekraninda Kurum alanina girildigi sekilde
kurumun adi - bakiniz 10.5.1 Laboratuvar Ayarlari.

HIER protokolunin kisaltiimis adi

ikinci HIER protokoltintin kisaltilmig ismi (multipleks boyama protokolleri igin
gerekebilir).

ISH hibridizasyon protokoliiniin kisaltilimis ad.

ikinci ISH hibridizasyon protokoliinin kisaltilmis ismi (multipleks boyama
protokolleri igin gerekebilir).

LIS-ip sistemleri igin, LIS sisteminde doktor igin yorum.
LIS-ip sistemleri igin, doktor adi.

BOND'a aktarilan LIS lam ozellikleri.

Bakiniz 11.2.6 LIS Lam Veri Alanlari.

Tek bir boya, paralel multipleks boya veya sirali bir multipleks boyanin ilk boyast igin
primer antikor veya probun kisaltiimis ismi.
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Isaretleyici 2

Hasta notu

Hasta

Hazirlama protokol

Halka aglk isim

Halka agik isim 2

Lam yorumu

Lam tarihi

Lam Kimligi
Lam onceligi
Boyama modu

Boyama protokoli

Boyama protokoli 2

Doku tipi

Multipleks boyanin ikinci boyast igin primer antikor veya probun kisaltiimis ismi.
Vaka yorumu (bakiniz 6.3.3 Bir Vaka Ekleme).

Hastanin ad..

Hazirlama protokoltnin kisaltiimis adi.

LIS-ip sistemlerinde tek boya veya multipleks boyanin ilk boyast igin primer antikor
veya probun umumiismi (bkz. 11.2.4 Halka Acgik Isaretleyici Isimleri).

LIS-ip sistemlerinde ikili boyanin multipleks boyasi igin primer antikor veya probun
umumi ismi (bkz. 11.2.4 Halka Acik Isaretleyici Isimleri).

Lam yorumu (bakiniz 6.5.2 Bir Lam Olusturma).

Etiketin yazdinldigi tarih (Windows Bélgesel ve Dil Segeneklerinde (Kontrol Paneli)
ayarlandigi sekilde kisa format).

8 haneli nimerik lam kimligi, BOND sistemi dahilindeki lama 0zeldir.

LIS-ip sistemleriigin, lam igin oncelik derecesi.

Tek boyama, multipleks boyama veya Oracle lami.

Tekli boya veya multipleks boyanin ilk boyasi igin boyama protokolunin kisaltilmis
ismi.

Multipleks boyanin ikinci boyast igin boyama protokoliinin kisaltilmis ismi.

Test dokusu veya pozitif ya da negatif kontrol dokusu. BOND negatif kontrol igin
“(=)" ve pozitif kontrol igin “(+)" yazdirir ancak test dokusu igin bir sey yazdirmaz.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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10.4 BDD

BOND Veri Tanimlarini gtincellemek ve denetim ge¢misi dosyalari olusturmak igin BDD giincelleme ekranini 600
kullanin. -

Sekil 10-6; BDD giincelleme ekrani

3 4 5

BDD giincellemesi

Leica Biosystems, web sitesinde diizenli olarak BDD (BOND Veri Tanimlamalan) gincellemesi dagitir (émegin, yeni gikan reakifleri
eklemek igin)

2 Dosya segildi:

ige aktarma durumu: Basanli

Giincelleme glnlugl

1 23082013 11:3029  Bilgi  BDD guncellemesi  Bolge “RestOMorld” icin BDD Versiyonu 45.01.19 yakleniyor.
23082013 11:30.36  Bigi  Lab yénetimi Bagladi
23.08.2013 11:30:36 Bilgi Lab yénetimi Bitti

23.08.2013 11:30:36  Bilgi Galigma yonetimi Bagladi

23082013 11:30:36  Bilgi Calisma ynetimi  Bitti
23082013 11:3036  Bilgi  Stok yénetimi Bagladi
23.08.2013 11:30:41 Bilgi Stok yonetimi Bitti
23.08.2013 11:30:41 Bilgi Test yonetimi Bagladi
23.08.2013 11:30:52 Bilgi Test yonetimi Bitti
23082013 11:3052  Bilgi  Cihaz yonetimi Bagladi
23.08.2013 11:31:49 Bilgi Cihaz yénetimi Bitti
23.08.2013 11:31:49 Bilgi Vaka yonetimi Bagladi .
b
Aciklama
1 BDD glincellemesi giinligi 5 Yiikle

Segili BDD giincelleme dosyas| tE?lE)lil)yglyr[]Jncelleme dosyasini soldaki alana kurmak igin

BDD guncelleme ilerleme gubugu ve durumu 6 Denetim gecmisi disa aktar

HhOWN

GOz at Denetim ge¢misi dosyalari olusturmak igin tiklayin -
BDD glincelleme dosyasini bulun ve soldaki alanda bakiniz 10.4.2 Denetim Gegmisi
acin

Bakiniz:

e 10.4.1 BDD Giincellemeleri
e 10.4.2 Denetim Gecmisi

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 AQ6 237

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



10 Uygulama istemci (BOND Kontrolorde)

10.4.1 BDD Guncellemeler

Leica Biosystems diizenli olarak web sitesinde BDD (BOND Veri Tanimlari) giincellemeleri saglar, orn. yeni gikmis
reaktifleri eklemek. igin BOND icin BDD gtincelleme dosyalarinda “*.bdd" dosya uzantisi vardir. Bu gtincellemeleri BDD
glincelleme ekranindan yikleyin.

A DIKKAT: Diinyanin farkli bolgeleri icin o bolgelerdeki farkli diizenlemeleri yansitacak sekilde farkl veri
tabani glincelleme dosyalari vardir. Bolgeniz igin dogru glincelleme dosyasini kurdugunuzdan emin
olun (BOND hakkinda diyalogu bélge bilgisini gosterir, bakiniz 3.9 BOND hakkinda). Kullanilacak
dogru dosyadan emin degilseniz musteri hizmetleri ile irtibat kurun.

Bir BDD glincellemesini istediginiz zaman kurabilirsiniz.
1 Guncelleme dosyasini Leica Biosystems web sitesinden indirin ve virtissliz bir USB bellege kaydedin.

2 USB bellegi BOND veya BOND-ADVANCE Kontrolore (veya alternatif olarak BOND-ADVANCE sistemlerdeki
herhangi bir BOND terminaline) takin.

3 BDD giincelleme ekranini uygulama istemcisinde agin.

4 G0z At secenegine tiklayip Windows Ag diyalogunda giincelleme dosyasini bulun.
5 Ag segenegine tiklayip ekranin sol st kismindaki alanda BDD dosyasini gosterin.
6 Yiikle secenegine tiklayarak tanimlari yeni verilerle gtincelleyin.

7 Mesajlar giincelleme devam ettikce Giincelleme Giinlii§l kismina yazilir. Son sira giincelleme
tamamlandiginda “Veri tabani veri glincelleme: Bitti” metnini gosterir ve Ust panodaki ilerleme gubugunda
“Basarli” durumu gordaldr.

8 BDD'nin en son yayinlanan gtincellemeyi alip almadigini kontrol etmek igin Hakkinda BOND ekranini agin.

Bir BDD glincellemesinin basarili olup olmadigini gormenin tek yolu BDD giincelleme ekrani veya
Hakkinda BOND ekranidir. islem sadece birkag dakika siirdiigiinden farkl bir ekrana gegmeden 6nce
glincellemenin tamamlanmasini beklemenizi oneririz.

Bir glincelleme basarisizsa, veri tanimlari gtincelleme oncesindeki duruma doner ve bunu gosteren
bir mesaj Guincelleme Ginlugu kisminda belirir. Bir glincelleme basarisiz olursa misteri hizmetleri ile
irtibat kurun.
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10.4.2 Denetim Gegcmisi

Bu boliim BOND-PRIME islem Modiilii igin gegerli degildir. BOND-PRIME denetim gegmisi, Servis
Gunlugu raporunda kaydedilir.

Sistemde yapilan tim degisikliklerin, degisiklikleri kimin ve ne zaman yaptigi dahil olmak tzere bir denetim gegmisini
olusturabilirsiniz. Denetim gegmisi, her birinde farkli bir bilgi kategorinin kaydedildigi birden fazla CSV dosyasina
yazilir. Dosyalar kontrolor tizerinde su klasore yazilir: BOND Drop-box\Audit\YYYYAAGG-SSddss.

Denetim ge¢misi dosyalari olusturmak igin:

1 BDD giincelleme ekranini agin ve Denetim gegmisini diga aktar segenegine tiklayin.

2 Sistemin tum omri boyunca tim degisiklikleri bildirmek igin Tiim veriler segenegini veya belirli bir donemi
tanimlamak icin Ozel tarih araligi secenegini segin ve sonra Su tarihten ve Su tarihe tarih ve zamanlari
tanimlayin.

3 Disa Aktar segenegine tiklayin.

10.5 Ayarlar

Ayarlar ekraninda BOND igin genel laboratuvar gapinda ayarlar (Laboratuvar ayarlar) ve varsayilan vaka ve Ayartar
lam ayarlari ve is akisl segenekleri (Vaka ve lam ayarlari) yer alir. 0

e 10.5.1 Laboratuvar Ayarlari
e 10.5.2 Vaka ve Lam Ayarlari
e 10.5.3 Veri Tabani Yedeklemeleri
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10.5.17 Laboratuvar Ayarlar

Genel laboratuvar segeneklerini Laboratuvar ayarlari panosunda ayarlayin:

Sekil 10-7: Ayarlar ekrani Laboratuvar ayarlar panosu

Ayarlar
Laboratuvar ayarlan Laboratuvar ayarlan
Vaka ve lam ayarlan Kurum: 1
Hos geldin cal 2
Daima daldirma testi uygulayin (sadece BOND-IIl ve BOND-MAX)
Kullanima hazir reaktifler
Reakif sistemlerl 3
Open container
BOND-PRIME ayarlan
Kullanici etkin degil - kisa 15/ (dakika) 4
Kullanic etkin degil - uzun 180 (dakika)
Veri Tabani Yedekleme
24 saatlk planianan yedekleme saati (saat) =N - | 5
6
Son yedekleme: 29.11.2022 14:27 7
Gizli veritabanini diga aktar (kisisel veriler kaldirilarak)
« AKiif Veritabani Arsivlenen veritabani yedeklemeleri 8
Aciklama
1 Kurum 5 24 saatlik planlanan yedekleme saati (saat)

Raporlarda gortlmek tzere laboratuvarinizin
adini girin

Hos geldin ¢al
BOND yazilimi basladiginda bir hos geldiniz
mesaji oynat

Daima dip testi yapin

Her calismadan once belirlenmis tiplerde
reaktif konteyniri dip testi yapmak igin
isaretleyin — bakiniz 8.3.1 Reaktif Hacmini
Belirleme

Kullanicinin etkin olmamasi
sadece BOND-PRIME.

Kisa- bir kullanicinin PIN kodunu yeniden
girmesi igin gereken islemsizlik siresini
(dakika) ayarlayin.

Uzun- bir kullanicinin yeniden oturum agmasi
icin gereken islemsizlik siiresini (dakika)
ayarlayin.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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Gunluk otomatik veri tabani yedeklemeleri
yapmak igin bir zaman ayarlayin (24 saatlik
zaman formati) - bakiniz 10.5.3 Veri Tabani
Yedeklemeleri

Simdi yedekle
Hemen bir veritabani yedeklemesi yurit -
bakiniz 10.5.3 Veri Tabani Yedeklemeleri.

Son yedekleme hakkinda bilgi veya yedekleme
devam ederken ilerleme gubugu.

Kimli§i kaldinlmig veritabanini diga aktar

Etkin veritabanindan veya veritabani
yedeklemesinden kimlikten arindiriimis verileri
disa aktarmak isteyip istemediginizi segin.
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10.5.2 Vakave Lam Ayarlari

Vaka ve lam ayarlari asagidakileri ayarlamaniza izin verir:

» vaka ve lam olusturmada gesitli konfigire edilebilir degerler igin varsayilanlar

* vaka ve lam olusturmada is akisi segenekleri.

Vaka ve lam segeneklerinin tanimlari igin bakiniz Sekil 10-8 ve Sekil 10-9.

Sekil 10-8: Vaka ve lam ayarlar panosunda vaka ayarlari

Vaka ayarlan

1 | Varsayilan hazirlama: “Dewax n
2 Varsayilan damlatma hacmi: 150 pL n
3 Manuel vakalar veya lamlar olustur: Vakalar ve lamlar n
il | Caligilmis vaka amrin: 30 (gun)

5 | Giinldk vaka olustur

Aciklama
1 Varsayilan hazirlama 4 islenen vaka omrii

Yeni vakalar igin varsayilan hazirlama protokolu.

2 Varsayilan verme hacmi
Yeni vakalar igin varsayilan damlatma hacmi.

3 Manuel vakalar/lamlar olugtur
Lamlari yukledikten sonra vakalar ve/veya lamlar
olusturmak igin secenekleri ayarlayin — bakiniz
6.8.2 Cihaz igi Lam Tanimlama Segenekleri.

Not: BOND-PRIME islem Modiilleri igin gegerli
degildir.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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Bir vakanin, vakadaki son lam galisilmaya
baslandiktan sonra Lam kurulumu ekraninda kaldig
gun sayisi — bakiniz 6.3.4.2 Calisiimamis Vaka
Omri.

Ginliik vaka olustur

Ilgili glinde calisilan tim lamlar icin guinliik otomatik
bir vaka olusturun — bakiniz 6.3 Vakalarla Calisma.
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Sekil 10-9: Vaka ve lam ayarlar panosunda lam ayarlari

Lam ayarlar
1 Boyama modu: Tek n
‘ BOND'da yazdirmaya zorla v 3
2 ‘ BOND etiket kimligi ' Barkod
Aciklama
1 Boyama modu 3 BOND'da yazdirmaya zorla
Yeni lamlar igin varsayilan ayar — bakiniz 6.5.2 Bir Yalnizca BOND uzerinde yazdirilan etiketlere sahip
Lam Olusturma. lamlarin islenmesine izin ver- bakiniz 6.8.2 Cihaz I¢i
2 BOND etiket kil Lam Tanimlama Segenekleri.
BOND iginde olusturulan lamlar igin etiket Not: BOND-PRIME Islem Modiilleri igin gegerli
tanimlayicilari 2B barkodlardir. degildir.

10.5.3 Veri Tabani Yedeklemeleri

Veri tabani kritik hasta bilgilerini saklar ve BOND'un dogru calismasi igin gereklidir ve veri tabani bozulursa verileri geri
getirebilmenizi saglamak tizere BOND otomatik ve manuel yedekleme sistemine sahiptir:

» (Otomatik guinlik yedeklemeler

e “Manuel” istek lizerine yedeklemeler
Tum yedekleme dosyalari BOND kontroloriinde asagidaki klasorin alt klasorlerinde kaydedilir:
B:\BOND Drop-box\Backups
Her tir yedekleme igin daima ayni isim formatiyla iki dosya olusturulur:
[Kurum adi]_BOND_YYYY-AA-GG-SS-dd-ss

burada kurumun adi uygulama istemcisi Ayarlar ekraninda girildigi gibidir (bakiniz 10.5.1 Laboratuvar Ayarlari) (veya
kurum adi girilmediyse “Kurum” olarak varsayilani kullanir). Bu isme, yedeklemenin yapildidi tarih ve zaman dahildir.
Ana yedekleme dosyasinda “.dump” uzantisi ve ayrica “.Iog" uzantisiyla bir guinltik dosyasi vardir.

Otomatik guinliik yedekleme uygulama istemcisi Ayarlar ekraninda ayarlanan zamanda galigir (10.5.7 Laboratuvar
Ayarlari). En son yedekleme “Scheduled_Latest” (Planlanan, en son) klasériinde bulunur. Bir sonraki giiniin
yedeklemesi galisildiginda “Scheduled_1_Days_0ld" (Planlanan, 1 giinliik) klasoriine aktarilir ve bu sekilde alti giin
daha devam eder ("Scheduled_7_Days_0ld" (Planlanan, 7 giinliik) klasdriine) ve bundan sonra silinir.

Eger planlanan yedekleme zamaninda BOND kontrolor kapaliysa yedekleme yapilmaz. Kontrolortn agik olacagi ve
calisma uygulamalarinin devam etmesinin muhtemel olmadigi bir zaman segctiginizden emin olun.

Bir manuel yedeklemeyi istediginiz zaman (otomatik yedeklemenin galistigi zamanlar disinda) uygulama istemcisi
Ayarlar ekranindan yapabilirsiniz. Veri tabani yedekleme kisminda Simdi yedekle dgesine tiklayin (bakiniz
10.5.1 Laboratuvar Ayarlari).
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Yedekleme bittiginde bir diyalog size bilgi verir. Yedekleme ve giinliik dosyalari “Manuel” klasoriinde kaydedilir.
Bundan sonraki manuel yedeklemede dosyalar “Manual_Previous” klasoriine aktarilir. Dosyalar Gglncu bir yedekleme
sonrasinda silinir, yani sadece en son iki manuel yedekleme kaydedilir.

gubugunda sagda bir simge (sag) belirir. Simge basarili bir yedekleme yapilincaya kadar kalir. Bu simge
belirirse miimkiin olan en kisa siirede bir manuel yedekleme yapmay deneyin. Eger bu da basarisiz olursa =
hemen musteri hizmetleri ile irtibat kurun.

Eger herhangi bir yedekleme tipi basariyla tamamlanmazsa, uygulama ve klinik istemcilerin iglev X%

Ozellikle, daha fazla veri birikmis bulunacak olan daha eski BOND sistemlerinde, yedekleme dosyalari icin yeterli yer
oldugunu zaman zaman kontrol edin. Genellikle yenisi yazildiginda bir yedekleme dosyasi silinir. Yani disk kullanimi
sadece nispeten kiiglk kademelerle artar. Ancak bir noktada ek disk alani gerekebilir - bu durumda musteri hizmetleri
ile irtibat kurun.

Ek giivenlik igin yedekleme dosyalarinizi diizenli olarak farkli bir konuma (BOND kontroldrii disinda) yedekleyin.
MUimkiinse otomatik yedeklemeler igin IT bolimiintzle diizenleme yapin. Aksi halde dosyalari haftada bir manuel
olarak kopyalayin (yliksek is hacmi olan laboratuvarlar igin daha sik yedekleme onerilir). BOND kontrolorleri, IT
bolumunun oturum agip yedekleme dosyalarini BOND dropbox klasortinden guvenli FTP yoluyla indirebilmesi igin
glivenli bir FTP sunucusu kullanir.

Bir veri tabanini geri getirmeniz gerekliyse musteri hizmetleri ile irtibat kurun.
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10.6 Donanim

Islem modiilleri, podlar, (bir istemciden kontrol edilen islem modiilleri gruplari) ve lam etiket yazicilari Donanim
konfigtre etmek i¢in Donanim konfigtirasyonu ekranini kullanin. J

Donanim konfigirasyonu t¢ sekmede yapilir:
 10.6.7 islem Modiilleri
e 10.6.2 Podlar
e 10.6.3 Lam Etiketleyiciler

10.6.1  Islem Moddilleri

BOND sisteminde islem modiillerini goriintileyin ve islem modiilleri sekmesinde kimyasal reaktif konteynirt konfigiire
edin.

Bir islem modiili fiziksel olarak BOND kontroliine bir ag kablosuyla baglandiginda, otomatik olarak islem modiilleri
sekmesinin sol panosunda belirir.

BOND kontrolu yalnizca uyumlu islem moddillerinin baglanmasina izin verir. Uyumsuz bir iglem
modiiliiniin baglanmasi durumunda bir simge ya da hata mesaji goriintiilenir (sonraki sayfada yer

alan simgeler ve anlamlari tablosuna bakin).

Sekmenin saginda detaylarini géstermek iizere bunu segin. islem modiiliine benzersiz bir isim verin ve gerekirse
bidonlardan bazilarini devre disi birakin (bakiniz 10.6.7.7 Kimyasal Reaktif Bidonlarini Devre Disi Birakma). Bu ayarlari
kaydettiginizde islem moddlinin “devreye alinmis” oldugu soylenir.

Siz devre disi birakincaya kadar, kapatildigi ve baglantisinin kesildigi zamanlar dahil sekmede kalir (bakiniz 10.6.1.2 Bir
Islem Modiiliind Hizmetten Cikarma).
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Sekil 10-10: Donanim konfigiirasyonu ekraninda islem modiilleri sekmesi

1 2 3

Dornanim konfiglrasyonu
islemfmodalleri Podlar Lam etiketleyicileri

3210123

BOND-IIl Islem modiilii icin kimyasal reaktif konfigiirasyonu tanimlanmanis.
BOND-II #1
Normmal
M210178 -
BOND-MAX Seri No: 3210123
@ BOND-MAX #2 . :
o Isim BOND-Il #1
M212025 |P Adresi: 10.252.10.2:111
BOND-MAX
@ BOND-MAX #4 Tip: BOND-IIl
Norma
M212053 Bidon konfiglirasyonu
BOND-MAX
ga BOND-MAX #3
0 0 8
H_B3
BOND-IlIl
9.5 :
£ Hendz kengire o cdimermis [“Devax 00|
H_Max
BOND-MAX 1 2
@ TH _Max
F Hen edimenmiy

4 9 6 7
Aciklama
1 Tum baglhislem modlleri. 6 Bakim tamamland

2 Halen segili islem moduli - detaylari ekranin
saginda gosterilir.

3 Secilen islem modulu icin seri numarasl, isim
(diizenlenehilir), IP adresi ve cihaz tipi.

4  Hizmetten gikarma

Segili islem moddiliind hizmetten gikarin — bakiniz
10.6.1.2 Bir Islem Modiilinii Hizmetten Cikarma.

5  Bidon konfigtirasyonu - kullaniimayacaklarsa bazi
istasyonlari isaretli durumdan ¢ikarabilirsiniz -
asagida 10.6.1.1 Kimyasal Reaktif Bidonlarini
Devre Disl Birakma bakiniz.

Not: BOND-PRIME islem Modiilleri igin gegerli
degildir.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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Koruyucu bakim sonrasinda giin ve lam
sayimlarini resetlemek igin tiklayin — bakiniz
Onleyici Bakim in 12 Temizlik ve Bakim (sadece
BOND-IIl ve BOND-MAX).

Kaydet

Yeni baglanmis bir islem moddltni devreye almak
icin konfigurasyon ayarlarini kaydetmeniz gerekir.
Bir islem modiiliiniin konfigiirasyon ayarlarini
kaydetmek icin, ilk once tim lam boyama
unitelerinin kilidinin agildigindan emin olmaniz
gerekir.
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10 Uygulama istemci (BOND Kontrolorde)

Sol panoda islem modiilu gorintilerinin yanindaki simgeler, moddillerin gesitli durumlarda oldugunda belirtir:

A1/ Islem modiilii bagl degil. @ Islem modiiliinde bir bakim calismasi
T yapiliyor.

Ayrica bu simge, bagli islem modiili
BOND sistemiyle uyumsuz oldugunda
goriintilenir (bir hata mesajiyla birlikte).

|:| Islem modiili baglamaya hazirlaniyor. S Kimyasal reaktif konfigtirasyonu islem
|:| @ modiuili tarafindan alinmamis.
:l Konfigirasyonu gondermek igin Kaydet

segenegine tiklayin.

Islem modiiliine halen servis islemi ﬁ Kimyasal reaktif konfigtirasyonu islem

uygulaniyor. modiuili tarafindan alinmis.

10.6.1.1 Kimyasal Reaktif Bidonlarini Devre Disi Birakma

‘ Bu biliim BOND-PRIME islern Modiili igin gecerli degildir.

BOND'da epitop geri alma ve/veya deparafinizasyon yapmayan laboratuvarlar yazilimda konteynirlari devre dig
birakabilir ve ilgili konteynirlari cihazdan gikarabilir. Bu konteynirlarin iglerinde reaktif ile bakiminin yapiimasi artik
gerekmez ve konteynirlara giden sivi hatlarinda priming uygulanmadidindan cihaz kullanima hazirlanmasi hizlanir.
Bidonlari devre digi birakmak igin bunlari Bidon konteynir konfiglirasyonu panosunda isaretli durumdan gikarin ve
Kaydet secenegine tiklayin. Komut verildiginde, degisikliklerin etkili olmasi igin islem modlind tekrar baglatin. Devre
dist birakilmis konteynirlari gikarabilir veya cihaz tzerindeki pozisyonlarinda birakabilirsiniz.

10.6.1.2 Bir islem Modiliini Hizmetten Cikarma

Artik bir islem modiiliine ihtiyag duymuyorsaniz, Islem modiilleri sekmesinden gikarmak igin bu modiilii hizmetten
cikarin. islem modiiliiniin kapali oldugundan emin olun ve sonra Iglem modiilleri sekmesini segin ve Hizmetten
Cikarma segenegine tiklayin. islem modiilii halen bir pod igindeyse, hizmetten gikanldiginda poddan otomatik olarak
Gikarlacaktir.

Bir islem modullind tekrar hizmete sokmak igin ag kablosunu tekrar baglayin.
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10.6.2 Podlar

Podlar tek bir klinik istemciden kontrol edilebilen islem modiilleri (ve lam etiketi yazicilar) gruplarnidir— bakiniz
3.7 Sistem Mimarisi. Tim islem modlleri BOND kontroloriinden kontrol ediliyorsa, tek oturumlu kurulumlar igin bile
bir pod olusturun. Podlari Podlar sekmesinde olusturun ve diizenleyin.

Sekil 10-11: Donanim konfigiirasyonu ekraninda Podlar sekmesi

Dopanim konfiglirasyonu
Islem{modiilleri Podlar Lam etiketleyicileri
Q@ Fire Isim: Fire.
97g Pedt Tanim: Pod 1 3
I wal
Q7@ Pod2 Tahsis edilmig iglem moddilleri Kullanilabilir iglem modiilleri
TH_B3 M212025
2 oo g me Q| e,
Q" Pod3 Fa ﬁoﬂgec memis
3 Fire @ ]TB;(‘)NTJL:)?:MX 4
a7 Put & r_'?axﬁ
Tahsis edilmis lam etiketleyiciler Kullanilabilir lam etiketleyicileri
=b, ZDesigner TLP 3822
Aciklama
1 Tum podlarin listesi 6 Secilen podda lam etiketi yazicilar. Varsayilan

yazicl mavi bir onay isaretiyle isaretlenmistir -
asagida 10.6.2.1 Yeni bir Pod Olusturma
bakiniz.

2 Segilen podda islem modidilleri. Klinik
istemciyle ayni sira kullanilir — asadida

10.6.2.1 Yeni bir Pod Olusturma bakiniz . y
7 Halen secili pod - detaylari ekranin saginda
3 Segilen podun adi ve tanimi (her ikisi de gosterilmektedir.

diizenlenebilir).

o o 8 Podekle
4 Podlarda olmayan tim islem modilleri. Yeni bir pod konfigiire etmek icin tiklayin -
5 Podlarda olmayan tiim lam etiketleyicileri. asadida 10.6.2.1 Yeni bir Pod Olusturma
bakiniz.
Sil

Sil Bos bir poda sag tiklayin ve silmek icin Sil
secenegine tiklayin.

Islem modiillerini bir poda dahil edilmek tizere kullanilabilir hale getirmek igin islem modiilleri sekmesinde konfigire
edin (bakiniz 10.6.7 Islem Moddilleri). Lam etiketleyicilerini bir poda dahil edilmek iizere kullanilir hale getirmek igin
Lam etiketleyicileri sekmesinde konfigiire edin (bakiniz 10.6.3 Lam Etiketleyiciler).

BOND 7 Kullanici EI Kitabi, 49.7556.530 A6 247
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10.6.2.1 Yeni bir Pod Olusturma

1 Pod ekle secenegine tiklayin.
2 Benzersiz bir pod adi ve istege bagl olarak tanimini girin.

3 Islem modiillerini Kullanilabilir iglem moddilleri panosundan (sag st) segin ve bunlari Tahsis edilmig iglem

modiilleri panosuna (sol iist) eklemek igin sol ok diigmesine tiklayin.

Gok sayida islem modiilu ekleniyorsa bunlari, sekmeleri klinik istemi tzerinde gorllmesini istediginiz sirayla
ekleyin, or. once islem modulu A ve sonra islem modull B'yi segerseniz, once A ve sonra B iglem moduli A
pano iginde B'nin Uzerinde olacak sekilde istemcilerin poda bagli olduklari Sistem durumu sekmelerinde

qoriilir. Islem modiillerini tekrar siraya koymak igin bunlari kaldir simgesiyle kaldirin ve sonra dogru
sirayla tekrar koyun.

4 Kullanilabilir lam etiketleyicileri panosundan (sag alt) bir veya daha fazla lam etiketi yazici segin ve Tahsis
edilmis lam etiketleyicileri panosuna (alt sol) ekleyin.

Birden fazla yazici eklerseniz, lamlari yazdirirken hepsi secilmek tizere hazir olacaktir. Varsayilan yaziclyl sag
tiklayip Varsayilan yazici olarak ayarla secenegine tiklayarak belirleyin. Varsayilan yazicida yesil bir isaret
bulunur.

5 Kaydet segenegine tiklayin.

Bir podu silmek igin tim islem modiillerini ve yazicilari kaldirin ve sonra sol panodaki poda sag tiklayip Sil segenegine
tiklayin.
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10.6.3 Lam Etiketleyiciler

BOND sistemi tarafindan kullanilan lam etiketleyiciler uygulama istemcisi Donanim konfigiirasyonu ekrani Lam
etiketleyiciler sekmesinde bulunmali, tanimlanmali ve aktive edilmelidir. Bu igslem lam etiketleyicilerin podlara dahil
edilmek lizere hazir olmasini saglar (bakiniz 10.6.2 Podlar).

Sekil 10-12: Donanim konfiglirasyonu ekraninda Lam etiketleyicileri sekmesi

1 2 3

Dohanim konfiglrasyonu

Isleny modalleri Podlar Lam etiketleyicileri

g ZDesigner TLP 3842 Ekran adi: ZDesigner TLP 3842
Yazicr adi: ZDesigner TLP 3842

d=h ZDesigner TLP 3842 Konak adi:

Yazic tip { Zebra TLP3842 -

4
Aciklama
1 Tum lam etiketleyicilerin listesi. 3 Lam etiketi yazicisi detaylari — agagida
2 Halen segili lam etiketleyici — detaylari ekranin 10.63.1 Lam Etiketleyici Yazici Detaylan
y o bakiniz
saginda gosterilir.
4  Yazici ekle

Yeni bir lam etiketleyici eklemek igin tiklayin =
ekranin sag tarafinda konfigire edin.

Yeni baglanmis bir lam etiketleyiciyi bir poda dahil edilmek tizere kullanilabilir hale getirmek igin Yazici ekle
secenegine tiklayin ve sonra yazici detaylarini ekranin sagina girin.

‘ Tum kurulumlarda pod yok. Eger pod yoksa varsayilan yazici listedeki ilk yazicidir.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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Lam etiketleyici degistirilirse yerine yeni bir etiketleyici eklemeniz gerekmez — eski etiketleyicinin
detaylarinin yerine yenisin detaylarini yazabilirsiniz.

Bir etiketleyiciye sag tiklayin ve listeden gikarmak igin Sil secenegini segin.

10.6.3.1 Lam Etiketleyici Yazici Detaylar
BOND her lam etiketi yazici igin asagidaki detaylari gerektirir:

« Ekran adi: BOND yaziliminda gortlecek etiketleyici igin bir isim

 Yazici adi: Windows tarafindan kullanilan yazici ad

BOND-ADVANCE kurulumlarinda yazici adi aslinda yazici Paylagim adi olup Windows Yazicilar ve
Fakslar diyalogunda goriintlenir.

« Konak adi: BOND-ADVANCE kurulumunda bir Zebra yazici bulunmuyorsa (6rnedin ZDesigner TLP 3842) bos
birakin, e§er boyle bir yazici bulunuyorsa lam etiketleyicisinin bagh oldugu terminaldeki Bilgisayar adini girin.

‘ Bilgisayar adini Windows Sistem diyalogunda bulabilirsiniz (bakiniz Sekil 10-13).

Sekil 10-13: Windows Sistem diyalogunda bilgisayar adi

Bilgisayar ad, etki alani ve galisma grubu ayarlan
Bilgisayar ad: TFOGXH2 W yarlan degistir
Tarn bilgisayar ad: TFOGXH2
Bilgisayar agiklamas: Leica Biosystems - BOND Controller [Leica
BOND]
Galigma grubu: LEICA

« Yazici tipi: yazict modeli (6rnegin ZDesigner TLP 3842)
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10.6.3.2 Test Etiketleri Yazdirin

Yazici hizasini kontrol etmek igin: Etiketler
S

Z
1 Uygulama istemcisinde Etiketler ekranini agin. >

2 Sol panelde bir etiket segin ve Yazdir segenegine tiklayin.

Sekil 10-14: Bir test etiketi yazdirin

Etiket sablonlari
Lam tipi: BOND tek boyama Bl Lam etiketi tasarlayici
&) S2Rum

BOND tek boyama 28_1
BOND e boyams

| 12345678 .
12/12/2016 .

;w 5. CARK(1)
. J. UllZ
HC A (+)

3 Bir Yazici Segin diyalog kutusunda ilgili yaziciy secin ve Yazdir segenegine basin.

4 Adim 3'U Ug ila bes kez tekrarlayin. Tum karakterlerin etiket izerinde net bir sekilde ve tam olarak yazili
oldugundan emin olun.

5 Etiketteki goriintli pozisyonu dogru degilse bkz. Zebra Yazici Kalibrasyonunu Ayarlama (B6lim 10.6.3.3, sayfa
251) veya Kognitif Yazici Kalibrasyonunu Ayarlama (Bélim 10.6.3.4, sayfa 256).

10.6.3.3 Zebra Yazici Kalibrasyonunu Ayarlama

Asagidaki prosediir her iki Zebra yazici tipi igin gecerlidir: TLP 3842 veya GX430t. ilgili ayarlarda
tanimlana bazi farkliliklar mevcuttur.

‘ Bir BOND-ADVANCE kurulumu igin bir BOND-ADVANCE terminalinde asagidaki prosediirii uygulayin.
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1 Windows gorev cubugunda Baglat digmesine tiklayin ve Aygitlar ve Yazicilar secenegini secin.

2 Yazici simgesine sag tiklayin (6rmegin ZDesigner TLP 3842) ve Yazici Ozellikleri'ni segin.

Sistem ekraninda Printer Properties gorllir, Sekil 10-15'da gosterildigi gibi.
Sekil 10-15: Yazici Ozellikleri

3 Geligmis sekmesini segin.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06

E@ ZDesigner TLP 3842 Ozellikleri *
Yazicl Ayarlan Stok Lisan Barkod Fontlan Komut Fontlan Haklanda
Genel Paylagm Badglant Moktalan | Gelismig I Renk Yanetimi Guvenlik
= |
Konum: |
Agiklarma:

Model: ZDesigner TLP 3842
Ozellikler
Renkli: Hayir Kullanilabilir kagit boyutu:
Gift yazla: Hayir BOND Slide Label
Zimbala: Bilinmeyen User defined
Hiz: Bilinmeyen
En yiiksek ¢azindrldk: 300 dpi
Tercihler... Sinama Sayfasi Yazdir

Tamam iptal

Lygula

Yardm

Sekil 10-16: Yazici Ozellikleri — Geligmis sekmesi

@ier zaman kullaniabilis

(O Saat araligi - ik
Oncelik:

Sordci: ZDesigner TLP 3842 ~

@ ZDesigner TLP 3842 Ozellikleri X
Yazc Ayaran Stak Lisan Barkod Fontlan Komut Fontlan Haldunda
Genel Paylagm Baglant Moktalan Geligmig Renk Yonetimi  Glvenlik

Yeni Sdrdci...

(®) Belgeleri biriktir; program yazdirmay daha hizh bitirsin
(O Son sayfa bellege alindiktan sonra yazdirmaya bagla

(@ Yazdirmaya hemen basla

(O Dogrudan yaziciya yazdir

[]Eslesmeyen belgeleri tut

[ Bellege alinrmis belgeleri dnee yazdir
[J¥azdinlan belgeleri tut

[ Geligmig yazdirma ézelliklerini etkinlegtir

| Yazdirma Varsayilan... | Yazdirma Iglemcisi...

Ayine Sayfa...
iptal LUygula Yardim

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
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4 Yazdirma Varsayilani... digmesine tiklayin.

Sistem ekraninda Varsayilanlari Yazdirma diyalog kutusu Sekil 10-17'te gosterildigi gibi goraldr.

Sekil 10-17: Yazdirma Varsayilan

 em Fﬁq & dikey
= o
i

 ing ¥ 180° dandir

@R ZDesigner TLP 3242 Yazdirma Varsayilanlan x
Barkod Fontlan Komut Fontlan Ozel Komutlar
ithal Etme/ihrag Etme ayaran Araglar Hakkinda
Segenekler Geligmig Kurulum Dizeltme Stok Yazici Belledi
Hyarar
Kopya Sawsi: |1—
Bps: |51] vl mmys
Koyuluk: |‘,.r vl
Tirer: I Kullarie: tarmh LI I
Kag Bigimi

Buytklik
Geniglik: 24,00

Yokseklik: |15.m

Yazdinlamaz Balge

Sal: ID.DD Dst: ID.DI]
Sad: I 1.50] At: ID.DD

Yardim

Bu belge milimetre cinsinden yazici ayarlarini gosterir. Dolayisiyla Kagit Formatini mm cinsinden girin.

5 Stoklar asagi acilir listesinden “BOND Slide Label” segenegini segin

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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6 Stoklar sekmesini segin.

Sekil 10-18: Yazdirma Varsayilani — Stoklar sekmesi

@I ZDesigner TLP 3842 Yazdirma Varsayilanlan X
Barkod Fontlan Komut Fortlan Ozel Komutlar
ithal Btme./ihrag; Etme ayarlan Araglar Hakkinda

Segenekler  Geligmig Kurulum  Dizeltme — Stok Yaznc Belledi

Tanmlanmig stoklar

BOND Slide: Label

Stok agiklamas:
BOND Slide Label

Agklama

Biket Stok turunuzu buradan tarmmlayabilir ve gelecekte
kullanabilmek; igin kaydedebilirsiniz.Her stok tund etiket boyutlan ve
baz yazici ayarlann igerir.

Yeri_. || Dedigtir. || si |

Tamam || iptal || Uygula || Yardim |
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7 Degistir... dugmesine tiklayin.
Sistem ekraninda Stok Tanimla penceresi goriilir, Sekil 10-19.

Ayarlar degistirilmeden once, asagidaki tabloda gosterildigi gibi yazicinin varsayilan ayarlara dondurilmesi ve
birkag test etiketinin yazdiriimasi onerilir.

Etiket Genisligi 24,00 mm 40,00 mm
Etiket Yiksekligi 15,50 mm 15,00 mm
Yazdirilamaz Bolge - Sol 0,00 mm 4,50 mm
Yazdirilamaz Bolge - Sag 1,50 mm 0,00 mm

Sekil 10-19: Stok Tanimla diyalog kutusu

Stok Tarimla ? >

Ad

|BOND Slide Label

Segenekler

Koyuluk 7 -

Bps 50 ~| mm/s
Boyutlar

Etiket Genigligi 24,00 mim

Htiket Yuksekligi 15,50 mm
Yazdinlamaz Bolge

Sol: oo DOst ooo
Sag: IT Alt: W

Tamam | iptal | Yardim |

« Sol kenar kesilmigse Sag degerini Yazdinlamaz Bolge dahilinde hafifge azaltin, 6rnegin, 1,50mm’den
1,00mm'ye.

* Sag kenar kesilmisse Sad degerini Yazdinlamaz Bolge dahilinde hafifge artirin, drnegin 1,50mm’den
2,00mm'ye.

8 TAMAM secenegine tiklayin.
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9 Etiket yazdirma iglemini tekrar edin ve etiket kabul edilene (metin kesilmeyene) kadar prosediirii ayarlayin.

TAMAM segenegine tikladiktan sonra Stok adi sistem form veri tabani tarafindan zaten
kullanimda seklinde bir hata mesaji gorehilirsiniz. Boyle bir durumda Ad igin Stok Tanimla
diyalog kutusunda Sekil 10-20'de belirtilen sekilde degisiklik yapin ve daha sonra Tamam

segenedine tiklayin.

Sekil 10-20: Etiket Stokunu Yeniden Adlandirin

Ad

Stok Tamimla

X

|BOND Slide Label 1

Segenekler
Koyuluk 7 -
Bps 50 »| mm/s

10.6.3.4 Kognitif Yazici Kalibrasyonunu Ayarlama

Bir BOND-ADVANCE kurulumu igin BOND Pano olarak BOND-ADVANCE Kontroliinde oturum agin. Pano halen
kullaniliyorsa kapatmak igin Alt+F4 tuslarina basin.

1 Windows gorev cubugunda Baslat diigmesine tiklayin ve Aygitlar ve Yazicilar secenegini secin.

2 Yazici simgesine sag tiklayin (6rnegin Cognitive Terminal 1) ve Yazici 6zellikleri'i segin.

Sekil 10-21: Yazici Ozelliklerini segin

==

<=

Cognitive C
inch 300 DP
Propertie

Yazdinlan égeyi goster
Varsayilan yazici olarak ata
Yazdirma tercihleri

Yazic azellikleri

Kisayol olustur

0 Aygiti kaldir

Sorun gider

Ozellikler

Yazdirma Tercihleri segenegini segmeyin, diyalog kutulari benzerdir ancak ayarlar dogru
sekilde giincellemez.
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Sistem ekraninda Kognitif Yazici Ozellikleri diyalog kutusu gériliir, Sekil 10-22'da gosterildigi gibi.
Sekil 10-22: Kognitif Yazici Ozellikleri

rg:n Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties Ozellikleri *
Yazic Ayarlan Stok Lisan Barkod Fontlan Komut Fontlan About
Genel  Paylagm  Baglant Noktalan Renk Yénetm  Givenlik
= | Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties |
Konurm: | |
Agiklama:

Model: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPITT
Ozellikler
Renkli: Hayir Kullanilabilir kagit boyutu:
Gift yazld: Hayir User defined "
Zimbala: Bilinmeyen 0.73x0.75 inch
1.15x 1inch
Hiz: Bilinmeyen 1.2x%1inch
En yiksek gazandrldk: 300 dpi 1.25x 2inch v
Tercihler... Sinama Sayfasi Yazdir
iptal Uygula Yardim

3 Geligmis sekmesini segin.
Sistem ekraninda Geligmig sekmesi gordillr, Sekil 10-23'da gosterildigi gibi.
Sekil 10-23: Gelismis sekmesi

rg:n Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties Ozellikleri *

Yazic Ayarlan Stok Lisan Barkod Fontlan Komut Fontlan About
Genel Paylagm Badlant Noktalan Geligmig Renk Yonetimi  Glivenlik

Oncelik:

Sardci: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT ~ Yeni Sdraci...

(®) Belgeleri biriktir; program yazdirmay daha hizh bitirsin
() Son sayfa bellege alindiktan sonra yazdirmaya basla
g Y ya bag]
(®) Yazdirmaya hemen basla

() Dogrudan yaziciya yazdir

[]Eslesmeyen belgeleri tut

[#] Belledie alinmis belgeleri 6nee yazdir

[ ¥azdinlan belgeleri tut

[ Geligmis yazdirma Gzelliklerini etkinlestir

Yazdirma Varsayilani... | Yazdirma Islemncisi... Ayinc Sayfa...

iptal Uygula Yardim
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4 Yazdirma Varsayilani... digmesine tiklayin.

Sistem ekraninda Varsayilanlar Yazdirma diyalog kutusu Sekil 10-24'te gosterildigi gibi gorulur.

Sekil 10-24: Yazdirma Varsayilani diyalog kutusu

r{éa Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties Yazdirma Varsayilanl...

Komut Fortlan ~ Ozel Komutlar — thal Bme/ihrag Btme ayaran About
Segenekler  Geligmis Kurulum Dizeltme Stok Barkod Fontlan

Ayarlar

Kopya Saysi: I‘I

Bps: Low hd

Koyuluk: 100 hd

Tiider: | [BOND Siide Label =l
Kagt Bigimi

(o cm o dikey

e ¥ 180" déndir
Byl

Geniglik: I22.33

Yikseklik: |1 5.00
‘Yazdinlamaz Bdlge
Sol:

Sag: 0.00 A 0.00

Bu belge milimetre cinsinden yazici ayarlarini gosterir. Dolayisiyla Kagit Formatini mm cinsinden girin.
5 Stoklar asagi acilir listesinden “BOND Slide Label” segenegini segin.
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10 Uygulama Istemci (BOND Kontrolorde)

6 Stoklar sekmesini segin.

Sekil 10-25: Yazdirma Varsayilani — Stoklar sekmesi

@ Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties Yazdirma Varsayilanl... X

Komut Fortlan ~ Ozel Komutlar  fthal Btme/ihrag Btme ayarlan  About
Segenekler  Geligmig Kurulum Dizettme ~ Stok Barkod Fontlan

Tarimlanmig stoklar

24% 3inch ~
3x linch - Gegersiz stok

4x 2inch - Gegersiz stok

4x Jinch - Gegersiz stok

4x dinch - Gegersiz stok

4% Ginch - Gegersiz stok
4.25x 1inch - Gegersiz stok
4 25x Jinch - Gegersiz stok
4 25x Binch - Gegersiz stok
4 25x 6.5 inch - Gecersiz stok
BOND Slide Label

Stok aghklamasi
BOND Slide Label

Agiklama

Etiket Stok turindza buradan tarimlayabilir ve gelecekte
kullanabilmek igin kaydedebilirsiniz. Her stok tund etiket boyutlan ve
baz yazici ayarann igerir.

Yeni... |

Tamam iptal Uygula Yardim
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10 Uygulama Istemci (BOND Kontrolorde)

7 Degistir... dugmesine tiklayin.

Sistem ekraninda Stok Tamimla diyalog kutusu gordiltr, Sekil 10-19'da gosterildigi gibi.

Sekil 10-26: Stok Tanimla diyalog kutusu

Stok Tamimla ?
Ad
|BOND Siide Label
Segenekler
Koyuluk |3m vI
Bps Low -
Bayutlar
Etiket Genigligi IZZ,DEI mim
Btiket Yikselkligi 15,00 mim
Yazdinlamaz Bolge
Sal: |1].[m (st |u.m
Sag: ID,[H] Alt: ID.ﬂD
Tamam I iptal | Yardim |

« Sol kenar kesilmisse Sag degerini Yazdirilamaz Bélge dahilinde hafifge azaltin, 6rnegin, 0,50mm’den

0,30mm'’ye.

 Sag kenar kesilmisse Sa§ degerini Yazdirilamaz Bolge dahilinde hafifce artirin, drnegin 0,50mm’den

0,70mm'ye.

o Ust veya alt kenar kesilmisse bkz. Kognitif Cxi Yazicida Dikey Etiket Pozisyonunu Ayarlama (Bolim

10.6.3.5, sayfa 262).
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10 Uygulama Istemci (BOND Kontrolorde)

8 TAMAM segenegine tiklayin.

TAMAM segenegine tikladiktan sonra Stok adi sistem form veri tabani tarafindan zaten
kullanimda seklinde bir hata mesaji gorehilirsiniz. Boyle bir durumda Ad igin Stok Tanimla
diyalog kutusunda Sekil 10-27'de belirtilen sekilde degisiklik yapin ve daha sonra Tamam
segenedine tiklayin.

Sekil 10-27: Etiket Stokunu Yeniden Adlandirin

Stok Tanimla ? *

Ad

||EOND Slide Label 1

Segenekler
Keyuluk |3u-u - |
Bps Low -

9 Sonucu kontrol etmek igin bir etiket yazdirin. Etiket kabul edilene (metin kesilmeyene) kadar prosediirii
tekrarlayin.
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10 Uygulama istemci (BOND Kontrolorde)

10.6.3.5 Kognitif Cxi Yazicida Dikey Etiket Pozisyonunu Ayarlama

Etiket pozisyonu cok yliksek veya diistikse Geligmig Ayarlar sekmesini Yazdirma Varsayilani diyalog kutusundan Sekil
10-28'de gosterildigi gibi segin.

Sekil 10-28: Gelismis Ayarlar sekmesi

= Cegnitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties Yazdirma Varsayilanl..

Komut Fortlan ~ Ozel Komutlar  ithal Btme/ihrag Btme ayadan  About
Segenelder  Gelismis Kurilum  Diizetme  Stok Barkod Fontlan

Yazdima Tini

" Dognudan Temal * Temal Aktama
Sensar Tard

* Boguk ™ Siyah Gubuk " Yok
Mevcut Etiket

[~ Kapah

Mesafe lledetme W ing

Mezafe Ger Alma ’T ing
Kesici/Siyin Segenekler

™ I

|FL|II Cut After Every Label J

Pyarlar
[ Ayarlann yaiciya gonderiimesini kapat
Yazdrma Coziininiigi [300 ~| DPI
Grafik Secenekler
" Dogrudan Yazdrma

Etiket Bigimini Yazcya ihrag Bt
" RAM f* FLASH

Sidandine:: lm
Diger Ayarar
ptal Uygula Yardim

o Ust kenar kesilmisse, Mesafe ilerletme degerini Meveut Etiket alaninda hafif artirin, 5rnegin 0,00mm’den
1,00mm’ye.

« Alt kenar kesilmisse, Mesafe Geri Aima degerini Mevcut Etiket alaninda hafif artirin, 6rnedin 0,00mm’den
1,00mm'ye.

« Ayarlari yalnizca bir ayara uygulayin. Eer Mesafe ilerletme dahilinde zaten bir deger varsa ve alt kenar
kesilmisse Mesafe ilerletme degerini azaltin, Mesafe Geri Alma Degerini artirmayin. Bir deger sifirda kalir ve
diger deger pozisyonu kontrol eder.

1 TAMAM secenegine tiklayin.

2 Sonucu kontrol etmek igin bir etiket yazdirin. Etiket kabul edilene (metin kesilmeyene) kadar prosediirii
tekrarlayin.
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LIS Entegrasyon Paketi (BOND
Kontrolorde)

Istege bagl BOND LIS entegrasyon paketi (LIS-ip) BOND sistemini herhangi bir uyumlu Laboratuvar Bilgi Sistemine
(LIS) baglar. LIS-ip vaka ve lam bilgisini LIS'ten BOND sistemine génderir ve BOND sistemi isleme bilgisini LIS-ip
yoluyla LIS'e gonderir.

LIS-ip yiksek olglide konfigure edilebilir ve birgok farkli LIS tipi ve laboratuvar is akisi ile ¢alisilabilir. LIS-ip, LIS ile
BOND sistemi arasinda kesintisiz entegrasyon saglayarak lam tekrar etiketleme gereksinimini ortadan kaldiracak
sekilde, LIS lamlarinin otomatik olarak taninmasini mimkiin kilmak tzere konfiglre edilebilir. Kullanilabilecek is
akiglarina genel bir bakis igin Is Akislari (Bolim 11.8, sayfa 273) kismina bakiniz.

Leica Biosystems her kurulum igin kuruma 0zgi kapsamli bir egitim diizenler.
BOND LIS-ip bilgisi igin asagidaki kisimlara bagvurun:
e LIS-ip kullanimt ilgili terimler
Bakiniz 11.7 LIS Terminolojisi
» Ekyazilim iglevlerinin detaylari
Bakiniz 11.2 Ek Yazilim Ozellikleri
« LIS baglantisi ve konfiglirasyonuna genel bakis
Bakiniz 11.3 LIS Baglanti ve Calismaya Hazirlama
LIS hata gostergesi ve epitop geri alma tanimi
Bakiniz 11.4 LIS Bilgilendirmeleri
Vaka ve lam verilerinin referans listesi
Bakiniz 11.5 Vaka ve Lam Verileri Gereklilikleri
e BOND LIS-ip'nin LISe bildirebildidi lam durumu verilerinin tanimi
Bakiniz 11.6 Lam verilerini LIS'e geri gonderme
» Lam etiketi gereklilikleri referansi
Bakiniz 11.7 Lam Etiketleri
 Tipik LIS uygulamalarina genel bakis
Bakiniz 11.8 Is Akislari.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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17 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontrolorde)

11.1 LIS Terminolojisi

LIS islevselligini tanimlamak ve normal elemanlar ile LIS BOND elemanlari arasinda ayrim yapmak igin cesitli yeni
terimler gereklidir. Bu terimler agagidaki listede tanimlanmistir.

LIS - Laboratuvar Bilgi Sistemi; bir laboratuvarin ¢aligmalariyla ilgili bilgiyi yoneten yazilim.

LIS-ip — BOND LIS entegrasyon paketi, BOND sisteminin bir LIS ile galismasini mimkun kilan istege bagl bir
eklenti.

LIS lami — LIS tarafindan olusturulan ve galisilmak tizere BOND sistemine gonderilen bir lam.
LIS vakasi - LIS tarafindan olusturulan ve BOND sistemine gonderilen bir vaka.

Oto Kimlik lam etiketi — BOND sistemi tarafindan otomatik olarak taninabilen bir lam etiketi. Bunlar BOND veya
LIS tarafindan taninabilir bir barkod formatinin kullaniimis olmasi sartiyla yazdirilabilir. Bakiniz 11.3 LIS
Baglanti ve Calismaya Hazirlama.

Yardimli Kimlik lam etiketi — BOND tarafindan otomatik olarak taninamayacak herhangi bir lam etiketi.

LIS lam etiketi — LIS'e bagli bir yazicidan bir lam etiketi. Bir LIS lam etiketi LIS barkodunu ve LIS etiketi igin
konfigure edilmis herhangi bir baska bilgiyi gosterir.

BOND-LIS lam etiketi — LIS iginde olusturulan ancak BOND'a bagl bir yazicida yazdirilmis bir lamigin lam
etiketi. Bir BOND-LIS etiketi BOND LIS lam etiketi konfigurasyonunu kullanir ve bu konfigiirasyon BOND'da
diizenlenebilir.

Erisim numarasi — belirli bir vakayi tanimlayan bir rakam veya baska kimlik i¢in sik kullanilan bir LIS terimi.
Erisim numarasi BOND “vaka kimligine” esdegerdir.

Hasta verileri — BOND sisteminde bir “vaka” olusturan hasta detaylari.
Demografik veriler — hasta verileri veya vaka verileri igin sik kullanilan bir LIS terimi.

LIS barkodu - LIS tarafindan atanan ve her LIS lamini benzersiz olarak tanimlayan bir barkod.

11.2  Ek Yazilim Ozellikleri

LIS etkinlestiriimis BOND sistemlerinde, standart versiyonda bulunmayan ek yazilim ozellikleri vardir. BOND LIS-ip
sistemleri standart BOND yaziliminin tim ozellikler ve iglevlerine sahiptir.

Bakiniz:

BOND 7 Kullanicr El Kitabl, 49.7556.530 A06

11.2.7 LIS Durum Simgesi

11.2.2 LIS Vakalari

11.2.3 LIS Lamlar

11.2.4 Halka Acik isaretleyici Isimleri
11.2.5 Oncelikli Lamlar

11.2.6 LIS Lam Veri Alanlar

11.7 Lam Etiketleri
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17 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontrolorde)

11.2.17 LIS Durum Simgesi

Sekil 11-1: BOND yazilim ekraninin sag Ustiinde LIS durum simgesi

b

BOND LIS-ip ile yazilimina standart islev cubugunun en saginda LIS durum simgesi yer alir. Bu simgede asagidakiler
gosterilir:

LIS baglanti durumu (bakiniz 11.3 LIS Baglanti ve Galismaya Hazirlama)
LIS hata gostergesi (bakiniz 11.4 LIS Bilgilendirmeleri)

11.2.2 LIS Vakalari

LIS vakalari LIS iginde olusturulup BOND'a gonderilen vakalardir. Bunun aksine, BOND vakalari BOND'da olusturulur.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06

LIS vakalari BOND vakalari ile ayni 6zellik alanlarina sahiptir ancak bir vaka BOND'a gonderildikten sonra
herhangi bir bilgi degistirilemez.

BOND sistemi otomatik olarak her LIS vakasina benzersiz bir vaka numarasi atar.
LIS erisim numarasi veya vaka kimligi BOND'de vaka kimligi haline gelir.

Bu vaka kimligi mevcut BOND vakas ile ayniysa yeni LIS vakasi reddedilir. LIS iginde vaka kimligini
degistirmeniz gerekir.

Yeni LIS vakasinin vaka kimligi ve hasta adi Lam kurulumu ekraninda listede zaten bulunan aktif bir LIS
vakasininkiyle ayniysa, otomatik olarak mevcut vaka kullanilir. "Yeni" vakadaki lamlar mevcut vakadakilere
eklenir. Vaka kimlikleri ayni ancak hasta adlari farkliysa yeni vaka reddedilir.

Bir LIS vakasinin vaka kimligi ve hasta adi BOND iginde son kullanma tarihi gegmis veya silinmis bir LIS vakasi
ile ayniysa, uygulama istemcisi LIS ekranindaki ayariniza bagli olarak mevcut geri getirilir veya yeni vaka
reddedilir (bakiniz Esit Vaka Kimlidi (Bolim , sayfa 229)).

Bir LIS vakasina BOND yazilimi kullanilarak eklenen lamlar BOND lamlari olarak olusturulur.

Uygulama istemcisinde ayarlandigi sekilde, LIS vakalarinin BOND vakalari ile ayni varsayilan hazirlama
protokolii ve damlatma hacmi vardir (bakiniz 10.5.2 Vaka ve Lam Ayarlari).

265
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17 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontrolorde)

11.2.3 LIS Lamlari

LIS lamlarr LIS iginde olusturulmus ve BOND'a gonderilmis lamlardir. Bunun aksine, BOND lamlari BOND'da bir BOND
vakasl veya LIS vakasi olarak olugturulmus lamlardir.

LIS lamlari lam listesinde etiket rengiyle tanimlanabilir: LIS lamlarinin gri etiketi vardir.

Sekil 11-2: LIS lami (sol) ve tek boyama rutini BOND lami (sag)

Asagidaki hususlar LIS lamlari igin gegeridir:

« LIS'ten yazdirlan etiketler tipik olarak bir barkod igerir. Barkodun BOND tarafindan desteklenen alti formattan
birinde olmasi ve BOND'un bu formati okumak tizere konfigure edilmis olmasi sartiyla, yiklendiginde BOND
lami tanimlayabilir. Bakiniz 11.3 LIS Baglanti ve Calismaya Hazirlama.

e LIS lamlariigin BOND tarafindan yazdirilan etiketler BOND LIS lam etiketi konfigiirasyonunu kullanir. Bakiniz
10.3 Etiketler .

LIS lamlarinda LIS'e 6zgl ek alanlar bulunabilir. Bakiniz 11.2.6 LIS Lam Veri Alanlari.
« LIS'ten kaynaklanan lam ozellikleri BOND yazilimi kullanilarak diizenlenemez.

» BOND yazilimi bir LIS lamini kopyalamak igin kullanildiginda bu kopya bir BOND lam etiketi konfigiirasyonuyla
bir BOND lami olarak olusturulur. Tum LIS'e 6zgu alanlar ¢ikarilir ve tim alanlar diizenlenebilir hale gelir.

11.2.4 Halka Acik Isaretleyici Isimleri

Halka agik isaretleyici isimleri (primer antikorlar ve problar igin) LIS tarafindan tanimlanan ve BOND sisteminde
kaydedilmis isaretleyiciler arasindaki baglantiyr saglar. LIS bir test i¢in bir isaretleyiciyi belirlediginde BOND sistemi
ilgili test icin ayni halka acik isaretleyici ismine sahip reaktifi kullanir. BOND sistemi, eger LIS isaretleyici ismine
karsilik gelen halka agik bir isim yoksa LIS tarafindan belirlenen testi reddeder.

Halka agik isaretleyici isimleri Reaktif 6zelliklerini diizenle diyalogunda Halka agik isim alani kullanilarak belirlenir
(bakiniz 8.2 Reaktif Kurulumu Ekrani). Bu alan sadece LIS-ip kurulu oldugunda goriinir hale gelir.

Her halka acik isim benzersiz olmalidir. Halka agik isimler BOND reaktifleri arasinda herhangi bir zamanda
degistirilebilir ve bu durumda zaten olusturulan lamlar etkilenmez.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06 266
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11 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontrolorde)

11.2.5  Oncelikli Lamlar

LIS acil galisiimasi gereken oncelikli lamlari belirleyebilir. Bir oncelikli lamin dahil oldugu herhangi bir vaka Lam
kurulumu ekraninda kirmizi renkle vurgulanmis olarak gordlr.

cekmecesine yiikleyin ve ardindan diger lamlari On Yiikleme gekmecesine yiiklemeden dnce bu

@ BOND-PRIME islem Modiiliinde bir lama 6ncelik vermek igin sadece oncelikli lamlari On Yiikleme
lamlarin ¢alisma igin aktariimasini bekleyin.

Sekil 11-3: Oncelikli lamlart kirmizi renkle vurgulanmis olarak Lam kurulumu ekraninda bir vaka

I LS0012 - 45216 Shady, Albert Joseph
20130416-ISHRefine Benjamin Hightower Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Hurley Arthur Josey 10

Halen oncelikli bir LIS vakasi baslangicta listenin en altina eklenir. Bu vaka sadece klinik istemcinin
sonraki seanslarinda listenin en Ustlinde gordlir.

Oncelikli lamlar kirmizi "P" ile isaretlidir.
Sekil 11-4: Bir oncelikli LIS lami Lam kurulumu ekraninda gortldigu sekilde

P

11.2.6 LIS Lam Veri Alanlari

Standart lam ozelliklerine ek olarak, BOND LIS-ip i¢inde LISten secili bilgiyi gostermek tizere kurulabilecek yedi adet
konfigiire edilebilir veri alani vardir. Temel baglanabilirlik Leica Biosystems servis temsilcisi tarafindan kurulum
sirasinda ayarlanir ancak bu ayarlama yapildiktan sonra kullanicilar alanlari gosterip gostermemeyi secebilir ve her
alanin adini ayarlayabilir - bakiniz LIS Lam Veri Alanlari (Bolim, sayfa 229).

Alanlar Lam 6zellikleri diyalogunda 6zel bir LIS sekmesinde gosterilir ve ayrica lam etiketlerinde yazdirlabilir (bakiniz
10.3 Etiketler ). Bunlar sadece bildirim amaciyladir ve lam galisiimasi lizerine bir etkileri yoktur.
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17 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontrolorde)

11.3 LIS Baglanti ve Calismaya Hazirlama

Her BOND LIS-ip moddill, galismayi bireysel laboratuvar gerekliliklerine gore ozellestirecek bir yetkili Leica Biosystems
temsilcisi tarafindan kurulmalidir.

BOND sistemi asagidaki alti barkod formatindan herhangi birini okumak tizere konfigire edilebilir:

2D Barkodlar

QR [=]g; =]

Aztec

Data Matrix

LIS modulu kuruldugunda bir LIS simgesi BOND yazilimi ekraninin sag Ustinde baglanti durumunu gostermek tzere
belirir (Sekil 11-5)

Sekil 11-5: LIS bagli dedil (sol) ve bagl (sag)

\ls

ol ol
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11 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontrolorde)

11.4 LIS Bilgilendirmeleri

BOND, LIS durum simgesini BOND yazilim ekraninin sag tstlinde gostererek LIS baglantisi veya veri hatalarina igaret
eder (bakiniz 11.2.1 LIS Durum Simgesi). Herhangi bir bekleyen LIS bilgilendirmesi varsa bekleyen bilgilendirme sayisi
icin bir sayag gasterilir. Yeni bir bilgilendirme olayl meydana geldiginde bu sayag kisa stire yanip soner.

Sekil 11-6: LIS surum simgesi

Use

]

Bilgilendirme detaylarini bulmak igin durum simgesine saqg tiklayin ve LIS servis olaylari diyalogunu agmak igin LIS
raporunu goster segenegini secin. Diyalog, hatalari ve basariyla aktarilmamis tim lamlari gosterir. Hatanin nedeni de
liste halinde verilir. Tipik LIS hatalarini eksik veriler, veri catismalari (6rn. farkli vakalar igin ayni erigim numarasinin
kullanilmasi) veya halka agik isaretleyicinin BOND sisteminde kayitl olmadigi durumlariigerir (bakiniz 11.2.4 Halka
Acik Isaretleyici Isimleri).

Sekil 11-7: LIS servis olaylan diyalogu

LIS servis olaylari

Vaka Kimligi LS0012-45210
Hasta Kimligi ~ PID120
Doktor Kimligi Dr Jones
K isaretleyici Kimligi GFAP LIS lami eklenemedi - Barkod
1. 2401201714:33 7012 oreionici2 Kinlih s
Doku tipi test
Mesaj Kimligi  002.1
Barkod 88820

Onayla

Vaka Kimligi ~ LS0012-45210
Hasta Kimligi ~ PID120
Doktor Kimligi  Dr Jones
1. 24.01.2017 14:34 7007 !§aret|eyici Kimligi GFAP Doku tipi haritalanamadi Onayla
Isaretleyici 2 Kimligi
Doku tipi tesst
Mesaj Kimligi ~ 002.1
Barkod 88820

Vaka Kimligi LS0012-45210

1. 2401201714:35 7006 Hasta Kimligi  PID120 isaretleyici mevcut degil Onayla
Doktor Kimligi Dr Jones

isaretleyici Kimligi GFAP

LIS konfigiirasyonuna bagli olarak, hatalari diizeltmek ya da vaka veya lami tekrar gondermek mimkiin olabilir. LIS
bilgiyi tekrar gonderemiyorsa vaka veya lamlar BOND yazilimi kullanilarak dogrudan olusturulabilir.

Her bilgilendirme mesajini okudugunuzda hatay diyalogdan kaldirmak igin ilgili Onayla dugmesine tiklayin.

Diyalogdaki tim hata mesajlari temizlendiginde bilgilendirme sayaci ekrandan kaybolur.
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11 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontrolorde)

Gerekirse ayrica mesajlari, once uygulama istemcisi ekraninin sol tstiinde Leica Biosystems
logosuna tiklayarak BONDHakkinda diyalogunu gostermek yoluyla LIS servis gunligtnde de

gorebilirsiniz. Sonra Servis gunlugi secenegine tiklayip asagi acilir Seri No. listesinden *LIS*
segenegini segin. istege bagl olarak bir zaman arali§i belirleyin ve sonra Olugtur segenegine
tiklayarak LIS servis gunluguni olusturun.

11.5 Vaka ve Lam Verileri Gereklilikleri

Asagidaki bolimlerde, LIS'ten BOND BOND tarafindan vaka ve lamlari ige aktarmak igin gerekli veriler verilmistir
(bakiniz 11.5.7 Vaka Verileri ve 11.5.2 Lam Verileri).

‘ Lam yorumlari disinda LIS vakalari ve lamlarindan veriler BOND'da degistirilemez.

11.5.1 Vaka Verileri

11.5.1.17 Zorunlu Alanlar

BOND Alan Adi Aciklama Sik Kullanmilan LIS Terimleri

Vaka Kimligi Vakay! tanimlayan bir rakam veya isim Erisim numarasi

Sira numarasi

11.5.1.2 Istege Bagli Alanlar

BOND Alan Adi Aciklama Sik Kullanilan LIS Terimleri

Hasta ad Hastanin adi Hasta adl

Lab tarafindan atanan kimlik (labAssld)
Doktor Sevk eden doktor Doktor adi ve/veya kimlik

ilgili doktor

Calismayi Isteyen doktor
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11 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontrolorde)

11.5.2 Lam Verileri
11.5.2.17 Zorunlu Alanlar

Isaretleyici Primer antikor (IHK) veya
Prob (ISH)

11.5.2.2 lIstege Bagli Alanlar

BOND Alan Adi

Primer antikor ( IHK

Prob (iSH)

biri)
Boya

Sik Kullanilan LIS

Terimleri

BOND Alan Ad Aciklama Sik Kullanilan LIS Yorumlar
Terimleri

Halka agik isim, LIS tarafindan
belirtilen ve BOND sisteminde
kayitli isaretleyiciler arasinda
baglantiyi saglar. Halka agik isim
LIS iginde belirtilecek her
isaretleyici icin belirtilmelidir.
Bakiniz 11.2.4 Halka Aclk
Isaretleyici isimleri.

Her isaretleyici icin varsayilan
boyama ve on iglem protokolleri
vardir ve bunlar gerekirse BOND
uzerinde degistirilebilir.

[LIS barkodu] Her LIS lamina benzersiz
kimlik barkodu verilir
(Silinen lamlarin kimlikleri
tekrar kullanilamaz)

Not: Barkod 'da kullanici
tarafindan goriilemez

BOND

Doku tipi Test veya kontrol dokusu
(pozitif veya negatif)

Yorumlar Lamla ilgili herhangi bir

yorum veya talimat

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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Barkod

Test tipi

Yorum

BOND'un bir lami tanimamasi
icin eksiksiz bir kimlik barkodu
saglanmalidir. Bu barkod, LIS is
akisi 1 kullanirken gereklidir
(bakiniz 11.8 Is Akislar).

Bu bilgi LIS tarafindan
saglanmamissa varsayilan
olarak “Test” kullanilir. Bakiniz
6.2.1 Kontrol Dokusu.

LIS tarafindan bir LIS lam igin bir
glincelleme gonderilirse, mevcut
lam yorumlarina herhangi bir
yeni lam yorumu eklenecektir.
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17 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontrolorde)

11.6  Lam verilerini LIS'e geri gonderme

BOND LIS-ip LIS'e lam durumunu bildirebilir. BOND LIS-ip su bilgileri bildirebilir:

e Lam olusturuldu - belirtilen lam BOND yazilimi iginde olusturulmustur

Lam yazdirldi - belirtilen lam i¢in bir etiket yazdirnlmistir

» Lam devam ediyor - belirtilen lam calisiimaktadir

Lam galisildi - belirtilen lamin ¢alisiimasi tamamlanmistir (hatayla veya hatasiz)

 Lam silindi - belirtilen lam BOND sisteminden silinmistir.

11.7 Lam Etiketleri

Her fiziksel lamda, dogru vaka ve test bilgisiyle eslestirilebilmesiigin bir tanimlama etiketi gereklidir. Kullanimi en
kolay is akisinda LIS lamlarinin etiketleri LIS tarafindan yazdirilir ("LIS lam etiketleri”) ve bu etiketler BOND tarafindan
taninir. Ancak bu sadece asagidaki durumlarda mimkiinddr:

1 LIS her lam i¢in BOND'a benzersiz bir barkod saglar ve

2 LIS yazicisi BOND tarafindan desteklenen alti barkod formatindan birini kullanir.

Eger LIS'iniz bu gereklilikleri karsilamiyorsa, BOND LIS lamlari igin kendi etiketlerini olusturabilir = “BOND-LIS lam
etiketleri”. Bu durumda isteGe bagli olarak BOND ayarini sadece BOND tarafindan yazdiriimig etiketleri varsa LIS
lamlarini calismak igin yapabilirsiniz. Bu segenek uygulama istemcisi LIS ekraninda ayarlanir — bakiniz 10.2 LIS.

Alternatif olarak tiglinci parti etiketleyici veya elle yazilmis etiketler kullanilabilir. Bu etiketlerin galisma oncesinde
BOND'da manuel olarak tanimlanmasi gerekir (bakiniz 5.1.5.2 Cihaz Igi Manuel Lam Tanimlama).
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11 LIS Entegrasyon Paketi (BOND Kontrolorde)

11.8 Is Akislari

Her LIS-ip uygulamasi yliksek olctide ozellestirilmistir ancak yine de onemli LIS-ip segeneklerine gore BOND LIS-ip is

akiglarinin bazi genel tanimlarini saglamak faydalidir. Asagidaki tablo dort is akisi gostermektedir. Diger is akiglari da

mevcuttur. Her kurulum igin kuruma 6zgu kapsamli egitim saglanmaktadir.

Gahsgma LIS'ten Veri BOND sisteminde Etiketlerin Tanimlama
akl$l girilen veri yazdiriimasi

Vaka ve lam verileri (LIS barkodu  Higbiri Otomatik

ile)
2 Vaka ve lam verileri Hicbiri BOND sistemi Otomatik
3 Ek lam BOND sistemi Otomatik
4 Hicbiri Harici Yardimli

Is akisi 1 kullanimi en kolay olanidir. Giinkii LIS ile BOND sistemi arasinda kesintisiz entegrasyon saglar. BOND, LIS
lamlarini otomatik olarak tanir ve lamlari tekrar etiketlemeye veya ek bilgi girmeye gerek kalmadan hemen ¢alisma

baslayabilir.
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Temizlik ve Bakim (sadece
BOND-IIl ve BOND-MAX)

BOND-PRIME islem Modiilii ile ilgili temizlik ve bakim prosediirleri igin ayri BOND-PRIME kullanici el
kitabina bakin.
IKAZ: Temizlik veya bakim islemleri yaparken islem modiilinii daima kapatin (bir aspirasyon probu
temizleme veya kimyasal sivi robotu temizleme disinda).
‘ IKAZ: immiinohistokimya ve in situ hibridizasyonlari kullanilan reaktiflerden bazilari tehlikelidir.
& Devam etmeden dnce bu iglem igin yeterli editim aldiginizdan emin olun.
1 Reaktifleri kullanmadan veya aleti temizlemeden once lateks veya nitril eldivenler, glivenlik
gozlikleri ve diger uygun koruyucu giysiler giyin.
2 Reaktifler ve kondensati laboratuvar ¢alisma yeri igin gecerli tim islemler ve resmi
dizenlemelerle uyumlu olarak kullanin ve atin.
IKAZ: Eger yakinina yanici materyaller yerlestirilirse, islem modiillerinin tutusma tehlikesi
olusturabilecek isiticilari ve i1sitilmis yiizeyleri vardir.
Isiticilar Uzerine veya yakinina yanici materyaller yerlestirmeyin.
Islem modiilinde herhangi bir sicak yiizey tizerine yanici materyaller yerlestirmeyin.
Tum bidon kapaklarinin, tekrar doldurma veya bosaltma sonrasinda uygun sekilde kapatildigindan
emin olun.
IKAZ: Lam boyama Unitesi ve gevreleriyle temas etmekten kaginin. Bunlar ok sicak olabilir ve siddetli
yaniklara neden olabilir. islem durduktan sonra lam boyama Unitesi ve gevresinin sogumasi igin 20
dakika bekleyin.
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12 Temizlik ve Bakim (sadece BOND-IIl ve BOND-MAX)

A DIKKAT: Tiim cikarilabilir bilesenleri sadece elle temizleyin. Hasardan kaginmak icin herhangi bir
bileseni bir otomatik bulagik makinesinde yikamayin. Herhangi bir kismi solventler, giigli veya
asindirici temizlik sivilari veya gliglu veya asindirici bezlerle temizlemeyin.

Bu bolimde temizlik ve bakim islemleri sunulmaktadir. Klinik istemcide sistemdeki her islem moddili igin bir bakim
ekrani vardir. Sistem durumu ekranini gostermek icin ana pencerenin sol tarafinda bir islem modiiliine tiklayin ve
sonra Bakim sekmesine tiklayin.

Daha fazla bilgiicin, bakiniz 5.3 Bakim Ekrani. BOND sistemini her kullaniminizda sizintilar veya yipranmis veya hasarli
parcgalar agisindan cihazi inceleyin. Bu bolimde yipranmis veya arizali pargayi tamir etmek veya degistirmek igin
talimatlar varsa bunlari uygulayin. Aksi halde musteri hizmetleri ile irtibat kurun.

Onleyici Bakim

Bu boliimde liste halinde verilen normal bakim islemlerine ek olarak (kullanicilar tarafindan yapilir), BOND-III ve
BOND-MAX islem modiillerine bir Leica Biosystems servis temsilcisi tarafindan diizenli olarak servis hizmeti
sunulmalidir.

BOND-IIl ve BOND-MAX igin BOND yazilimi, her islem modiilii igin yilda bir veya 15600 lamda bir (hangisi
once gelirse) bir onleyici bakim servisi diizenlemeniz konusunda bilgilendirme yapar.

Bu say, uygulama istemcisinde (10.6.1 Islem Moddilleri) islem modiilleri sekmesinde Bakim tamamlandi
digmesiile resetlenir.

Bu bolimde asagidaki kisimlar sunulur:
e 12.1 Temizlik ve Bakim Cizelgesi
e 12.2 Bidonlar
e 12.3 Covertile'ler
 12.4Lam Boyama Unitesi
e 12.5Iislem Modiiliinii Tekrar Baslatin
e 12.6 Aspirasyon Probu
* 12.7 Yikama Blogu ve Karistirma Istasyonu
» 12.8 Cihaz Kapaklari, Kapilar ve Kapak
e 12.9 Kimlik Gortntlleyici
e 12.10 Damlama Tepsileri
e 12.11 Lam Tepsileri
 12.12 Kimyasal Sivi Robot Problari (sadece BOND-III)
e 12.13 Sinngalar
e 12.14 Glg Kaynag! Sigortalari
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12 Temizlik ve Bakim (sadece BOND-IIl ve BOND-MAX)

12.1  Temizlik ve Bakim Cizelgesi

Cihaz basina haftada yaklasik 300 lam icin calisma yaplyorsaniz asagidaki gizelgeyi kullanin. Bundan daha fazla
calisma yapiyorsaniz 6zel bir ¢izelge icin musteri hizmetleri ile irtibat kurun.

islem Boliim
Ginliik - Giintin Baslangic

Kimyasal atik konteynirlarinin yaridan fazla dolu olmadigini kontrol edin* 12.2

Kimyasal reaktif kaplarinin boyama gtini igin yeterli miktarda reaktifle doldurulup 12.2
doldurulmadigini kontrol edin*

Giinlik - Giin Sonu

Covertile Temizleme 12.3
Haftalik

Lam boyama unitelerini temizleyin* 12.4
Covertile klemplerini kontrol edin 12.4
Islem modiillerini tekrar baglatin 12.5
Ana robot aspirasyon probunu silin 12.6
Yikama bloklari ve karistirma istasyonunu kontrol edin — gerekirse temizleyin veya degistirin 12.7
Cihaz kapaklarini, kapilari (varsa) ve kapagi temizleyin 12.8
Kimlik gorintileyiciyi temizleyin 12.9
El kontrolli barkod tarayiclyl temizleyin 13.1

Aylik

Tum damlama tepsilerini temizleyin* 12.10
Karistirma istasyonunu degistirin 12.7
Kimyasal reaktif konteynirlarini temizleyin 12.2
Kimyasal atik konteynirlarini temizleyin 12.2
Lam tepsilerini temizleyin 12.11
Kimyasal sivi robot problarini temizleyin (BOND-III) 12.12
Lam tepsilerini temizleyin 13.2
Siringalari kontrol edin 12.13
Komut verildi§inde

Ana robot aspirasyon probunu temizleyin 12.6.1
Siringalari degistirin 12.13

* Gerekirse bu islemleri planlanandan daha sik olarak yapin.
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12 Temizlik ve Bakim (sadece BOND-IIl ve BOND-MAX)

12.1.1  Temizlik ve Bakim Kontrol Listeleri

Sonraki sayfada, bir kontrol listesi olarak yazdirlip kullaniimak tizere tasarlanmig bir tablo halinde bakim gizelgesi
verilmistir. BOND Yikama, ER1, ER2 ve deparafinizasyon solusyonu igin lot numaralarini kaydetmek tzere ilgili alanlar
saglanmistir. islemler tamamlandikga kalan hiicreleri isaretleyin veya paraf atin.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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12 Temizlik ve Bakim (sadece BOND-IIl ve BOND-MAX)

Temizlik ve Bakim Cizelgesi

Pzt Sali Crs Pers | Cuma | Cmt Paz
GUNLUK

Kimyasal reaktif konteynirlarini kontrol O O O O O O O
edin
BOND yikama lot numarasi

ERT lot numarasi

ER2 lot numarasl

Deparafinizasyon soltisyonu lot
numarasi

O

O O O
Covertile Temizleme | | a
HAFTALIK BOND-MAX icin:

O
O
O

Atik konteynirlarini kontrol edin

O
O
O
O

Lam boyama Unitelerini temizleyin* O « Harici atik konteynirinda sadece tek kapak varsa,

Covertile klemplerini kontrol edin O Gevirerek gikarmadan once kablo ve sivi hatlarini

Islem Mod(illerini Tekrar Baslatin O ayimn.

Aspirasyon probunu silin 0O » Bidonlar seffaf degilse hacmi tahmin etmek igin
5 . konteynerlerin uglarini yerlerinden gikarmadan

Yikama blggu ve kanstirma istasyonunu = kaldirin - konteynerleri islem modiiliinden

kontrol edin cikarmak gerekmez.

Cihaz kapaklarini, kapilari (varsa) ve O

kapagi temizleyin

Kimlik griintiileyiciyi temizleyin *Gerekirse planlanandan daha sik temizleyin

El kontrollii tarayiciy temizleyin O

AYLIK

Damlama tepsilerini temizleyin* O

Karistirma istasyonunu degistirin O

Kimyasal reaktif konteynirlarini O

temizleyin

Kimyasal atik konteynirlarini temizleyin O

Lam tepsilerini temizleyin O

Kimyasal sivi robot problarini temizleyin O

(sadece BOND-III)

Lam tepsilerini temizleyin O
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12 Temizlik ve Bakim (sadece BOND-IIl ve BOND-MAX)

—mmmmmm

Siringalari kontrol edin

o Haftastigin
KOMUT VERILDIGINDE
Aspirasyon probu temizle O
Siringalari degistirin O Ayiigin

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 AQ6 279

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



12 Temizlik ve Bakim (sadece BOND-IIl ve BOND-MAX)

12.2 Bidonlar

‘ IKAZ: immiinohistokimya ve in situ hibridizasyonlarda kullanilan reaktiflerden bazilari tehlikelidir.
&‘ Devam etmeden dnce bu iglem igin yeterli egditim aldi§inizdan emin olun.
1 Reaktifleri kullanmadan veya aleti temizlemeden once lateks veya nitril eldivenler, glivenlik

gozlikleri ve diger uygun koruyucu giysiler giyin.

2 Reaktifler ve kondensati laboratuvar galisma yeri igin gegerli tim ilgili islemler ve resmi
dizenlemelerle uyumlu olarak kullanin ve atin.

Islem modiilleri yakinina bir alev veya tutusma kaynagi yerlestirmeyin.

Tum bidon kapaklarinin, tekrar doldurma veya bosaltma sonrasinda uygun sekilde kapatildigindan

f’f IKAZ: BOND islem modiillerinde kullanilan reaktiflerin bazilari yanicidir:
emin olun.

Bidon seviyelerini giinliik olarak (en azindan) kontrol edin ve bidonlari her ay temizleyin. Detaylara bakiniz:
e 12.2.1 Konteynir Seviyelerinin Kontroli
e 12.2.2 Bidonlari Tekrar Doldurma veya Bosaltma
» 12.2.3 Bidonlari Temizleme

 12.2.4 Harici Atik Konteyniri (sadece BOND-MAX)

12.2.1  Konteynir Seviyelerinin Kontrolu

Bidon seviyelerini her gliniin basinda kontrol edin. Ayrica gece veya uzun sureli calismalara baglamadan once de
kontrol edin. Yiksek is hacmi olan laboratuvarlarin giinde iki bidon kontroll planlamasi gerekebilir.

BOND-IIl ve mevcut model BOND-MAX islem modiillerinde (ve tiim BOND-MAX harici atik konteynirlarinda) sivi
seviyeleri konteynir duvarlarindan gorilebilir. Opak konteynirlari olan BOND-MAX modelleri igin hacmi tahmin etmek
tzere, yerlerinden gikarmadan konteynirlarin uglarini kaldirin — tekrar yerlerine konulduklarinda bir fluidik priming'i
tetikleneceginden konteynirlari aletten gikarmaya gerek yoktur.

Sistem durumu ekranindaki simgeler BOND-IIl igin bidon seviyelerine isaret eder ve BOND-MAX'ta yiksek atik veya
diistik reaktif seviyelerini bildirmek igin kullanilir. Bu simgeleri sadece seviyeleri dogrulama ve/veya goriintiileme
bilgilendirmeleri igin kullanin = bunlar ginlik fiziksel kontrollerin yerini almaz.

BOND-IIl islem modiilleri, bidon aydinlatma sistemi ile donatiimistir (bakiniz Bidon Aydinlatma
Sistemi (BOND-III) (Bdlim , sayfa 52)).
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12 Temizlik ve Bakim (sadece BOND-IIl ve BOND-MAX)

Asagidaki durumlarda konteynirlari doldurun veya bosaltin:
» Yarnisindan fazlasi dolu oldugunda atik konteynirlarini bosaltin
» Yeterli reaktif oldugundan emin olmak igin reaktif kaplarini tekrar doldurun.

Bakiniz 12.2.2 Bidonlari Tekrar Doldurma veya Bosaltma.

edin ve uygun oldugu sekilde doldurun veya bosaltin. Bu islemin yapiimamasi ¢aligsmalarin

é IKAZ: Bidon seviyelerini her giiniin basinda (gerekirse daha sik — asagidaki talimata bakiniz) kontrol
duraklamasina neden olabilir ve bu durum boyamayi olumsuz etkileyebilir.

12.2.2 Bidonlari Tekrar Doldurma veya Bosaltma

Bidon seviyelerini kontrol ettiginizde, yaridan fazla dolu olan atik konteynerlerini bosaltin ve reaktif kaplarini yeterli
reaktif oldugundan emin olmak igin doldurun. Bidonlari doldururken veya bosaltirken olusan herhangi bir dokulmeyi
daima silerek temizleyin. Tekrar cihaza koymadan once konteynir ve kapaklarin dig kismini silin.

Asagidaki ayri bosaltma ve tekrar doldurma talimatina bakiniz. 12.2.2.5 Calismalar Sirasinda bolimtunde, bir galisma
sirasinda bir konteyniri bosaltmaniz veya doldurmanizin gerekmesi halinde ilgili talimatlar vardir.

e 12.2.2.1 Kimyasal Reaktifi Tekrar Doldurma — BOND-III

12.2.2.2 Tehlikeli Atigi Bosaltma — BOND-III

12.2.2.3 Standart Atigi Bosaltma — BOND-III

12.2.2.4 Tehlikeli Atik Bosaltma veya Kimyasal Reaktifi Doldurma — BOND-MAX
12.2.2.5 Galismalar Sirasinda

12.2.4 Harici Atik Konteyniri (sadece BOND-MAX) harici konteynirini bosaltma talimatlari igin BOND-MAX kismina
bakiniz.

IKAZ: Tekrar doldurulmus veya bosaltiimis konteynirlari daima islem modiilinde ayni yerlere koyun.
Aksi halde reaktifler kontamine olabilir ve boyama olumsuz etkilenehbilir.

IKAZ: Kimyasal reaktif konteynirlarinda reaktif tipini degistirmeyin. Aksi halde kontaminasyon
olusabilir ve boyama olumsuz etkilenebilir.

A DIKKAT: Bidonlari yerine geri takarken zorlamayin ciinkii bu islem konteynir ve sivi sensériine zarar
verebilir.
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12.2.2.1 Kimyasal Reaktifi Tekrar Doldurma — BOND-III
BOND-III reaktif bidonlari alet igindeyken doldurulabilir. Bunlar bidon boslugundan ¢ikarmaya gerek yoktur.
1 Kimyasal reaktif konteynir kapagini gevirerek ¢ikarin ve konteyniri doldurun.

2 Konteynir doldugunda kapagi tekrar takin ve sikin.

oldugundan emin olun. Aksi halde reaktifler kontamine olabilir ve boyama olumsuz

ﬁ IKAZ: BOND-III cihazlarinda konteynirlara reaktif eklerken huni kullaniyorsaniz huninin temiz
etkilenebilir.

12.2.2.2 Tehlikeli Atigi Bosaltma — BOND-II

1 Islem modiiliiniin galigmadigindan emin olun. (Ancak bir galisma sirasinda atik konteynirinin dolu oldugu
bilgilendirmesi varsa konteyniri bosaltmak icin bu talimatlari izleyin = ayrica bakiniz 12.2.2.5 Calismalar
Sirasinda.)

Kimyasal bidon kismindan konteyniri gekip ¢ikarin.

Kapagl agin ve atigi kurumunuzdaki onayli islemlerle uyumlu olarak atin.

N w0

Kapadg tekrar takip sikin.

5 Konteyneri tekrar islem modiiltine koyun. Konteynir konektoriinin kabin arkasindaki konektorle hizalandigini
anlayana kadar yavasca igeri itin. Sonra sizdirmaz bir baglanti saglandigindan emin olmak igin konektor yerine
oturuncaya kadar konteyniri yerine iyice itin.

12.2.2.3 Standart Atigi Bosaltma - BOND-lI

Iki standart atik konteyniri oldugundan, calisma sirasinda dahil olmak tizere herhangi bir zamanda dolu bir konteyniri
Gikarabilirsiniz (Sistem durumu ekraninda konteynir simgesi dolu gosterdiginde) (bakiniz 5.1.3.6 Bidon Durumu).
Ancak alet galigirken her iki kimyasal atik konteynirini asla ayni anda ¢ikarmayin ve Sistem durumu ekraninda bir
konteynir dolu olarak gortlmuyorsa, bu konteyniri gikarmadan once islemenin bitmesini beklemenizi 6neririz. Bir
kimyasal atik konteynirini gikarmak giivenli oldugunda yukarida adim (2)'de belirtilen tehlikeli atigi bosaltma talimatini
izleyin.
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Sekil 12-1: Atik konteynirini tekrar yerine koyma

12.2.2.4 Tehlikeli Atik Bosaltma veya Kimyasal Reaktifi Doldurma — BOND-MAX

1 Islem modiiliiniin galismadigindan emin olun. (Ancak bir galisma sirasinda atik konteynirinin dolu oldugu
bilgilendirmesi varsa konteyniri bosaltmak igin bu talimatlari izleyin — ayrica bakiniz 12.2.2.5 Calismalar

Sirasinda.)
2 Kimyasal bidon kismindan konteyniri gekip ¢ikarin.
Sekil 12-2: BOND-MAX tehlikeli atik konteyniri (sol) ve kimyasal reaktif konteyniri (sag)

Aciklama

1 Doldurma/bosaltma kapagi (daha sonraki
tehlikeli atik konteynerlerinde mavi kapak)

2 Sivi seviyesi sensor kapag|

3 Konektor
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3 Konteyniri doldurma veya bosaltma:

« Atk igin doldurma/bosaltma kapagini agin (Sekil 12-2'de madde 1) ve ati§i kurumunuzdaki onayli
islemlere gore atin.

« Kimyasal reaktif igin konteyniri diiz bir yiizeye koyun, doldurma/bosaltma kapagini agin (Sekil 12-2'de
madde 1) ve kapagin tizerine gevrilerek takildi§i boynun alt kisminin hemen altina kadar doldurun.

A DIKKAT: Bir bidondan sivi seviyesi sensorii kapagini cikarmayin yoksa hasar gorebilir.
Bidonlari sadece doldurma/bogaltma kapagindan bosaltin ve tekrar doldurun.

4 Kapagi tekrar takip sikin.

5 Konteyneri tekrar islem modiiltine koyun. Konteynir konektortinin kabin arkasindaki konektorle hizalandigini
anlayana kadar yavasga igeri itin. Sonra sizdirmaz bir baglanti saglandigindan emin olmak igin konektor yerine
oturuncaya kadar konteyniri yerine iyice itin.

12.2.2.5 Calismalar Sirasinda

Glinltik bidon kontrolleri yapiliyorsa (gece ve uzatilmis galismalardan once ek kontroller ve yiiksek is hacimli
laboratuvarlar igin diizenli ek kontroller ile) isleme sirasinda atik konteynirlari asla dolmamali ve reaktif konteynirlari
asla bitmemelidir. Ancak bu galisma sirasinda bunlardan birisi gergeklesirse, ilgili konteynirlari doldurmali veya
bosaltmalisiniz. Dogru islemden emin olmak igin asagidaki talimati okuyun.

Atik Konteyniri Dolu — BOND-MAX

Bir calisma sirasinda bir atik konteyneri dolmak tzereyse, Sistem durumu ekraninda ilgili konteyner simgesinde bir

Bilgi sembolu goruntdlenir.

Konteyniri bosaltmak igin hemen harekete gegin. Tesisinizdeki tim standart guvenlik tedbirlerini ve atik imha
proseddrlerini gozetin. Hizli davranarak ¢alismanin duraklatiimasini onleyebilir ya da duraklatiima siresini
kisaltabilirsiniz. Bir galismanin duraklatiimasi boyamaya zarar verebilir.

Eger bir konteyniri bosaltirken ¢alisma duraklarsa veya islem moduli otomatik olarak duraklayincaya kadar galismaya

devam ederseniz, konteynir simgesi lizerinde bir alarm A& (yanip sonen) veya ikaz sembolii belirir. Bosalmis
konteyniri, yukarida belirtilen talimat ve onlemlere dikkat ederek mimkiin oldugunca kisa strede tekrar koyun.

Duraklamanin calisma tzerindeki etkilerini gormek igin bir Calisma Olaylari Raporu olusturun.
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Reaktif Konteyniri Bog - BOND-MAX

Bir kimyasal reaktif konteyneri bosalmak tizereyse Sistem durumu ekranindaki ilgili konteyner simgesinde bir

bilgilendirme semboli gorlintilenecektir.

1 Protokol durumu ekranini agin ve islem modiiliindeki her galisma icin mevcut ve sonraki adimlari gorin.

2 Herhangi bir galisma halen az olan kimyasal reaktifi kullaniyorsa veya yakinda kullanacaksa reaktifi kullanan
adimlarin bitmesini bekleyin.

3 Kimyasal reaktifi kullanan adimlar bittikten sonra konteyniri gikarin, tekrar doldurun ve mimkun oldugunca kisa
slirede tekrar yerlestirin (tim standart giivenlik onlemlerini uygulayin).

Zaman kazanmak igin konteyniri her zamanki maksimum seviyesine kadar doldurmaniz gerekmeyebilir.

ekranini daima kontrol edin ve konteynirin kullanilmadigindan veya yakinda kullaniimayacagindan
emin olun. Aksi halde, calisiimakta olan lamlar olumsuz etkilenebilir. Konteyniri doldurduktan hemen

é IKAZ: Galisma sirasinda bir BOND-MAX bidonunun doldurulmasi gerekiyorsa Protokol durumu
sonra yerine koyun.

12.2.3 Bidonlari Temizleme

Asagidaki temizlik islemleri ayda bir yapiimalidir.

12.2.3.17 ERT, ER2, BOND Yikama ve Deiyonize Su Konteynirlari

1 ER1, ER2, BOND Yikama ve deiyonize su kimyasal reaktifi bidonlarini bogaltin.
2 Konteynirlari endustriyel glicte deterjanla yikayin ve sonra deiyonize suyla iyice durulayin.

3 Tekrar doldurmadan ve aleti geri koymadan once konteynirlarin kurumasini bekleyin.

12.2.3.2 Deparafinizasyon ve Alkol Konteynirlari

1 Deparafinizasyon ve alkol kimyasal reaktifi konteynirlarini bosaltin. Tesisinizdeki onayli prosediirler uyarinca,
kimyasal reaktif konteynirlarindaki deparafinizasyon ve alkoll imha edin.

2 Her konteynira yeni reaktiften kiigiik bir miktari dokiin ve herhangi bir kontaminanti gidermek tizere siviyi
konteynir duvarlari gevresinde hareket ettirin. Tamamlandiginda konteyniri bosaltin. Atigi kurumunuzdaki
onayliislemlerle uyumlu olarak atin.

‘ Alkol veya deparafinizasyon konteynerlerine asla su ya da deterjan koymayin.

3 Bidonu yeni reaktifle tekrar doldurun ve cihaza geri koyun.
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12.2.3.3 Kimyasal Atik Konteynirlari

1 Konteynirlardan tim atidi bosaltin. Atigi kurumunuzdaki onayli islemlerle uyumlu olarak atin.

2 Atik konteynirlarini %0,5 gamasir suyu sollisyonu (a/h) veya endistriyel giigte deterjanla temizleyin ve
deiyonize suyla iyice durulayin.

3 Atik konteynirlarini tekrar cihaza koyun.

12.2.4  Harici Atik Konteyniri (sadece BOND-MAX)

BOND-MAX 9L harici standart atik konteynirini her giintin basinda bosaltin ve gece boyunca veya uzatiimis
calismalardan once seviyeyi kontrol edin;. Yari dolu veya yaridan fazla doldugunda bosaltin; yari dolu seviyesine bir
rehber olarak konteynir etiketindeki beyaz yatay ¢izgiyi kullanin - bakiniz Sekil 12-3.

Sekil 12-3: BOND-MAX 9L harici atik konteyniri

Acgiklama

1 Doldurma/bosaltma kapagi

— - 2 Yaridolu seviyesi

Konteyniri tiim diger bidonlarda oldugu gibi ayda bir temizleyin (bakiniz 12.2.3 Bidonlari Temizleme).

1 Birislem moddluniin galismadidindan emin olun. (Ancak bir calisma sirasinda atik konteynirinin dolu oldugu
bilgilendirmesi varsa konteyniri bosaltmak igin bu talimatlari izleyin — ayrica bakiniz 12.2.2.5 Calismalar
Sirasinda.)
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2 Konteynirda Sekil 12-4'daki gibi konektorler varsa (bazi sensor konektorlerinin gosterildigi gibi giims rengi
degil siyah olduguna dikkat edin):

Sekil 12-4:

Aciklama

1  Sivi seviyesi sensori
konektori

2 S konektori

a Sensor konektori (1) tizerindeki kirmizi siirgliyl kaldirmak igin bagparmaginizi kullanin ve konektorii
kapaktan uzaga cekin.

b Sivi konektorii (2) lizerindeki metal digmeye basin ve konektori kapaktan uzaga gekin.

3 Konteynir bosaltmak igin doldurma/bosaltma kapadini ¢ikarin. Konektorleri olan kapagi ¢ikarmayin. Atigi
kurumunuzdaki onayli islemlerle uyumlu olarak atin.

4 Dolum/bos kapagi tekrar takip iyice sikin ve islem modultine tekrar koyun.
5 Sivi konektorlnd yerine tiklayincaya kadar kapak baglantisi Uzerine bastirin.

6 Sensor konektortnu yeniden baglayin. Konektori kapak baglantisi tabanina dogru asagiya itin.

‘ é IKAZ: Dolu oldugunda harici atik konteyniri agirdir.

Harici atik konteynirini bosaltirken dogru kaldirma teknikleri kullanin.

& DIKKAT: Zarar vermekten kaginmak amaciyla bir konteyniri bosaltmadan 6nce sensor ve sivi
konektorlerini daima ayirin.
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12.3 Covertile'ler

Covertile'lari her kullanimdan sonra temizleyin (bunun igin Leica Biosystems Covertile Temizlik Raki kullanilabilir).
Covertile'lar hasarli olmamasi ve renginin cok degismemis olmasi ve uygun sekilde temizlenmeleri sartiyla 25 kereye
kadar tekrar kullanilabilir. EGer hasarliysa veya boyama kalitesi bozulursa Covertile'lari atin.

12.3.1  DAB Kalintilarini Giderin (Istege Bagl)

1 Yeni bir DI suiginde %0,5 a/h sodyum hipoklorit solisyonunda minimum 30 dakika batirin.
2 Cikarin ve 10 kez yeni DI suya batirin.

3 Standart bir temizlemeyi tamamlayin (asagiya bakiniz).

12.3.2  Standart Temizleme (Zorunlu)

1 %100 IMS (endiistriyel metile alkol) etanol veya reaktif sinifi alkole en az 10 dakika batirin.

2 30 saniye sallayin ve gikarin.
3 Kurutun:
« tiftiksiz bezle silerek kurutun veya

* havayla kurutun.

4 Covertile'lar kopma, ¢atlak veya biikilme agisindan dikkatle inceleyin. Herhangi bir sekilde hasarliysa atin.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 AQ6 288

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



12 Temizlik ve Bakim (sadece BOND-IIl ve BOND-MAX)

12.4 Lam Boyama Unitesi

IKAZ: Eger yakinina yanici materyaller yerlestirilirse, islem modiillerinin tutusma tehlikesi
olusturabilecek isiticilari ve I1sitilmis yiizeyleri vardir.

* |siticilar Uzerine veya yakinina yanici materyaller yerlestirmeyin.
« islem modiilinde herhangi bir sicak yiizey tzerine yanici materyaller yerlestirmeyin.

 Tim bidon kapaklarinin, tekrar doldurma veya bosaltma sonrasinda uygun sekilde
kapatildigindan emin olun.

IKAZ: Lam boyama Unitesi ve cevreleriyle temas etmekten kaginin. Bunlar ok sicak olabilir ve siddetli
yaniklara neden olabilir. islem durduktan sonra lam boyama Unitesi ve gevresinin sogumasi igin 20
dakika bekleyin.

bir otomatik bulagik makinesinde yikamayin. Herhangi bir kismi solventler, giigli veya asindirici
temizlik sivilari veya guglu veya asindirici bezlerle temizlemeyin.

DIKKAT: Ust plakayr temizlemeden veya gikarmadan Gnce, kimyasal sivi robotlarinin (BOND-I11) islem
moddiltntn arkasinda ana pozisyonda oldugundan ve lam boyama uniteleri boyunca
konumlanmadidindan emin olun.

A DIKKAT: Belirtilmis bilesenleri sadece elle temizleyin. Hasardan kaginmak igin herhangi bir bileseni

A DIKKAT: Pamuklu uc cikip bir tikanikliga yol acabileceginden, yikama blogu delikleri veya lam boyama
tnitesi nem emme dirseklerinin igini yilkamak igin herhangi bir pamuklu gubuk veya pamuklu aplikator
kullanmayin.

Standart Temizleme
Tum lam boyama Unitelerini haftada bir veya gorundr birikim varsa daha sik temizleyin.

%70 alkolle (miimkiin oldugunca az) nemlendirilmis tiftiksiz bir bez kullanin. Gikariimasi zor ¢okeltiler igin BOND Wash
Solution (miimkiin oldugunca az) kullanin ve DI suyla durulayin.

BOND-IIl igin kimyasal sivi robotu kilavuz rayini silin (Sekil 12-6'de Madde 3).

Ust plakayi sallayarak agin (bakiniz Ust Plakayi Dedistirme (Bolum , sayfa 290)) ve temizleyin:
* Isitici pedleri
« Drenaj portlari ve nem emme dirsekleri
* Isitici pedleri arasindaki bolgeler

« Pedleri gevreleyen damlama tepsisi
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Drenaj portlarinda (portlarin kenarlarindaki kiiglik nem emme dirsekleri dahil) herhangi bir yabanci madde
bulunmadigini ve gizik veya baska hasar olmadigini daima kontrol edin. Bunlarda veya lam boyama unitelerinin bagka
herhangi bir bileseninde hasar varsa misteri hizmetleri ile irtibat kurun.

Sekil 12-5; Lam boyama Unitesini Ust plaka agik olarak kaydirin

Aciklama

1 Covertile klemplerini

2 Drenaj portlar ve nem emme

dirsekleri
9 3 Isitici pedleri
1 4 Damlama tepsisini
4
2.

Ust plaka agikken Covertile klemplerini plakanin alt tarafinda inceleyin ve yayli ayaklarin serbestce hareket ettiginden
emin olun. Klemp yaylari bastirildiginda geriye dogru yaylanmazsa degistiriimeleri igin musteri hizmetleri ile irtibat
kurun.

Ust Plakayi Degistirme

1 Islem modiilinin bos oldugundan, giiciin kapali oldugundan ve tepsiye yiiklenmis herhangi bir lam
olmadigindan emin olun.
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2 Ust plakay, st plakayi asagiya iterek ve her iki ugta mavi biikilen tutturucularin saat yoninin aksine geyrek
tur biikerek (Sekil 12-6 ve Sekil 12-7'da madde 1) agin. Ust plakayr menteselerinden geriye itin (islem modiiliine
dogdru bakarken st plakanin sag tarafi kalkarak agilacaktir).

Sekil 12-6: BOND-III Ust Plakayi

FIFFTTTTTY:

3 e

Aciklama

1 Bikilmeli tutturucular
2  Pivot menteseler

3 Kimyasal sivi robotu kilavuz
rayini

Sekil 12-7: BOND-MAX Ust Plakayi

Agiklama

1 Bukilmeli tutturucular

2  Pivot menteseler
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3 Ust plakayi tamamen gikarmak igin (rutin temizlik igin gerekmez) yay yiiklu pivot tutturuculari plakanin her iki
ucunda gekin (Sekil 12-6 ve Sekil 12-7'da madde 2) ve sonra plakayi lam boyama tnitesinden uzaga kaldirin.

Sekil 12-8: Ust plaka pivot tutturucuyu serbest birakma

Ust Plakayi Degistirme

tinitesine yerlestirmeniz gerekir (islem modiiliine dogru bakarken soldaki lam boyama iinitesi bir

. BOND-III lam boyama Unitesi Ust plakalari numaralidir ve daima dogru Gst plakayr dogru lam boyama
numarali olandir).

17 Lam boyama iinitesinde pivot noktalar bulun. Ust plakayi agik pozisyonda tutun ve pivot tutturuculardan birinin
lam boyama Unitesinde pivot nokta igine yerlestirin.

2 Diger pivot tutturucuyu gekin, plaka ucunu konumuna yerlestirin ve tutturucuyu serbest birakin.

3 Ust plakayi kapatin ve plakanin her iki ucundaki deliklerin yerlestirme pinlerine dogru sekilde gegtigini kontrol
edin.

4 Ust plakayi tutun ve biikiilme tutturucularini saat yoniinde gevirin. Saat yoniinde ceyrek tur dondiirme ile sikica
tutmalari beklenir.

12.4.1  Lam Boyama Unitelerinin Kilidini Manuel Olarak
Acma

Her lam boyama unitesi kilidi, ornegin bir glic kesilmesi durumunda, lamlari ¢ikarmak icin manuel olarak acilabilir.

boyama unitelerinin kilidini manuel olarak agmaya kalkismadan once islem moddll gii¢ anahtarini

f E IKAZ: Lam boyama Uniteleri, ciddi yaralanmaya neden olabilecek hareketli pargalar icerir. Lam
kapatin, ana sebeke guictini kapatin ve ana sebeke gii¢ kaynagi fisini duvardan gekin.

e 12.4.1.1 BOND-III
e 12.4.7.2 BOND-MAX

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 AQ6 292

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



12 Temizlik ve Bakim (sadece BOND-IIl ve BOND-MAX)

12.4.1.1 BOND-III

IKAZ: Siringa pompa modiilii (BOND-111) agirdir ve serbest birakildiinda éne dogru diisebilir. islemi
Zﬁs sadece olasi tehlikeler konusunda uyarilmis ve yeterli egitim almig kullanicilar yapmalidir.

BOND'te bir lam boyama Unitesinin kilidini manuel olarak agmak igin:
1 Ana sebeke glcini kapatin ve gug kablosunu gikarin.

2 Sirnga moddlu kapagini tutturan dort altigen vidayl, saglanan 3 mm altigen anahtari kullanarak agin. Serbest
birakma pimlerine ve moddl tutamagina daha iyi erisim saglamak igin kapagi sokdn.

3 Siringa pompasi bir ve dort yanindaki iki serbest birakma pinini bulun.

Sekil 12-9: Unite erisim icin acik oldugunda serbest birakma pinlerinin konumu

R\ @778 dxi

—
4 Iki pini yerine oturuncaya kadar kendinize dogru ileriye gekin ve modiili alcaltin. Modiil ileri hareket ederken
siringa kafalarindaki fluidik ttplerinden herhangi birini cekmemeye veya kistirmamaya dikkat edin.

5 $Sirnga pompa modult lam boyama unitelerine erigime izin verecek kadar agilir.
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6 Lam boyama uniteleri altindaki manuel serbest birakma diigmesini bulun.

Sekil 12-10: Manuel serbest birakma diigmesi

7 Dugmeyi Sekil 12-10'de gosterilen yonde gevirin. Bunu yaparken Covertile'lar lamlar Uzerinde hareket eder ve
tlim tertibat ve tepsi yukariya hareket eder.

8 Serbest birakma digmesini direnc hissedilinceye kadar ¢evirmeye devam edin. Bu noktada lam tepsisini
uniteden ¢ikarmak mimkiin olmalidir.

9 Lamlarinizi tesisinizdeki iglemlere gore saklayin.

10 Sinnga pompasi moduliini yavasga yerine itin ve siringa kafalarindaki fluidik tplerinden herhangi birini
cekmemeye veya kistirmamaya dikkat edin.

11 Modulun her iki tarafindaki iki pinin kilitli pozisyona tiklayarak oturmalarini saglayin.

& DIKKAT: Bir galismay baslatmadan veya islem modiiliinii alismaya hazirlamadan Gnce
siringa modiiliintin (BOND-II1) tamamen kapali oldugundan emin olun. Aksi halde galisma
sirasinda siringalar zarar gorebilir.

12 Sinnga modulu kapagini yeniden takin ve dort altigen vidayi kullanarak kapadi sabitleyin.

Cihaz agilmadan once, Protokol durumu kontrol edilmelidir (bakiniz 5.2 Protokol Durumu Ekrani).

Islem modiilii, giict agildifinda niteleri galistinr, Unitelerin durumunu saptar ve bunlari kullanima hazir hale getirmek
icin gerekli tim eylemleri gergeklestirir.

Calismaya hazirladiktan sonra lam boyama tnitesi durumunun kilidi agilir ve Protokol durumu ekraninda herhangi bir
adim gosterilmez. Galismasi BOND-III Gizerinde tamamlamak mimkn olabilir veya kalan adimlari manuel olarak
bitirin.
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12.4.1.2 BOND-MAX

Lam boyama unitesinin kilidini BOND-MAX igin manuel olarak agmak Uzere asagidakileri yapin:
1 Ana sebeke glcunu kapatin ve gug kablosunu gikarin.
Bidonlarin kapisini agin ve bidonlari ¢ikarin.

Kimyasal bidon kisminin tst bolumundeki tepsiyi digari kaydirin.

N w N

Lam boyama initeleri altindaki manuel serbest birakma diigmesini (bakiniz Sekil 12-10) bulun.

5 Dugmeyi Sekil 12-10'de gosterilen yonde cevirin. Bunu yaparken Covertile'larin lamlar tzerinde hareket etmesi
gerekir ve tUm tertibat ve tepsisi yukariya hareket edecektir.

6 Serbest birakma digmesini direnc hissedilinceye kadar cevirmeye devam edin. Bu noktada lam tepsisini
uniteden ¢ikarmak mimkiin olmalidir.

7 Lamlarinizi tesisinizdeki iglemlere gore saklayin.

8 Alt ve Ust damlama tepsilerini gerekirse temizleyin ve sonra ust tepsiyi kimyasal bidon kismina tekrar
yerlestirin - tepsinin 45 derece egimli ucu aci yukari olmak lzere 0n tarafa girer.

O Bidonlari tekrar yerlestirin.

10 Kimyasal bidon kismi kapisini kapatin.

Cihaz agilmadan dnce, Protokol durumu kontrol edilmelidir (bakiniz 5.2 Protokol Durumu Ekrani).

Islem moduilii, giict acildifinda niteleri galistinir, Unitelerin durumunu saptar ve bunlari kullanima hazir hale getirmek
icin gerekli tim eylemleri gergeklestirir.

Calismaya hazirladiktan sonra lam boyama unitesi durumunun kilidi acilir ve Protokol durumu ekraninda herhangi bir
adim gaosterilmez. Calismasi BOND-MAX Uzerinde tamamlamak mimkin olabilir veya kalan adimlari manuel olarak
bitirin.
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12.5 Islem Modiiliini Tekrar Baslatin

Her islem modiilii haftada bir kapatilip tekrar baglatiimalidir. islem modiiliiniin sistemde bir otomatik tani kontrolii
yapmasina imkan verdiginden bu islem onemlidir.

Tek oturumlu BOND kontroloriin diizenli temelde kapatilip tekrar baslatiimasi gerekmez. Ancak BOND yaziliminda fark
edilir bir yavaslama varsa, kontrolori Windows Baglat MenUst araciligiyla tekrar baslatmaniz gerekebilir.

Ancak bir BOND-ADVANCE sisteminiz varsa, bakiniz 16.1 BOND-ADVANCE Sistemini Tekrar Baslatma.

Islem Modiili

Islem moddilleri igin herhangi bir galismanin yiiklenmedigini, planlanmadigini veya calisiliyor olmadigini kontrol edin ve
aletin sag tarafindaki gii¢ anahtariyla kapatin. 30 saniye bekleyip tekrar agin. Baglarken BOND fluidik sistemi igin
priming uygular ve bir dizi sistem testi yapar (bakiniz 2.2.2 Islem Modiili Calismaya Hazirlama).

Islem modiilinin glictini kapatmadan fluidik sisteminde kismi bir priming uygulayabileceginizi unutmayin (bakiniz
Fluidik Temizleme).

Fluidik Temizleme

Bakim ekranindaki Fluidik temizle diigmesi bidonlardan fluidik hatlarinda priming uygular (baslarken islem modiilii
calismaya hazirlama galismasinin bir pargasi). Fluidik iletme sisteminde hava veya tikaniklik bulundugundan
sipheleniyorsaniz bu rutini uygulayin.

1 Islem modiilinin bos oldugundan ve herhangi bir galismanin yiklenmis, planlanmis veya galisiliyor
olmadigindan emin olun.

Klinik istemcide Sistem durumu ekranini gostermek igin islem modulintn sekmesini segin.

Bakim sekmesine ve sonra Fluidik temizle dugmesine tiklayin.

N w N

Dogrulama komutunda Evet segenegine tiklayin.

5 Fluidik sisteminde priming uygulanir ve bu birkag dakika surebilir.
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12.6  Aspirasyon Probu

Aspirasyon probu, normal kullanimin bir pargasi olarak her reaktifle temas arasinda yikama blogunda otomatik olarak
temizlenir. Ancak BOND Aspirating Probe Cleaning System ile ek haftalik silme ve temizlik de yapiimalidir. Temizleme
sisteminin reaktifleri BOND igin optimize edilmistir ve BOND yazilimi yikama etkinligini maksimuma ¢ikarmak tzere
tasarlanmig bir temizleme protokolu kullanir. Prob temizlikleri ve degisiklikleri yapilmasi gerektiginde kullanicilar
BOND uyarir.

boyamayla sonugclanabilir.

é IKAZ: islem modiilii agikken ana robot kolunu hareket ettirmeyin. Robotun hizasi bozulabilir ve kotii
Robot hareket ettiriimisse: aletin guictini kapatin, 30 saniye bekleyin ve tekrar galismaya hazirlayin.

Bakiniz:

e 12.6.1 Aspirasyon Probunu Temizleme

12.6.1 Aspirasyon Probunu Temizleme

Aspirasyon probunun dis kismini, haftada bir alkolli bir mendil veya tiftiksiz bir bez tzerinde %70 alkol solisyonuyla
silin. Silme oncesinde islem moddliniu daima kapatin ve probu bikmemeye dikkat edin. Aspirasyon probuna takili
tlpu inceleyin ve tip icinde herhangi bir madde veya bikilme olmadigindan emin olun. Tip temiz olmalidir.

BOND 300 lamda bir probu BOND Aspirating Probe Cleaning System ile temizlemenizi ister (bakiniz
12.6.2 Aspirasyon Probunu Temizleme). Bir temizleme uygulandiginda veya prob basariyla degistirildiginde 3=
bu sayI otomatik olarak sifirlanir.

BONDAspirating Probe Cleaning Systems alindiginda gorintileme sistemleriyle birlikte ayni sekilde BOND ile kayit
edilmelidir (bakiniz 8.3.3 Reaktifler ve Reaktif Sistemlerinin Kaydedilmesi). Yazilim temizlik sistemi kullanimini
kaydeder ve her sistemden 15 temizlige izin verir.

Temizlik sistemlerindeki reaktiflerin etkinligini korumak igin bunlari ancak kullanilacaklari zaman
islem modillerine yikleyin. Cihaza baska herhangi bir reaktif ve reaktif sistemi yikliyken aspirasyon
probunu temizleyemezsiniz ve cihaza bir temizlik sistemi yiiklliyken lam calisma baslatmak mimkiin
degildir.
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12.6.2  Aspirasyon Probunu Temizleme

BOND Aspirating Probe Cleaning System ile aspirasyon probunu temizlemek icin asagidaki talimatlari izleyin.

Temizleme protokoliini uygulanmasi yaklasik 20 dakika strer.

T

N w0

a

BOND 7 Kullanicr El Kitabl, 49.7556.530 A06

Islem modiiliniin bos oldugundan ve herhangi bir calismanin yiiklenmis, planlanmis veya galisiliyor
olmadigindan emin olun.

Tum reaktif veya reaktif sistemi tepsilerini islem moddllerinden ¢ikarin.

Islem modiiliinde reaktif tepsisine bir BOND Aspirating Probe Cleaning System yerlestirin.

Klinik istemcide Sistem durumu ekranini gostermek igin islem modulintn sekmesini segin.

Bakim sekmesine ve sonra Aspirasyon probunu temizle digmesine tiklayin.

Komut verildiginde temizlemeyi baslatmak igin Evet segenegine tiklayin.

Temizleme protokoli islem modilu sekmesindeki temizleme simgesiyle gosterildigi sekilde baslar.
Temizlemenin bittigi bildirimine kadar bekleyin.

BOND Aspirating Probe Cleaning System'i reaktif tepsisinden ¢ikarin.

Normal kullanima devam etmek icin Temizlik tamamlandi diyalogunda Tamam segenegine tiklayin.

298

Telif hakki © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



12 Temizlik ve Bakim (sadece BOND-IIl ve BOND-MAX)

12.7 Yikama Blogu ve Karistirma Istasyonu

Karistirma istasyonu reaktifleri karistirmak igin alti kuyu igerir. Yikama bloguna bir insert olarak oturur.

Sekil 12-11: Yikama alani (1) ve karistirma istasyonu (2) yerindeyken yikama blogunun tstten goriinimi

— ] pooocE—

J

‘ IKAZ: immiinohistokimya ve in situ hibridizasyonlari kullanilan reaktiflerden bazilar tehlikelidir.
& Devam etmeden dnce yeterli glivenlik egitimi aldiginizdan emin olun.

Karistirma istasyonunu renk degisikligi ve genel durum agisindan dizenli olarak kontrol edin ve gerekirse degistirin.
Istasyonu normal bakimin bir parcasi olarak ayda bir degistirin. Gikarmadan 6nce daima tiim calismalarin
tamamlandigindan emin olun.

Karistirma istasyonundan cikarmak icin karistirma istasyonu arkasindaki sekmeyi tutun ve yukari kaldirin.

Karistirma Istasyonunu Temizleme

Karistirma istasyonu hasarli ve rengi cok dedismis olmamasi ve uygun sekilde temizlenmis olmasi sartiyla aylik
degistirme zamani gelinceye kadar tekrar kullanilabilir.

1 Temizlik gerektidinde, yeni bir DI su iginde %0,5 a/h sodyum hipoklorit soltisyonunda minimum 30 dakika
batirin.

2 Cikarin ve 10 kez yeni DI suya batirin.
3 Cikarin ve 10 kez yeni DI suya batirin.
4 30 saniye sallayin ve ¢ikarin.

5 Havayla kurutun.

Yikama Blogunu Temizleme
Yikama blogunu haftada bir tiftiksiz bir bezle temizleyin.

Q DIKKAT: Yikama blogu deliklerinin icini temizlemek icin pamuklu gubuklar kullanmayin - pamuklu
uglar cikarsa delikleri tikayabilirler.
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12.8 Cihaz Kapaklari, Kapilar ve Kapak

Islem modiilinde cihaz kapaklari, kapilar (varsa) ve kapagi haftada bir toz bezi veya bezle temizleyin.

Herhangi bir temizlik ajani kullanmayin, gerekirse kir birikmesini onlemek zere cihaz kapaklari, kapilar ve kapagin
tozunu almak igin tiftiksiz bir bezi nemlendirmek tizere su kullanin.

Cihaz kapaklari, kapilar veya kapaklarin herhangi biri deforme veya hasarli hale gelirse, degisim igin musteri
hizmetleriyle irtibat kurun.

12.9 Kimlik Goruntuleyici

Lamlarin uygun sekilde tanimlanmasini saglamak igin ana robot kolunda kimlik goriintileyici penceresinin temiz
tutulmasi gerekir. Her hafta veya gorintileyici siklikla kimliklerin gortntisini uygun sekilde alamiyorsa pencereyi
%70 alkol solisyonuyla nemlendirilmis tiftiksiz bir bezle temizleyin.

Sekil 12-12: Kimlik goruntleyici
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12.10 Damlama Tepsileri

Damlama tepsilerini ayda bir veya dokilmus reaktif veya belirgin atik varsa daha sik temizleyin. Tepsiler lizerinde asiri
dokilme veya tuz birikimi bulgular varsa musteri hizmetleriile irtibat kurun.

e 12.10.1 BOND-IIl Bidon Damlama Tepsileri
e 12.10.2 BOND-IIl Cihaz Damlama Tepsisi
e 12.10.3 BOND-MAX Bidon Damlama Tepsisi

12.10.17 BOND-III Bidon Damlama Tepsileri

BOND-IIl cihazin Ust ve alt seviyelerinde bidonlarin altinda bulunan iki bidon damlama tepsisine sahiptir.
BOND-III bidon damlama tepsilerini temizlemek igin asagidaki islemi uygulayin:
1 Biriglem modilinin ¢alismadigindan emin olun.

2 Tum bidonlari gikarin.
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3 Her bidonun agirlik sensorlerini koruyan siyah kapaklarini gikarin (bakiniz Sekil 12-13). Her kapagi %70 alkol
soliisyonuyla nemlendirilmis bir bez veya gazli bezle silin.

Sekil 12-13: BOND-IIl bidon damlama tepsileri agirlik sensori kapaklarini gosteriyor

LLTEEL LT T iR BEEdOUR Y AFaEEMIan LLLLLELLLLS

0000000

4 Damlama tepsilerini %70 alkol solusyonuyla silin. Agiktaki metal agirlik sensorleriyle temastan kaginin.
5 Damlama tepsilerini kagit havluyla kurutun.

6 Tum bidonlari silin ve dogru yerlerine tekrar koyun.
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12.10.2 BOND-III Cihaz Damlama Tepsisi

BOND-IIl cihazin altinda bulunan tigiincii bir damlama tepsisine sahiptir (agsadida Sekil 12-14'de gosterilmistir).

Sekil 12-14: BOND-Ill cihaz damlama tepsisi

Cihaz damlama tepsisine erismek igin asagidaki islemi uygulayin:

1 Cihazin altinda damlama tepsisini bulun (bakiniz Sekil 12-14) ve tepsiyi disari dogru gekin. Tepsinin agirhgini
desteklemek ve sivinin dokilmesini onlemek igin iki elinizi kullanin.

2 Tepsiigerigini bosaltin ve atigi kurumunuzdaki onayli islemlerle uyumlu olarak atin.

‘ Tepsi, akitmaya yardimci olmak ve dokilmeyi énlemek igin arka kosesinde bir kanala sahiptir.

3 Tepsiyi %70 alkol solisyonuyla yikayin ve sonra dogru yerine geri koyun.
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12.10.3 BOND-MAX Bidon Damlama Tepsisi

BOND-MAX iginde kimyasal bidon kisminda bidonlarin altinda tek bir damlama tepsisi vardir.
Bidon damlama tepsisine erigsmek icin agagidaki islemi uygulayin:
1 Islem modiilinin galigmadigindan emin olun ve tim bidonlari gikarin.
2 Damlama tepsisini gikarin ve %70 alkol sollisyonuyla nemlendirilmis bir bez veya gazli bezle silin.

3 Damlama tepsisini kagit havluyla kurutun ve dogru yerlerine geri koyun (kivrimli kenar aletin oniinde olacak
sekilde)

4 Tum bidonlari silin ve dogru yerlerine tekrar koyun.

12.171 Lam Tepsileri

Lam tepsilerini ayda bir ilik sabunlu suyla yikayip akan suyla durulayarak temizleyin. Kullanmadan once daima lam
tepsilerinin kuru oldugundan emin olun. Deforme veya hasarli tepsileri degistirin.

12.12 Kimyasal Sivi Robot Problari (sadece BOND-III)

Her kimyasal sivi robotundaki probda alkolli bir mendil veya yumusak bezli %70 alkol sollisyonuyla ayda bir temizlik
gerekir.

Temizlerken problari bozulma agisindan inceleyin ve gerekirse degistirin.

e 12.12.1 Kimyasal Sivi Robot Problarini Temizleme

12.12.1 Kimyasal Sivi Robot Problarini Temizleme

Kimyasal sivi robotu problarini, problari bikmemeye dikkat ederek ayda bir temizleyin.

boyama Uniteleri boyunca hareket eder. islemi sadece olasi tehlikeler konusunda uyariimig ve yeterli

f E IKAZ: Kimyasal sivi robotlari, kullanicinin temizlemek igin erismesini mimkiin kilmak iizere lam
egitim almis kullanicilar yapmalidir.

1 Islem modiiliiniin bos oldugundan ve herhangi bir galismanin yiiklenmis, planlanmis veya galisiliyor
olmadigindan emin olun.

2 Klinik istemcide Sistem durumu ekranini gostermek icin islem modiiliiniin sekmesini segin.

3 Bakim sekmesine ve sonra Kimyasal sivi robot problarini temizle digmesine tiklayin.

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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4 Kimyasal sivi robotu problarini temizle diyalogundaki tum talimatlari dikkatle okuyun, tim lam tepsilerini
kilitleyin ve devam etmek icin Evet segenegine basin.

Sekil 12-15: Ug kimyasal sivi robotu probunu %70 alkol soliisyonuyla silin (prob gésterilmektedir)

Aciklama

1 Prob tip konektord
2 Prob

5 Ug kimyasal sivi robotun hepsi cihazin 6niine hareket ettiginde cihazi kapatin.
6 Problar alkolli mendil veya yumusak bez iizerinde %70 alkol sollisyonuyla hafifce temizleyin.
Problarin hizasini bozmamak icin ok dikkatli olun.

7 Diyalog kutusunda basariyla temizlediginiz kimyasal sivi robotunu/robotlarini segin ve Yapildi segenegine
tiklayin. Veya temizleme yapmadiysaniz Higbiri temizlenmedi digmesine tiklayin.

8 lIslem modiiliinii yeniden baslatin. Baslatma sirasinda kimyasal sivi robotlari cihazin arkasindaki ana
pozisyonlarina donecektir.

12.13 Sinngalar

BOND sizi siringayl (BOND-MAX) veya siringalari (BOND-III), daha once gergeklesen gegerli olmak iizere her
altr ayda bir ya da 7800 lam islendiginde degistirmek igin bilgilendirir (bakiniz 5.1.2 Donanim Durumu). =

-
Ozellikle sinnganin st ve pistonun altindaki kisim olmak iizere, alismaya hazirlama sirasinda veya fluidik
temizleme islemini yaparken haftada bir sizintilar agisindan siringalari gérsel olarak kontrol edin (bakiniz 12.5 Islem
Moduliint Tekrar Baslatin). Ayrica takili tiip ve konektorleri kontrol edin. Herhangi bir sizinti varsa degistirin.

Bir Leica Biosystems saha servis mihendisinin siringayi/siringalari degistirmesini tercih ederseniz, litfen musteri
hizmetleriile irtibat kurun. Aksi takdirde, asagida tanimlanan sekilde siringayi/siringalari degistirebilirsiniz

‘ ‘é IKAZ: Daima koruyucu giysiler ve eldivenler kullanin.
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e 12.13.1 BOND-IIl Siringalarini Degistirme
e 12.13.2 BOND-MAX 9-Portlu Siringanin Degistiriimesi

12.13.1 BOND-III Siringalarini Degistirme

Tek bir hatali siringayi degistirmeden kisa bir siire sonra degistirmiyorsaniz, tim siringalari ayni anda degistirin.

1

A~ W N

10
11
12
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Islem modiiliniin bos (herhangi bir calisma yiiklenmemis veya planlanmamis) oldugundan emin olun.
Klinik istemcide Sistem durumu ekranini géstermek icin islem moddliiniin sekmesini segin.

Bakim sekmesine ve sonra Siringay! degistir dugmesine tiklayin.

Talimatlari okuyun ve Evet secenegine tiklayin.

Islem moddili tim sirngalardan siviyr cikarir ve bunlari degistirme pozisyonuna koyar (bu 10 dakikaya kadar
s\,

siirebilir). islem moddltnin - siringalari ayirmasini bekleyin ve sonra kapatin. Kontrolori (veya
BOND-ADVANCE 'de terminal) kapatmayin.

& DIKKAT: Devam etmeden 6nce islem modiiltintin kapali oldugundan emin olun.

Siringa modulu kapagini tutturan dort altigen vidayl, saglanan 3 mm altigen anahtari kullanarak agin. Cihaz
kapagini ¢ikarin.

Her siringa icin siringa klempi kelebek vidasini gevsetin ve klempi algaltin.
Pistonun alt kismindaki piston kilit vidasini cikarmak igin saglanan 2,5 mm altigen anahtari kullanin.

Sekil 12-16: Piston kilit vidasini altigen anahtarla agma

e

Bazi modellerde altigen vida yerine kelebek vida vardir.

Siringa haznesini valften gevirerek ¢ikarin. Siringa ve klempi aletten cikarin.
Klemp icinden yeni bir siringa yerlestirin.

Siringa ve klempi cihaza takin - siringay valf igine vidalayin.

Piston kilidi vidasini tekrar koyup sikin.

Klempi siringanin Ustine kaldirin ve kelebek vidayi sikin.
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13
14

15
16

17

Siringa moduilt kapagini yeniden takin ve dort altigen viday! kullanarak kapagi sabitleyin.

Diyalog kutusunda basariyla degistirdiginiz siringayi/siringalari segin ve sonra Yapildi segenegine tiklayin. Veya
herhangi birini basariyla degistirmediyseniz Higbiri degistiriimedi dugmesine tiklayin.

Islem moddiliin yeniden baslatin.

Islem modiili galismaya hazirlanirken, Gzellikle siringalarin Gstlerinde ve pistonlarin altlarindaki kisimda
sizintilar agisindan kontrol yapin. Herhangi bir sizintlyl misteri hizmetlerine bildirin.

Yeni siringalarin dogru kurulup kurulmadigini kontrol etmek igin, dogru boyamanin elde edildigini dogrulamak
amaclyla test dokulari veya kontrol dokulariyla galisma yapin.

12.13.2 BOND-MAX 9-Portlu Siringanin Degistirilmesi

1

N w N

7
8
9
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Islem modiilinin bos (herhangi bir galisma yiiklenmemis veya planlanmamis) oldugundan emin olun.
Klinik istemcide Sistem durumu ekranini gostermek igin islem modulintn sekmesini segin.
Bakim sekmesine ve sonra Siringayi degistir digmesine tiklayin.

Talimatlari okuyun ve Evet secenegine tiklayin.

sy
Islem moddili sirngadan siviyr cikarir ve bunlari degistirme pozisyonuna koyar. Islem modiiliinin L
siringalari ayirmasini bekleyin ve sonra kapatin. Kontrolorii (veya BOND-ADVANCE'de terminal) kapatmayin.

A DIKKAT: Devam etmeden 6nce islem modiiltintin kapali oldugundan emin olun.

Siringa klempi kelebek vidasini gevsetin ve klempi algaltin.
Pistonun alt kismindaki piston kilit vidasini gikarmak igin bir altigen anahtari kullanin.

Sekil 12-17: Piston kilit vidasini altigen anahtarla agma
B

J

|

R

Bazi modellerde altigen anahtar yerine kelebek vida vardir.

Siringa haznesini valften gevirerek ¢ikarin. Siringa ve klempi aletten cikarin.
Klemp icinden yeni bir siringa yerlestirin.

Siringa ve klempi cihaza takin - siringay valf igine vidalayin.
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10 Piston kilidi vidasini tekrar koyup sikin.

11 Klempi siringanin Ustine kaldirin ve kelebek vidayi sikin.

12 Diyalog kutusunda, siringay basariyla degistirdiginizi dogrulamak igin Evet segenegine tiklayin.
13 Iglem modiiliini yeniden baslatin.

14 Islem modiilii caligmaya hazirlanirken, 6zellikle sinnganin tstiinde ve pistonun altindaki kisimda sizintilar
acisindan kontrol yapin. Herhangi bir sizintly misteri hizmetlerine bildirin.

15 Yeni siringalarin dogru kurulup kurulmadigini kontrol etmek igin, dogru boyamanin elde edildigini dogrulamak
amaclyla test dokulari veya kontrol dokulariyla ¢alisma yapin

12.14 Guc Kaynadi Sigortalari

Eski BOND-IIl ve BOND-MAX islem Modiillerinde iki ana sebeke sigortasi ve iki isitici besleme sigortasi bulunur.
Alternatif BOND-III ve BOND-MAX islem Modiillerinde sadece iki sebeke sigortasi bulunur. Sigorta degerleri, sebeke
glic kaynagina gore dedisir. Sigortalar arka kapak iginde bulunur (bakiniz 2.2.13 Arka Kapak).

Eski BOND-IIl asagidaki sigortalari kullanir:

Sigorta Aciklama 100-240 VAC Besleme
F1 Isitict Glcu Besleme 3AG T8A 250V UL
F2  Sistem Gucu Besleme 3AG T8A 250V UL
F3  AC Ana Sebeke (N&tr) 3AG T15A 250V UL
F4  AC Ana Sebeke (Aktif) 3AG T15A 250V UL

Alternatif BOND-IIl asagidaki sigortalari kullanir:

mm 100-240 VAC Besleme

AC Ana Sebeke (Ngtr) 3AG T15A 250V UL
F4  AC Ana Sebeke (Aktif) 3AG T15A 250V UL

Eski BOND-MAX islem Modiilleri asagidaki sigortalari kullanir:

mm 100-240 VAC Besleme

AC Ana Sebeke (Aktif) 3AG T15A 250V UL
F2  AC Ana Sebeke (Notr) 3AG T15A 250V UL
F3 24 Vlsitici Besleme 3AG T8A 250V UL
F4 24 VDC Gug Besleme 3AG T8A 250V UL
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Alternatif BOND-MAX Islem Modiilleri asagidaki sigortalari kullanir:

mm 100-240 VAC Besleme

AC Ana Sebeke (Aktif) 3AG T15A 250V UL
AC Ana Sebeke (Notr) 3AG T15A 250V UL

| CE IKAZ: Sigortalara kisa devre veya bypass yaptirmayin.

Sigortalari degistirmeden dnce islem modiiliini kapatin ve gui¢ kablosunu ¢ikarin.

Sigortalari sadece standart parcalarla degistirin ve sigortalar tekrarli bir sekilde atarsa musteri
hizmetleri ile irtibat kurun.

Sigortalari degistirmek igin asagidakileri yapin:
1 Islem modiilini kapatin.

Ana sebeke guc kaynagini kapatin ve ana sebeke guc kaynagini duvar soketinden ayirin.

Sigorta kapagini gevirerek ¢ikarin.

A~ W N

Sigorta kapagini gekerek gikarin ve sigortayi degistirin. Dogru spesifikasyonlara sahip bir sigortayla
degistirdiginizden emin olun.

5 Sigorta kapaginiigeri itin ve sigortayi yerine kilittlemek i¢in saat yontnde dondurin. Fazla sikmayin.
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13.17 El'Kontrollu Barkod Tarayicilar

13.1.1  Honeywell Barkod Tarayici
Bu talimatlar yalnizca daha yeni Honeywell barkod tarayici igin gecerlidir. Zebra DS2208 barkod
tarayiciniz varsa liitfen bkz. 13.1.2 Zebra Barkod Tarayicl.
El kontrolli tarayicinizi haftada bir temizleyin:
» Herhangi bir agindirici materyalin pencereye temas etmesine izin vermeyin
» Pencereye dogrudan su veya baska temizlik sivisi puskurtmeyin.
Tarayiclyl asagidaki sekilde temizleyin:
« ik olarak tarayiciyr kontroldr veya terminalden ayirin.

e Kir pargalarini suyla nemlendirilmis, tiftiksiz bir bezle giderin.

 Pencereyi %70 alkol soltisyonuyla nemlendirilmis tiftiksiz bir bezle temizleyin.

El kontrollt barkod tarayici dogru galismiyorsa, servis organizasyonunuz tekrar calismaya hazirlanmasini isteyebilir.
Ayrica tarayici Uzerindeki bipleyici ses yuksekligini ayarlayabilirsiniz.

13.1.1.1 Honeywell Barkod Tarayicinin Konfigure Edilmesi

Bir Honeywell barkod tarayiciyi (USB) tekrar ¢alismaya hazirlamak igin bu sayfay yiiksek kalitede basin ve barkodlari
asagidaki sirayla tarayin:

Sekil 13-1: Tarayici konfiglirasyonu igin barkodlar

Tarama 1: Musteri Varsayilanlarini Gikar
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Tarama 2: Varsayilanlari Etkinlestir

Tarama 3: Honeywell Tarayici Konfigirasyonu

13.1.1.2 Bipleyici Ses Yuksekligini Ayarlama

Bir Honeywell barkod tarayici igin bipleyici ses ylksekligini ayarlamak zere bu sayfay yiksek kalitede basin ve
asagida istenen seviyeye karsilik gelen barkodu tarayin.

Sekil 13-2: Honeywell tarayicrigin bipleyici ses yuksekligi barkodlari

Dusuk ses yuksekligi

Orta ses yuksekligi

Yiksek ses yuksekligi
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Bipleyici kapali

13.1.1.3 Ellerin Serbest Oldugu Kullanimi Konfigtre Etme

Tarayicl standina yerlestirildiginde normalde ellerin serbest oldugu kullanima geger ve bir barkod okurken tetikleyiciye
basmaniza gerek yoktur.

Bir Honeywell barkod tarayici icin ellerin serbest oldugu kullanimi ON (Acik) veya OFF (Kapali) konumuna getirmek
Uzere bu sayfay yuksek kalitede basin ve asagida istenen isleve karsilik gelen barkodu tarayin.

Sekil 13-3: Honeywell tarayiciigin ellerin serbest oldugu kullanimda barkodlar

Ellerin serbest oldugu kullanim ON (Agik)

Ellerin serbest oldugu kullanim OFF (Kapali)
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13.1.2 Zebra Barkod Tarayicl

‘ Bu talimatlar yalnizca daha yeni Zebra barkod tarayici icin gegerlidir. Honeywell barkod tarayiciniz
varsa lutfen bkz. 13.1.1 Honeywell Barkod Tarayici.
El kontrollii tarayicinizi haftada bir temizleyin:
» Herhangi bir agindirici materyalin pencereye temas etmesine izin vermeyin
» Pencereye dogrudan su veya baska temizlik sivisi puskirtmeyin.
Tarayiclyl asagidaki sekilde temizleyin:
« ik olarak tarayiciyr kontroldr veya terminalden ayirin.

* Kir pargalarini suyla nemlendirilmis, tiftiksiz bir bezle giderin.

 Pencereyi %70 alkol sollisyonuyla nemlendirilmis tiftiksiz bir bezle temizleyin.

El kontrollt barkod tarayici dogru galismiyorsa, servis organizasyonunuz tekrar calismaya hazirlanmasini isteyebilir.
Ayrica tarayici Uzerindeki bipleyici ses yuksekligini ayarlayabilirsiniz.
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13.1.2.1 Zebra Barkod Tarayicinin Konfigire Edilmesi

Bir Zebra barkod tarayiclyr (USB) tekrar galismaya hazirlamak icin bu sayfayi yiiksek kalitede basin ve asagidaki
barkodlarin her birini sirasiyla tarayin.

Sekil 13-4: Zebra tarama konfiglirasyonu igin barkod tarama sirasi

Tarama 1: Varsayilanlari ayarlar

Tarama 2: Code 128 etkinlestirir

Tarama 3: Tarama Segenekleri

Tarama 4: <DATA> <SUFFIX>

Tarama 5: Gir

Tarama 6: Caps Lock tusunu gegersiz kil (Etkinlestir)
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13.1.2.2 Bipleyici Ses Yuksekligini Ayarlama

Bir Zebra barkod tarayici icin bipleyici ses yuksekligini ayarlamak lzere bu sayfayi yiiksek kalitede basin ve asagida
istenen seviyeye karsilik gelen barkodu tarayin.

Sekil 13-5: Zebra tarayici igin bipleyici ses yiiksekligi barkodlari

Dusuk ses yuksekligi

Orta ses yuksekligi
Yiksek ses yiksekligi

13.1.2.3 Ellerin Serbest Oldugu Kullanimi Konfigtre Etme

Tarayici standina yerlestirildiginde normalde ellerin serbest oldugu kullanima geger ve bir barkod okurken tetikleyiciye
basmaniza gerek yoktur.

Bir Zebra barkod tarayici igin ellerin serbest oldugu kullanimi ON (Agik) veya OFF (Kapali) konumuna getirmek tizere
bu sayfayi yuksek kalitede basin ve asagida istenen isleve karsilik gelen barkodu tarayin.

Sekil 13-6: Zebra tarayiciicin ellerin serbest oldugu kullanimda barkodlar

Ellerin serbest oldugu kullanim ON (Agik)

Ellerin serbest oldugu kullanim OFF (Kapalr)
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13.2 Lam Etiketleyici

Lam etiketleyici ile kilavuzlar saglanmistir. Etiketleri ve yazdirma seridini temizleme ve yikleme talimatlari igin bunlara
basvurun. Ayda bir temizleyin.
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Bu bolimde BOND sisteminde doku boyamanin bilimi ve klinik konularinin genel bir agiklamasi vardir.

Her Leica Biosystems Uriinle birlikte tam kullanim talimati saglanmistir. Numune hazirlama, kalite kontrol ve test
yorumlama hakkinda reaktife 6zgu bilgiler igin ilk once bu talimatlara bagvurun. BOND sistemindeki bu streclerin
genel kilavuzu asagida tanimlanmistir.

* 141 islemin Prensibi
e 14.2 Numune Hazirlama

14.3 Kalite Kontrol

14.4 Boyamanin Yorumlanmasi

14.5 Genel Sinirlamalar

14.6 Referanslar

14.1 Islemin Prensibi

Bu boliimde IHK ve iSH'ye genel giris bulunmaktadir. Ayrica BOND goriintiileme sistemleri tanimlanmaktadir.

Immiinohistokimya (IHK)

Immiinohistokimyasal teknikler en az 50 yildir hiicrelere veya dokuda belirli antijenleri saptamak igin kullaniimislardir.
ilk bildirilen yontem 1941" yilinda floresan etiketler kullanmistir. Daha sonra peroksidaz gibi enzimler kullaniimaya
baslanmistir”. Giiniimiizde immiinohistokimya rutin H ve E parafin boyalarla birlikte hiicre tanimayr kolaylastirmak
icin kullanilir ve normal ve anormal hiicrelerin taninmasina yardimer olur. immiinohistokimyasal yontemler, cerrahi

patolojide klasik yontemler tek basina kesin bir tani veremediginde “bakim standardi” haline gelmistir **. Ancak
yaygin kullanima ragmen halen tekrar tekrarlanabilirlik’ hakkinda bazi sakincalar vardir.

Otomatik BOND sistemi reaktifleri immiinohistokimyasal tekniklerle doku kesitlerinde antijenleri gosterir. Ozet olarak
spesifik bir primer antikor bir kesite baglanir ve sonra BOND goriintiileme sistemi reaktifleri kompleksi gosterir.

Bir diagnostik “isaretleyici’, bir doku numunesinde bir spesifik antijen veya DNA/RNA baglanma
bélgesini tespit etmek icin kullanilan bir reaktiftir. Bu isaretli IHC'deki primer antikor veya ISH'deki
probdur (asagiya bakiniz).
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In Situ Hibridizasyon (ISH)

Molekiiler biyolojik teknikler hastaliklari anlamamizi biyik dlgiide gelistirmistir. In situ hibridizasyon molekiiler biyoloji
ve histolojiyi kombine ederek DNA veya RNA'nin hiicresel baglaminda gortintiilenmesini mimkin kilar. Nikleik asit
gorlntileme 1969" yilinda basladigindan beri, in situ hibridizasyon protokollerindeki gelismeler bunu klinik patoloji ve
arastirma igin giderek daha degerli bir arag haline getirmistir.

In situ hibridizasyon DNA veya RNA icindeki niikleotid bazlarinin tamamlayici baglanmasini kullanir. Etiketli bir niikleik
asit probu spesifik olarak fikse edilmis doku veya hiicre numunesinde tamamlayici dizisine baglanir. Bu prob etikete
karsi antikor uygulanmasi ve sonra BOND polimer saptama reaktifleriyle goriintilenir. BOND otomatik sistemi ve
reaktifleri zor bir manuel teknik igin glvenilir ve etkin bir alternatif sunar.

14.1.7  BOND goruntuleme sistemleri

Leica Biosystems ozellikle BOND igin gelistirilmis bir dizi gortinttleme sistemi saglar. Bunlar iginde en dnemlisi
streptavidin ve biotin kullanmadan keskin netlikle birlikte yiiksek yogunlukta boyanma saglayan BOND Polymer Refine
Detection™ sistemi vardir.

Mevcut BOND gorintileme sistemleri agsagidaki kisimlarda liste halinde verilmistir.

e 14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection
e 14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection

BOND-PRIME isleme Modiilii, bu goriinttileme sisteminin farkli bir stirimind kullanir. ikili reaktif
sistemi tepsisinde saglanir ve Hematoxylin reaktif kabi ayri bir yardimei reaktif maddedir. Daha fazla

bilgi i¢in ayri BOND-PRIME kullanici el kitabina bakin.

BOND polimer DAB-tabanli sistem, BOND Polymer Refine Detection hedef antijene antikor baglanmasinin veya niikleik
asite prob baglanmasinin keskin bir sekilde gosterilmesiyle yiksek yogunlukta boyanma saglar. Sistem streptavidin
ve biotin kullanmaz ve boylece endojen biotin nedeniyle nonspesifik boyanmayi ortadan kaldirir. Endojen biotin
gastrointestinal kanal, bobrek, karaciger ve meme karsinomu gibi bazi dokularda bulunur. BOND polimer gorintileme
sistemlerinin etiketli streptavidin-biotin sistemlerinden daha yiiksek duyarliligi vardir ve boylece daha diisiik antikor
konsantrasyonlari ve daha hizli sonug alma saglanir.

Her adimda BOND sistemi kesitleri kesin bir sure inkiibe eder ve sonra baglanmamis materyali gidermek Uzere
kesitleri yikar. inkiibasyon, yikama ve sonuglarin yorumlanmasini iceren protokol adimlari, BOND Polymer Refine
Detection kullanim talimatlarinda agiklandidi sekilde gergeklestirilir. Sonuglar bir optik 151k mikroskobu kullanilarak
yorumlanir ve belirli bir antijenle iligkili olabilecek veya olmayabilecek patolojik streclerin ayirici tanisina yardimei olur.

Daha gucli yogunluk isteniyorsa tim BOND polimer gorintileme sistemleriigin su secenekler kullanilabilir:

* Primer antikor veya prob ve/veya goruntileme sistemi bilesenleri igin inktibasyon surelerini arttirin.
« Bir BOND DAB Gelistirici adimi kullanin.

« Sadece IHK igin, primer antikor konsantrasyonlarini arttirin.
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‘ Bu iig segenek Bond Oracle™ HER2 iHK Sistemi igin mevcut degildir.

BOND Oracle HER? IHK Sistemi, hedef proteinin varlijini ve dolayisiyla hedeflenen tedaviyle aritmanin uygunlugunu
belirlemek icin eksiksiz bir sistemdir. Bu test, tanisal sonug igin tam kalite glivencesi saglamak tizere kullanima hazir
antikor, saptama reaktifleri, kontrol reaktifleri ve kontrol lamlari ile toplam, optimize edilmis bir sistem olarak saglanir.
Test, IHC metodolojisine dayanmaktadir. Sistemle birlikte eksiksiz bir kullanim talimati sunulmaktadir. Caligmalari
ayarlamak igin bu talimatlari kullanin. HER2 IHC testinin dogasi geregi, miktar tayinini gegersiz kilmamak igin bu
talimatlara tam olarak uyulmasi son derece énemlidir.

14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection
BOND-PRIME isleme Modiilii, bu goriinttileme sisteminin farkli bir stirimind kullanir. ikili reaktif
sistemi tepsisinde sunulur. Daha fazla bilgi igin ayrt BOND-PRIME kullanici el kitabina bakin.

BOND Polymer Refine Red Detection™ yukarida tanimlanan DAB tabanli polimer goriintiileme sistemleriyle ayni
avantajlari vardir ancak gortintileme icin DAB yerine Fast Red kromojen kullanilir. Sistem doku pigmentlerinin DAB ile
karistirnlabilecegi cilt gibi dokularda kullanima uygundur.

BOND Polymer Refine Red Detection sistemi yiiksek dlglide duyarli ve hematoksilen karsi boyama (mavilestirme dahil)
ve parlak fusya kirmizisi renginde immtin boyama saglayan, alkalen fosfataza konjige bir Compact Polymer™
sistemidir.

Fast Red kromojen normal laboratuvar kosullarinda kimyasal olarak stabil degildir. Kromojen
etkinligini strdirmek tizere BOND Polymer Refine Red Detection igin kullanici kilavuzunu dikkatli
sekilde uygulayin. Sistemdeki herhangi bir bozulmanin hizla saptanmasi igin daima hasta dokusuyla
ayni lama kontrol dokusu yerlestirin.

‘ Leica CV Ultra Mounting Media BOND Polymer Refine Red Detection sistemiyle kullaniimak tizere
onerilir. Baska monte ediciler baslangicta elde edilen boyama yogunlugunu korumayabilir.
BOND Polymer Red Detection sistemi igin adimlar soyledir:
1 Spesifik primer antikorun uygulanmasi.
2 Bir post primer reaktifle inkiibasyon.
3 Polimerik alkalen fosfataz (AP) tersiyer antikor konjugatlari igeren polimer reaktifiyle inkiibasyon.
4 Kompleksin bir kirmizi presipitat yoluyla substrat kromojeni Fast Red ile gorintilenmesi.
5 Hucre gekirdeklerinin saptanmasi igin hematoksilen ile karsI boyama.

Inkiibasyon, yikama ve sonuglarin yorumlanmasi BOND Polymer Detection (DAB) igin tanimlandigji sekilde yapilir.
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14.2 Numune Hazirlama

Bu bolim boyama igin dokunun hazirlanmasini agiklar.
e 14.2.1 Gerekli Materyal
e 14.2.2 Doku Hazirlama
» 14.2.3 Deparafinizasyon ve Isitma

e 14.2.4 Epitop Geri AIma

14.2.1  Gerekli Materyal

BOND sistemi kullanilarak immunohistokimyasal ve in situ hibridizasyon boyama igin su materyal gereklidir.

14.2.1.1 Sik Kullanilan Materyaller

o Fiksatif — %10 Notr tamponlu formalin onerilir

« Parafin

 Doku isleyici ve ggmme merkezi

« Pozitif ve negatif doku kontrolleri (bakiniz 14.3 Kalite Kontrol)

e Mikrotom

 Kurutma firni

» Kapatma vasati, regine tabanli veya akoz tabanli

« Yiiklu mikroskop lamlari (6rn. Leica BOND Plus Lamlari)

» BOND Slide Labels and Printer Ribbon

o Lameller

« BOND Evrensel Covertile'lar veya BOND-PRIME ARC Covertiles (BOND-PRIME ARC Covertile'lar)
« BOND-PRIME Suction Cups (BOND-PRIME Emme Dirsekleri)

« BOND-PRIME Mixing Well Plate (BOND-PRIME Karistirma Kuyusu Plakasi)
» Uygun BOND veya BOND-PRIME reaktif sistemi

« BOND Enzim On Islem Kiti

» BOND Dewax Solution veya BOND-PRIME Dewax Solution

 Wash solution (BOND Wash Solution 10X Concentrate’den hazirlanir) veya BOND-PRIME Wash Solution
Concentrate

¢ Deiyonize su
o Alkol (reaktif sinif*)
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* Reaktif sinirt alkol igeridi: Etanol, %90 veya istiinde (a/a); izopropanol, en fazla %5 (a/a); Metanol,
en fazla %5 (a/a).

‘ . BOND-PRIME islem Modiilii icin ayri BOND-PRIME kullanici el kitabina bakin,

14.2.1.2 IHK Materyali

Yukarida liste halinde verilen materyal disinda IHK testleri igin sunlar gereklidir:
« Primer antikorlara spesifik negatif kontrol reaktifleri (bakiniz 14.3 Kalite Kontrol)
» BOND veya BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
» BOND veya BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2

e 7 mL veya 30 mL BOND open container'larinda BOND Primary Antibody Diluent ile seyreltilmis primer antikorlar
veya BOND kullanima hazir primer antikorlari

» Kapatma vasati, recgine tabanli veya akoz tabanli

« Titration Kit, istede bagli (bakiniz 14.2.1.4 Titration Kit )

14.2.1.3 ISH igin Materyal

Yukarida liste halinde verilen ortak materyal disinda ISH testleri icin sunlar gereklidir:
e [SH problari
* Anti floresein antikor

« [SH'ye spesifik pozitif ve negatif kontrol problari (bakiniz 14.3 Kalite Kontrol)

14.2.1.4 Titration Kit

BOND Titration Kit 10 bos konteynir ve 50 insertten (6 mL) olusur ve BOND sistemi igin primer antikorlarin
konsantrasyonunu optimize ederken kullanilir. Her primer antikor konsantrasyonunun daha kiiglik hacimleri hazirlanip
insertlere yerlestirilebilir. Her konteynir toplam 40 mL reaktif igin kullanilabilir.

Konsantre antikorlarin titrasyonu seri iki kat diliisyonlarla elde edilebilir. Asagidaki yontem tek bir 150 pL tek
damlatma igin seri dilisyonlarin nasil hazirlanacagini tanimlar.

1 Ug inserti her antikor igin uygun diliisyonlarla etiketleyin.
2 Ik 700 uL'lik insertte baslangig diliisyonu olugturun.
3 BOND Primary Antibody Diluent'ten 350 yL miktarini insert 2 ve 3'e damlatin.

~

Baslangig dillisyonundan 350 pL miktarini insert 2'ye aktarip hafifge karistirin.
5 Insert 2'den, 350 pL miktarini insert 3'e aktarip hafifge kanstirin.
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14.2.2 Doku Hazirlama

BOND sistemi kullanilarak immunohistokimyasal ve in situ hibridizasyon boyama igin doku hazirlama amaciyla %10
notr tamponlu formalinden doku hacminin 15 - 20 katini dneririz. Fiksasyon oda sicakliginda (15-25 °C) yapilabilir.

HER? testi icin Amerikan Klinik Onkoloji Dernegi/Amerikan Patoloji Derneginin doku hazirlama onerilerine ' bakiniz
veya yerel kilavuz ve diizenlemelere bagvurun.

Doku kesmeyi kolaylastirmak ve mikrotom bigaklarinin hasar gormesini onlemek igin ossetz dokulari doku ¢alisma
6ncesinde dekalsifiye edin "'

1988 tarihli ABD Klinik Laboratuvar Gelistirme Yasasi (CLIA) 42 CFR 493.1259(b) maddesine “Laboratuvar, boyanmis
lamlari inceleme tarihinden sonra en az on yil tutmali ve numune bloklarini inceleme tarihinden sonra en az iki yil
tutmalidir’"” ifadesini kullanir. Kendi kurumunuzdaki gereklilikler icin yerel diizenlemelere bagvurun.

3-5 pm kalinli§inda kesitleri kesip yiikli cam lamlara koyun (bazi belirli doku tipleri farkli kesit kalinliklari
gerektirebilir). Dokuyu kurutmak igin iyi drenaj yapilimis lamlari 60 °C (+5 °C) firina 10-30 dakika koyun veya gece
boyunca 37°C'de birakin. Lamlar ayrica BOND-III ve BOND-MAX islem modiillerinde isitilabilir. Lamlar 'da isitilmadan
once havayla iyice kurutulmus olmalidir. Numune hazirlama konusunda daha fazla detay igin referans 13, 14 ve 15'e
bakiniz.

Lam etiketlerinin numune ve kontrol lamlarina 4 Hizli Baslangic bolimunde belirlendigi sekilde tutturun.
Deparafinizasyon, rehidratasyon ve epitop geri alma islemleri BOND sisteminde tamamen otomatiktir.

14.2.3 Deparafinizasyon ve Isitma

Immiinohistokimya igin parafine gomiilii doku kesitlerinde once parafin giderilmeli ve kesit rehidratasyonu
yapiimalidir. Parafin, BOND veya BOND-PRIME Dewax Solution kullanilarak giderilir ve kesitler, hidrasyon sonrasi
yeniden normal sivi seviyesine ulastirilir. BOND sisteminde bu siireci otomatik hale getiren Deparafinizasyon
protokolleri vardir.

Deparafinizasyon oncesinde, BOND-IIl ve BOND-MAX islem Modiilleri ayrica lama tutunmasini arttirmak amaciyla
dokuyu isitabilir. BOND Isitma ve Deparafinizasyon protokolleri hem 1sitma hem de deparafinizasyon siireclerini
otomatik hale getirir.

Isitma ve deparafinizasyon icin bir isleme modiiliine yerlestiriimeden once igindeki suyu ¢ikarmak
igin dokunun havayla kurutulmasi gerektigini litfen unutmayin.

14.2.4 Epitop Geri Alma

Dokunun formalinle fiksasyonu, dokuda aldehid ve amino gruplari arasinda ¢apraz baglanmaya neden olur ve bu
baglarin olusmasi maskeleme etkisi nedeniyle antijenisitede degisken kayipla sonuglanabilir. Formalin epitopun genel
u¢ boyutlu seklini degistirebilecek sekilde metilen koprileri olugturur. Bazi epitoplar formaline duyarlidir ve formalin
fiksasyonu sonrasinda imminoreaktivitede azalma gosterir ancak digerleri formaline direnclidir.

Nikleik asitler proteinlerle sarilidir ve bu nedenle hedef dizileri prob icin erisilebilir hale getirmek igin doku
permeabilizasyonu gerekecektir.
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Epitop geri alma’** 1syla indiiklenen epitop geri alma (HIER), enzim 6n islem veya her ikisinin bir kombinasyonuyla
yapilabilir. HIER, IHK igin en sik kullanilan epitop geri alma yéntemidir. HIER mekanizmasi tam anlasiimamaktadir.

Buradaki hipotez, kesidin bir epitop geri alma sollisyonunda yiiksek bir sicakliga isitilmasinin formalin fiksasyonunda
olusturulan ¢apraz baglari hidrolize ettigi seklindedir. Bunun sonucunda epitopta bir remodifikasyon olur ve
immunohistokimyayla boyanabilir. HIER i¢in onemli noktalar sicaklik, zaman ve epitop geri alma soltsyonunun pH'idir.
BOND sisteminde kullaniimak tzere iki farkli epitop geri alma soltisyonu vardir: bir sitrat tabanli tampon ve bir EDTA
tabanli tampon.

Epitop/hedef niikleik asit dizisini ortaya ¢ikarmak igin peptid baglarini yikan proteolitik enzimler kullanir. Enzim
konsantrasyonu ve inkiibasyon siresi numunenin fiksasyon siresiyle orantilidir ve buna gore optimize edilmesi
gerekir. Enzim 0n islemi sadece bazi epitoplar igin uygundur ancak ISH protokollerinde siklikla kullanilir.

14.3 Kalite Kontrol

Kullanicinin laboratuvarinda doku galisma ve teknik igslemlerdeki farkliliklar sonuglarda onemli degiskenlige neden
olabilir ve agagidaki islemlere ek olarak galigsma yeri ici kontrollerin diizenli olarak yapiimasini gerektirebilir. Yerel
kilavuzlar ve diizenlemelere basvurun ve ayrica “CLIA Compliance Handbook: The Essential Guide for the Clinical
Laboratory Second Edition” ““ve IHK'* igin Onerilen NCCLS kilavuz ilkeleri belgelerini faydali bulabilirsiniz.

Kontroller hasta ornegiyle/ornekleriyle miimkiin oldugunca kisa siire iginde ve ayni sekilde fikse
edilmis, galisiimig ve gomilmis taze otopsi/biyopsi/cerrahi numuneler olmalidir. Boyle bir kontrol

doku hazirlamadan boyamaya kadar analizin tim adimlarini izler.

Hasta dokusuyla ayni lama uygun kontrol dokusu koymanizi kesinlikle oneririz. Daha detayli agiklama
igin bakiniz 6.2 Kontrollerle Calismak.

Bakiniz:

e 14.3.1 Test Dogrulama
14.3.2 Doku Kontrolleri
14.3.3 IHK igin Negatif Reaktif Kontroli
14.3.4 ISH icin Reaktif Kontrolleri
14.3.5 Kalite Kontrolin Faydalari
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14.3.1 Test Dogrulama

Bir antikor, prob veya boyama sisteminin bir diagnostik islemde ilk kullanilmasindan once antikor/probun
0zgunligunin bilinen pozitif ve negatif dokulari temsil eden ve ekspresyonu bilinen bir dizi galisma yeri i¢i doku
uzerinde test ederek dogrulayin. Yukarida ana hatlari verilen islemlere ve/veya immunohistokimya igin CAP
Sertifikasyon Programi 14 ve/veya NCCLS iHK kilavuz ilkeleri”* veya yerel diizenlemeleriniz ve kilavuz ilkelerinize
basvurun. Bu kalite kontrol islemlerini her yeni antikor lotu igin veya test parametreleri her degistiginde tekrarlayin.
Kalite kontrol ayri bir reaktif izerinde izolasyon halinde mantikli olarak yapilamaz. Glnki eslesen reaktifler ve
tanimlanmis test protokold, bir goriintiileme sisteminin diagnostik amaglarla kullanmadan once hep beraber test

edilmelidir. Test dogrulama igin uygun dokular agisindan her primer antikor prospektistine bagvurun.

Yukarida belirtilen test dogrulama islemlerine ek olarak ayda bir pozitif doku kontrolleri boyamanizi ve bunlari onceki
ay boyanan ayni doku kontrollyle karsilastirmanizi oneririz. Aylik araliklarla boyanan kontrollerin karsilastiriimasi test
stabilitesi, duyarliligl, 6zgunlugu ve tekrarlanabilirligini izlemeye yarar.

Tum kalite kontrol gereklilikleri yerel, bolgesel ve/veya ulusal diizenlemeler veya akreditasyon gereklilikleriyle uyumlu
olarak yapiimalidir.

14.3.2 Doku Kontrolleri

14.3.2.1 Pozitif Doku Kontrolu

 Dogru hazirlanmig dokular ve uygun boyanma tekniklerine isaret eder.
 Her calisma boyamasinda her test kosulu seti igin bir pozitif doku kontrolu igerir.

« Zayif pozitif boyanmali doku optimum kalite kontrol agisindan ve kiiguk reaktif degradasyonu seviyelerini
saptamak icin giicli pozitif boyanmali dokudan daha uygundur'*.

* Gugll orta ve zayif antijen dansitesi/nukleik asit ekspresyonu gosteren dokular igeren ¢ok sayida dokunun
bulundugu bir kontrol lami kullanilmasi genis kontrol kapsami saglar.

 Pozitif doku kontroli pozitif boyama gostermezse test numuneleriyle sonuglar gecersiz kabul edilmelidir.

 Optimum kalite kontrol saglamak agisindan BOND sisteminde ornek dokusuyla ayni lamda daima kontrol
dokusu kullanmanizi kesinlikle oneririz.

14.3.2.2 Negatif Doku Kontroli

« Pozitif doku kontroliinden sonra IHK'de hedef antijenin primer antikor veya ISH'de niikleik asidin probla
etiketlenmesinin 6zgiinligiini dogrulamak ve spesifik arka alan boyanmasinin (yalanci pozitif boyanma) bir
gostergesini saglamak tzere inceleyin.

* Birgok doku kesitinde bulunan farkli ve gesitli hiicre tipleri siklikla negatif kontrol bolgeleri saglar ancak
kullanici bunu dogrulamalidir.

« Negatif doku kontrollinde spesifik boyanma olusursa hasta numunelerinden sonuglar gegersiz kabul
edilmelidir.
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14.3.3  HK igin Negatif Reaktif Kontrolii

IHK igin negatif reaktif kontroliinii nonspesifik boyanmayi degerlendirmek ve spesifik boyanmanin daha iyi
yorumlanmasini saglamak tizere her hasta numunesinden bir kesitle primer antikor yerine kullanin.

« Onerilen ideal kontrol reaktifi:

a Monoklonal antikorlar igin doku kiiltiiri sipernatanindan ve primer antikorla ayni sekilde Uretilen ancak
insan dokulariyla spesifik reaktivite gostermeyen, ayni izotipten bir antikor kullanin.

Bunu ayni seyrelticiyi kullanarak (BOND Primary Antibody Diluent) primer antikorla ayni immiinglobulin
veya protein konsantrasyonuna seyreltin.

Eger islemeden sonra saf antikorda fetal dana serumu kalirsa, ayni seyrelticide seyreltilmis primer
antikora esdeger protein konsantrasyonunda fetal dana serumu da kullanim igin uygundur.

b Poliklonal antikorlar i¢in primer antikorla ayni hayvan kaynagi ve ayni protein konsantrasyonunda ve
ayni seyrelticiyi (BOND Primary Antibody Diluent) kullanarak normal veya otoimmiin serumdan
immiinglobulin fraksiyonu (veya uygunsa tam serum) kullanin.

« BOND Primary Antibody Diluent tek basina 6nceki tanimlanan negatif reaktif kontrollerine gore daha az arzu
edilir bir alternatif olarak kullanilabilir.

* Negatif reaktif kontroli igin inkiibasyon donemi primer antikorunkine karsilik gelmelidir.

« Belirli bir primer antikor igin kullanilan her epitop geri alma yontemi igin (epitop geri alma olmamasi dahil) ayri
bir negatif reaktif kontrol lami kullanin.

« Serikesitlerde birkac antikorlu paneller kullanildiginda bir lamin negatif boyanan bolgeleri diger antikorlar icin
negatif/nonspesifik baglanan arka alan kontrolleri olarak kullanilabilir.

 Endojen enzim aktivitesi veya enzimlerin nonspesifik baglanmasini spesifik immiin reaktiviteden ayirmak igin
ek hasta dokularini sirasiyla sadece substrat-kromojen veya enzim kompleksleri ve substrat-kromojen ile
boyayin.

« BOND sisteminde herhangi bir IHK protokolii icin bir isaretleyici olarak segilebilecek “*Negatif” adli bir
varsayilan negatif IHK kontrol reaktifi vardir. Bu BOND Wash Solution damlatir (bakiniz 10.5.2 Vaka ve Lam
Ayarlari).

14.3.4 ISH icin Reaktif Kontrolleri
14.3.4.1 Pozitif Reaktif Kontroli

In situ hibridizasyon icin Pozitif Kontrol Probunu kullanin.

» Dokuda nikleik asitlerin korunmasi ve ayrica probun niikleik asitlere erisebilirligi hakkinda bilgi saglamak tzere
her hasta numunesinden bir kesitle prob yerine kullanin.

« Pozitif Prob Kontrol igin protokol test probununkine karsilik gelmelidir.

» Pozitif Kontrol Probu pozitif boyama gostermezse, test numuneleriyle sonuglar gegersiz kabul edilmelidir.
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14.3.4.2 Negatif Reaktif Kontrolu

In situ hibridizasyon igin Negatif Kontrol Probunu kullanin.

» Negatif Kontrol Probu igin protokol test probununkine karsilik gelmelidir.

 Nonspesifik boyanmayi degerlendirmek ve spesifik boyanmanin daha iyi yorumlanmasini saglamak tizere her
hasta numunesi kesiti ile prob yerine kullanin.

 Negatif reaktif kontroli igin inkiibasyon donemi probunkine karsilik gelmelidir.

« Belirli bir prob igin kullanilan her epitop geri alma yontemi igin (epitop geri alma olmamasi dahil) ayri bir negatif
reaktif kontrol lami kullanin.

 Endojen enzim aktivitesi veya enzimlerin nonspesifik baglanmasini spesifik immiin reaktiviteden ayirmak igin
ek hasta dokularini sirasiyla sadece substrat-kromojen veya enzim kompleksleri ve substrat-kromojen ile
boyayin.

14.3.5 Kalite Kontrolun Faydalari

Kalite kontrol faydalari asagidaki tabloda 6zetlenmistir.

Pozitif Doku Kontrolii: Analizin tim adimlarini Nonspesifik arka alan

Pozitif Doku Kontrolii kontrol edin. boyanmasi saptama

Saptanacak hedef Boyama i¢in kullanilan
antijen/nukleik asit dizisini  reaktif ve islemleri
iceren doku veya hiicreler dogrular.

(hasta dokusunda

bulunabilir).

Ideal kontrol antikor/niikleik
asit degradasyonuna en
duyarli olmast igin zayif
pozitif boyanan dokudur.

Negatif Doku Kontrolii: Hiicreler/hiicresel Nonspesifik arka alan
bilesenlere boyanmasi saptama
amagclanmayan antikor

gapraz reaktivitesinin

saptanmasi [IHK]

Negatif olmasi beklenen
dokular veya hiicreler (hasta
dokusunda veya pozitif
kontrol dokusunda
bulunahilir) Diger niikleik asit dizileri
veya hiicreler/hicresel
bilesenlere
amaglanmamis prob
gapraz hibridizasyonunun
saptanmasi [ISH]
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Hasta Dokusu Spesifik boyanmanin Nukleik asit Nonspesifik arka alan
saptanmasi korunmasi/doku boyanmasi saptama
fiksasyonu ve/veya
epitop geri alma
degerlendirmesi [iSH]

14.4  Boyamanin Yorumlanmasl

Sonuglar yorumlamadan dnce imminohistokimyasal ve/veya in situ hibridizasyon islemleri konusunda deneyimli ve
vasifli bir patolog kontrolleri degerlendirmeli ve boyanmis Urlinlin kalitesini teyit etmelidir.

Antijen saptamanin 6zgiinligu ve duyarligi kullanilan spesifik primer antikora baglidir. istenen boyamayi saglamak
tzere BOND sisteminde her spesifik antikoru inkiibasyon ve/veya spesifik antikor konsantrasyonunu degistirerek
optimize edin. Spesifik antikoru optimize etmemek suboptimal antijen saptamayla sonuclanabilir.

Bakiniz:
e 14.4.1 Pozitif Doku Kontrolu
e 14.4.2 Negatif Doku Kontroli
» 14.4.3 Hasta Dokusu

14.41 Pozitif Doku Kontrolu

Tum reaktiflerin dogru galistigindan emin olmak igin 6nce pozitif doku kontroltnt inceleyin.

DAB tabanli sistemler kullanirken hedef hiicreler iginde kahverengi (3,3" diaminobenzidin tetrakloriir, DAB) reaksiyon
urtinlintin bulunmasi pozitif reaktiviteye isaret eder. RED Kromojene dayali sistemler kullanilirken, hedef hiicreler
iginde kirmizi reaksiyon Urlinlnin bulunmasi pozitif reaktiviteye isaret eder. Pozitif doku kontrolleri pozitif boyanma
gostermiyorsa test numuneleriyle sonuglar gegersiz kabul edilebilir.

14.4.2 Negatif Doku Kontrol

Negatif doku kontroliinii pozitif doku kontroliinden sonra hedef antijen/niikleik asidin primer antikor/probla
etiketlenmesinin 0zglinligund dogrulamak zere inceleyin.

Negatif doku kontroliinde spesifik boyanma bulunmamasi hiicreler/hiicresel bilesenlere antikor/probun capraz
reaktivitesi olmadigini dogrular.

Negatif eksternal doku kontroliiyle spesifik boyanma (yalanci pozitif boyanma) olursa sonuglar gegersiz kabul
edilmelidir. EGer varsa, nonspesifik boyanma genellikle difiiz goriinime sahiptir. Formalinle asiri fikse dokulardan
kesitlerde bag dokusunda sporadik boyanma da goriilebilir. Boyanma sonuglarinin yorumlanmasi igin intakt hiicreler
kullanin. Nekrotik veya dejenere hiicreler siklikla nonspesifik boyanma gosterir.
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14.4.3 Hasta Dokusu

Primer antikor/prob ile boyanmis hasta numunelerini en son inceleyin.

Pozitif boyanma yogunlugu negatif reaktif kontrolinin herhangi bir nonspesifik arka alan boyanmasi baglaminda
dederlendiriimelidir. Her immiinohistokimyasal veya in situ hibridizasyon testiyle oldugu gibi negatif bir sonug,
antijen/nukleik asidin saptanmadigi anlamina gelirken antijen/nikleik asidin incelenen hiicreler veya dokuda
bulunmadigi anlamina gelmez.

Gerekirse yalanci negatif reaksiyonlari tanimlamak igin bir antikor paneli kullanin.

14.5 Genel Sinirlamalar

« [HK (immiinohistokimya) ve in situ hibridizasyon (ISH), uygun reaktiflerin segilmesinde uzmanlasmis egitim
gerektiren gok adimli diagnostik islemlerdir: doku segimi, fiksasyon ve ¢alisma; lamin hazirlanmasi ve boyama
sonuglarinin yorumlanmasi.

 Doku boyama, boyama dncesinde dokunun muamelesi ve galisiimasina bagimhidir. Uygun olmayan fiksasyon,
dondurma, gozme, yikama, kurutma, 1sitma, kesit alma veya baska dokular veya sivilarla kontaminasyon
artefaktlara, antikor tutulmasina veya yalanci negatif sonuglara neden olabilir. Tutarsiz sonuglarin nedeni
fiksasyon ve gmme yontemlerinde degisiklikler veya doku " icindeki dogal diizensizlikler olabilir.

* Asiriveya tam olmayan karsl boyama sonuglarin uygun olmayan yorumlanmasini olumsuz etkileyebilir.

 Herhangi bir boyanmanin veya yoklugunun klinik olarak yorumlanmasi, uygun kontroller kullanilarak morfolojik
calismalarla desteklenmeli ve hastanin klinik oykisu ve diger diagnostik testler baglaminda vasifli bir patolog
tarafindan degerlendirilmelidir.

 Hepatit B viriisliyle enfekte bir kisiden hepatit B ylizey antijeni (HbsAg) igeren dokular horseradish peroksidaz
" ile nonspesifik boyanma gésterebilir.

« lyi diferansiye olmamis neoplazmlarda beklenmeyen negatif reaksiyonlar, antijen ekspresyonu kaybi veya
belirgin sekilde azalmasi veya antijeni kodlayan gende/genlerde mutasyon(lar) veya kayip nedeniyle olusabilir.
Tumorlerde beklenmeyen pozitif boyanma, morfolojik olarak benzer normal hiicrelerde normalde eksprese
olmayan hir antijenin ekspresyonu sonucunda veya baska bir hiicre hattiyla iliskili morfolojik ve
immiinohistokimyasal 6zellikler gelistiren (diverjan ayrimlagsma) bir neoplazmda antijen elde edilmesi veya
persistansi sonucunda olusabilir. Timarlerin histopatolojik olarak siniflandiriimasi kesin bir bilim degildir ve

bazi makalelerde beklenmeyen boyama bildiriimesi tartigmali olabilir.

« Reaktifler daha once test edilmemis dokularda beklenmeyen reaksiyonlar gosterebilir. Test edilmis doku
gruplarinda bile beklenmeyen reaksiyonlarin olasiligi, neoplazmlarda veya baska patolojik dokularda antijen
ekspresyonu/hedef niikleik asidin biyolojik degiskenligi yiiziinden tamamen ortadan kaldirilamaz. Herhangi bir
beklenmeyen reaksiyonu bildirmek igin yerel distribltoriiniiz veya Leica Biosystems bolgesel ofisiyle irtibat

kurun.
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IHK

» Blokaj adimlarinda kullanilan sekonder antiserum olarak ayni hayvan kaynagindan normal veya immiin
olmayan serumlar oto antikorlar veya dodal antikorlar nedeniyle yalanci negatif veya yalanci negatif sonuglara
neden olabilir.

o [HK'de yalanci pozitif sonuclar non-immiinolojik protein veya substrat reaksiyon triinlerinin baglanmasi
sonucunda olusabilir. Bunun nedeni ayrica kullanilan immin boya tipine bagli olarak psodoperoksidaz
aktivitesi (eritrositler), endojen peroksidaz aktivitesi (sitokrom C) veya endojen biotin (6rnegin karaciger,
meme, beyin, bobrek) olabilir '

« [HK'de yalanci negatif vakalari; gergek antijen azalmasi, timor "dediferansiyasyonu” sirasinda kayip veya
yapisal degisiklik veya fiksasyon ya da ¢alisma sirasinda artefakt seklinde degisim gibi durumlar igeren pek
ok faktorden kaynaklanabilir. Her immunohistokimyasal test gibi negatif bir sonug antijenin saptanmadigi
anlamina gelir ve antijenin test edilen dokularda bulunmadigr anlamina gelmez.

ISH

« [SH'de yalanci pozitif sonuglar probun diger niikleik asit dizilerine capraz reaktivitesi ve ayrica prob veya
saptama reaktiflerinin doku veya doku bilesenlerine nonspesifik baglanmasi sonucunda olusabilir . Negatif
doku ve reaktif kontrolleri yalanci pozitif boyamayi tanimlamaya yardimci olmak tzere teste dahil edilmelidir.

» DNA ve RNA, niikleaz aktivitesi ile bozunmaya tabidir “1% By nedenle, Pozitif Kontrol Probunu niikleik asit
degradasyonunu saptamak iizere spesifik prob ve hasta dokusuyla paralel olarak hasta dokusunu test etmek
onemlidir. Fiksatif tercihi niikleik asit korunmasini etkiler ve bu nedenle %10 notr tamponlu formalinde fikse
edilmis doku Gnerilir . Her in situ hibridizasyon testiyle oldugu gibi, negatif bir sonug niikleik asidin
saptanmadidi anlamina gelir ve niikleik asidin test edilen dokularda bulunmadigi anlamina gelmez.
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Sistem Yonetimi (BOND
Kontrolorde)

15.7 BOND Sistem Yoneticisi

15.1.1  Genel Bakis

BOND Sistem Yoneticisi BOND sistemi tarafindan kullanilan tim primer yazilim servislerinin mevcut durumunu
kolayca gormenizi, Print Spooler (Baski Bekleticisi) gibi ayri servisleri baslatip durdurmanizi veya tiim servisleri
baslatip durdurmanizi mimkn kilan bir yardimer programdir.

Ancak musteri hizmetlerinden bir sistem sorun giderme stirecinin pargasi olarak bir veya daha fazla

é IKAZ: Sistemlerin herhangi birini durdurmayin yoksa BOND sistemi artik dogru galigamaz.
hizmeti durdurup sonra tekrar baglatmaniz istenebilir.

BOND Sistem Ydneticisini agmak icin Leica BOND Sistem Yoneticisi simgesini £ Windows bilgilendirme alaninda

bulun ve sonra simgeye tiklayin.
y 332PM
. =) 612972020

‘ Simge gorinmuyor durumda olabilir; bu durumda gérmek icin kiiglik yukari okuna tiklayin.

Bir BOND sistemi hatasi olusursa, bir bilgilendirme mesaji belirir, gizlemek lzere mesaja tiklayabilirsiniz.

BOND Sistem Yoneticisi penceresini saklamak icin Windows bilgilendirme alaninda simgeye tekrar tiklayin.
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15 Sistem Yonetimi (BOND Kontrolérde)

15.1.2 BOND Sistem Yoneticisi Penceresi

Sekil 15-1: BOND Sistem Yoneticisi penceresi

v/ BOND Sistem Yoneticisi

Leica BOND Instrument Control
Leica BOND Batch Management
Leica DHCP Server

Leica BOND Print Management
Leica BOND Heartbeat Service
Print Spooler

PostgreSQL - PostgreSQL Server 13
PostgreSQL Agent - BOND

World Wide Web Publishing Service

Kuruldu v .
Kuruldu v -
Kuruldu v -
Kuruldu v .
Kuruldu v -
Kuruldu v -
Kuruldu v D
Kuruldu v -
Kuruldu v D
. Tamund Baglat . Tumunt Durdur

BOND Sistemi hatasi varsa, Leica BOND Sistem Yoneticisi simgesi £ olusmus hata tipini
gostermek tzere gincellenir:

* £ birveya daha fazla servis durdurulmustur (“* ayni zamanda BOND Sistem Yoneticisi ekraninin sol

Uistiinde goriilir)

* J45 BOND'a baglanilamiyor (9 ayrica BOND Sistem Yoneticisi ekraninin sol tstiinde gordilr)

BOND-ADVANCE kurulumunda bunun en olasi anlami sudur:

 Kontrolor kapatiimistir veya
 Terminal agi ayrilmigtir veya

» Terminal ag anahtari kapatilmistir.

* <4 BOND Sistem Yoneticisi kullanilamamaktadir ( G ayrica BOND Sistem Yoneticisi ekraninin sol Usttnde

gordlr)
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15 Sistem Yonetimi (BOND Kontrolérde)

15.1.3 Servisleri Durdurma

Ayr bir servisi durdurmak igin servis adinin en sagindaki kirmizi durdur digmesine tiklayin. Veya tim hizmetleri
durdurmak igin servis listesinin altindaki Tim{n{ Durdur dugmesine tiklayin.

Bir acilir diyalog belirip servisleri durdurmak istediginizi dogrulamanizi ister. Devam etmek i¢in Evet veya iptal etmek
icin Hayir segenegine tiklayin.

Sekil 15-2: Dogrulama gerekli diyalogu

Dogrulama gerekli

@™, Hizmetlerin durdurulmasi BOND un dodru calismasini
Y onleyecek.
= Devam etmek istiyor musunuz?

Evet | Hayir

Servisi), ¢linkii BOND Sistem Yoneticisi galismak igin bunlara dayanir; bunlarin durdurma diigmeleri

@ Bazi servisler durdurulamaz (PostgresSQL - PostgresSQL Sunucusu ve World Wide Web Yayinlama
devre digi birakilmistir.

15.1.4  Servisleri Baslatma

Cogu durumda bir servis durduruldugunda BOND ilgili servisi birkag dakika iginde otomatik olarak
tekrar baglatir.

BOND sistemi beklendigi sekilde galismiyorsa ve bir veya daha fazla servisin durdugunu fark ederseniz durmus
servisi/servisleri baglatmak icin BOND Sistem Yoneticisini kullanabilirsiniz.

Ayri bir servisi baslatmak icin servis adinin en sagindaki yesil baslat digmesine tiklayin. Veya tim hizmetleri
baslatmak igin servis listesinin altindaki Tlimiini Baglat diigmesine tiklayin.
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15 Sistem Yonetimi (BOND Kontrolérde)

Sekil 15-3: BOND Sistem Yoneticisi uyari tiggeni gosteriyor (Print Spooler servisi durdurulmus)

© BOND Sistem Yoneticisi

Leica BOND Instrument Control Kuruldu v -
Leica BOND Batch Management Kuruldu v -
Leica DHCP Server Kuruldu v -
Leica BOND Print Management Kuruldu v -
Leica BOND Heartbeat Service Kuruldu v -
Print Spooler Kuruldu 0 -
PostgreSQL - PostgreSQL Server 13 Kuruldu v .
PostgreSQL Agent - BOND Kuruldu v -
World Wide Web Publishing Service Kuruldu v .

. Tumiina Baslat . Tumuna Durdur
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15 Sistem Yonetimi (BOND Kontrolérde)

15.2 Sabit Disk Yededgi

Tim BOND kontrolorleri ve terminallerinde bir sabit disk arizasi durumunda BOND sistemini korumak igin sabit disk
yede@i mevcuttur. Bu koruma sistemi, sistemin sabit disklerini surekli olarak izler ve Windows bilgilendirme
ekranindaki bir simge mevcut durumu gosterir.

T T

v Normal - sabit diskler uygun sekilde galismaktadir.
(=8 jﬁi

\ Uyari - sistemin sabit disklerinde bir problem vardir. Misteri hizmetleri ile irtibat kurun.

[?8 Hata - bir sabit disk arizasi olusmustur. Musteri hizmetleri ile irtibat kurun.

Mesgul - bu sabit diskler dogrulanirken, érnegin beklenmeyen bir kapanma sonrasinda
belirebilir. Kontrolor veya terminal dogrulama sirasinda yavas ¢aligabilir ve iglemin
tamamlanmasi genellikle 2-3 saat strer. BOND sistemi bu slre iginde kullanilamayabilir.

Dogrulama sonrasinda simgenin Normal duruma donmesi beklenir ve normal sabit disk
calismasi tekrar baslayacaktir. Ancak simge bir Uyari veya Hata durumuna isaret ederse
musteri hizmetleri ile irtibat kurun.

= ‘\ Servis galigmiyor - sabit disk korumasini izlemek igin kullanilan yazilim servisi

A -4) calismamaktadir. Simge baslangicta bu durumu kontrolor veya terminal baslatildiginda
gosterir. Simge birkag dakika gectikten sonra Normal durumu gostermezse musteri
hizmetleriile irtibat kurun.
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6 BOND-ADVANCE Calismalari

16.1 BOND-ADVANCE Sistemini Tekrar Baslatma

Bu islemi sadece asagidaki durumlarda yapmalisiniz:
* |eica Biosystems musgteri hizmetleri bolimi yapmanizi istedi veya
» planlanmig bir gi¢ kesintisine hazirlaniyorsunuz.

Tum BOND sistemini tekrar baslatmak igin agagidaki yontemi kullanin:
1 Tim cihazlarin bos durumda oldugundan emin olun (herhangi bir lam tepsisi kilitli olmamalidir).
Tiim islem modiillerinde glict kapatin.

Tiim terminallerde giicl kapatin (Baslat > Kapat segeneklerine tiklayin).

N w N

Gl digmesini kisa siireyle basili tutarak sekonder kontrolore (varsa) giden giicli kesin (6rnek igin asagiya
bakiniz).

5 Gug diigmesine kisa stireyle basarak primer kontrole giren gticli kesin (bakiniz Sekil 16-1).
Gug digmesi kontroloriin gikarilabilir on kapagi altinda bulunabilir ve kilitli olabilir. Bu
durumda once anahtar tutucudan belirlenmis anahtari almalisiniz.

Kapatma islemi Windows oturum agma ekraninda durursa gii¢ digmesine ikinci kez basilmasi
gerekebileceginden cihazi kapatirken konsol ekranini takip edin. Boyle bir durumda en az 90 saniye bekleyin ve
guc dugmesine tekrar kisa sireyle basin.

Gug dugmesine tekrar bastiginizda kontrolor kapanacaktir. “Kalici” bir reset gergeklesmesine
ve kontroloriin hemen kapanmasina neden olabileceginden 2 saniyeden uzun sire tusu basili
tutmayin. Kontrolor giicliniin kapanmasi igin 45 saniyeye kadar siire gecebilir (giic digmesini
I51§1 kapanir).
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16 BOND-ADVANCE Calismalari

6 2 dakika bekleyin ve primer kontrolortn gucunu agin.

Bir “Shutdown event tracker” (Olay izleyiciyi kapatin) penceresi goriiliirse iptal secenegi veya <Esc> tusuna
basarak kapatin.

7 30 saniye bekleyin ve sekonder kontroloriin glicini agin (eger varsa).
8 Kontrolorler tamamen tekrar baglatildiktan sonra tim terminallerdeki guict agin.
9 Tum islem modullerinde glici kapatin.

10 Her terminalde oturum agin.

Sekil 16-1: Kontroldr 6n panelinde (kapak gikariimis olarak gosterilmektedir) glig diigmesinin yeri

Aciklama
I 1 Gug digmesi

16.2 Sekonder Kontrolore Gegme

Bu talimat sadece bir sekonder (yedek) kontroldre sahip olan BOND-ADVANCE sistemleri igin
gecerlidir. Bu islemi sadece asagidaki durumlarda yapmalisiniz:
* Leica Biosystems musteri hizmetleri bolimu yapmanizi istedi veya

« primer kontrolor ¢alismamaktadir.

Bu durumda sekonder kontrolor bagimsiz modda ¢alisacak ve sisteminizin artik bir ayri yedek kapasitesi
olmayacaktir. Ancak bu islemi tamamladiktan sonra BOND sistemi normal sekilde ¢alisma gergeklestirmeye devam
edecektir.
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16 BOND-ADVANCE Calismalari

Gegis surecinde son 5 dakikalik calisma verileri kaybedilebilir. Ayrica gegis surecinde gonderilen
herhangi bir LIS mesaji da kaybedilebilir. Bu nedenle gegis basariyla yapildiktan sonra, herhangi bir
lamin eksik olup olmadigini kontrol edin. EGer eksikse, lam verilerini LIS ile tekrar gonderin veya
BOND'da eksik lamlari manuel olarak olusturun.

1 Tum BOND-ADVANCE terminallerinde tim klinik ve uygulama istemcilerini kapatin.

2 Primer kontrolor tizerinde T1 veya T2 etiketli porttan terminal ag kablosunu gikarin ve sonra bu kabloyu
sekonder kontrolorde ayni porta tekrar baglayin.

Bakiniz Sekil 16-2.

Sekil 16-2: Kontrolor Terminal Portlari

3 Primer kontrolorde |1 veya 12 etiketli porttan cihaz ag kablosunu gikarin ve sonra bu kabloyu sekonder
kontrolorde ayni porta tekrar baglayin.

Bakiniz Sekil 16-3.
Sekil 16-3: Kontrolor Cihaz Portlar
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16 BOND-ADVANCE Calismalari

4 Primer kontrolorde B1 veya B2 portundan kopru ag kablosunu gikarin.
Bakiniz Sekil 16-4.

Sekil 16-4: Kontrolor Kopru Portlari

5 Primer kontroldr iizerinde Gb(1) veya Gb(2) lizerinde bir Ethernet kablosu varsa (istege bagli BOND
RemoteCare baglantisi igin kullanilir) kabloyu ¢ikarin ve sonra bu kabloyu sekonder kontrolorde ayni porta
tekrar baglayin.

Bakiniz Sekil 16-5.
Sekil 16-5: BOND RemoteCare igin kullanilan Ethernet portlar
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16 BOND-ADVANCE Calismalari

BOND-ADVANCE sistemi ag kablolarini sekonder kontrolore bagladiginizi saptar ve tim terminallerde bir
dogrulama diyalogu gosterir.

Bakiniz Sekil 16-6.
Sekil 16-6: Diyalog - sekonder (yedek) kontrolor bagli

Sekonder (yedek) kontrolor bagl

Sistemn BOND-ADVANCE Terminallerinin artik bir sekonder (yedek)
kontroldre baglandigim saptad.

Primer kontroldrle ilgili bir sorun varsa ve calismaniza bir sekonder
kontroldr veya tek basina kontroldr kullanarak devam etmek
istivorsaniz, kullamo adi ve sifrenizi girin ve devam etmek icin
Tamam secenedine tiklayin. Bu islem Leica temsilcisinden calismanin
alinacak verinde destek olmadan geri déndiiriilemez.

Devam ederseniz baglants: kesilmis kontroldrindz icin servis
hizmetini planlamak zere misteri hizmetleriyle irtibat kurun.
Badlantisi kesilmis kontroldri bir Leica servis temsilcisinin tamir
etmesi veya dedistirmesi gereklidir.

Kullama Adi: |

Sifre: |

Bir Leica Biosystems temsilcisinden ¢alisma yerinde destek alinmadan gegis geri
dondurllemez.

6 Gegigle devam etmek istediginizi dogrulamak igin:

a Saglanan alanlara Kullanici Adi ve Sifrenizi girin.

b Dogrulamak igin Tamam secenegine tiklayin.

‘ Baska bir kullanici sizden dnce gegisle devam etmeyi segerse yukaridaki diyalog belirir.

7 Gegisi dogruladiktan sonra primer kontroloriin guictini kapatin.
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16 BOND-ADVANCE Calismalar

8 Sistemin bagimsiz galismaya gegisinin basarili oldugunu belirtmesini bekleyin (bakiniz Sekil 16-7) ve sonra
klinik istemciyi tekrar baslatip sistemde normalde oldugu gibi oturum acin.

Sekil 16-7: Diyalog - bagimsiz moda gegis basarili

Tek basina duruma dénistirme basanh

Zaten yapmadiysaniz cihaz ag kablosunu sekonder {simdi tek basina) kontroldr tzerinde I1
veya [2 portuna badlayin.

Hemen bir manuel veri taban kontrold vapmalisiniz.

9 Hemen uygulama istemcisini agin ve bir manuel veri tabani yedekleme yapin. Bakiniz 10.5.1 Laboratuvar
Ayarlari.
Sekonder kontrolore gegis tamamlandiktan sonra tim lamlar ve aletlerin durumu otomatik olarak son sistem
durumunu yansitacak sekilde giincellenmelidir. Ancak aletler kontrolorden ayriimigken herhangi bir caligma
tamamlandiysa, ¢alisma durumu halen Devam Ediyor olarak goriilecektir. Bu durumda, lam boyama Unitesi igin
durumu guincellemek Uzere etkilenen lam tepsisinin kilidini agmaniz gerekir.

Ayrilmis kontroloriiniz igin servis hizmeti randevusu almak tizere Leica Biosystems misteri
hizmetleri ile irtibat kurun. Ayrilmis kontrolorl bir Leica Biosystems servis temsilcisinin tamir etmesi

veya degistirmesi gerekir.
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17.

Lam Etiketleyici Yazici
Degistirme

T Tek Oturumlu Sistemde bir Cognitive Cxi
Yaziclyl Degistirin

Yeni bir Kognitif yazici ile Kognitif yaziciyr degistirmek icin asagidaki islemi uygulayin.

1
2
3
4

10

Eski yazicinin yan tarafindaki gli¢ digmesini kapatin.

USB kablosunu ve glic kaynagi kablosunu eski yazicinin arkasindan gikarin.

USB kablosunu ve gug kaynagi kablosunu yeni yaziciya takin.

Yeni yazicinin yan tarafindaki glic digmesini agin.

BOND Kontrolor ekrani, yazicinin bulundugu masa stiiniin bilgilendirme alaninda (sag al) bir mesaj gosterir.
Suraya gidin: Windows Baglat > Aygitlar ve Yazicilar ve yeni eklenen yaziciy bulun.

Bu yaziciya sag tiklayin ve Ozellikler 6gesini sectikten sonra yazicinin adini kopyalayin.

10.6.3 Lam Etiketleyiciler dahilinde agiklandigi tizere, Uygulama istemcisi, Yazilim konfiglirasyonu ekrani, Lam
etiketleyicileri sekmesini agin. Degistirdiginiz eski yaziciyi degistirin. Degistirdiginiz eski yaziciyr degistirin.

Yazici adi alanina yapistirin (mevcut adin izerine yazar), boylelikle drnegin "Cognitive Cxi 2 ing 300 DPI TT
(Kopya 1)" olur.

Kaydet secenegine tiklayin.

Yazici kullanimini teyit etmek igin bir test etiketi yazdirin.

342
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17 Lam Etiketleyici Yazici Degistirme

17.2 BOND-ADVANCE Sisteminde bir Cognitive Cxi
Yaziclyl Degistirin

BOND-ADVANCE sisteminde yeni bir yazici baglamadan once, yeni yazicinin Statik IP adresinin eski yazisi ile ayni
degerde olmasi gerekir.

Yazicilarin IP adresleri 192.168.5.101'den baglar. Her yazici icin yalnizca son rakam farklidir. Ornegin yazici 2 igin
yazicl IP adresi 192.168.5.102'dir.

Asagidaki prosedirde eski yazicinin Statik IP adresinin nasil bulunacagi ve yeni yazicida dederin nasll girilecegi
aciklanmaktadir.

Kognitif Yazici On Paneli
Sekil 17-1 Cognitive Cxi yazicida klavye ve LCD ekrani gosterir.
Sekil 17-1: Kognitif Yazici LCD ekran ve klavye

¢ GGGNITI;’E@

Eski Yazicinin IP Adresini Okuyun

Yeniyaziciyla kullanmak icin IP Adresini kesfetmek amaciyla eski yazicida asagidaki proseduri uygulayin:

Herhangi bir nedenle eski yazicida ekrani kullanamazsaniz Kontrolordeki IP adresini bulmak igin
Yazici IP Adresini Bulun prosedirind kullanin.

1 .Basm.

Ekranda Ana Menii: Dil Meniisii segenedi goriintiilenir.

2 Yazici Kurulumu segenegini gortntilemek igin - ogesine basin.
3 Yazicl Kurulumu: iletisim Mentsii secenegini goriintilemek igin W 6gesine basin.

4 lletigim Meniisii: Zaman Agimi segenegini gériintiilemek iin W Ggesine basin.
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17 Lam Etiketleyici Yazici Degistirme

5 Ethernet'i goriintilemek igin- ogesine iki kez basin.

6 Basin.
Ekranda Ethernet - DHCP bilgisi gorintiilenir.
7 Basin.

Ekranda DHCP Off bilgisi goriiliir. (Ekranda DHCP On, bilgisi goriiliirse degeri degistirmek igin L simgesine
basin.)

8 Basin.

Ekranda bu mesaj gorulur: Deder ayarlandi.

9 Statik IP segenegini goriintilemek igin o 0gesine bakin.

10 tusuna basarak mevcut ayarlari gortntleyin.
11 Statik IP Adresini kaydedin.

12 Buyaziciya giden gicu kesin ve yazicly gu¢ kaynagindan ve agdan ayirin.

Yazici IP Adresini Girin

Yeniyazicida Dogru Statik Adresi ayarlamak i¢in asagidaki proseduri uygulayin.

A DIKKAT: Asagidaki prosediirii gerceklestirene kadar yeni yaziclyl BOND agina baglamayin.

1 Yeniyaziciyl glig kaynagina baglayin ve yazicinin yan tarafindaki gli¢ digmesini agin.

2 .Basm‘

Ekranda Ana Menii: Dil Mendisii secenedi goruntilenir.

3 Yazici Kurulumu segenegini goruntilemek igin L ogesine basin.
4 Yazicl Kurulumu: iletigim Meniisii segenegini goriintiilemek igin W 6gesine basin.

5 iletigim Mentisii: Zaman Agimi segenegini goriintiilemek icin W 6gesine basin.

6 Ethernet'i gortintilemek igin- ogesine iki kez basin.

7 Basin.

Ekranda Ethernet - DHCP bilgisi gorintulenir.

8 Basin.

Ekranda DHCP Off bilgisi gortiliir. (Ekranda DHCP On, bilgisi goriiliirse degeri degistirmek igin L simgesine
basin.)
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17 Lam Etiketleyici Yazici Degistirme

9 Basin.

Ekranda bu mesaj goriilur: Deger ayarlandi.

10 Statik IP segenegini goruntilemek igin L ogesine bakin.

1 tusuna basarak mevcut ayarlari goruntuleyin.

12 Eski yazicidan kaydettiginiz IP Adresini girin. imleci sola veya saga hareket ettirmek igin sol ve sag diigmelerini
ve dederi degistirmek igin yukari ve asagi dugmelerini kullanin.

13 Basm.

Ekranda bu mesaj goriilur: Deger ayarlandi.

14 Birkag kez . segenegine basarak ana - COGNITIVE - ekranina geri donun.
15 Yazicinin yan tarafindaki glic digmesini KAPALI pozisyona getirin. Daha sonra AGIK pozisyona geri getirin.

16 BOND agina baglamak igin yeni yaziciya Ethernet kablosunu takin.
Sekil 17-2: Ethernet konnektoru

£

17 Uygulama istemcisini agin ve bir test etiketi yazdirin.

Yazicl IP Adresini Bulun

Eski yazicidaki IP adresinin okunmasi mimkin degilse, yeni yaziciigin IP Adresini belirlemek amaciyla agagidaki
prosedri uygulayin.

1 BOND-ADVANCE Kontrolorde BONDDashboard olarak oturum agin.

2 Konsol ekranini simge durumunda kigtltmek icin Windows Logo tusu = + M Uzerine basin.

3 Windows gorev cubugunda Baslat dugmesine tiklayin ve Aygitlar ve Yazicilar segenegini segin.
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17 Lam Etiketleyici Yazici Degistirme

4 llgili Cognitive yazic simgesine sag tiklayin ve Yazici Ozellikleri'i Sekil 17-3'de gésterilen sekilde agilir meniiden

segin.

Sekil 17-3: Yazici Ozelliklerini segin

Yazdinlan 6geyi goster
Varsayilan yazic olarak ata

Yazdirma tercihleri

?\/

[ Yazici Gzelliklen

Cognitive Printer

Pod 1 Kisayol olustur

G Aygrti kaldir
Sorun gider

Ozellikler

Sistem ekraninda Ozellikler diyalog kutusu goriiliir.

5 Ports sekmesini segin.

Sekil 17-4: Yazici Ozellikleri - Portlar sekmesi

E@ Cognitive Printer Pod 1 Ozellikleri
Printer Settings ~ Stocks Language  Barcode Forts ~ Command Fonts ~ About
Genel Paylagm | Badlant Noktalan | Gelismis  Renk Yonetmi  Givenlik
-.:;_,_,a Cognitive Printer Pod 1

Asagidaki baglanti noktalanina yazdinn. Belge ilk olarak bog kalan isaretli
baglanti noktasindan yazdinlacak.

Baglanti Nokt... Acgiklama Yazici &
[ comz Seri Baglanti Moktasi
[] comz Seri Baglant Noktasi
[ comé: Seri Baglant: Moktasi

Baglanti Noktasi Ekle... | Baglant Noktasi Sil || Baglanti Noktasi Yapilandir...

Cift yonld yazdirma destegini etkinlestir
[]¥azcr biriktirmesini etkinlegtir

Tamam

iptal Uygula Yardim

*

6 Seciliyazicricin Port siitununda IP adresini kaydedin. (Sttun kenarini siiriikleyerek Port'u genisletmeniz

gerekebilir.)

7 Diyalog kutusunu kapatmak icin Cancel secenegine tiklayin.

8 Ayguitlar ve Yazicilar penceresini kapatin.

9 BOND Konsolunu goriintiilemek icin Alt+Tab tuslarina basin.

10 VYazici IP Adresini Girin bolimiindeki prosediirii uygulamak igin Adim 6'daki IP Adresini kullanin.
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17 Lam Etiketleyici Yazici Degistirme

17.3 Tek Oturumlu Sistemde bir Cognitive Cxi Yazici

ile bir Zebra Yaziciyi Degistirin.

Bir Cognitive Cxi yazici ile bir Zebra TLP 3842 veya GX430t yaziciyl degistirmek igin agagidaki igslemi uygulayin:

M~ w N

13
14
15
16
17

Zebra yazici bir “paralel” kablo ile bagliysa, BOND Kontrolorden ayirabilirsiniz. Kognitif yazicryt BOND

Kontrolore baglamak igin bir USB kablosu gerekir.

Zebra yazicinin arkasindaki giic dugmesini kapatin.

Paralel veya USB kablosunu ve gug kaynagi kablosunu yazicinin arkasindan gikarin.

Zebra yazici glic kaynagini ana sebekeden gikarin.
Kognitif yazici guig kaynagini ana sebekeye baglayin.
USB kablosunu ve gli¢ kaynagi kablosunu Kognitif yaziciya takin.

Yazicinin yan tarafindaki gui¢ digmesini agin.

BOND Kontrolor ekrani, yazicinin bulundugu masa stiiniin bilgilendirme alaninda (sag al) bir mesaj gosterir.

Windows gorev gubugunda Bagslat digmesine tiklayin ve Aygitlar ve Yazicilar segenegini segin.

Yazici adinin “Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT" olarak goriindugind onaylayin.
BOND Uygulama istemcisinde oturum agin.
Donanim ekrani, Lam etiketleyiciler sekmesini agin.
Yazici ekle segenegine tiklayin (ekranin alt solunda).
Ekranda sag panele asagidakileri girin:
e Ekran adr: yazici adini kullanin: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
* Yazici adr: tekrar ayni ad
» Konak adr: bu alani bos birakin.
* Yazici tipi: yazici modelini segin: Cognitive Cxi
Kaydet secenegine tiklayin.
Listede Zebra yazicisina sag tiklayin.

Acilir segenekten Sil'i segin.

Sistem ekraninda “Yaziclyi silmek istediginizden emin misiniz?" mesaji gorulur.

Evet segenegine tiklayin.
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8 Spesifikasyonlar

Bu boliim BOND-PRIME islem Modiili icin gegerli degildir. Ayri BOND-PRIME kullanici el kitabina
bakin.

« 18.1 Sistem Ozellikleri

* 18.2 Fiziksel Ozellikler

» 18.3 Elektrik Glcu ve UPS Gereksinimleri
* 18.4 Gevresel Ozellikler

« 18.5 Calistirma Ozellikleri

» 18.6 Mikroskop Lamlar

e 18.7 Tasima ve Saklama

18.1 Sistem Ozellikleri

Ag baglanti gereklilikleri Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Ag kablolari CAT5e veya CAT6 yalitimli kablolar, RJ-45 konektorlu

Ethernet anahtari gereksinimleri: Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Tek oturumlu 8 port Ethernet anahtari
(5 islem modiiliine kadar destekler)

BOND-ADVANCE 8 veya 16 port Ethernet anahtarlari (30 adede kadar islem
modiiliini desteklemek igin birbirine baglanabilir)

Cihaz spesifikasyonlari BOND kontrolorler ve terminaller Leica Biosystems tarafindan

saglanmalidir

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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18 Spesifikasyonlar

18.2 Fiziksel Ozellikler
| BONDm | BOND-MAX |

Boyutlar G -790 mm G -760mm
Y -1378 mm Y - 703 mm
D -826 mm D - 800 mm
Agirlik (kuru) 238 kg 120 kg
Bosluk gereklilikleri 600 mm yukarida
0 mm sol
150 mm sag

0 mm arkadadir, ancak kullanicilar islem modultini hareket
ettirmeden ana sebeke gli¢ kablosunu ayirabilmelidir.

Harici kimyasal atik konteynirina maksimum ~ ~ 1 metre
mesafe (sadece BOND-MAX)

18.3 Elektrik Glcu ve UPS Gereksinimleri
| Bowpam | BOND-MAX |

Calisma voltajl 103,4V-127,2V (nominal voltaj 110 V - 120 V igin)
(arka kapakta bir fani olan eski gii¢ beslemeli  veya

islem modlleriicin) 206,8 V to 254 V (nominal voltaj 220 V/ - 240 V igin)
Calisma voltajl 90 V- 264V (nominal voltaj 100 V - 240 V igin)

(arka kapakta iki fani olan daha yeni giig
beslemeli islem moddilleri igin)

Ana sebeke frekansi 50/60 Hz 50/60 Hz
Glg tuketimi 1200 VA 1000 VA

18.4 Cevresel Ozellikler

Maksimum ¢alisma sicaklg 35°C 35°C

Minimum ¢alisma sicakligi 5°C 5°C
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18 Spesifikasyonlar

Boyama performansi gerekliliklerini
karsilamak igin gerekli sicaklik

Calisma nemi (yogunlagsmayan)
Maksimum galisma rakimi

Ses basing seviyesi gikisl (1 m'de)

Maksimum isitma enerjisi gIkigl

18-26 °C 18-26 °C

%30 - 80 Bagil Nem

deniz seviyesinden 0 - 1600 m
< 85 dBA maksimum

< 65 dBA normal ¢alisma

1200 VA 1000 VA

18.5 Calistirma Ozellikleri
.| Bowom | BONDMAX |

Lam kapasitesi

Reaktif kabi kapasitesi

Reaktif konteyniri 6l hacmi
Reaktif konteyniri rezerv hacmi
Titrasyon konteyniri kapasitesi
Titrasyon kapasitesi 0lt hacmi
Titrasyon kapasitesi rezerv hacmi
Reaktif kaplarinin sayisi

Kimyasal reaktif kabi kapasitesi
Tehlikeli atik kabi kapasitesi
Standart atik konteynir kapasitesi
Harici kimyasal atik kabi kapasitesi

Kimyasal uyumsuzluk

Sicaklik gostergesi

Gaz ve sivi baglantilariigin izin verilen
maksimum basing

BOND 7 Kullanici El Kitabi, 49.7556.530 A06
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Bir defada 30.

Bitmis tepsiler (10 lam) stirekli olarak degistirilebilir.

7 mLve 30 mL
555 L (7 mL) ve 1618 pL (30 mL)
280 pL (7 mL) ve 280 L (30 mL)

6 mL 6 mL

300 pL 300 pL

280 pL 280 pL

36 36
2LveyabL TLveya2l
5L 2L

2x5L ~

~ 9L

Tim BOND reaktifler
%70 alkol soliisyonu (temizlik amaglari igin)

%30 - 80 Bagil Nem

7 mL ve 30 mL

deniz seviyesinden 0 - 1600 m
< 85 dBA maksimum

< 65 dBA normal galisma

Varsayilanlar (bunlar servis temsilcileri tarafindan degistirilebilir):

llik: 35 °C, Sicak: 80 °C
1,0 bar 2,5 bar
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18 Spesifikasyonlar

Hizmet omri 7yl 7 yil

BOND Siber giivenlik sertifikasinin son 10yl 10 yil
kullanma tarihi

18.6  Mikroskop Lamlar

Boyutlar Geniglik: 24,64-26,0 mm
Uzunluk: 74,9-76,0 mm
Kalinlik: 0,8-1,3 mm

Etiket alani Geniglik: 24,64-26,0 mm
Uzunluk: 16,9-21,0 mm

Materyal Cam, IS0 8037/1

Kullanilabilir alan Asagidaki semalara bakiniz. Damlatma hacmi BOND yazilimini
kullanarak lamlari kurarken segebileceginiz ayarlarla ilgilidir (bakiniz
6.3 Vakalarla Galisma)

Sekil 18-1: BOND islem Modiilleri igin lamlarin kullanilabilir alanlari

BOND-III ~

BOND-MAX ’ ~

* *
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18 Spesifikasyonlar

18.7 Tasima ve Saklama

Saklama sicakliklari -20ile +55°C

Saklama nemi (yogunlagmayan) <%80 Bagil Nem

Sevkiyat yontemleri Yol, hava ve deniz tagimaciligiyla uyumlu.

Litfen yukaridaki bilginin sadece paketlenmis islem moddilleri igin gegerli olduguna dikkat edin.

Paketlenmemis islem modiilleri igin bkz. 18.4 Cevresel Ozellikler.

BOND 7 Kullanicr El Kitabl, 49.7556.530 A06
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